﻿BBK - UDC M Murakhovsky V I M Fier PC Noi oportunitati - Sankt Petersburg: Peter, - p : ill ISBN - - - Cartea oferă o imagine la scară largă a stării actuale a hardware-ului și tehnologiei computerelor, cu accent pe aplicarea lor practică Platformele tipice ale computerelor personale sunt luate în considerare în detaliu: desktop, mobil, buzunar Sunt afișate caracteristicile unităților, afișajelor, componentelor multimedia, dispozitivelor de control și de introducere a datelor Arhitecturile moderne ale procesoarelor centrale și grafice, chipset-urilor, modulelor de memorie sunt reprezentate pe scară largă Atenția principală este acordată principiilor de interacțiune a componentelor, funcțiilor și capabilităților interfețelor O secțiune specială este dedicată tehnologiilor actuale pentru construirea de rețele locale și furnizarea de acces la Internet Structura și mecanismul setărilor BIOS sunt descrise în detaliu Nivelul popular de prezentare permite ca cartea să fie folosită ca ghid practic, accesibil cititorului care nu are pregătire specială O structură clară a prezentării materialului și saturația informațiilor transformă publicația într-un instrument de referință convenabil BBK - UDC Toate drepturile rezervate Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă sub nicio formă fără permisiunea scrisă a deținătorilor drepturilor de autor Informațiile conținute în această carte au fost obținute din surse considerate de către editor a fi de încredere Totuși, având în vedere eventualele erori umane sau tehnice, editorul nu poate garanta acuratețea și caracterul complet al informațiilor furnizate și nu este responsabil pentru eventualele erori asociate cu utilizarea cărții ISBN - - - (c) Editura CJSC "Piter", (c) Editura Razvitie, REZUMAT INTRODUCERE Flux de Fier PLATFORMĂ O scurtă istorie a calculatoarelor Procesoare Placa de sistem Sistem de memorie Șasiu Calculatoare mobile INTERFEȚE Interfeţe interne Interfeţe externe SISTEM GRAFIC Tehnologia grafică GPU Tunere TV Monitoare rezumat COMPONENTE Unități Aud si os si stem Dispozitive de control Reţele de calculatoare Anexa Sistemul I/O de bază Anexa Procesoare Anexa Chipset-uri Anexa Sistem grafic Index alfabetic CONŢINUT INTRODUCERE Flux de fier Platformă Componente VTK Dezvoltarea sistemelor compacte Procesoare Trecerea la arhitectura pe de biți Dezvoltarea procesoarelor dual-core Interfețe Comutarea la magistralele seriale Interfeţe fără fir Memorie Soluții neevidente Logica de sistem Integrarea totul și totul Sună gratuit, adică gratuit Unități Tehnologia RAID în sistemele desktop Unităţi cu stare solidă Războiul Rece: HD-DVD vs BD Adaptoare video Apus de soare AGP Monitoare LCD-ul câștigă pe piața de masă Rețele Jos firele! Dispozitive de intrare Să fie lumină Conţinut PLATFORMĂ O scurtă istorie a calculatoarelor Preistoria calculatoarelor Istoria calculatoarelor Prima generație de calculatoare A doua generație de calculatoare A treia generație de calculatoare A patra generație de calculatoare Procesoare Dispozitivul de bază al procesorului Cel mai simplu calculator Cache Soclu procesor Dezvoltarea procesorului Intel Pentium De la Pentium la Pentium II Interfață Socket Soclu de interfață Socket Interfață Interfață socket Arhitectura procesorului Pentium De la Willamette la Prescott Cum funcționează arhitectura NetBurst Tehnologia Trace Cache Predicția tranziției Subsistemul cache Tehnologia Hyper-Threading Caracteristicile miezului Prescott Evoluția procesorului AMD Slot A interfață Interfață Socket A (Socket ) Socket de interfață Interfață socket Interfață socket Arhitectura AMD K Caracteristici ale microarhitecturii Athlon Cache Conţinut Multiprocesare Bus de sistem Caracteristici ale microarhitecturii Athlon XP Arhitectura AMD Cache exclusiv Decodoare și conducte Controler de memorie Familia de procesoare VIA Procesor VIA Cyrix III Procesor VIA C Familia de procesoare Transmeta Procesor Crusoe Eficiența procesorului Prize procesor Fabricarea procesorului Fotolitografie Încorporarea impurităților Structuri multistrat Ambalare și testare Standarde tehnologice Placa de sistem Factor de formă Excursus în istorie Factor de formă ATX Factor de formă LPX Factor de formă NLX Factor de formă ITX Factor de formă BTX Interfaţa procesorului BIOS Schema plăcii de sistem O scurtă istorie a chipset-urilor Socket Chipsets Socket Chipsets Chipset-uri cu interfețe Slot , Socket Chipset-uri cu interfață Slot Conţinut Chipset-uri cu interfață Socket / Chipset-uri cu interfață Slot A, Socket A Chipset-uri curente Chipset-uri cu interfață Socket / Chipset-uri cu interfață Socket A Chipset-uri cu interfață Socket / Sistem de memorie Tipuri de memorie Memoria dinamică şi statică Memoria statică DRAM dinamică asincronă Dynamic Synchronous Memory SDRAM DDR SDRAM DDR SDRAM Memorie FB-DIMM DR-DRAM Considerente privind arhitectura memoriei Corectarea erorilor Sistem de adresare Structura generală a cipului de memorie Memorie promițătoare și alternativă Memorie DDR SL DRAM VCM DRAM ESDRAM FCRAM Memorie FeRAM MRAM Opțiuni de memorie Cronometrare Comparația vitezei diferitelor tipuri de memorie de sistem Specificații memorie dinamică Chip-uri de memorie Module de memorie Marcare Cadru Opțiuni șasiu Platformă ATX Conţinut Cerințe de alimentare Cerințe de ventilație Platforma VTK Cerințe de răcire Cerințe de zgomot de sistem Producători de șasiuri Sisteme de răcire Sisteme de răcire cu aer Heatpipes Răcirea cu apă Elemente Peltier Instalaţii criogenice Calculatoare mobile Clasificarea calculatoarelor mobile Clasificarea după dimensiuni și greutate Clasificare după funcţionalitate şi preţ Clasificarea după tipul platformei Arhitectura calculatoarelor mobile Procesoare mobile Chipset-uri ale logicii sistemului Chipset-uri pentru procesoare Intel Chipset-uri pentru procesoare AMD Acceleratoare video pentru notebook-uri Unități de notebook PDA-uri Platformă Procesoare Intel XScale Instrumente de extindere INTERFEȚE Interfeţe interne Bus de sistem GTL Autobuz HyperTransport Chipset Bus Autobuz ISA/EISA Conţinut magistrală PCI Autobuz Mastering Autobuz AGP Bus PCI Express Autobuz ATA (IDE) Specificația ATAPI Bus Serial ATA SCSI Bus SCSI- SCSI- Serial Attached SCSI Bus Interfaţa ACPI SMBus Interfeţe externe Bus COM Interfață IrDA Autobuz LPT Autobuz USB FireWire Bus Port Bluetooth SISTEM GRAFIC Tehnologia grafică Placa video Acceleratoare grafice Dispozitiv adaptor video Tehnologia SLI Interfeţe de programare OpenGL DirectX Perspective de dezvoltare a API-ului Conţinut unsprezece Conducta SD Vertex Shaders Pixel Shaders Tehnologii grafice D Level of Detail LOD (Level of Detail) Maparea МІР (МІР-texturare) Texturi compozite Texturi D Tehnici de filtrare a texturii Harta mediului Bump Mapping (EMBM) Anti-Aliasing Comprimarea texturii Motion Blur GPU Arhitectura GPU DirectX Generation Procesor Vertex Definirea suprafeţelor vizibile Procesor de pixeli Accelerator grafic încorporat Chipset-uri moderne cu grafică integrată Dezvoltarea GPU-urilor Prima generație ( - ) A doua generație ( - ) Generația DirectX ( - ) Generația DirectX Generația DirectX Evaluarea performanței plăcii video Tunerele TV Dispozitiv tuner TV Difuzare digitală Monitoare Monitoare CRT Setări monitor CRT Afișaje cu ecran plat Tehnologia TN+Film Conţinut Tehnologia IPS Tehnologia MVA (PVA) Opțiuni LCD COMPONENTE Unități Hard Drives Capete magnetorezistive Fiabilitatea stocării datelor Tehnologia DualWave Protecţia la impact Zgomot și căldură Matrice RAID Stocare magnetică și optică Unităţi optice Unităţi magneto-optice Unităţi de bandă Unități portabile Unităţi cu stare solidă Sistem audio Psihoacustică Fizica unei unde sonore Percepţia sunetului Procesarea digitală a sunetului Sunetul spațial Modelare digitală a sunetului D DirectSound D Environmental Audio Extension (EAX) Aureai A D Sensaura D Positional Audio Sunet activ interactiv QSound Environmental Modeling Dispozitivul plăcii de sunet Hardware de procesare a sunetului Codecuri AC' Conţinut Codecuri audio de înaltă definiție Codecuri Realtek VIA Codec-uri codecuri nVidia Codecuri C-Media Codec-uri Analog Devices Sunete pentru iubitorii de muzică Difuzoare Dispozitive de control Tastatură Mouse Șoareci optici Joystick Joystick-uri Thrustmaster Joystick-uri Logitech Joystick-uri Microsoft Joystick-uri QuickShot Joystick-uri CH Produse Joystick-uri Saitek Reţele de calculatoare Reţele Ethernet Model OSI Metodă de acces și cadre pentru rețele Ethernet Cabluri și conectori Specificaţii Fast Ethernet Specificații Gigabit Ethernet Rețele Wi-Fi Strat fizic Tehnologii de acces la Internet Acces dial-up Standarde şi protocoale Protocoale de fax Protocoale de comprimare a datelor și de corectare a erorilor Dispozitiv modem Tehnologia DSL Tehnologia GPRS Tehnologia VIMAX Conţinut Anexa Sistem de bază de intrare/ieșire Configurare BIOS Partiții BIOS Caracteristici CMOS standard Caracteristici avansate BIOS Caracteristici avansate ale chipsetului Secţiunea periferice integrate Secțiunea de configurare a gestionării energiei Secţiunea Configurare PNP/PCI Secțiunea Stare stare PC / Monitor hardware Secțiunea de control al frecvenței/tensiunii Anexa Procesoare Aplicație Chipset-uri Anexa Sistem grafic Index alfabetic Introducere curent de fier Proprietarul computerului trăiește într-o lume foarte volatilă Computerul său personal de plută depășește cu încăpățânare întinderile turbulente ale oceanului de tehnologie a informației Uneori apare la orizont un al nouălea val, care a acumulat un potențial monstruos pentru idei noi și soluții tehnice El este fără milă față de aproape toate modelele, asamblate cu grijă în vremurile bune Utilizatorul este nevoit să cheltuiască o mulțime de bani și timp căutând și instalând componente care îndeplinesc noile condiții Ce se întâmplă cu cei care decid să înceteze lupta? Sunt duși din ce în ce mai departe în trecut Curând descoperă că au pierdut contactul cu vecinii, că nu mai sunt invitați la bordul navelor albe ca zăpada care transportau programe moderne, că fetele nu le observă Până la urmă, pentru a nu se îneca deloc, o persoană abandonează cel vechi și cumpără un computer nou, căpătând stabilitate pentru o perioadă scurtă de timp Cei mai vicleni locuitori ai lumii computerelor anticipează apariția valurilor tehnologice și înlocuiesc în timp componente cheie ale structurii Acest proces este cunoscut sub numele de "actualizare" Plutele lor, parcă, își iau motorul și plutesc aproape întotdeauna pe creasta valului următor La începutul anilor - o puternică răsturnare tehnologică a apărut în oceanul tehnologiei informației, promițând schimbări semnificative în lumea computerelor personale Schimbările cheie vor afecta platforma PC-ului, arhitectura procesoarelor centrale, interfețele, metodele de construire a rețelelor locale și de acasă Acum ritmul cursei tehnologice, axat pe performanța record a computerelor, a scăzut considerabil Funcționalitatea, ușurința în utilizare, costul mai mic de proprietate și alți parametri care anterior erau considerați secundari ies treptat în prim-plan curent de fier Cartea noastră va ajuta cititorul atent să ia decizia corectă atunci când alege o configurație pentru un computer nou sau face upgrade la unul existent În primul rând, să încercăm să descriem tendințele cheie în dezvoltarea tehnologiilor în industria computerelor Platformă componente VTX Platforma cu factor de formă LTH a fost propusă de Intel în De atunci, cererea de componente pentru computer a crescut de mai multe ori Este suficient să spunem că în urmă cu zece ani o sursă de alimentare de W era considerată standard, iar acum nVidia recomandă o sursă de cel puțin W pentru sistemele bazate pe componentele sale Dacă te concentrezi pe cele mai productive componente, vei avea nevoie de o sursă de alimentare cu o putere de aproximativ de wați Arhitectura platformei ATX nu mai asigură răcirea normală a dispozitivelor la o putere atât de mare Apa și alte sisteme de răcire exotice apar ca modalități de a rezolva problema Iar zgomotul creat de numeroasele ventilatoare ale sistemului de răcire cu aer este comparabil cu vuietul unui elicopter care decolează În , Intel a introdus factorul de formă BTX (Balanced Technology Extended), care asigură răcirea eficientă a componentelor de mare putere, zgomotul redus de la sistemele de răcire și o instalare compactă Acum putem afirma că platforma BTX a primit recunoaștere: pe piață a apărut o gamă largă de plăci de bază și carcase Dezvoltarea sistemelor compacte Calculatoarele desktop compacte, cunoscute în mod colectiv sub numele de Barebone (sistem scheletic) sau Small Form Factor (SFF), câștigă în popularitate Inițial, capacitățile lor au îndeplinit cerințele pentru computerele de birou În viitor, au apărut sisteme SFF care fac față cu succes funcțiilor unui computer multimedia În cele din urmă, au fost dezvoltate proiecte pentru a îndeplini cerințele pentru stațiile de lucru Astăzi, puteți alege un sistem SFF de orice clasă care nu este inferioară ca performanță și funcționalitate unui PC de dimensiune completă Caracteristicile distinctive ale sistemului compact multimedia sunt dimensiunile mici, designul carcasei în stilul echipamentului de uz casnic, redarea de discuri optice fără a porni computerul, telecomandă curent de fier controlul rațional al redării conținutului, distribuția fluxurilor audio și video către dispozitive externe de acasă Astfel de sisteme sunt cunoscute în mod colectiv sub numele de Note Theater RS (NTRS) Procesoare Trecerea la arhitectura pe de biți Pe septembrie , AMD a prezentat publicului primul procesor pe de biți pentru platforma IBM PC - Athlon Acest eveniment a marcat începutul unei noi etape în dezvoltarea industriei computerelor personale Trecerea la de biți a devenit o modalitate eficientă de a îmbunătăți performanța procesorului Este suficient să spunem că procesoarele Intel Pentium pe de biți cu o frecvență de operare mai mare cu un gigahertz (!) au aproape aceleași performanțe ca și AMD Athlon Odată cu extinderea gamei de sisteme de operare și aplicații care au cod pe de biți, avantajele computerelor pe de biți vor deveni și mai vizibile Intel, având un avans bun în performanța Pentium , nu s-a grăbit să accepte calculul pe de biți în computerele desktop Și totuși, sub presiunea unui concurent, Intel a fost nevoit să introducă tehnologia EM T în procesoarele desktop, care este pe deplin compatibilă cu AMD Aparent, odată cu extinderea gamei de aplicații pe de biți, computerele platformei IBM PC vor trece treptat la calculul pe de biți Dezvoltarea procesoarelor dual-core Companiile de vârf investesc masiv în dezvoltarea arhitecturilor cu mai multe nuclee de procesor pe un singur cip Sunt destule probleme aici O astfel de arhitectură necesită arbitrarea eficientă a mai multor nuclee și paralelizarea software-ului optimă a sarcinilor Prin urmare, câștigul de performanță nu poate fi un multiplu al creșterii numărului de nuclee din procesor Reamintim că introducerea tehnologiei Hyper-Threading (al doilea nucleu virtual) în procesoarele Intel Pentium a dat o ușoară creștere a performanței la sarcini reale Dimpotrivă, creșterea frecvenței de funcționare duce la o creștere aproape proporțională a eficienței Cu toate acestea, creșterea frecvenței necesită o tranziție la standarde tehnologice mai stricte, iar aceasta este o întreprindere foarte costisitoare Arhitectura procesorului cu mai multe nuclee a fost folosită de mult timp în sistemele server De exemplu, în , IBM a dezvoltat procesorul Power dual-core Dar arhitectura dual-core a AMD a fost o premieră în sistemele desktop Remarcăm un fapt semnificativ: AMD, odată cu introducerea unei arhitecturi pe de biți și a procesoarelor dual-core, curent de fier la un moment dat, a devenit liderul cursei tehnologice, cu un pas înaintea Intel în implementarea tehnologiilor avansate În cele din urmă, pe piață există procesoare desktop dual-core pe de biți în același timp de la ambii producători: AMD și Intel Interfețe Trecerea la magistralele seriale În urmă cu câțiva ani, în tehnologia calculatoarelor, se foloseau interfețe seriale pentru conectarea dispozitivelor cu viteză redusă și aproape exclusiv paralele pentru dispozitivele de mare viteză În prezent, posibilitățile de creștere a debitului interfețelor paralele sunt în mare măsură epuizate Acum există o tranziție masivă la un principiu secvenţial al schimbului de date atât pentru interfețele interne, cât și pentru cele externe De exemplu, dispozitivele interne de expansiune migrează către magistrala serială PCI Express, în timp ce dispozitivele externe sunt omniprezente folosind magistralele seriale USB sau FireWire AMD a lansat magistrala serial Hyper Transport ca interfață de sistem Următorul în linie este magistrala de memorie Interfețe fără fir Introducerea tehnologiilor pentru transmiterea datelor digitale pe un canal radio a făcut posibilă standardizarea interfețelor dispozitivelor externe și extinderea semnificativă a gamei acestora Primele care au pierdut fire au fost dispozitivele de intrare care nu necesitau lățime de bandă: tastatura și mouse-ul Dacă mai devreme fiecare producător a inventat propria versiune a interfeței wireless, acum aproape toată lumea folosește tehnologia standard Bluetooth Dispozitivele care necesită mai multă lățime de bandă (imprimante, scanere, unități externe, controlere de rețea) pot fi conectate convenabil prin Wi-Fi Multe dispozitive de uz casnic (telefoane mobile, camere foto digitale și video, sisteme de difuzoare și altele) sunt, de asemenea, conectate la computer prin interfețe Bluetooth sau Wi-Fi Memorie Soluții neevidente La un moment dat, tranziția de la memoria SDRAM la tehnologia DDR SDRAM și utilizarea a două canale pe magistrala de memorie a făcut posibilă rezolvarea problemei potrivirii performanței procesorului și a lățimii de bandă a memoriei Acum posibilitățile de dezvoltare a DDR SDRAM sunt aproape epuizate curent de fier domnilor Introducerea tehnologiei DDR SDRAM este o soluție temporară care oferă beneficii slabe, care nu sunt proporționale cu costurile Evident, sunt necesare abordări fundamental noi ale organizării RAM O direcție promițătoare este tehnologia memoriei FB DIMM complet tamponate Este posibil ca una dintre opțiunile acceptabile să fie tehnologia XDR oferită de Rambus Logica sistemului Integrarea a orice și a tuturor Plăcile de bază dobândesc din ce în ce mai mult caracteristicile unei soluții complete pentru construirea de sisteme informatice În domeniul logicii sistemului, este considerată o regulă bună suportarea chipset-ului cu tehnologii moderne: memorie dual-channel, magistrală serial PCI Express, nivel LAN Gigabit Ethernet, Serial ATA, mai multe porturi USB, FireWire, audio multicanal La nivelul plăcii de bază, tehnologiile RAID, Wi-Fi și Bluetooth sunt adesea acceptate Pentru a asambla calculatoare bugetare, se folosesc de obicei seturi logice de sistem cu un nucleu grafic integrat, adesea implementate pe un singur cip Astfel, pentru a construi un sistem entry-level, acum este suficient să ai procesor, RAM, placă de bază, carcasă, hard disk și unitate optică Sunetul este gratuit, adică degeaba O "melodie" separată merită dezvoltarea dispozitivelor de procesare a sunetului integrate în plăcile de bază Acum se poate susține că plăcile de sunet entry-level și mid-level părăsesc piața, neputând concura cu dispozitivele integrate în plăcile de bază Într-adevăr, soluțiile moderne încorporate oferă suport pentru audio multicanal la un nivel adecvat nevoilor majorității utilizatorilor Cel puțin, calitatea oferită este suficientă pentru redarea MP și acompaniamentul sonor al jocurilor În special, pe platforma Intel / , podul de sud ICH are un controler de sunet Intel High Definition Audio integrat, care nu este inferior ca performanță plăcilor de sunet de gamă medie Unități Tehnologie RAID desktop Termenul RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) înseamnă literal "o matrice redundantă de discuri ieftine" Mai multe dis- curent de fier kov poate fi combinat într-un singur sistem, numit matrice de discuri Un astfel de dispozitiv logic are fie viteza crescută în comparație cu un disc separat, fie fiabilitatea crescută a stocării datelor, sau ambele Există mai multe moduri de a combina discuri în matrice, care se numesc Level (nivele) RAID Astfel, RAID Level înseamnă paralelizarea operațiunilor între mai multe discuri, în timp ce viteza de schimb de date crește proporțional cu numărul de discuri RAID Nivelul I înseamnă că aceleași date pot fi scrise pe mai multe unități în același timp, crescând fiabilitatea stocării datelor Hard disk-uri mai ieftine, apariția chipset-urilor cu controler RAID integrat a deschis etapa utilizării matricelor RAID în computerele desktop La domiciliu, utilizarea RAID Level O oferă o creștere a performanței cu - % față de discurile convenționale Unități cu stare solidă Unitățile de memorie flash își continuă triumful în computere și electronice de larg consum Unitățile flash USB au distrus practic piața FDD și a dischetelor Este sigur să spunem că, pe măsură ce capacitatea și costul memoriei flash cresc, discurile optice CD-RW vor deveni următoarea victimă a memoriei flash Războiul Rece: HD-DVD vs BD Războiul noilor formate de media optice de înaltă densitate continuă: Blu-Ray Disk (BD) versus High Density DVD (HD-DVD) Formatul HD-DVD a fost aprobat oficial de monștrii de la Hollywood precum Warner Bros, Paramount Pictures, Universal Pictures și New Line Cinema De cealaltă parte a primei linii erau la fel de puternice Columbia TriStar, MGM, th Century Fox și Sony Pictures, care au susținut tehnologia BD Asociația Blue-Ray Disc (BDA) reunește producători de electronice de top: Hitachi, HP, LG Electronics, Matsushita Electric (Panasonic), Pioneer, Philips Electronics, Samsung Electronics, Sharp, Sony și Thomson La rândul său, formatul HD-DVD este aprobat de DVD Forum, care include, de exemplu, ASUSTeK, Hyundai, Intel, NEC, Sanyo, Toshiba Unele companii încearcă să stea pe două scaune simultan, participând la ambele grupuri, de exemplu, Hitachi, LG Electronics, Matsuhsita, Mitsubishi, Samsung, Thomson Probabil, rezultatul acestei confruntări va fi prezența simultană pe piață a două formate, similare cu situația actuală în domeniul DVD-ului înregistrabil curent de fier Adaptoare video Apus de soare AGP Tranziția omniprezentă la interfețele seriale a afectat și magistrala acceleratorului grafic Nu este un secret pentru nimeni că cea mai recentă versiune a magistralei AGP a oferit o lățime de bandă suficientă pentru acceleratoarele grafice moderne Dar cablarea magistralei rămâne foarte complexă, iar capacitatea de a alimenta dispozitivele este slabă Prin urmare, producătorii de plăci de bază și acceleratoare video au îmbrățișat cu entuziasm magistrala serial PCI Express Tehnologia PCI Express oferă performanță redundantă (pe baza nevoilor viitoarelor adaptoare video), aspect simplu pe placa de bază, alimentarea componentelor puternice Odată cu apariția PCI Express, se poate argumenta că problema lățimii de bandă a magistralei grafice a fost rezolvată pe ; câți ani înainte Monitoare Victoria LCD pe segmentul pieței de masă Astăzi, din punctul de vedere al consumatorului de masă, avantajele monitoarelor cu ecran cu cristale lichide (LCD) depășesc dezavantajele inerente ale acestei tehnologii Atât la birou, cât și la domiciliu, LCD-ul de format mediu înlocuiește treptat monitoarele tradiționale cu tub catodic (CRT) Rămân două nișe pentru monitoarele "tub": dispozitive foarte ieftine sau, dimpotrivă, dispozitive de clasă profesională relativ scumpe O nișă specifică, dar stabilă, pentru ecranele CRT sunt computerele jucătorilor pasionați retelelor Jos firele! Tehnologiile de rețea fără fir evoluează într-un ritm fără precedent Rețelele LAN bazate pe Wi-Fi ( ) au devenit obișnuite în birouri Din ce în ce mai multe puncte de acces noi sunt deschise în locurile de serviciu în masă pentru oameni Odată cu apariția centrelor multimedia în rețea, au apărut astfel de sarcini precum transmiterea unui flux multimedia, inclusiv DVD, printr-o rețea de domiciliu fără fir Prin urmare, Institutul de Ingineri Electrici și Electronici (IEEE) a dezvoltat standardul p, care oferă o rată reală de transfer de date de aproximativ Mbps Sarcina de a conecta utilizatorii individuali la un canal de acces la internet în bandă largă este rezolvată folosind dispozitive standard curent de fier și WiMax ( ) Raza de acoperire a hotspot-ului de până la km elimină problema "ultima milă", care este deosebit de relevantă pentru Rusia, cu infrastructura sa de rețea de comunicații subdezvoltată Dispozitive de intrare Să fie lumină Dispozitivele de intrare rămân zona cea mai conservatoare a tehnologiei computerelor O alternativă demnă la tastatură și mouse nu a fost încă găsită Cu toate acestea, a existat o revoluție locală în designul mouse-ului Soarecii mecanici, care au ca element de pozitionare o bila si senzori mecanici, au disparut de pe piata Locul lor a fost luat de șoareci optici fără părți mobile Determinarea pozitiei curente are loc datorita compararii de catre senzorul optic a impulsurilor de lumina reflectate de la suprafata, urmarind la o frecventa mare Nevoia de curățare periodică a mouse-ului a dispărut, durata de viață a dispozitivelor a crescut de zece ori și nu este nevoie să aveți un mouse pad special PLATFORMĂ O scurtă istorie a calculatoarelor Preistoria computerului Bazele tehnologiei informatice moderne au fost puse în secolul al XIX-lea Inventatorul american T A Edison ( - ), în cursul dezvoltării lămpilor electrice de iluminat, a descoperit că un filament de lampă fierbinte este capabil să emită o substanță încărcată Acest fenomen a fost numit "efectul Edison", iar acum este cunoscut sub numele de "emisie termionică" Fizicianul american J J Thompson ( - ) a descoperit electronul și i-a descris proprietățile Fizicianul englez J A Fleming ( - ) a oferit o explicație fizică a efectului Edison pe baza descoperirii lui Thompson Fleming a folosit efectul emisiei termoionice pentru a crea primul tub de electroni din lume - o diodă Dioda avea proprietatea de a trece curentul electric într-o singură direcție Inventatorul american L D Forest ( - ) a dezvoltat un tub electronic cu un element de control (grilă) - o triodă Inginerul radio rus M A Bonch-Bruevich ( - ) a demonstrat posibilitatea creării unui releu electronic Când catozii a două triode sunt conectați în serie și grilele și anozii lor sunt porniți "în cruce" în elementul combinat rezultat, o triodă este închisă stabil, iar cealaltă este capabilă să treacă curent până când este primit un semnal extern Când se primește un semnal extern, starea triodelor se schimbă în sens invers Acest releu se numește declanșator Dacă mai multe declanșatoare sunt conectate în serie, acestea pot fi folosite atât pentru numărarea semnalelor de intrare, cât și pentru stocarea informațiilor despre această cantitate, adică stocarea numerelor Istoricul computerului În anii , în Germania, Marea Britanie, SUA și URSS au fost dezvoltate calculatoare electromecanice și mai târziu cu releu În SUA, imigrantul bulgar John Atanasoff ( - ) a publicat conceptul de mașină de calcul El a formulat principiile arhitecturii sale și a construit un prototip Istoricul computerului În SUA sub conducerea lui J W Mauchly ( - ) și J P Eckert ( - ) a construit primul computer, numit ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) Designul său s-a bazat pe declanșarea lămpii Sub conducerea academicianului S A Lebedev, dezvoltarea roboți pentru crearea de calculatoare A fost creat primul computer în Uniunea Sovietică, numit MESM (mică mașină electronică de calcul) Prima generație de calculatoare Prima generație de calculatoare electronice a fost tub Lansarea computerelor cu tub a continuat din până la începutul anilor A doua generație de calculatoare În , un grup de fizicieni americani condus de William Shockley ( - ) a dezvoltat o triodă semiconductoare numită tranzistor Efectuând aceleași funcții ca și trioda tubulară, tranzistorul era de dimensiuni mici, foarte fiabil și consuma mult mai puțină energie Utilizarea tranzistorilor ca element de bază a computerelor a început la mijlocul anilor Aceste computere aparțin astăzi celei de-a doua generații A treia generație de calculatoare A treia generație include calculatoare asamblate pe baza de circuite integrate Primul circuit integrat a fost dezvoltat de Jack Kilby, angajat al companiei americane Texas Instruments, în Kilby a reușit să dezvolte o tehnologie pentru plasarea tranzistorilor, condensatorilor, rezistențelor și interconexiunilor pe un singur cip semiconductor În , compania IBM a început producția în serie de computere de a treia generație O scurtă istorie a calculatoarelor A patra generație de calculatoare Până în prezent, zeci și sute de milioane de tranzistoare pot fi plasate pe un cristal de siliciu Astfel de microcircuite combină procesorul propriu-zis al computerului, precum și memoria de mare viteză, într-un singur pachet Au devenit baza calculatoarelor personale și a altor sisteme de calcul Calculatoarele cu un procesor pe un singur cip sunt de obicei denumite a patra generație Procesoare • Dispozitivul principal al procesorului • Dezvoltarea procesoarelor Intel Pentium • Arhitectura procesoarelor Pentium • Dezvoltarea procesoarelor AMD • Arhitectura AMD K • Arhitectură AMD • Familia de procesoare VIA • Familia de procesoare Transmeta • Prize procesor • Productie procesor La sfârșitul anului , a început Intel până la lansarea primului model de microprocesor din lume Era pe patru biți, adică procesa un număr de biți într-o singură operație (ciclu) În , Intel a dezvoltat microprocesorul pe biți, iar în , primul microprocesor pe biți A devenit baza calculatoarelor personale IBM PC XT, care a devenit standardul de facto pentru întreaga industrie a calculatoarelor Apoi au apărut procesoarele , (primul procesor pe de biți), Odată cu apariția procesoarelor Pentium în , a început o nouă etapă în dezvoltarea computerelor personale, când acestea au devenit nu doar un instrument de lucru, ci și o casă , aparat de uz casnic Procesor Intel Model Procesor Intel Model pentru uz zilnic Procesoare În , un computer personal echipat cu un procesor Pentium și MB de RAM a început să se vândă cu sub de dolari Aparent, această piatră de hotar a devenit o barieră psihologică, deoarece vânzările au crescut cu o viteză cosmică până când piața a fost saturată, când - % dintre familiile din țările dezvoltate au devenit posesorii unui PC La început, studenții și studenții absolvenți au fost principalii cumpărători, apoi li s-au alăturat școlarii și părinții lor Recent, în lume se vând aproximativ de milioane de PC-uri pe an, iar prețul mediu al unui PC desktop nu depășește USD Din până în prezent, diverse companii au produs peste de modele de procesoare pentru calculatoare personale Unele dintre ele au devenit fenomene iconice în industria computerelor Principalii producători de procesoare pentru PC-uri în perioada analizată au fost Intel și AMD Din până în prezent, Intel Corporation a folosit șapte modele de platforme cu diferite interfețe de procesor: de la Socket la Socket AMD a folosit puțin mai puțin - cinci platforme (de la Socket la Socket ) Astfel, în medie, relevanța platformei a rămas timp de un an și jumătate până la doi ani Dispozitivul fundamental al procesorului Arhitectura computerului ca întreg și procesorul principal (Central Processor Unit - CPU) a fost descrisă pentru prima dată în de un om de știință american de origine maghiară John (Janos) von Neumann, care s-a bazat pe cercetările lui Burks, Mouchli, Eckert, Goldstein și alți oameni de știință care au lucrat la crearea primului computer De atunci, s-a acceptat în general că procesoarele moderne au o structură logică de tip "Neumann": • unitate aritmetică logică (ALU); • Bloc de control; • bloc de memorie; • Dispozitive I/O Cel mai simplu calculator Cel mai elementar computer imaginabil are doar două componente: un procesor și RAM, conectate între ele printr-un grup de conductori numit magistrală de sistem Procesorul are locații de memorie numite registre În ele, datele pot fi stocate și modificate cu o viteză extraordinară Unitatea logică aritmetică este elementul principal al procesorului, nu Dispozitivul fundamental al procesorului Sheena upravllil de linii Autobuz Lanna* de linii V-■ I Echipe, N "t~| I Date", Kb CACHE bloc de control Arnfiatiao- ' □□□□ Registrele dispozitiv (MU) □□□□ CPU Procesorul și memoria formează un microcalculator elementar pentru prelucrarea datelor Datele provin din registre și sunt returnate acestora pe măsură ce sunt procesate După cum știți, toate microprocesoarele moderne sunt sincrone La scăderea pulsului de ceas, porțile registrelor se deschid pentru a permite scrierea datelor și instrucțiunilor din memorie Datele corespunzătoare sunt apoi trimise prin autobuz către ALU Când totul este gata, ALU se pune la treabă După calcule, rezultatele sunt transferate pe magistrala de date a registrului Pe marginea următorului impuls, acestea sunt încărcate în registre Astfel, în fiecare ciclu există un semnal care comută anumite declanșatoare De exemplu, este posibil să încărcați date în registre numai pe partea din față a pulsului și să citiți numai la căderea pulsului (încărcarea este blocată în acest moment) De aceea, ALU poate citi și scrie date în registru în timpul unui ciclu Procesorul primește atât date, cât și comenzi pentru procesarea acestora de la celulele RAM prin magistrala de sistem Ca parte a magistralei de sistem, există: magistrală de date, magistrală de adrese, magistrală de control Datele din celulele de memorie sunt copiate în registrele procesorului prin intermediul magistralei de date Pe magistrala de adrese, procesorul alege din ce celulă să primească datele Un procesor pe de biți se poate conecta selectiv la oricare dintre cele de locații RAM Pe magistrala de control, procesorul primește comenzi de la RAM pentru procesarea datelor În timp ce computerul rulează, datele și programele sunt stocate în diferite zone ale memoriei RAM În spatele ce adrese sunt folosite treizeci Procesoare comenzile primite, procesorul se monitorizează cu ajutorul unui registru special care numără comenzile Instrucțiuni de la care adrese să preia date, procesorul le primește de la programe Cache În interiorul procesorului, toate operațiunile au loc de zece ori mai repede decât la schimbul de date cu RAM Aceasta înseamnă că, cu cât procesorul accesează mai rar memoria pentru date și comenzi, cu atât mai repede este capabil să funcționeze Pentru a reduce numărul de accesări, un bloc relativ mic de memorie super-rapidă capabil să funcționeze la frecvența de bază este încorporat în miezul procesorului Acest bloc de memorie se numește memorie cache La accesarea celulelor RAM, procesorul primește nu numai datele pe care a solicitat să le încarce în registre, ci și altceva "cu o marjă" Această marjă este scrisă în cache Dacă datele stocate sunt necesare în ciclul următor, procesorul le va lua din cache Dacă sunt necesare alte date, procesorul va trece la RAM, iar conținutul cache-ului va fi actualizat Principalele dezavantaje ale memoriei cache sunt costul ridicat și numărul mare de tranzistori folosiți pentru organizarea celulelor Prin urmare, memoria cache nu este prea mare De regulă, procesoarele moderne au două blocuri de memorie cache internă Primul bloc (primul nivel cache, L ) este de obicei împărțit într-un cache de date și un cache de instrucțiuni Al doilea bloc (al doilea nivel cache, L ) servește doar la stocarea datelor Unele modele de procesoare (cum ar fi Pentium Extreme Edition) folosesc memoria cache L Organizarea unei celule cache consumă de obicei șase tranzistoare (arhitectura T) Prin urmare, cu o dimensiune totală a memoriei cache de - KB, tranzistorii săi reprezintă până la % din numărul total de tranzistori din nucleul procesorului La frecvențe înalte ale procesorului, puterea termică dezvoltată de tranzistoarele cu comutare rapidă depășește adesea de wați Astfel, o creștere a cantității de memorie cache la o anumită etapă limitează creșterea performanței procesorului, prevenind creșterea frecvenței de operare Soclu procesor De ce un soclu de procesor are nevoie de sute de pini? De ce creșterea performanței procesorului este însoțită de o creștere a numărului de pini, al căror număr se apropie de o mie (Socket )? Pentru a răspunde la aceste întrebări, să ne uităm la scopul liniilor de magistrală de sistem care sunt conectate la soclul procesorului Dispozitivul fundamental al procesorului Grupuri de pini de soclu ale procesorului Autobuz de date Cu cât este mai mare adâncimea de biți a datelor, cu atât este mai mare performanța computerului Pentru a transfera date în procesoare moderne, se utilizează o autostradă separată - magistrala de date Aceasta este o magistrală paralelă, adică fiecare bit de date este transmis pe o linie separată Cu cât lățimea autobuzului este mai mare, cu atât mai multe linii Bus-ul de date din procesorul i a fost de biți, în procesorul i magistrala de date a fost mărită la de biți Începând de la procesorul Pentium și până la actualul Pentium se folosește o magistrală de de biți, deși execuția nucleului dispozitivele rămân pe de biți Ca urmare, numărul de ieșiri ale unui procesor modern pentru conectarea unei magistrale de date a crescut de patru ori în comparație cu i Autobuz de adrese Al doilea grup de semnale folosit de procesor este adresa Adresele descriu numărul de celule de memorie în care sunt stocate datele Cu cât este mai mare lățimea de biți a magistralei de adrese, cu atât mai multe celule de memorie pot fi folosite pentru a stoca date, cu atât mai multă memorie adresabilă este calculată sistem de turnare Procesoare Autobuzul de adrese din procesorul r era pe de biți, ceea ce permitea adresarea a MB de memorie fizică I , i și Pentium aveau o magistrală de adrese de de biți și se adresau la GB de memorie fizică De asemenea, magistrala de adrese este paralelă, adică o creștere a capacității sale duce la o creștere a numărului de pini de adresă ai procesorului Deci, în procesorul Pentium III, magistrala de adrese are de biți, ceea ce a făcut posibilă extinderea memoriei adresabile până la GB, iar la conector au fost adăugați patru pini Autobuz de serviciu Al treilea grup de semnale, necesar pentru ca procesorul să funcționeze, se referă la cele de service Cu ajutorul lor, chipsetul și procesorul schimbă comenzi și solicitări, magistrala de serviciu este folosită pentru a sincroniza și sincroniza procesorul și pentru a controla tensiunea de alimentare Numărul de semnale de control și, în consecință, numărul de pini de conector necesari pentru schimbul de semnale de serviciu depind de arhitectura procesorului și chipset-ului, de numărul de comenzi și instrucțiuni acceptate Pe măsură ce arhitectura devine mai complexă, numărul liniilor de serviciu și semnalelor de control crește Deci, procesorul i avea pini de magistrală de serviciu, iar procesorul Pentium avea deja Sina de alimentare Să numărăm numărul de pini folosiți pentru magistralele enumerate mai sus ale unui procesor modern, de exemplu, Pentium cu interfață Socket : pentru magistrala de adrese, pentru magistrala de date, pentru magistrala de serviciu Cum se folosesc sutele de alți pini ai procesorului Pentium ? Unele dintre ele (relativ mic) sunt rezervate pentru upgrade și revizuiri viitoare ale nucleului De exemplu, procesoarele Pentium cu interfață Socket au de pini în rezervă Toți pinii rămași sunt folosiți pentru alimentare Acești pini sunt denumiți în mod obișnuit ca Vcc (plus de alimentare), K (împământare) și Vtt (terminatoare) pe diagramele de circuit Deci, în conectorul Socket , există pini de Vcc, pini de Vtt și pini de K De ce atâtea linii de alimentare? Faptul este că elementele de bază ale logicii digitale (tranzistoarele) consumă curent Primul procesor Intel pe opt biți avea de tranzistori Acum, Pentium de pe nucleul Prescott are aproximativ de milioane de tranzistori Și aceste milioane de microîntrerupătoare trebuie să fie furnizate cu curent Mic, în fracțiuni de microamper Dar toată lumea Ca urmare, se dovedește că consumul total de curent al procesorului este de zeci de amperi De exemplu, curentul maxim Icc consumat de cristal pentru un Pentium Prescott este de A Există un mnemonic Dezvoltarea procesoarelor Intel Pentium regula pentru calcularea numărului minim de pini de putere a microcircuitului este "un amper per pin" Cu toate acestea, într-un astfel de cip ca un procesor, există o serie de alți factori care duc la o creștere a numărului de pini de putere: o arhitectură de cristal multistrat, suprimarea interferențelor și altele Prin urmare, în raport cu procesoarele moderne, putem formula regula: "patru ieșiri de putere per amper" Cel puțin procesorul Pentium III de pe nucleul Tualatin avea nevoie de de pini pentru un curent de A, acum Pentium de pe nucleul Prescott are de pini pentru un curent de A Tendința ulterioară este evidentă: odată cu extinderea adâncimii de biți a nucleului la de biți, odată cu introducerea de noi arhitecturi (în special cele dual-core) și o creștere a frecvențelor de operare, numărul de pini de procesor va crește Recordul intermediar al AMD Athlon cu socket-ul său este de scurtă durată, noi deținători de recorduri după numărul de ieșiri sunt pe drum Dezvoltarea procesoarelor Intel Pentium De la Pentium la Pentium II procesor Pentium Strămoșul unei familii extinse sub denumirea generală Pentium (Pentium, Pentium MMX, Pentium II, Pentium III, Pentium ) a fost procesorul P echipat cu interfața Socket , a cărui producție a început în În același an, exista o tranziție la nucleul P C cu interfața Socket , mai târziu - Socket Linia de procesoare Pentium propriu-zisă a inclus modele cu frecvențe de operare de - MHz Procesoarele au fost produse folosind diverse norme tehnologice Modelele cu frecvențe de - MHz sunt realizate folosind tehnologia de , microni, iar procesoarele cu frecvențe de - MHz sunt realizate folosind tehnologia de , microni Nucleul P C conține , milioane de tranzistori, KB de cache L Cache L de până la KB a fost localizat pe placa de sistem Procesoarele din familia Pentium au următoarele caracteristici principale: arhitectura superscalară (două conducte); predicție dinamică a ramurilor; modul pentru procesarea în conductă a operațiunilor în virgulă mobilă; mai puțin timp pentru executarea instrucțiunilor; memorie cache separată pentru date și instrucțiuni ( KB fiecare); protocol de scriere înapoi a memoriei cache a datelor; magistrală de date pe de biți; Procesoare • transportor de biciclete pe autobuz; • verificarea parităţii adresei; • verificarea paritatii interne; • controlul redundanței funcționale; • controlul executiei; • monitorizarea performantei; • Modul de management al sistemului; • extinderea modurilor virtuale; • management inteligent al energiei (SL); • API încorporat (interfață de programare a aplicațiilor) Procesor Pentium MMX Procesoarele Pentium (nucleu P C) cu tehnologie MMX (Multi Media Extension) au devenit un pas semnificativ înainte în familia Pentium Tehnologia MMX se bazează pe metoda SIMD (Single Instruction - Multiple Data), care vă permite să creșteți performanța unei game largi de aplicații multimedia Pentium MMX a acceptat de instrucțiuni noi și patru noi tipuri de date pe de biți Producția de Pentium MMX folosind tehnologii de nm a început în Cache-ul de date și cache-ul de instrucțiuni din Pentium MMX sunt de KB fiecare Partiționarea în cache îmbunătățește performanța prin reducerea timpului mediu de acces la memorie și oferind acces rapid la instrucțiunile și datele utilizate frecvent Cache-ul de date acceptă două accesări în același timp, metoda write-back (Write-back) sau write-through line-by-line (Writethrough) Predicția dinamică a ramurilor utilizează un tampon țintă de ramificație (BTB) care prezice cel mai probabil set de instrucțiuni de executat A fost adăugată o etapă suplimentară de conductă pentru a îmbunătăți performanța Scrierea în memorie are loc printr-o zonă formată din patru buffer-uri care sunt partajate de două conducte Principalele caracteristici ale procesorului: • , milioane de tranzistori; • Cache L de până la KB pe placa de sistem; • magistrală de date pe de biți; • controlul integrității datelor; • controler de întrerupere încorporat al microprocesorului; • controlul performanței și urmărirea execuției; • paginare îmbunătățită; Dezvoltarea procesoarelor Intel Pentium • controlul puterii folosind tehnologia SL; • arhitectura superscalara cu posibilitatea executiei paralele a doua instructiuni intregi intr-un ciclu Unitatea Pipeline Floating Point (FPU) acceptă atât formatele pe , cât și pe de biți Acest lucru face posibilă executarea a două instrucțiuni în virgulă mobilă într-un singur ciclu de ceas Multe instrucțiuni care necesitau microcod în procesoarele x sunt acum conectate în procesor pentru o performanță ridicată Semnalele de control al magistralei controlează potrivirea memoriei cache în sistemele multiprocesor Controlerul de întrerupere încorporat al microprocesorului asigură o multiprocesare simetrică cu o supraîncărcare minimă Pentru prima dată, este încorporat suport hardware pentru întreruperi virtuale Nucleul procesorului este identificat pentru a obține informații despre familia, modelul și caracteristicile procesorului folosind comanda CPUID Detectarea erorilor dispozitivelor interne și a interfeței magistralei este asigurată de sistemul de protecție pentru paritate și excepție de verificare a mașinii (MCE) De asemenea, se oferă suport hardware pentru a verifica finalizarea unui ciclu de autobuz procesor Pentium II Procesorul Pentium II bazat pe nucleul Klamath a început să fie produs în conform standardelor tehnologice de nm Miezul a fost găzduit într-un nou design - un cartuş cu un contact cu o singură faţă (Single Edge Contact - SEC), cu de contacte Integrarea și fiabilitatea ridicată a datelor au fost asigurate de magistrala de memorie și magistrala de sistem cu suport ECC, motor de analiză a defecțiunilor, funcție de recuperare și verificare a redundanței funcționale Cache-ul L de KB era localizat pe placa procesorului și rula la jumătate din frecvență În , a început lansarea Pentium II pe nucleul Deschutes conform tehnologiei de nm Familia de procesoare Intel Pentium II a inclus modele cu viteze de ceas de - MHz Îmbunătățirea semnificativă a performanței procesoarelor Pentium II față de procesoarele cu arhitectură Intel anterioare se bazează pe combinația dintre tehnologia Pentium Pro cu suport pentru noile instrucțiuni MMX Să subliniem câteva caracteristici ale arhitecturii Pentium II: • număr de tranzistori , milioane; • predicție multiplă a ramurilor, sunt prezise mai multe direcții ale ramurilor de program; • analiza fluxului de date Ca rezultat al analizei dependenței instrucțiunilor unul față de celălalt, procesorul dezvoltă un program optimizat pentru execuția lor; Procesoare Procesor Deschutes Pentium II • execuţia speculativă Procesorul execută instrucțiuni în conformitate cu programul optimizat de încărcare ALU; • suport complet pentru tehnologia MMX Arhitectura de magistrală independentă dublă (bus de sistem și magistrală cache) oferă o performanță și o performanță îmbunătățite, precum și scalabilitate atunci când se utilizează mai mult de un procesor Busul de sistem acceptă mai multe tranzacții, ceea ce îmbunătățește debitul Performanța este, de asemenea, îmbunătățită prin utilizarea unei magistrale cache dedicate pe de biți Procesorul are un cache separat de primul nivel ( + KB) Unitatea Pipeline Floating Point (FPU) acceptă formate de date pe de biți, de biți și de biți Cererea repetitivă a magistralei de sistem și verificarea parității răspunsului asigură o fiabilitate ridicată și integrarea datelor Tehnologia ECC (Error Correction Code) vă permite să corectați un bit și să detectați erorile de magistrală de sistem pe doi biți Testul Seif încorporat (BIST) oferă aceeași funcționalitate ca și Pentium MMX Contoarele de performanță încorporate asigură managementul performanței și numărarea evenimentelor Ca urmare a politicii deliberate a Intel de a separa sectoarele pieței computerelor personale, procesoarele Celeron bazate pe arhitectura Pentium II au apărut în Primele modificări (cu nucleul Covington) nu au avut un cache de nivel al doilea, așa că au rămas în urmă în performanță în urma Pentium II, dar s-au distins prin overclockabilitate excelentă Procesoarele Celeron cu nucleu Mendocino au primit un cache L de KB În , procesorul Pentium II (Deschutes) a fost înlocuit cu Pentium III bazat pe noul nucleu Katmai, care a primit blocul SSE (Streaming SIMD Extensions), un set extins de Dezvoltarea procesoarelor Intel Pentium Mand MMX și un mecanism îmbunătățit pentru accesul la memorie în flux Procesorul a fost format din , milioane de tranzistori și a fost produs conform tehnologiei de nm cu interfața Slot Cache-ul de nivel al doilea situat în nucleu avea un volum de KB Interfață socket Celeron - MHz (aprilie - ianuarie ) Pentium III - MHz (octombrie - iulie ) Celeron II - MHz (ianuarie - iulie ) Celeron/Pentium III - MHz (ianuarie - iulie ) În , interfața Socket a fost dezvoltată pentru procesoarele Pentium III, cristalul a fost instalat într-un pachet PPGA din plastic Un avantaj important al Pentium III a fost capacitatea de a executa un set extins de instrucțiuni SIMD care operează cu registre speciale de de biți Fiecare dintre ele stochează patru numere reale de precizie Astfel, efectuând o operație pe două registre, SSE operează efectiv pe patru perechi de numere Acea Da, datorită acestui lucru, procesorul poate efectua până la patru operații simultan Cu toate acestea, dezvoltatorul programului trebuie să folosească comenzi speciale și, de asemenea, să aibă grijă de punerea și recuperarea date din patru registre locale, prin urmare, pentru a utiliza întreaga putere de calcul a Pentium III, este necesară optimizarea codului țintit Astfel, Pentium /// are un bloc similar cu MMX, dar care operează cu numere reale Această decizie a contribuit la îmbunătățirea performanței procesorului în următoarele domenii: • grafică și modelare tridimensională, calculul iluminării folosind calcule în virgulă mobilă; • procesarea semnalului și modelarea proceselor cu o gamă largă de parametri; • generarea de imagini tridimensionale în programe în timp real care nu utilizează cod întreg; • algoritmi de codificare și decodare video care prelucrează datele în blocuri; • algoritmi de filtrare numerică care lucrează cu fluxuri de date Din anul a început producția de procesoare în pachete FC-PGA Ultimul Modificările Pentium III și Celeron au fost procesoare bazate pe nucleul Tualatin, fabricate conform tehnologiei nm Model Pentium III-S Tualatin Procesoare Coppermine Celeron - MHz FSB e Pentium III Mină de cupru nm - MHz - MHz Pentium MHz Pentium EE Priza - MHz Z&Skp î h - MHz Pentium Celeron Celeron - MHz FSB O - MHz Pentium Prescott - MHz Pentium FSB nm Sudai hm FSB hm FSB resco Hm FSB Celeron - MHz - MHz Celeron O Prescott Priză Pentium Willamette FSB Celeron - MHz Prescott FSB FSB Coppermine Pentium III - MHz FS - nm Tualatin Pentium II - MHz FSB Pentium III-S - MHz Pentium - MHz ■ - - MHz îuaiatin Sv|vgop MHz nm FSB Northwood FSB Northwocd TDOTSDOOMHz* FSB Prest ftia pent)um EE - MHz * Genealogia procesoarelor de arhitectură Intel NetBurst are o frecvență de funcționare de până la MHz, o memorie cache de al doilea nivel cu o capacitate de KB Nucleul a primit un bloc Data Prefetch, care a devenit unul dintre elementele cheie ale viitoarei arhitecturi Pentium Din păcate, Pentium III-S a necesitat o nouă modificare a interfeței Socket , care a exclus posibilitatea de a actualiza sistemele existente Interfață socket Pentium - MHz (noiembrie - august ) Procesorul Pentium bazat pe nucleul Willamette avea o nouă arhitectură bazată pe tehnologia NetBurst, care a devenit o dezvoltare logică a arhitecturii Pentium III-S bazată pe nucleul Tualatin Un avantaj important al arhitecturii Pentium a fost mecanismul de control termic, care reducea automat frecvența de funcționare în cazul în care temperatura centrală depășea un prag specificat Nucleul Willamette introduce pentru prima dată suport pentru setul de instrucțiuni multimedia SSE extins Cu toate acestea, interfața Socket-ul s-a dovedit a nu fi foarte avansat din punct de vedere tehnologic, iar Intel erai tu trebuie să încetați să-l mai folosiți Dezvoltarea procesoarelor Intel Pentium Interfață socket Pentium - MHz (iulie - martie ) Celeron - MHz (iulie - octombrie ) Pentium EE - MHz (septembrie - martie ) Interfața Socket a fost introdusă concomitent cu trecerea procesoarelor Pentium la nucleul Northwood, echipat cu un cache L de KB Platforma a fost echipată cu chipset-uri care suportă unul dintre cele trei tipuri de RAM: Rambus DRAM (RDRAM), SDRAM, DDR SDRAM Cu tenacitate demnă de o aplicație mai bună, Intel a trăit o memorie RDRAM scumpă în detrimentul DDR SDRAM mai ieftin, ceea ce a provocat nemulțumiri atât producătorilor de plăci de bază, cât și utilizatorilor Și numai sub presiunea partenerilor și a consumatorilor, chipsetul D a fost lansat, care acceptă DDR SDRAM Conducta lungă a Pentium a făcut posibilă creșterea constantă a frecvenței de operare a procesorului și a frecvenței magistralei de sistem Frecvența procesorului cu nucleul Northwood a crescut la MHz, iar frecvența magistralei de sistem la MHz Modificarea Celeron diferă de Pentium prin dimensiunea cache-ului L redusă la jumătate și frecvența magistralei de sistem limitată la MHz Interfață socket Pentium - MHz (din iunie ) Celeron D - MHz (din iunie ) Pentium EE - MHz (din iunie ) Următorul pas major făcut de Intel pentru a îmbunătăți tehnologia a fost transferul tuturor procesoarelor desktop la interfața Socket LGA (Land Grid Array) Ceva mai devreme, a fost introdusă o arhitectură îmbunătățită a nucleului Prescott (tehnologia nm) Miez prezintă o conductă de execuție extinsă, cache L crescută la KB și suport pentru setul de instrucțiuni SSE În același timp, puterea termică a procesorului Pentium de pe nucleul Prescott cu o frecvență de , GHz a ajuns la W Procesoarele din familia Celeron D își datorează aspectul introducerii tehnologiei nm Conform politicii Intel, modificarea bugetului a primit Procesoare un cache înjumătățit (adică KB) și o frecvență magistrală de sistem limitată la MHz Trecerea la noua interfață a fost marcată de un eveniment semnificativ: Intel a refuzat să marcheze procesoarele după frecvența de operare și, după exemplul AMD, a introdus marcarea după rating (numărul procesorului) Un loc special în familia Pentium îl ocupă procesoarele Extreme Edition (EE) Sunt construite pe un nucleu Gallatin complet diferit (tehnologie nm) Principala diferență a Pentium EE este prezența unui cache L de MB și o frecvență crescută a magistralei de sistem până la MHz Arhitectura procesorului Pentium În noiembrie , Intel a lansat procesorul Pentium pe de biți bazat pe nucleul Willamette, care funcționează la , GHz Semnificația acestui eveniment este că de la lansarea lui Pentium Pro, nimic mai semnificativ nu s-a întâmplat în domeniul arhitecturii procesoarelor Intel Odată cu lansarea Pentium , s-a născut procesorul din generația a șaptea (Pentium Ryu, Pentium P / N aparțin generației a șasea - P ) Este necesar să enumerați inovațiile arhitecturii Willamette, care fac posibilă clasificarea procesorului Pentium ca o nouă generație: • miez asimetric cu blocuri care funcționează la viteze diferite; • o versiune semnificativ îmbunătățită a mecanismului de execuție a instrucțiunilor superscalare; • un nou cache de nivel al doilea care ține evidența ordinii în care sunt executate instrucțiunile; • blocuri de operații revizuite cu date multimedia și numere în virgulă mobilă; • un set imens de instrucțiuni noi; • o nouă magistrală de sistem care transmite pachete de date pe ciclu (arhitectură quad pumped); • conductă de execuție a instrucțiunilor cu de etape Experții au fost cel mai impresionați de frecvența de pornire de funcționare a procesorului la , GHz Acest rezultat a fost atins datorită noii arhitecturi a conductei de execuție a instrucțiunilor Pentium III are o conductă în etape ( etape FPU), Athlonul are etape ( etape FPU) Pentium , cu o lungime a conductei de de trepte, permite atingerea frecvenței maxime de ceas, dar primește și cele mai mari întârzieri pentru operațiunile conectate între ele (a doua operație va trebui să aștepte de cicluri până la finalizarea primei operațiuni) Arhitectura procesorului Pentium dispozitive Model Arhitecturi de procesoare Pentium De la Willamette la Prescott Nu este un secret pentru nimeni faptul că performanța oricărui procesor poate fi definită ca produsul dintre frecvența de bază de operare și numărul de operații pe ceas Evident, cu cât fiecare dintre factori este mai mare, cu atât produsul este mai mare Pur teoretic, performanța poate fi crescută atât prin creșterea frecvenței, cât și a numărului de instrucțiuni executate pe ceas Cu toate acestea, în practică, acești doi parametri sunt legați printr-o relație complexă invers proporțională O creștere a numărului de instrucțiuni executate pe ceas necesită o proiectare specială a nucleului, o analiză complexă a interdependențelor instrucțiunilor, ceea ce duce la o creștere bruscă a numărului de elemente logice din nucleu Un obstacol serios este codul programului în sine, care limitează paralelizarea algoritmilor utilizați Pentru a crește frecvența de operare a nucleului, este necesar să se optimizeze designul, astfel încât să fie efectuate aproximativ același număr de operații la fiecare etapă a procesorului În caz contrar, elementul cel mai încărcat devine o frână, împiedicând creșterea frecvenței O creștere a frecvenței duce întotdeauna la o creștere a generării de căldură Prin urmare, arhitectura procesorului, implementată conform standardelor tehnologice actuale, are o limită superioară a frecvenţelor de operare De exemplu, pentru procesorul Pentium bazat pe nucleul Northwood (tehnologia nm), limita superioară a fost de , GHz O "overclocking" suplimentară a devenit posibilă odată cu trecerea la standarde tehnologice mai stricte de nm în nucleul Prescott Dar asta Procesoare sursa câștigurilor de productivitate nu este infinită De exemplu, nucleul Prescott a făcut posibilă creșterea frecvenței la doar , GHz În general, la dezvoltarea arhitecturii procesoarelor x , Intel a căutat să crească atât numărul de instrucțiuni executate pe clock, cât și frecvența de operare a nucleului Fiecare nouă generație de procesoare ( , , , Pentium, Pentium Pro) ar putea executa mai multe instrucțiuni pe ceas decât cea anterioară În același timp, odată cu îmbunătățirea procesului tehnologic, de obicei a crescut și frecvența procesoarelor Cu alte cuvinte, ambii multiplicatori au fost crescuti treptat, ceea ce a dus la o crestere rapida a productivitatii Aceasta a continuat până când potențialul de frecvență al microarhitecturii P a fost practic epuizat, adică până la o frecvență de MHz Punctul culminant al dezvoltării acestei microarhitecturi a fost procesorul Pentium III-S Deși nivelul său de performanță a fost destul de decent, în multe privințe a fost inferior procesoarelor Athlon de la AMD P a fost înlocuit cu arhitectura NetBurst a procesorului Pentium , care a marcat o schimbare a priorităților în dezvoltarea de bază Eforturile s-au concentrat pe obținerea de frecvențe de operare mai mari cu același proces tehnologic ca și P Din punct de vedere al marketingului, a fost alegerea corectă Convinși că "mai mult" înseamnă "mai bine", utilizatorii au votat cu portofelele noile priorități Autobuz de sistem Interfață magistrală de sistem Cache de date de nivel cache L Subsistemul de memorie Decodare Eșantionare Cache de urmărire Dispozitive executive Demisia extraordinară executarea performantei Actualizarea istoricului filialei Branch Pointer Buffer Branch Prediction pregătitoare ț ER Diagrama bloc a miezului Willamette Arhitectura procesorului Pentium teta A început cursa pentru megaherți și gigaherți, în care Pentium a pus fără echivoc ambele lame mai întâi Athlon, apoi Athlon XP Dezvoltarea ideologiei NetBurst poate fi urmărită prin microarhitectura nucleelor succesive Willamette, Northwood și Prescott Schema bloc a nucleului Willamette prezintă principalele blocuri funcționale ale procesorului ( ) Secțiune executivă (Back End) cu dispozitive executive și elementele lor de servire ( ) Secțiunea pregătitoare (Front End) cu dispozitivele responsabile de decodarea instrucțiunilor și depunerea lor la timp la secția de execuție Aceasta include, de asemenea, un grup de dispozitive care oferă unele caracteristici specifice: o unitate de pre-preluare (Prefetch), o unitate de predicție a ramurilor (Branch Prediction Unit) ( ) Subsistemul de memorie, care controlează încărcarea și alimentarea datelor către zone Cum funcționează arhitectura NetBurst În forma sa cea mai simplificată, un procesor este format dintr-un nucleu și un subsistem de memorie Nucleul în sine poate fi reprezentat ca o combinație a două secțiuni: Front End pregătitor și Vask End executiv În acest caz, prima secțiune este responsabilă pentru furnizarea celei de-a doua cu material pentru lucru Modulul Vask End conține unitățile de execuție ale procesorului Aceasta este exact partea procesorului care "contează", plus logica care îl servește Algoritmul procesorului într-o aproximare aproximativă arată astfel: subsistemul de memorie furnizează nucleului date din RAM, secțiunea pregătitoare le reduce la o formă digerabilă și le transferă în secțiunea de execuție pentru procesare Secția Vask End se ocupă de prelucrarea directă a acestui material Un grup special de dispozitive este responsabil pentru furnizarea în timp util a datelor și pentru predicția următoarelor tranziții, adică creează condiții confortabile pentru funcționarea componentelor rămase ale nucleului Există cinci dispozitive de acționare funcționale pe secțiunea Vask End, fiecare dintre ele efectuând propria listă de operații Trei dispozitive (două ALU "rapide" și una "normală") sunt angajate în operațiuni cu numere întregi, două cu operații cu numere reale Toate sunt asociate cu blocuri logice care pregătesc date, transferă operanzi, citesc date din registre - în general, efectuează munca fără de care calculele nu pot fi efectuate Cele două dispozitive pentru calcularea și descărcarea adreselor sunt oarecum separate Microarhitectura nucleului Prescott al procesorului Pentium Arhitectura procesorului Pentium Luați în considerare algoritmul pentru efectuarea celei mai simple operații: creșterea valorii unui registru cu cinci Pentru a face acest lucru, trebuie să efectuați o serie de acțiuni: Luați conținutul registrului "X" Luați numărul Trimiteți două numere și codul de operare "adăugare" dispozitivului de acționare Efectuați adăugarea Scrieți rezultatul în registrul "X" Dintre cele cinci acțiuni enumerate, actuatoarele sunt ocupate doar într-una (a patra în ordine) Toate lucrările pregătitoare sunt efectuate de logica serviciului Unitățile de execuție acceptă numere și codul operației, efectuează operația în sine și dau un rezultat numeric Sarcina lor este importantă, dar fără o logică de sprijin sunt neputincioși Să luăm în considerare o operație mai complicată: trebuie să adăugăm conținutul registrelor "X" și "Y" și, de asemenea, să creștem conținutul registrului "Z" cu cinci Desigur, puteți efectua operațiuni pe rând, ceea ce va dura destul de mult Dar dacă puneți un al doilea actuator în paralel cu primul, atunci lucrarea se poate face de două ori mai repede O astfel de arhitectură se numește superscalar, ceea ce înseamnă că este posibil să se execute mai mult de o operație pe ciclu de ceas Să presupunem că a doua sarcină implică creșterea registrului "Y" cu unul Apoi procesorul este forțat să aștepte până la finalizarea primei operațiuni, în ciuda faptului că a doua unitate de execuție este complet liberă Astfel, logica care deservește dispozitivele de execuție trebuie să determine dacă există interdependențe în sarcini sau dacă acestea pot fi executate în paralel Această sarcină este, de asemenea, încredințată secțiunii Vask End Pentru a îmbunătăți performanța, este mai profitabil să executați cât mai multe operațiuni în paralel Dacă nu se găsesc operații adecvate într-o anumită secțiune de cod, puteți sări peste mai multe micro-operații cu operanzi care nu sunt încă gata și apoi executați doar acele instrucțiuni a căror modificare a ordinii nu va schimba rezultatul Această tehnologie se numește Out-of-Order Execute (execuție în afara ordinului) Imaginează-ți că codul programului conține un anumit număr de sarcini Mai mult, ele trebuie efectuate într-o anumită secvență, deoarece unele dintre ele depind de rezultatele operațiilor anterioare Și unele dintre ele nu contează Unele lucrări așteaptă să ajungă date din memorie Există două opțiuni pentru rezolvarea problemei: fie așteptați până când toate sarcinile sunt finalizate una câte una, conform codului secvențial al programului, fie încercați să finalizați partea de lucru pentru care există tot ce este necesar Desigur, finalizați toate sarcinile Procesoare "În ordine" va eșua, dar efectuarea a măcar unele dintre ele va economisi o anumită perioadă de timp Pentru a rezolva această problemă, unele dispozitive sunt fundamental necesare În primul rând, aveți nevoie de un buffer în care se acumulează sarcini Din buffer, un dispozitiv numit planificator (Sheduler) selectează acele sarcini care sunt deja prevăzute cu operanzi și pot fi executate imediat Prescheduler sortează lucrările în cele care pot fi executate la rândul lor și cele care necesită rezultate anterioare Datele intermediare rezultate trebuie înregistrate undeva Pentru asta sunt registrele În special, procesorul Pentium are de registre de servicii Deoarece orice program pentru platforma x nu are cunoștință de existența a mai mult de registre de uz general (RON), este necesar ca registrele de servicii să poată "pretinde" RON Acest lucru se face prin blocul de redenumire a registrului Este nevoie de primul registru de serviciu gratuit pe care îl întâlnește și îl prezintă programului ca un registru de uz general "permis" Deci rezultatele operațiunilor extraordinare sunt înscrise în "proiect" - registre de servicii După efectuarea următoarelor operațiuni se primesc rezultate "extraordinare" din "draft" și se plasează în lei conform ordinii specificate în program Dispunerea operațiunilor în componente face posibilă simplificarea fiecărei etape a conductei, reducerea numărului de elemente logice și, prin urmare, creșterea frecvenței de operare a miezului Dar instrucțiunile CISC ale platformei x au o structură neregulată: lungimi diferite, număr diferit de operanzi și chiar sintaxă diferită Două instrucțiuni de aceeași lungime pot conține instrucțiuni care diferă ca complexitate printr-un ordin de mărime În curs de desfășurare, este necesar să se depună micro-operații simple care au o structură regulată: aceeași lungime, aranjarea standard a operanzilor și a mărcilor de serviciu, aproximativ egală cu complexitatea execuției Instrucțiunile sunt simplificate și aliniate de decodor, care convertește instrucțiunile CISC în micro-opțiuni RISC Tehnologia Trace Cache Dacă instrucțiunea x nu poate fi reprezentată ca o singură instrucțiune simplă, decodorul creează o anumită secvență de instrucțiuni RISC simple (micro-operații) În procesorul Pentium , în locul cache-ului tradițional de instrucțiuni care stochează codul x , există un cache de urmărire (Trace Cache) Este situat după decodor, dar înainte de restul unităților procesoare Nu stochează instrucțiuni CISC, ci rezultatele decodării lor - micro-operații Cu această arhitectură, decodorul funcționează independent de alte blocuri, umplând Trace Cache-ul cu micro-opțiuni Buffer de traducere rapidă a adreselor Secvența de instrucțiuni Decodificarea instrucțiunilor Coada de instrucțiuni Se completează memoria cache de urme * IN eu IIIIIIII IIIIII II eu coada micro-op c Redenumirea registrelor eu Înregistrați alocarea Programator o I Lectură Înregistrați intrarea Reordonează^ Comenzi I Mecanism extraordinar de executare eu Procesor Pentium Pipeline de operațiuni Procesoare Dacă nu există instrucțiuni în Trace Cache pentru secțiunea de cod solicitată de procesor, acestea sunt încărcate relativ lent din cache-ul L , fiind decodificate din mers Desigur, decodificarea și eșantionarea datelor din această secțiune are loc în ordinea determinată de programul executabil Micro-operațiile sunt "eliminate" direct din decodor, deoarece sunt gata, iar viteza rezultată nu va fi mai mult de o instrucțiune pe ceas La reaccesarea aceleiași secțiuni de cod, procesorul scapă de nevoia de a decoda din nou În unele cazuri, economiile sunt destul de semnificative: "lungimea" secțiunii decodorului în cicluri este de la la de cicluri Cache-ul de urmărire are o capacitate de µops În medie, probabilitatea de a găsi codul solicitat în Trace Cache este în intervalul - % Predicția tranziției Pe lângă prezentarea instrucțiunilor CISC într-o formă convenabilă pentru procesor, microarhitectura nucleului trebuie să rezolve problema predicției ramurilor programului Esența problemei este că, după ce a îndeplinit o instrucțiune de salt, procesorul oprește conducta Întârzierea va fi mai mare cu cât lungimea conductei este mai mare Prin urmare, instrucțiunile de săritură trebuie detectate în avans și reacționate în consecință Pentru aceasta este concepută o unitate specială de predicție a tranziției (Brâncii Prediction Unit) Sarcina sa este de a prezice direcția tranziției și, în cazul unei predicții reușite, să economisească timp În consecință, dacă rezultatul predicției nu are succes, conducta este complet oprită și tampoanele sunt curățate Dacă în program există salturi condiționate (adică cele care depind de rezultatul efectuării unei operații), ar trebui să încercați să "ghiciți" dacă acest salt va avea loc sau nu Metoda de divinație pe zaț de cafea nu este potrivită aici Prin urmare, blocul de predicții stochează un tabel special de istoric al ramurilor (Branch History Table), care înregistrează performanța celor aproximativ de predicții anterioare În plus, este monitorizată acuratețea ultimei predicții pentru a corecta algoritmul dacă este necesar Datorită acestui fapt, decodorul efectuează o ramură condiționată la promptul blocului de predicție, iar apoi blocul de predicție verifică dacă această condiție a fost prezisă corect Microarhitectura Prefetch (prefetch sau prefetch) vă permite să știți dinainte de ce date va avea nevoie procesorul în viitor Mecanisme speciale analizează secvențele de adrese la care au fost încărcate datele și încearcă să prezică următoarea adresă Mecanismul de preluare preliminară funcționează în strânsă cooperare cu unitatea de predicție a ramurilor și cu subsistemul de memorie Arhitectura procesorului Pentium Subsistemul cache Sarcina subsistemului de memorie este relativ simplă: să livreze datele solicitate cât mai repede posibil și să elimine rezultatul cât mai repede posibil Deoarece viteza memoriei SDRAM nu poate fi comparată cu viteza procesoarelor (decalajul este mai mult decât un ordin de mărime în favoarea procesoarelor), memorarea în cache a datelor este utilizată în mod activ în memoria de mare viteză cu un volum relativ mic Procesorul Pentium are două, iar modificarea Extreme Edition are chiar și trei niveluri de memorie cache Rolul principal în accelerarea activității este atribuit cache-ului de al doilea nivel De fapt, este cache-ul de al doilea nivel care devine principala stocare a datelor în microarhitectura Pentium În timpul lucrului, cele mai necesare date sunt plasate în memoria cache de prim nivel Spre deosebire de memoria cache Pentium II, memoria cache de date este mică: doar KB în nucleul Willamette/Northwood și KB în nucleul Prescott Pe de altă parte, viteza cache-ului N a crescut considerabil: întârzierea de acces este de doar cicluri, spre deosebire de cicluri la Pentium III La frecvențe de GHz și mai mari, această diferență devine decisivă Deoarece cantitatea de date din primul nivel cache este mică, există o probabilitate mare ca datele necesare procesorului să nu fie acolo În absența datelor necesare, se inițiază o contestație la cache-ul de al doilea nivel Dacă datele necesare sunt acolo, acestea sunt copiate în memoria cache de prim nivel pe o magistrală de de biți Această tehnologie se numește Advanced Transfer Cache Evident, mecanismul de stocare în cache este inclusiv Adică, datele conținute în memoria cache de primul nivel sunt mapate la memoria cache de al doilea nivel Procesoarele AMD au un cache exclusiv: nu se repetă date Dacă datele necesare nu sunt găsite în memoria cache de nivel al doilea, o solicitare este trimisă către RAM Timpul de răspuns RAM este mult mai lung decât timpul de răspuns al memoriei cache L Din punctul de vedere al eficienței conductei de procesor, o solicitare către RAM este un dezastru, deoarece timpul caracteristic pentru sosirea datelor din RAM este de sute de cicluri de procesor De aceea este nevoie urgent de un mecanism de preîncărcare, care ar trebui să înceapă să livreze datele necesare în avans Dimensiunea cache-ului de al doilea nivel pentru nucleul Willamette este de KB, pentru nucleul Northwood - KB, pentru nucleul Prescott - KB Modificarea procesorului Pentium EE conține un cache L de KB Acest cache este conectat la nucleu printr-o magistrală pe de biți, iar latența de accesare a acestuia este mai mare decât cea a cache-ului L Cu toate acestea, în multe cazuri, prezența sa îmbunătățește semnificativ performanța, deoarece al treilea nivel cache este încă mai rapid decât RAM Procesoare Tehnologia Hyper Threading Modificarea Pentium bazată pe nucleul Nortwood B a implementat pentru prima dată tehnologia virtuală Hyper-Threading cu două procesoare Strict vorbind, toate blocurile hardware necesare erau deja prezente în procesorul Pentium cu nucleul Willamette, dar erau dezactivate (probabil din motive de marketing) Și numai odată cu apariția Pentium cu o frecvență de , GHz, tehnologiile multiprocesor au devenit disponibile pentru utilizatorul obișnuit Nu este un secret pentru nimeni că costul mașinilor cu două procesoare poziționate ca stații de lucru sau servere a limitat utilizarea acestora în casă Acum utilizatorul primește două procesoare logice (virtuale) pe un nucleu fizic și le poate folosi pe o placă de bază obișnuită Trebuie subliniat faptul că cea mai mare parte a resurselor nucleului (în special, conducta procesorului și memoria cache) sunt partajate de procesoare logice, deci nu se pune problema unei creșteri revoluționare a performanței Cu toate acestea, o mare parte a resurselor kernelului este inactivă în timp ce alte elemente rulează, iar tehnologia Hyper-Threading vă permite să încărcați blocuri temporar inactive cu alte sarcini Având în vedere că multitasking-ul este una dintre pietrele de temelie ale sistemelor de operare și aplicațiilor moderne, tehnologia Hyper-Threading oferă o creștere vizibilă a performanței sistemului Eficacitatea blocurilor Hyper-Threading în executarea unor aplicații specifice este foarte dependentă de gradul de optimizare a codului programului RAM Cum funcționează tehnologia Hyper-Threading Dezvoltarea procesoarelor AMD Cu cât codul este mai bine optimizat pentru arhitectura Pentium , cu atât mai puțin va fi câștigul din utilizarea Hyper-Threading, deoarece codul "corect" încarcă elementele procesorului la maximum Dacă optimizarea codului este departe de a fi ideală, există erori de plasare a datelor în memoria cache, erori de predicție a ramurilor, încălcarea paralelismului execuției instrucțiunilor Ca urmare, unele dintre blocurile hardware ale nucleului sunt inactive, așteaptă rezultatele operațiunilor critice În acest moment, blocurile gratuite pot fi prezentate sistemului de operare ca elemente ale celui de-al doilea procesor logic și primesc propriile sarcini, a căror execuție va avea loc independent de munca altor elemente La nivel fizic, tehnologia Hyper-Threading este implementată în următoarele elemente: buffer de coadă de instrucțiuni, buffer de traducere de instrucțiuni, indicator de instrucțiuni următoare, mecanism de returnare a stivei de instrucțiuni, buffer de tabel de alias de registru, cache de urmărire a execuției următoarelor instrucțiuni și cache de urmărire completă a bufferului de instrucțiuni Caracteristicile Prescott Core Microarhitectura nucleului Prescott, în comparație cu predecesorii săi (Willamette și Northwood), conține soluții tehnice ambigue Pe de o parte, algoritmii de precădere (Prefetch) au fost îmbunătățiți, ceea ce a făcut posibilă atingerea unor valori mai mari ale lățimii de bandă a memoriei reale Se remarcă și alte aspecte pozitive, în primul rând, introducerea unui nou set de instrucțiuni A/ ) SS£ Pe de altă parte, microarhitectura Prescott are o serie de caracteristici negative: o creștere a întârzierilor de acces la memoria cache, o scădere aproape de două ori a lățimii de bandă efectivă a magistralei între nivelurile de cache și o creștere a întârzierilor de execuție a unui număr de instrucțiuni În mod involuntar, apare o suspiciune că capabilitățile potențiale ale arhitecturii NetBurst sunt departe de a fi realizate pe deplin în nucleul Prescott Dezvoltarea procesoarelor AMD Înainte de apariția familiei de procesoare Athlon, AMD, în general, a mers pe urmele soluțiilor tehnice Intel în dezvoltarea arhitecturii procesoarelor În special, cele de mai sus se aplică familiilor de procesoare x ( ), K ( ), Kb ( ) În familia K - ( ), AMD a fost pionier în utilizarea microarhitecturii RISC pentru a construi conducte de execuție Prin urmare, a fost necesar să se introducă un bloc pentru recompilarea instrucțiunilor C/L'C obișnuite de lungime arbitrară în seturi de comenzi /?/ 'C de lungime fixă Acest Procesoare Politica a fost continuată în procesoarele din familia K -P ( ), dar numai odată cu lansarea procesorului Athlon (nucleul microarhitecturii K ) compania a demonstrat soluții tehnice complet independente Slot A interfață Athlon - MHz (august - mai ) Este descrisă arhitectura K a procesorului Athlon s-a bazat pe multe inovații tehnologice, inclusiv magistrala avansată de sistem EV , împrumutată de la procesoarele Alpha Primele mostre de Athlon au fost produse conform standardelor tehnologice de nm Cache-ul L de KB era localizat pe procesor placa și a lucrat la o frecvență de / , / sau / din frecvența nucleului procesorului Odată cu punerea în funcțiune a întreprinderii Fab pentru producția de microprocesoare în orașul german Dresda, producția Athlon a fost treptat transferată standarde tehnologice nm În ultimele modificări, memoria cache al doilea nivel s-a mutat de la placă la nucleul procesorului Procesorul Athlon are trei decodoare paralele pe cip pentru procesarea instrucțiunilor x , trei conducte pentru lucrul cu instrucțiuni întregi și date în virgulă mobilă Desigur, DNow! În plus, este implementată execuția paralelă a până la nouă operații pe ciclu de sincronizare Interfață Socket A (Socket ) Athlon - MHz (iunie - iunie ) Duron - MHz (iunie - iunie ) Duron - MHz (mai - ianuarie ) Athlon XP + - + (octombrie - martie ) Athlon XP + - + (aprilie - iunie ) Athlon XP + - + (iunie - octombrie ) Athlon XP + - + (ianuarie - mai ) Sempron + - + (din iunie ) În perioada analizată, nicio altă interfață de procesor nu a durat în producție atâta timp cât Socket A Apariția acestei interfețe a devenit posibilă datorită transferului producției la tehnologia de nm, care, la rândul său, a făcut posibilă utilizarea unui nucleu compact ambalaj într-o cutie ceramică Modelul Athlon XP cu miez Patiopo, pe lângă inovațiile tehnologice, a oferit suport pentru un set de instrucțiuni SSE extins Dezvoltarea procesoarelor AMD Athlon Thunderbird - MHz nm • ochetul A fsb : FSB Athlon XP priza W Priza A Vag P - MHz Thorton - MHz Athlon XP ~- a FSB / Morpan QQ- zoo MHz -Qt OiGOP / I ^"^CQșpitfire - MHz Athlon XP FSB - MHz BitfWL Applebred idoo-ivoomgz Sempron (pursang B) - MHz ' - MHz • -Pluton FSB hm ■-Slot A °- MAU Orion fsbiOOibohmV nm MHz Paris gg Sempron FSB \ hm Duron x>Bioroughbred B , MHz Genealogia procesoarelor cu arhitectură AMD K I Athlon XP Palomino - MHz FSB ^Athion Thunderbird - MHz ThorouBhbred A - MHz firma Intel Odată cu trecerea la standardele tehnologice de nm, a apărut nucleul Thoroughbred, iar odată cu introducerea unui bus de sistem de MHz, a apărut nucleul Thoroughbred B În anul , au apărut pe piață versiuni ieftine de Athlon, realizate într-o carcasă plată din plastic, pentru un conector pin-and-pin Socket A Noutatea se numea Duron și avea scopul de a deveni o alternativă la procesoarele Intel Celeron Deși Duron are aceeași cantitate de cache L ca Celeron ( KB), avantajul său constă în capacitatea de a rula pe o magistrală de sistem de MHz (Celeron Socket a funcționat doar pe magistrala de MHz) În plus, transmisia de date prin magistrala de memorie pe ambele margini ale semnalului emulează frecvența rezultată de MHz Nucleul Thunderbird a furnizat frecvențe de operare ale procesorului Athlon de până la MHz cu o putere termică de până la de wați Noua interfață a fost susținută în unanimitate de producătorii de plăci de bază (VIA, SiS, AH, nVIDIA, ATI), care au prezentat multe modele de chipset-uri pentru Socket A Unul dintre reprezentanții de seamă a fost chipset-ul VIA KT , împreună cu care procesorul Athlon a realizat cea mai buna performanta procesor Athlon XP Procesoare KB Odată cu lansarea familiei XP, AMD a introdus o nouă marcare a procesoarelor în funcție de indicele de performanță (Performance Rating) De exemplu, primul procesor Athlon XP avea un indice de +, dar frecvența reală de operare era de MHz Oficial, indicele a fost calculat în raport cu procesoarele Athlon cu nucleu Thunderbird, dar cumpărătorii l-au evaluat ca pe un indice corespunzător frecvențelor procesoarelor Intel Pentium Trebuie să admitem că, în ansamblu, această abordare corespundea realității Arhitectura K a fost îmbunătățită treptat în direcția îmbunătățirii tehnologiilor de producție, creșterea frecvenței magistralei de sistem și creșterea memoriei cache Cel mai productiv din linia Athlon XP a fost procesorul bazat pe nucleul Barton cu un indice de + Avea o frecvență magistrală de sistem de ( DDR) MHz, o frecvență reală de operare de MHz și un cache L de Odată cu apariția procesoarelor AMD pe de biți ale arhitecturii K , compania s-a confruntat cu întrebarea: ce să facă cu linia de procesoare Athlon XP pentru Socket A Performanța lor este aproape la fel de bună ca procesoarele Pentium corespunzătoare și depășește cu siguranță Celeron D Dar interfața Socket A nu mai îndeplinește sarcinile moderne După câteva deliberări, compania a anunțat următoarea decizie: cele mai recente modificări ale procesoarelor Athlon XP (nuclee pursânge-B, Thorton și Barton) sunt redenumite în Sempron, Procesoarele Duron sunt întrerupte, dezvoltarea de noi modele de procesoare pentru Socket A este oprită Astfel, utilizatorilor li se acordă suficient timp pentru a elimina treptat funcționarea platformei Socket A și a lua decizia de a trece la o platformă pe de biți Procesoarele cu arhitectură K îl depășesc pe Athlon XP (Sempron) în aplicații pe de biți, dar nu atât de mult încât să alergi imediat la magazin Un rol important în decizia de schimbare a platformei îl vor juca noile interfețe care nu sunt suportate de platforma Socket A Este neprofitabil pentru producători să dezvolte chipset-uri pentru platforma învechită Socket A cu suport pentru PCI Express modern, DDR SDRAM, Wi-Fi și alte tehnologii Prin urmare, noi seturi de logica de sistem pentru Socket A nu vor apărea Procesor AMD Sempron Socket A Dezvoltarea procesoarelor AMD Interfață socket Athlon + - + (sept - iunie ) Sempron + și o versiune superioară (din iunie ) Primele procesoare AMD pe de biți au fost prezentate publicului în septembrie Modelul Athlon FX (având un controler de memorie dual-channel încorporat) cu o interfață Socket a fost destinat sistemelor server Pentru computerele desktop a fost produs modelul Athlon (cu un controler de memorie cu un singur canal), fabricat conform tehnologiei nm Procesorul a primit interfața Socket , ceea ce a permis dezvoltarea unor plăci de bază mai ieftine în comparație cu Socket Prima modificare a Athlon Socket bazată pe nucleul ClawHammer a avut un cache L de MB A doua modificare a nucleului NewCastle a primit un cache L de KB După ce Athlon Socket a fost întrerupt, procesorul Sempron + Socket bazat pe nucleul Paris a fost lansat pentru a sprijini interfața Este un nucleu NewCastle trunchiat semnificativ: nu există suport pentru tehnologia AMD , dimensiunea cache-ului L este redusă la KB Cu toate acestea, suportul pentru instrucțiunile SSE și tehnologia de control dinamic al frecvenței Cool-and-Quiet este păstrat Procesoarele Socket au un controler de memorie DDR cu un singur canal și sunt echipate cu o magistrală HyperTransport de MHz Există trei chipset-uri care acceptă Socket : nVIDIA nForceS /- , VIA K T , SiS FX Interfață socket Athlon FX- - FX- (sept - martie ) Procesorul Athlon FX cu interfață Socket este proiectat pentru sisteme server și este echipat cu un controler de memorie DDR dual-channel (este acceptată doar memoria înregistrată ECC) Procesorul este conectat la podul de nord al chipset-ului printr-o magistrală HyperTransport cu o capacitate maximă de MB/s Interfața Socket este suportată de următoarele chipset-uri: nVIDIA nextse și VIA K T Procesoare Interfață socket Athlon + și peste (din iunie ) Athlon FX- și mai sus (din iunie ) În iunie , AMD a revenit la strategia de a folosi o singură interfață pentru procesoarele din aceeași linie Așadar, procesoarele Athlon și Athlon FX au trecut la Socket Odată cu introducerea normelor tehnologice de nm, procesorul Athlon a primit nucleul Winchester ( KB L cache) Utilizarea tehnologiei Cool-and-Quiet a redus consumul de energie inactiv al lui Athlon la un minim record de wați Utilizarea tehnologiilor SOI (silicon insulator - siliciu pe un izolator) și (strained silicon - stretched crystal lattice) în producția de cristale a făcut posibilă până la sfârșitul anului crește frecvența nucleului, produs conform tehnologiei nm, până la , GHz Dintre chipseturile care suportă Socket , remarcăm: ATIXpress , nVIDIA nForce / , nVIDIA nForce , SiS , SiS , Procesor SiS AMD Athlon , VIA K T , VIA K T Priza Arhitectura AMD K Caracteristicile microarhitecturii Athlon Crearea nucleului de procesor K de generația a șaptea în a fost o realizare semnificativă pentru AMD Procesorul Athlon are caracteristici tehnice remarcabile: trei conducte de execuție paralele, o magistrală frontală cu frecvență dublă cu date în creștere și în scădere, o magistrală de memorie asincronă și blocuri de decodor și de preluare preliminară a datelor extrem de inteligente Cache-ul de prim nivel include un cache de instrucțiuni parțial asociativ (asociativ) pe două canale și un cache de date cu o capacitate de KB fiecare Cache-ul de date K oferă acces simultan la două valori de de biți atunci când se execută instrucțiuni de încărcare a registrului și scriere în memorie O altă caracteristică importantă a K este prezența unui cache special de pre-decodare în blocul cache de instrucțiuni, care este utilizat de decodoarele de instrucțiuni Amintiți-vă Arhitectura AMD K Diagrama funcțională a microarhitecturii K că în procesoarele moderne compatibile cu x , executarea directă a comenzilor x nu are loc, deoarece acestea sunt incomode pentru atingerea performanței maxime Instrucțiunile x sunt decodificate în mai multe Procesoare Instrucțiuni interne de tip RISC simple și eficiente, cu lungime fixă, care sunt executate efectiv de microprocesor Există trei astfel de decodoare în nucleul K și funcționează în paralel, astfel încât memoria cache pre-decodificare contribuie semnificativ la creșterea debitului În plus, memoria cache de instrucțiuni L conține un TLB de redirecționare rapidă a paginii pe două niveluri, utilizat pentru a converti adresele virtuale în cele fizice: TLB L are o capacitate de de linii, iar TLB L are o capacitate de de linii Un TLB similar în memoria cache de date de primul nivel include un TLB de prim nivel cu o capacitate de de linii și un TLB de al doilea nivel cu o capacitate de de linii În cele din urmă, memoria cache de instrucțiuni de nivel întâi conține un tabel mare de predicție a ramurilor cu o capacitate de de linii, ceea ce face posibilă obținerea unei probabilități ridicate de predicție corectă a ramurilor dinamice Din decodore, comenzile intră în dispozitivul de control al comenzilor cu o capacitate de de linii AMD K este un microprocesor superscalar cu execuție necorespunzătoare a instrucțiunilor speculative Capacitatea mare a dispozitivului de control al comenzii face posibilă utilizarea eficientă a resurselor a nouă dispozitive executive funcționale care sunt canalizate și capabile să execute în afara ordinului comenzilor Aceste dispozitive includ trei conducte de adrese, trei conducte întregi și trei conducte în virgulă mobilă În consecință, K poate executa până la instrucțiuni pe ceas Lungimea totală a conductei întregi în K este de trepte, iar conducta în virgulă mobilă este de trepte Capacitatea programatorului de instrucțiuni întregi este de linii; prin intermediul acestuia, comenzile sunt trimise atât către unități funcționale întregi, cât și către unități funcționale adresabile Un planificator de instrucțiuni similar pentru numere în virgulă mobilă are o capacitate de de linii Merită să ne gândim mai detaliat la funcționarea blocului de instrucțiuni în virgulă mobilă În primul rând, observăm că acest bloc asigură operarea cu precizie simplă ( de biți), dublă ( de biți) și extinsă ( de biți) În plus, aceste actuatoare funcționale funcționează cu date în formatele de instrucțiuni MMX și DNow! Actuatorul FSTOR execută comenzi de încărcare a registrelor și scriere în memorie Blocul FADD, pe lângă adăugarea de operanzi în virgulă mobilă, execută instrucțiuni de adăugare din DNow! și comenzi de schimbare MMX Blocul FMUL, pe lângă înmulțirea numerelor în virgulă mobilă, execută comenzi MMX, DNow! și operațiuni speciale de diviziune Astfel, K poate efectua simultan adăugarea și înmulțirea în virgulă mobilă în blocurile FADD și FMUL Acest lucru oferă o performanță maximă de două operații reale per ceas Arhitectura AMD K Cache Cea mai importantă componentă care determină performanța microprocesorului este caracteristicile cache-ului extern al celui de-al doilea nivel și magistrala de sistem externă a procesorului Autobuzul dedicat între memoria cache K și L are o lățime de de biți plus biți pentru a suporta codurile ECC Teoretic, capacitatea maximă a cache-ului de al doilea nivel din K este de MB Utilizarea unui cache L de KB în procesoarele Athlon reale este într-un anumit sens cea mai eficientă, deoarece controlerul cache L integrat în K conține etichete complete pentru un cache de KB, iar cu o capacitate cache mai mare, controlerul va conține doar o parte a etichetei multiprocesare Cu microarhitectura K , inginerii AMD au introdus pentru prima dată suport pentru arhitecturile SMP Protocolul care menține coerența cache-ului în K se numește MOESI (din primele litere ale stărilor posibile de cache - Modify, Owner, Exclusive, Shared, Invalid) Potrivit AMD, acest protocol a fost implementat pentru prima dată în procesoare compatibile cu x b Primul nivel cache din K are un port separat prin care trece traficul datorită suportului de coerență Traficul de suport pentru coerența cache este, de asemenea, separat de traficul principal pe magistrala de sistem Desigur, decuplarea crește debitul efectiv al magistralei și, prin urmare, eficiența configurațiilor SMP Autobuz de sistem Autobuzul AMD K are două caracteristici excelente În primul rând, aceasta nu este o magistrală obișnuită, ci un comutator Această soluție oferă un debit garantat pentru conexiunile punct la punct, în timp ce conflictele sunt posibile pe o magistrală comună În al doilea rând, magistrala de sistem K are o frecvență de până la MHz Cu o lățime a magistralei de de biți plus biți ECC, are un debit de până la , GB/s O magistrală de mare viteză este necesară nu numai pentru a suporta RAM DDR rapidă, ci și pentru a furniza fluxuri I/O de la magistralele PCI și AGP Interfața de magistrală a sistemului K este compatibilă electric cu protocolul de magistrală Alpha EV Microprocesorul K este conectat la magistrală prin interfața Socket A (Socket ) O caracteristică importantă care afectează debitul magistralei K este cantitatea de pachete transmise prin magistrală Acest transfer de pachete de date facilitează pipeline-ul Procesoare procesarea tranzacțiilor pe autobuz Pentru K , dimensiunea burst este de de octeți (lungimea liniei de cache), care este de două ori mai mare decât a procesoarelor din generația P Procesarea separată a tranzacțiilor contribuie la utilizarea eficientă a magistralei de sistem Vă permite să suprapuneți în timp execuția diferitelor tranzacții, permițându-vă să începeți procesarea tranzacțiilor noi fără a aștepta finalizarea celor anterioare Teoretic, capacitatea maximă a memoriei RAM adresabile prin magistrală în K este de TB, dar în realitate, chipset-urile suportă până la GB Caracteristicile microarhitecturii Athlon XP În octombrie au intrat pe piață primele procesoare Athlon bazate pe nucleul Paiomino Această modificare a primit indicele XP (eXtreme Performance), subliniind inovațiile arhitecturii în comparație cu Athlonul "obișnuit" Deci, în special, mecanismul de traducere a adreselor comenzilor și datelor în adrese de memorie fizică a suferit o modificare semnificativă Pentru a accelera accesul la comenzi și date, toate procesoarele moderne au un Translation Look-aside Buffer (TLB) Acest buffer memorează în cache, dar nu datele sau comenzile, ci adresele lor fizice În procesoarele Athlon anterioare, acest buffer avea două niveluri Primul nivel (L ) are o capacitate de de valori pentru adresele de instrucțiuni și de valori pentru adresele de date Al doilea nivel (L ) ar putea stoca până la de adrese de date și de adrese de instrucțiuni Dimensiunea tamponului de prim nivel a fost mărită în nucleul PaioTipo, acum poate stoca până la de valori de adrese de date În plus, acum TLB, precum și cache-ul principal, au devenit "exclusiv" - exclusiv Aceasta înseamnă că conținutul tamponului de primul nivel nu dublează conținutul tamponului de al doilea nivel Și, în cele din urmă, noul nucleu implementează un mecanism de încărcare a noilor valori de adresă înainte de timp (înainte de a putea fi necesare) - reîncărcați speculativ Mecanism îmbunătățit semnificativ pentru încărcarea înainte a datelor din memorie în cache Acest mecanism de data-ahead a fost implementat și în procesoarele timpurii, dar numai pentru instrucțiunile incluse în DNow! și SSK Nucleul procesoarelor Athlon XP analizează continuu adresele datelor solicitate de procesor și secvența în care acestea au fost solicitate Pe baza analizei, se încearcă prezicerea adreselor datelor care vor fi solicitate și transmiterea încărcării acestor date în memoria cache a procesorului În multe cazuri, de exemplu, atunci când procesarea ciclică a matricelor mari de date, predicția va avea succes Acest lucru îmbunătățește performanța chiar și pentru aplicațiile neoptimizate Atât sistemul de instrucțiuni DNow!, cât și sistemul de instrucțiuni SSK sunt complet implementate în kernel-ul Paiotipo Acest set complex se numește DNow! tehnologie profesională Arhitectura AMD Aceste modificări au necesitat încă o creștere a numărului de tranzistori - până la , milioane Cu toate acestea, acest lucru nu a dus la o creștere a consumului de energie Mai mult, procesorul Athlon XP este cu aproximativ % mai rece decât predecesorul său Modificări de etichetare Denumirea procesoarelor Athlon XP nu indică frecvența de ceas a procesorului, ci așa-numitul număr de model - numărul unui model specific din familia generală a procesoarelor Athlon De exemplu, Athlon XP +, Athlon XP + Acest pas / L / a fost forțat de faptul că procesorul Athlon XP este, fără îndoială, mai productiv decât modelele anterioare Athlon Dar numai AMD știe să compare corect un procesor cu un nucleu Thunderbird care funcționează la , GHz și un procesor cu un nucleu Patiopo mai avansat, dar care funcționează la , GHz Fără îndoială, valoarea numărului de model este indirect legată de o anumită valoare a frecvenței de ceas a procesoarelor Pentium Aparent, valoarea numărului de model, de exemplu, + înseamnă că, în majoritatea covârșitoare a aplicațiilor, acest procesor nu este inferior față de Pentium cu o frecvență de ceas de , GHz Dar AMD nu ascunde faptul că procesoarele Pentium și Athlon XP sunt atât de diferite încât este ușor să găsești o aplicație în care Pentium să fie mai rapid Arhitectura AMD Comparând arhitectura procesoarelor AMD din ultimele două generații (K și K ), este ușor de observat multe elemente comune Putem spune că procesoarele liniei Athlon sunt moștenitori direcți ai Athlon XP nu numai ca nume, ci și ca structură internă Soluțiile de succes de proiectare a circuitelor, care au primit recunoaștere în Athlon XP, au fost dezvoltate în continuare în arhitectura Athlon Cache exclusiv Deoarece performanța subsistemului de cache aduce o contribuție semnificativă la performanța generală a procesorului, să aruncăm o privire mai atentă asupra micro-arhitecturii acestuia În general, performanța memoriei cache este caracterizată de mai mulți parametri: latența, debitul, tipul de asociativitate și alții Primii doi parametri afectează performanța mult mai mult decât ceilalți Originalitatea organizării memoriei cache a procesoarelor AMD constă în "exclusivitatea" acesteia (exclusivă) Esența acestei tehnologii este că conținutul cache-ului L nu este copiat în cache-ul L , adică se completează unul pe celălalt Procesoare prieten Astfel, dimensiunea totală a memoriei cache este calculată ca sumă a volumelor L și L Arhitectura exclusivă provoacă unele particularități în funcționarea cache-ului Prima caracteristică: deoarece în procesul de lucru datele sunt "adăugate" în primul rând la memoria cache L , există aproape întotdeauna o lipsă de spațiu În acest caz, memoria cache L șterge cele mai inutile date în L și apoi primește altele noi Pentru stocarea temporară a datelor transferate este prevăzut un buffer special (tampon pentru victimă) Necesitatea unui astfel de buffer apare deoarece cache-urile L și L funcționează cu întârzieri diferite, așa cum se arată în tabel Tabelul Întârzieri pentru cache-urile L și L ale arhitecturilor K și K Latența CPU L , cicluri Latența L , cicluri Athlon XP - K - A doua caracteristică a arhitecturii cache AMD K este bine ilustrată de varianta de lucru cu date care nu se aflau în cache-ul L , dar sunt în cache-ul L În acest caz, întârzierile se datorează următoarelor operațiuni În prima etapă, procesorul caută date în memoria cache L , aceasta durează trei cicluri În a doua etapă, spațiul din L este eliberat pentru transferul de date din L În consecință, linia cache este eliminată în memoria tampon Victim, eliberând spațiu în L Înainte de finalizarea transferului primului bloc de date din L (după care procesorul poate continua să funcționeze), sunt necesare încă cicluri Dacă tamponul este liber, + ceasuri oferă o latență minimă de ceasuri Acesta este așa-numitul "cel mai bun" scenariu Dacă memoria tampon pentru victimă este ocupată, este nevoie de cicluri pentru a-l șterge Comutarea modurilor de scriere/citire a memoriei cache L durează două cicluri Alte cicluri sunt petrecute transferând date la L Ultimele două cicluri sunt petrecute din nou pentru comutarea modurilor de scriere/citire Astfel, în cel mai rău caz, operațiunea de încărcare durează + + + = de cicluri Această valoare este exact egală cu latența, deoarece o operație de citire pe magistrala L -L pe de biți partajată nu poate începe până când nu este finalizată o operațiune de scriere din memoria tampon Victim În ceea ce privește lățimea de bandă teoretică, cache-ul K L pierde în fața cache-ului inclusiv Pentium Acest lucru se explică atât prin caracteristicile arhitecturii cache exclusive, cât și printr-o magistrală mai îngustă (magistrala L -L din Pentium are o lățime de de biți) ) Dar în aplicațiile reale, practic nu există astfel de situații care să demonstreze eșecul arhitecturii cache exclusive În timp ce dezvoltau arhitectura K , inginerii AMD au modernizat magistrala cache L -L În loc de o lățime de magistrală bidirecțională Arhitectura AMD Diagrama funcțională a microarhitecturii AMD K Nivelurile de cache pe de biți sunt conectate prin două magistrale unidirecționale de de biți Această decizie a făcut posibilă neutralizarea aproape completă a efectelor negative ale "supraîncărcării" magistralei L -L și reducerea întârzierilor în "cel mai rău" caz la cicluri Decodoare și conducte Procesorul cu arhitectură K a primit un decodor de comandă x complet nou, care se datorează necesității de a procesa instrucțiuni AMD care acceptă aplicații pe de biți Nu este un secret pentru nimeni că sistemul de instrucțiuni intern al procesoarelor x moderne este izbitor de diferit de cel extern Comenzile externe pentru orice procesor x sunt aceleași Dar practic același cod de program din interiorul procesoarelor este descompus în instrucțiuni simple complet diferite, ceea ce se vede clar când se compară arhitecturile K și Pentium Procesoare Inginerii AMD și Intel au ales moduri diferite de a obține performanță maximă În conceptul Intel, se acordă preferință soluțiilor care facilitează creșterea frecvenței de operare a procesorului Conceptul AMD se angajează să crească numărul de instrucțiuni executate pe ceas Este clar că diferențele dintre arhitecturile de microprocesoare ale acestor firme decurg direct din conceptul stabilit în arhitectură În arhitectura Pentium , conceptul de bază se bazează pe traducerea instrucțiunilor x în micro-opțiuni cu lungime fixă mai obișnuite, "de tip RISC" Procesorul încearcă să păstreze cât mai multe instrucțiuni "traduse" în Trace Cache, care stochează până la de micro-ops Decodoarele funcționează asincron cu conductele de execuție Desigur, micro-instrucțiunile pregătite sunt executate mai eficient și mai rapid decât instrucțiunile x Athlon xp Schema schematică a chipset-ului SiS Placa de baza Un element important în suportarea matricelor de discuri RAID este controlerul SiS , care extinde capacitățile podului de sud SiS L Acest controler poate funcționa ca un controler IDE suplimentar, oferind suport pentru canale ATA- suplimentare Astfel, numărul maxim acceptat de unități IDE este de opt Implementarea matricelor RAID , , + și IBOD se realizează folosind controlerul SiS în sistemele de operare Windows XP și Windows Modificarea SiS diferă de SiS prin prezența unui accelerator video încorporat Real E din generația DirectX În caz contrar, funcționalitatea chipset-urilor este aceeași VIA familia KT Chipsetul KT a devenit ultima etapă în dezvoltarea LMSL-urilor cu un singur canal de la VIA pentru platforma AMD Athlon XP Baza circuitului chipset-ului a fost formată în timpul dezvoltării familiei VIA KT NMSL și a fost dezvoltată în continuare în modificarea KT A Principalele direcții de dezvoltare ale arhitecturii au fost creșterea frecvenței magistralei de sistem, Schema schematică a chipset-ului VIA KT Chipset-uri actuale suport pentru specificații de memorie DDR SDRAM tot mai rapide și noi interfețe Ca rezultat, specificațiile VIA KT arată astfel: • frecvența magistralei de sistem până la MHz; • bus de memorie cu un singur canal DDR SDRAM specificație PC până la GB; • Bus accelerator grafic AGP X; • pod sud VT ; • magistrală de comunicații cu podul nord V-Link cu o capacitate de MB/s; • interfață audio încorporată VIA Vinyl Six-TRAC; • interfață modem MC' încorporată; • controler de rețea încorporat VIA MAC / Mbit Ethernet; • până la șase dispozitive PCI; • două canale IDE cu specificația ATA- ; • două canale Serial ATA; • porturi USB ; • Controler Super I/O LPC Astfel, diferențele dintre VIA KT și KT A se reduc la suportul magistralei de sistem cu o frecvență de MHz și la configurația south bridge cu controlerul Serial ATA Dacă ne uităm la schema bloc a vechiului VIA Apollo KT și o comparăm cu KT , este greu chiar și pentru un specialist să găsească diferențe funcționale VIA familia KT După ce a implementat un controler de memorie cu două canale cu circuite KT neschimbate, compania VIA a raportat despre dezvoltarea chipset-ului KT În comparație cu soluțiile concurenților, KT pare demn: nu există controler Gigabit Ethernet în alte NMSL-uri, doar podurile de sud SiS acceptă SATA cu RAID Desigur, absența oricărei funcții în chipset nu împiedică producătorul plăcii de bază să asigure instalarea de controlere separate în produsul lor Cu toate acestea, acest lucru crește direct costul plăcii, astfel încât caracteristicile integrate sunt mai benefice atât pentru producătorii, cât și pentru cumpărătorii de componente Chipset-uri cu interfață Socket / Familia ATI Xpress ATI, în ciuda succeselor mici, dacă nu eșecului, ale NMSL-urilor din generația trecută (IGP / , IGP / /Pro) a continuat cu încăpățânare să dezvolte chipset-uri Apariția chipset-ului ATIXpress a reprezentat o piatră de hotar importantă în istoria companiei, deoarece a fost primul produs cu soluții arhitecturale originale Placa de baza De exemplu, controlerul de magistrală PCI Express încorporat în podul de nord, pe lângă portul grafic PCI Express x, acceptă patru porturi PCI Express Іx (în chipset-urile altor companii, controlerul portului PCI Express Іx este de obicei construit în sud pod) Decizia ATI pare mai logică, deoarece controlerul de memorie este acum conectat la dispozitive PCI Express de mare viteză într-o scurtătură care oferă acces rapid la memorie Podul de nord acceptă magistrala sistemului HyperTransport cu o frecvență de până la GHz și este conectat la podul de sud prin magistrala PCI Express Modificările Xpress (RS ) și Xpress P (RX ) se disting prin prezența unui nucleu grafic integrat în primul În ceea ce privește funcționalitatea, acceleratorul video integrat este analog cu procesorul grafic discret Radeon X Reamintim că X este o variantă a Radeon cu interfață PCI Express și aparține generației DirectX (suportă vertex și pixel shaders versiunea ) O caracteristică a controlerului de memorie RS este tehnologia proprietară NuregMepugu După cum știți, video încorporat în mod tradițional MHz ІІ X ATI Radeon XPRESS RS O PCI EXPRESS IXP U porturi Anvelopa LPC AC ULTRA Autobuz HyperTransport de MHz EXPRES PCI Express USBi până la sloturi Schema schematică a chipset-ului ATI Radeon Xpress Chipset-uri actuale Părintele folosește o zonă dedicată de memorie de sistem pentru cadru tampon Dezavantajul acestui mod (UMA - Unified Method Arc hitecture) este o scădere a performanței generale Controlerul de memorie trebuie să alterne între apelurile procesorului și acceleratorul video În familia Xpress , pe placa de sistem este instalată memorie video dedicată, care este utilizată pentru cadru tampon (până la MB) Cu toate acestea, chiar și în prezența memoriei dedicate, se asigură lucrul în modul UMA Southbridge-urile au fost până acum un element slab al NMSL al ATI Dar în familia Xpress a apărut podul de sud IXP , care acceptă: • până la cinci dispozitive Bus-master PCI; • până la canale SATA cu posibilitatea de a organiza două matrice RAID independente de niveluri și ; • până la dispozitive ( canale) ATA- ; • până la dispozitive USB ; • Interfata audio AC' ; • Controler LPC pentru periferice vechi de viteză redusă ATI consideră că, odată cu apariția interfeței PCI Express, nevoia de a integra un controler de rețea L C în chipset a dispărut, deoarece un controler extern va costa mai puțin, iar viteza magistralei va fi mai mult decât suficientă Familia nVidia nForce Familia de chipset-uri nVidia nvidia este reprezentată de modificările , , Gb, Ultra Funcționalitatea pGorc este următoarea: • bus de sistem HyperTransport cu o capacitate de / biți și o frecvență de până la MHz; • Bus accelerator grafic AGP X; • până la șase dispozitive pe magistrala PCI; • două canale IDE pentru patru dispozitive ATA- ; • două porturi Serial ATA cu tehnologie RAID , , + ; • controller MAC de rețea / Mbit/s (negoce ) sau / / Mbit/s (negose Gb); • firewall hardware-software (negoce Gb); • porturi USB ; • Interfata audio AC' ; • suport pentru periferice de viteză redusă de către controlerul LPC Avantajul modificării pegos Ultra este suportul pentru o magistrală de sistem de GHz Acest chipset este poziționat ca o soluție pentru platformele bazate pe Athlon FX, deși legarea chipset-ului la o linie specifică de procesoare a arhitecturii AMD este un truc pur de marketing, care nu depinde în niciun fel de arhitectura NMSL Placa de baza Schema schematică a chipset-ului progse Modificarea este inferioară soluțiilor ulterioare în domeniul suportului pentru unități: deși proxy-ul are trei canale ale controlerului TISHG, îi lipsesc porturile Serial ATA Modificările nTorcese /Ultra au două canale ATA- și patru canale SATA (în configurația maximă) În ceea ce privește posibilitățile de a crea mase /? /! / / + și în Proxies , pare foarte solid Modurile , , + și JBOD sunt acceptate, iar discurile pot fi asamblate în matrice RAID de la orice controler încorporat, de exemplu, un A TA- și trei SATA Pentru matricele JMZD de nivelurile și + , puteți adăuga discuri de rezervă care sunt conectate automat în locul unuia eșuat NVIDIA a îmbunătățit, de asemenea, interfața audio încorporată, extinzând capabilitățile standard AC' la canale În combinație cu codecuri moderne, puteți obține cu adevărat sunet , dar calitatea acestuia este inferioară Intel High Definition Audio Familia nVidia nForce Următoarea generație de chipset-uri nVidia pentru platforma AMD Athlon este reprezentată de trei produse Numele modificării de bază- Chipset-uri actuale Există nForce , o versiune cu funcționalitate extinsă nForce Ultra și, în sfârșit, o modificare cu două porturi ale magistralei controlerului grafic - nForce SLI Familia nForce NMSL oferă următoarele funcționalități (versiunea SLI): • bus de sistem HyperTransport cu o frecvență de GHz; • Interfață grafică PCI Express x cu capacitatea de a se împărți în două canale PCI Express x la instalarea a două plăci video în modificare SLI; • un controler care asigură funcționarea a două acceleratoare video în modul SLI; • până la porturi PCI Express lx; • până la dispozitive Bus-master pe magistrala PCI; MHz x nForce* gigabit ethernet RAID RAID RSI EXPRES PCI EXPRESS MHz Autobuz HyperTransport MHz Autobuz HyperTransport de MHz porturi USBi până la sloturi AS' canale Anvelopa LPC Diagrama schematică a chipset-ului nForce Placa de baza • până la porturi SATA cu o lățime de bandă de Mbps; • până la dispozitive (două canale) ATA- ; • capacitatea de a organiza o matrice TY/D de niveluri , și + de pe discuri conectate la oricare dintre controlerele R I încorporate; • până la dispozitive USB ; • controller LMS de rețea / / Mbit/s (Gigabit Ethernet) cu suport pentru funcții firewall hardware și software; • Interfata audio AC' ( ) si modem /V/C' ; • Controler LPC pentru viteză mică și periferice vechi Chipsetul nForce Ultra diferă de modificarea nForce SEI prin lipsa suportului pentru oa doua placă video Modificarea de bază a nForce are un controler cu specificații SATA și nu are o unitate firewall hardware De ceva timp, nForce SLI a fost singurul chipset de pe piață care acceptă împerecherea plăcilor video și, prin urmare, a câștigat o oarecare popularitate printre jucătorii pasionați și maeștrii de redare acasă Funcționalitatea lui nForce este, de asemenea, de top, în special în domeniul suportului pentru unități și magistrale de expansiune Doar sunetul AC' pe canale (concurenții acceptă High Definition Audio) și absența unor moduri RAID mai complexe decât + pot fi remarcate printre deficiențele familiei considerate NSSL Familia SiS / Primul model din familie a fost chipset-ul SiS conceput pentru procesoarele AMD Athlon cu frecvența magistralei sistemului HyperTransport de până la MHz, interfețe Socket sau Socket Northbridge-ul suportă magistrala controlerului grafic cu specificația AGP X Northbridge-ul este conectat la southbridge (dotat oficial cu un cip SiS ) printr-o magistrală MuTIOL cu o lățime de bandă de GB/s Podul de sud acceptă un set standard de interfețe: două canale ATA- , două porturi SATA, până la șase dispozitive PCI bus-master, șase porturi USB , o interfață audio AC' (șase canale) și o interfață / Controler de rețea Ethernet Ulterior, a apărut o modificare a chipset-ului SiS FX, care s-a diferit de predecesorul său prin suportarea procesoarelor AMD Athlon FX cu o frecvență magistrală de sistem de până la GHz După ce au fost aprobate specificațiile oficiale ale magistralei PCI Express, a fost lansat chipset-ul SiS , care a oferit suport pentru această interfață În special, podul de nord acceptă magistrala PCI Express x, iar noul pod de sud SiS acceptă două porturi PCI Express Іx Alte diferențe între SiS și predecesorul său sunt suportul pentru patru porturi SATA și extinderea interfeței audio AC' până la opt canale Chipset-uri actuale Familia SiS Chipset-ul SiS a fost primul produs SiS cu grafică integrată pentru platforma AMD , cu o frecvență magistrală de sistem de până la MHz Se știe că chipset-urile cu grafică integrată sunt poziționate ca o platformă pentru calculatoare low-cost, unde performanța unui sistem video în aplicații D nu este critică Cu toate acestea, procesoarele AMD Athlon au performanțe foarte ridicate și sunt destul de scumpe Prin urmare, combinația dintre un procesor scump de înaltă performanță și o platformă ieftină cu grafică integrată pare neobișnuită Nucleul grafic integrat SiS Ultra (Mirage ) aparține generației DirectX și acceptă shaders versiunea , dar performanța sa în comparație cu GPU-urile discrete lasă mult de dorit În versiunea de bază, nucleul grafic poate funcționa cu memoria video situată pe placa de sistem În modificarea SiS GX, acceleratorul video încorporat comunică numai cu RAM Chipsetul SiS implementează în mod tradițional o serie de tehnologii proprietare: optimizarea memoriei HyperStreaming, magistrala inter-bridge SiS MuTIOL și altele Pachetul oficial include Southbridge SiS sau versiunea sa ușoară SiS L VIA familia K T / Chipsetul VIA K T a devenit unul dintre primele produse de pe piață care acceptă procesoare AMD Athlon și Opteron cu interfețe Socket sau Socket , cu o frecvență magistrală a sistemului HyperTransport de până la MHz NMSL K T poate fi folosit ca platformă pentru configurații cu procesor dublu bazate pe AMD Opteron (Socket ) Northbridge-ul este echipat cu o interfață pentru controler grafic AGP X De obicei, NMSL este echipat cu un pod de sud VT care suportă interfețe standard: două canale ATA- ; patru porturi Serial ATA (suport pentru RAID , , + ); interfață audio VIA VipuSH; interfață modem MC ; controler de rețea VIA / Fast Ethernet; până la șase porturi PCI; opt porturi USB Printre soluțiile proprietare implementate în K T , remarcăm interfața audio VIA Vinyl Audio ; Tehnologia Hyreg , care vă permite să mențineți în mod constant debitul maxim posibil al magistralei HyperTransport între procesor și chipset; Tehnologia VIA DriveStation Controller care vă permite să creați matrice RAID , și + în modul interactiv Chipsetul K T a devenit o dezvoltare logică a familiei, primind cele mai moderne interfețe la momentul lansării sale În primul rând, aceasta se referă la suportul pentru AMD Athlon , AMD Athlon FX și Placa de baza AMD Schema schematică a chipset-ului VIA K T AMD Opteron în versiunile Socket , Socket și Socket cu o frecvență magistrală de sistem de până la GHz Chipseturile din seria K T se bazează pe arhitectura VIA Flex Express, care oferă suport pentru plăcile grafice moderne cu magistrală PCI Express x, precum și până la patru porturi PCI Express Іx NMSL K T are o organizare asincronă a magistralei Ultra V-NPC, care oferă schimb de date între podurile de nord și de sud la viteze de până la GB / s și, de asemenea, acceptă tehnologia VIA Nureg , care implică suport pentru o magistrală HyperTransport pe biți cu o frecvență de ceas de până la GHz De obicei, podul de nord K T este echipat cu podul de sud VT , ai cărui parametri sunt descriși mai sus Piața oferă plăci de bază cu podul de sud VT , ai căror parametri sunt următorii: • două porturi PCI-Express Іх; • patru porturi SATA ; • două porturi IDE cu specificația ATA- ; Chipset-uri actuale • suport pentru nivelurile RAID , , + și JBOD; • opt porturi USB ; • controler de rețea VIA / Ethernet; • Controler High Definition Audio, canale; • Interfata audio AC , canale Pe lângă versiunea de bază a chipset-ului, familia are o versiune extinsă a VIA K T Pro În practică, diferența se reduce la utilizarea tehnologiei DualGFX Express Graphics în versiunea Pro, ceea ce înseamnă că placa este cablată pentru două plăci grafice cu o magistrală PCIExpress x (cu o divizare de + linii) Cu această soluție asimetrică, VIA promovează tehnologia grafică duală pentru diferite sarcini cu suport pentru mai multe monitoare În acest caz, placa de pe magistrala PCI Express x va fi folosită pentru aplicații D grele, iar PCI Express x pentru aplicații auxiliare Ca întotdeauna, VIA include versiuni cu un nucleu grafic integrat în familie - K M și K N Ambele variante au un controler grafic integrat DeltaChrome din generația DirextX Familia ULi М / Inițial, compania ALi (ALi K ) a fost angajată în crearea unui chipset pentru platforma AMD ; în cele din urmă, chipsetul, format din M northbridge și M southbridge, a ieșit cu marca UH Northbridge-ul este proiectat pentru procesoarele AMD Athlon , AMD Athlon FX în Socket sau Socket , cu frecvența magistralei sistemului HyperTransport de până la MHz AGP X este folosit ca magistrală pentru controlerul grafic Podul de nord este conectat la podul de sud M printr-un canal HyperTransport pe biți cu un debit de până la , GB/s Funcționalitatea Southbridge este tipică pentru timpul său: două canale IDE ATA- , șase porturi USB , controler de rețea / Ethernet și HomePNA, interfață audio AC' , până la șase dispozitive PCI O caracteristică distinctivă a podului de sud este suportul pentru memoria flash pentru Memory Stick și specificațiile SD Mai târziu, ULi a introdus chipset-ul M , care combina podurile nord și sud într-un singur cip Funcționalitatea chipset-ului este extinsă prin acceptarea a două porturi SATA și opt porturi USB Familia ULi М / ULi a dezvoltat chipsetul M pentru a suporta procesoare cu arhitectură Socket AMD cu viteze de magistrală de sistem HyperTransport de până la GHz Blocurile sunt împachetate într-un singur cip, oferind funcționalitatea completă a platformei: magistrală AGP X, două canale Placa de baza Schema schematică a chipset-ului ULi M IDE specificație ATA- , două porturi L (cu tehnologie RAID , și + ), controler HD Audio, șase porturi USB , controler de rețea Ethernet MAC / S-a implementat suport pentru protecția hardware a unui computer împotriva accesului neautorizat al specificației TPM (Trusted Platform Module) Simultan cu M , a apărut în familie M northbridge, care acceptă un port PCI Express x sau două porturi PCI Express x Podul de sud M , care a fost menționat mai sus, îi este destinat Sistem de memorie -• Tipuri de memorie • Caracteristici ale arhitecturii memoriei • Memorie promițătoare și alternativă • Opțiuni de memorie De obicei, memoria de sistem este înțeleasă doar ca RAM De fapt, performanța întregului sistem informatic depinde de caracteristicile subsistemului de memorie în ansamblu Subsistemul de memorie acoperă: • RAM ca atare; • memoria cache a procesorului; • controler de memorie; • magistralele de date și comandă care unesc toate elementele subsistemului într-un singur întreg Creșterea volumelor necesare de memorie operațională (de sistem) are loc aproape continuu pe măsură ce tehnologia produselor hardware și software se dezvoltă Astăzi, MB devine standardul omniprezent La MB, sunt încă asigurate condițiile minime necesare pentru funcționarea sistemelor de operare moderne Cu toate acestea, sistemul de operare, cu o lipsă de memorie, formează un fișier de paginare pe hard disk, unde "adaugă" blocuri care nu se potrivesc în RAM Accesarea fișierului de paginare de zeci și sute de ori încetinește aplicațiile Pentru o muncă confortabilă în mediul de publicare a pachetelor și a editorilor grafici, veți avea nevoie de cel puțin MB Dacă lucrați cu culoare, atunci MB de RAM nu vor părea redundanți Pentru munca profesională privind crearea de imagini D de înaltă calitate, procesare video în timp real, este mai bine să aveți cel puțin MB Aceleași reguli se aplică memoriei cache Cu cât capacitatea cache-ului este mai mare, cu atât este mai eficient subsistemul de memorie în ansamblu Sistem de memorie Tipuri de memorie Memorie dinamică și statică Memoria folosită pentru stocarea temporară a instrucțiunilor și datelor într-un sistem informatic se numește RAM (Random Access Memory - memorie cu acces aleatoriu), deoarece accesul are loc în orice moment la o celulă selectată în mod arbitrar Memoria acestei clase este împărțită în două tipuri - cu selecție dinamică (RAM dinamică, DRAM) și statică (RAM statică, SRAM) În primul caz, valoarea unui bit de informație dintr-o celulă este determinată de prezența sau absența sarcinii pe un condensator miniatural (controlat de tranzistori) În memoria statică se folosesc elemente speciale - flip-flops (având două stări stabile), implementate pe - tranzistoare Desigur, din cauza necesității de a aștepta ca încărcarea să se acumuleze (se scurge) pe condensator, performanța DRAM este mai mică Cu toate acestea, datorită numărului mai mare de tranzistori pe celulă, memoria SRAM este semnificativ mai scumpă În mod obișnuit, modulele DRAM sunt utilizate în memoria RAM și video, iar modulele SRAM sunt utilizate ca elemente de buffer rapid (Cash) în procesoare, plăci de bază, hard disk-uri, unități CD-ROM și alte dispozitive Diagrama unei celule de memorie dinamică Diagrama unei celule de memorie statică Memoria statica O celulă din memoria statică este un flip-flop - un element logic cu două stări stabile, în oricare dintre ele rămâne atâta timp cât este aplicată puterea Timpul de răspuns la declanșare în microcircuite moderne este de unități de nanosecunde Cu toate acestea, densitatea celulelor SRAM este semnificativ mai mică decât în cipurile DRAM, iar costul de producție este mai mare, astfel încât memoria statică este utilizată numai în componentele cele mai critice Sistemele moderne folosesc de obicei Pipelined Burst Cache, organizat pe cipuri de memorie statice cu acces sincron Un element necesar al subsistemului de memorie este așa-numita memorie cache (din engleză Cache - stoc) Acesta servește ca "capacitate" tampon în schimbul de date între procesor și cel de operare Tipuri de memorie memorie activă (de sistem) Întrucât memoria cache este organizată pe cipuri SRAM (Static Random Access Memory - memorie statică cu acces aleatoriu), care funcționează cu un ordin de mărime mai rapid decât cipurile de memorie DRAM, procesorul procesează datele din cache imediat, practic fără a cheltui cicluri de lucru în așteptarea accesului Acest lucru se realizează prin copierea datelor din RAM în cache atunci când procesorul le accesează pentru prima dată În cazul accesului repetat la aceleași date, acestea provin deja din cache Operația inversă are loc atunci când datele sunt scrise în memorie Memoria cache situată pe placa de bază este de obicei denumită al doilea nivel (Nivel ), deoarece toate procesoarele (începând cu modelul Intel ) au un cache încorporat, organizat în mod similar (nivelul ) Modelele moderne de procesoare Intel și AMD au un cache de nivel al doilea în miezul procesorului însuși Memoria cache SRAM este, de asemenea, folosită ca buffer în dispozitivele de stocare precum hard disk-uri, CD-ROM-uri, DVD-ROM-uri Parametrii de funcționare ai memoriei cache au un efect extrem de puternic asupra performanței subsistemului de memorie în ansamblu Cache-ul de prim nivel din aproape toate procesoarele produse în prezent pentru PC-ul IBM rulează la frecvența de bază Cu toate acestea, cantitatea de astfel de memorie este relativ mică și se ridică de obicei la - KB, care, de regulă, este împărțită la jumătate între adrese și date Situația este mai complicată cu cache-ul de al doilea nivel Păstrarea SRAM-ului de mare capacitate la frecvențe înalte este extrem de dificilă, deoarece numărul de tranzistori care eliberează energie în timpul comutării depășește adesea numărul celor din nucleul procesorului Au fost găsite două soluții pentru a rezolva această problemă În primul rând, la produsele destinate pieței de masă, cantitatea de memorie cache integrată în nucleul procesorului este redusă la valori acceptabile În al doilea rând, înăsprirea normelor tehnologice vă permite să creșteți volumul cache-ului DRAM dinamică asincronă Pentru a accesa o anumită celulă de memorie, trebuie să specificați adresa acesteia Deoarece celulele de memorie formează o matrice, pentru a specifica adresa celulei, trebuie să specificați numărul coloanei (adresa coloanei) și numărul rândului (adresa rândului) Adresa rândului este citită atunci când un impuls stroboscopic RAS (Row Address Strobe) este aplicat intrărilor matricei de memorie, iar adresa coloanei este citită când este aplicat un impuls stroboscopic CAS (Column Address Strobe) Impulsurile RAS și CAS sunt aplicate secvenţial unul după altul, iar pulsul CAS fiind aplicat întotdeauna după Sistem de memorie Selectare rând (activare bancă) Selectarea rândurilor și coloanelor Adresare DRAM Puls RAS, adică mai întâi este selectat rândul și apoi este selectată coloana Adresa de rând și coloană este transmisă pe o magistrală specială de adrese multiplexate MA (Multiplexed Address) Această organizare a memoriei vă permite să accesați orice celulă de memorie, ceea ce se reflectă în denumirea: memorie dinamică cu acces aleatoriu (Dynamic Random Access Method, DRAM) Interfața de memorie dinamică asincronă asigură un dispozitiv separat în controlerul de memorie pentru a genera semnale de control Pentru operațiunile de citire/scriere, se determină durata, a cărei valoare depinde de tehnologia de fabricare a cipului, lățimea magistralei de date, disponibilitatea tamponului și alți parametri În cadrul fiecărui tip de operație, parametrii semnalelor stroboscopice ale diverselor comenzi și întârzierile necesare sunt setate în așa fel încât semnalul oricărei comenzi să treacă înainte de finalizarea operației în ansamblu Astfel, fiecare ciclu din cadrul unei operații are o durată diferită față de celelalte cicluri Nicio operațiune ulterioară nu poate fi pornită până când nu este semnalizat sfârșitul celei anterioare Pentru a genera impulsurile necesare, controlerul de memorie asincron trebuie să aibă un divizor care generează semnalele necesare Tipuri de memorie frecvența pentru fiecare operație din interiorul buclei Este evident că parametrii specificați de funcționare a memoriei asincrone nu contribuie la creșterea performanței acesteia Memorie sincronă dinamică SDRAM Conform specificației SDRAM, toate comenzile și schimbul de date de pe magistrala de memorie sunt sincronizate cu ceasul magistralei de sistem Prin urmare, toate ciclurile dintr-o operațiune au aceeași durată În plus, standardul de memorie sincronă definește parametrii pentru lucrul cu băncile de memorie și modurile de transmisie de date sub formă de pachete Toate tipurile de memorie moderne (SDR, DDR și DDR ) sunt memorie dinamică sincronă, iar principiul de bază al organizării memoriei rămâne neschimbat Memoria sincronă se bazează pe ideologia accesului la pagină cu procesarea datelor în lot Se bazează pe faptul că repetarea semnalului RAS poate fi evitată dacă adresele de coloană ale celulelor de memorie selectate se află în aceeași pagină, adică au aceeași adresă șir Deoarece în cipul de memorie dinamică, citirea în buffer-ul static are loc imediat pentru întregul rând și un anumit bit este selectat de adresa coloanei, în cazul de mai sus, rescrierea rândului în buffer nu este necesară Două versiuni ale acestui mod sunt cele mai comune: cu repetarea semnalului porții CAS atunci când partea inferioară a adresei se schimbă și fără repetiție În acest din urmă caz, performanța crește Cipurile de memorie dinamică care implementează modul pagină sunt adesea denumite FPM (Fast Page Mode) Procesoarele moderne folosesc un mod de acces la memorie numit modul burst Când citește un cuvânt, microprocesorul citește împreună cu el încă trei, situate unul lângă altul Acest lucru vă permite să accelerați transferul de pachete de date, dar numai în cazul în care întregul bloc de date sau o parte a acestuia se află într-un singur rând al matricei Pentru a face acest lucru, cipul de memorie SDRAM are un contor pentru creșterea adreselor coloanelor de celule de memorie pentru a oferi acces rapid la acestea Lungimea rafală (Lungimea rafală, BL) poate varia și poate ajunge la lungimea întregii pagini După cum sa menționat deja, în memoria sincronă între furnizarea impulsurilor stroboscopice CAS și RAS, adică între momentele de citire a adresei rândului și adresa coloanei din rândul selectat, există o anumită întârziere, măsurată în perioade de ceas Această întârziere se numește RAS la CAS Întârziere și pentru memoria sincronă variază de la la cicluri În mod similar, după ce semnalul CAS este emis și înainte ca primul element de date să apară pe magistrală, trece o anumită perioadă de timp, măsurată în cicluri de ceas și numită CAS Latency (CL) Fiecare element de date ulterior apare pe magistrala de date Sistem de memorie Accesarea datelor în memoria sincronă în ritmul următor Pentru memoria SDRAM, această întârziere poate fi de sau cicluri Latența CAS este una dintre caracteristicile principale și este indicată pe modulele de memorie Finalizarea ciclului de acces la banca de memorie se realizează prin intermediul unei comenzi de dezactivare, care este dată cu sau cicluri înainte de emiterea ultimului element de date Timpul de dezactivare a preîncărcării RAS este, de asemenea, măsurat în cicluri și poate fi de două sau trei cicluri Parametrii RAS la CAS Delay (Trcd), CAS Latency (Tel) și RAS Precharge (Trp) determină sincronizarea memoriei, scrisă ca o secvență Tcl-Trcd-Trp Pe lângă organizarea accesului la paginare cu procesarea datelor în lot, memoria SDRAM utilizează împărțirea întregii memorie în patru bănci independente (VapkO, Vapki, Vapk , VapkZ), ceea ce vă permite să combinați eșantionarea datelor dintr-o bancă cu setarea unei adrese într-o altă bancă , adică pot fi deschise simultan mai multe pagini Acces la Tipuri de memorie Aceste pagini sunt intercalate (Vapk Interleaving), ceea ce duce la eliminarea întârzierilor și asigură crearea unui flux continuu de date Memoria este de obicei caracterizată de diverși parametri, dintre care cel mai important este lățimea de bandă, care determină numărul maxim de octeți transmiși prin magistrala de date într-o secundă Pentru a determina lățimea de bandă a memoriei, frecvența magistralei de memorie (adică frecvența la care datele pot fi citite) trebuie înmulțită cu numărul de octeți transferați pe ciclu de ceas Memoria SDRAM are o magistrală de date pe de biți ( octeți), deci lățimea de bandă SDRAM este determinată de formula: Lățime de bandă (MB/s) = viteza magistralei de memorie (MHz) x octeți De exemplu, o memorie SDRAM PC tactată la MHz are o lățime de bandă de Mbps, în timp ce o memorie SDRAM PC tactata la MHz are o lățime de bandă de Mbps În ceea ce privește lățimea de bandă a memoriei, observăm că aici ne referim doar la modul de acces la pachete de paginare, adică atunci când datele sunt citite la fiecare ciclu de ceas Dacă vorbim de o selecție arbitrară de date situate în linii diferite, atunci trebuie luat în considerare faptul că accesul la fiecare astfel de element de date necesită mai multe cicluri de pregătire, al căror număr este determinat de suma RAS la CAS Delay și CAS Latența Memorie DDR SDRAM Memoria SDRAM din sistemele informatice înlocuiește treptat un alt tip de memorie dinamică sincronă - Double Data Rate SDRAM (memorie cu viteză dublă de transfer de date) După cum știți, o dublare a frecvenței de ceas duce la o dublare a ratei de transfer de date, dar creșterea frecvenței nucleului de memorie este asociată cu anumite dificultăți În primul rând, afectează inerția condensatorului, elementul principal al memoriei dinamice În plus, memoria dinamică necesită reîmprospătare periodică pentru a reîncărca condensatorii, ceea ce necesită o anumită perioadă de timp Prin urmare, vitezele de ceas de bază din memoria DDR au crescut ușor: de la MHz la MHz Cu toate acestea, tampoanele I/O funcționează la o frecvență dublă Fiecare instrucțiune de citire face ca doi biți să fie transferați în bufferul I/O într-un ciclu de ceas Mai mult, în modul de multiplexare în timp, acești biți sunt transmiși către magistrala de date, dar cu o frecvență dublată, adică doi biți sunt transmiși pentru fiecare ciclu De fapt, transferul pe magistrala de date are loc pe marginile pozitive și negative ale impulsurilor de ceas, ceea ce duce în cele din urmă la o viteză de două ori mai mare Sistem de memorie Ceas de bază MHz Ceas tampon MHz SDRAM DDR Debit Mbps per descărcare Ceas de bază MHz Ceas tampon MHz DDR SDRAM Matrice de celule de memorie Debit Mbps per descărcare Ceas de bază MHz Ceas tampon MHz SDRAM Matrice de celule de memorie Debit Mbps per descărcare Compararea lățimii de bandă a diferitelor tipuri de memorie de transfer Pentru a implementa această metodă de transmisie, este necesar ca fiecare instrucțiune de citire să rezulte în selectarea a doi biți din matricea de memorie Primul bit este selectat pe marginea pozitivă a impulsului de ceas, iar al doilea bit este selectat pe marginea negativă Această metodă de transmisie se numește prefetch of (prefetch ) Pentru a transfera doi biți pe ceas, sunt utilizate două linii de date separate de la amplificatoarele primare la bufferele I/O Biții de date sunt apoi multiplicați în timp și trimiși cu o frecvență dublă către magistrala de date, exact în ordinea în care au intrat în bufferul I/O În acest caz, comenzile sunt tactate în același mod ca înainte (adică ca în /? / W-ііyamy obișnuit), pe marginea pozitivă a pulsului de ceas Tipuri de memorie Diagrama de funcționare a memoriei DDR În conformitate cu specificațiile, memoria DDR are o structură de patru bănci independente (ca în memoria SDRAM PC / ), care vă permite să combinați preluarea datelor de la o bancă cu setarea unei adrese într-o altă bancă, adică puteți avea mai multe pagini deschise în același timp În plus, este oferit accesul la datele lotului, iar lungimea lotului poate fi de , și elemente Deoarece datele pot fi transmise de două ori pe ceas, valoarea întârzierilor CAS poate să nu fie o valoare întreagă, ci un multiplu de jumătate de ceas De exemplu, pe un modul de memorie, poate fi utilizată denumirea CL= , , adică Latența CAS este de , cicluri de ceas ale frecvenței sistemului Ținând cont de frecvența înaltă a magistralei de memorie, au fost luate o serie de măsuri pentru a îmbunătăți acuratețea sincronizării semnalului în memoria DDR Astfel, semnalele de sincronizare (directe și inverse) sunt date sub formă diferențială, ceea ce face posibilă reducerea influenței deplasării nivelului asupra preciziei de sincronizare În plus, pentru sincronizarea datelor, este utilizat un semnal stroboscopic DQS bidirecțional special, care este generat de sursa de date: în timpul operațiunilor de citire - de către cipul de memorie și în timpul operațiunilor de scriere - de către controlerul de memorie Sistem de memorie Memorie DDR SDRAM Specificația DDR a fost aprobată relativ recent, dar acest tip de memorie este deja susținut de multe chipset-uri moderne de logica de sistem Dacă urmați schema de denumire DDR (Duble Data Rate), atunci ar fi logic să apelați memoria DDR QDR (Quad Data Rate), deoarece specificația implică transferul de date în modul de acces în rafală de patru ori pe ciclu de ceas Nucleul de memorie funcționează în continuare la aceleași viteze de ceas ca și memoria SDR și DDR Pentru a obține o rată de eșantionare a datelor cvadruplă, pe lângă semnalul de ceas principal și invers, se adaugă încă două semnale (directe și inverse), deplasate cu o jumătate de ciclu față de primul semnal de ceas Această metodă se numește prefetch de (prefetch ) Biții care sosesc pentru fiecare ciclu al nucleului de memorie în buffer-ul I/O sunt multiplicați în timp și apoi, deja la o viteză cvadruplă, intră în magistrala de date Memoria DDR utilizează o arhitectură cu patru bănci cu aceeași lungime de linie (pagină) ca și memoria DDR Setul de instrucțiuni DDR este compatibil cu setul de instrucțiuni DDR Memorie FB-DIMM Un pas important în dezvoltarea tehnologiei RAM a fost introducerea treptată a tehnologiei FB-DIMM (fully buffered DIMM sau "fully buffered memory") în platformele Intel Mai exact, vorbim despre trecerea la o interfață serială între controlerul de memorie și cipurile de memorie Tehnologia FB-DIMM folosește un buffer special (hub) instalat pe modulul de memorie, care stochează atât comenzile, cât și datele Acest Schema schematică a subsistemului de memorie FB-DIMM Tipuri de memorie hub-ul distribuie apeluri către fiecare dintre cipurile de memorie în așa fel încât două cereri să poată fi procesate simultan Prin urmare, debitul maxim al magistralei "chipset - modul de memorie" poate fi crescut de cel puțin două ori O astfel de arhitectură elimină simultan restricțiile privind numărul de module suportate de un canal Mai precis, ridică limita superioară la module pe canal Astfel, în prima etapă, platforma Intel va combina o magistrală de sistem paralelă și o magistrală de memorie FB-DIMM, unde are loc o conversie dublă a formatului de date Evident, următorul pas va fi o combinație de magistrală de sistem serial și module FB-DIMM Scopul final este de a utiliza o magistrală de sistem serial și un tip de memorie serială DIMM Rețineți că platforma AMD Athlon utilizează deja magistrala de sistem HyperTransport serial, iar pentru aceasta trecerea la memorie cu o magistrală serial va fi mai puțin dureroasă memorie DR-DRAM Tehnologia Direct Rambus DRAM oferă o abordare complet nouă a arhitecturii subsistemului de memorie În primul rând, a fost dezvoltată o interfață Rambus specială pentru conectarea modulelor de memorie la controler În al doilea rând, modulele de memorie sunt conectate la controler prin canale speciale cu o lățime a magistralei de date de ( + ) biți și o lățime a magistralei de control de biți În al treilea rând, au fost dezvoltate noi module de memorie RIMM Fiecare canal Rambus este capabil să suporte până la de bănci și poate funcționa teoretic la până la MHz Frecvența de funcționare a canalului este setată de generatorul propriu al subsistemului de memorie Astfel, o parte a subsistemului de memorie funcționează independent de frecvențele de ceas ale restului componentelor plăcii de bază La controler pot fi conectate mai multe canale Rambus Controlerul în sine funcționează la o frecvență de până la MHz, care este determinată de frecvența magistralei sistemului Capacitatea modulelor Rambus DRAM produse în serie ajunge la MB, sunt așteptate alte produse de GB Deoarece utilizarea celui de-al -lea bit pentru fiecare octet de date este lăsată la latitudinea producătorului, unele firme introduc funcția ECC, altele măresc capacitatea cipurilor Frecvența de ceas a DR DRAM este de până la MHz, totuși, datele sunt transmise pe ambele margini ale semnalului, așa că putem presupune că cursul de schimb este dublat și ajunge la MHz Cu două canale conectate la controler, debitul maxim teoretic este de , GB/s Dar acest indicator este realizabil doar în teorie și pentru seturi uriașe de date Sistem de memorie În practică, deficiențele tehnologiei Rambus asociate cu arhitectura sa încep să apară De exemplu, dacă o operație de scriere a datelor trebuie să urmeze o operație de citire, controlerul este forțat să genereze o întârziere, a cărei valoare depinde de lungimea fizică a firelor canalului Rambus Dacă canalul este scurt, întârzierea va fi de doar un ciclu (aproximativ , ns la MHz) În cel mai rău caz, cu cel mai lung canal, întârzierea ajunge la , ns Adăugați la aceasta întârzierile generate în ciclurile de citire/scriere în sine, astfel încât rezultatul general să nu arate atât de roz chiar și în comparație cu modulele SDRAM Cipurile de memorie de pe modulele RIMM sunt forțate să fie acoperite cu o carcasă de protecție din cauza problemelor cu inducția electromagnetică și generarea intensă de căldură Rambus vă recomandă să acoperiți grupul de prize RIMM de pe placa de bază cu un design special pentru a asigura direcția corectă a fluxului de aer Aparent, doar teama de critici devastatoare nu i-a permis lui Rambus să recomande instalarea unui ventilator separat pentru răcirea modulelor RIMM, ceea ce de fapt nu ar fi de prisos Intel a luat lecțiile corespunzătoare din experiența de a opera primele sisteme cu memorie Rambus DRAM și a eliminat practic utilizarea acestei memorie în sistemele desktop Caracteristicile arhitecturii memoriei Corectarea erorii Anterior, aproape peste tot în modulele de memorie, paritatea era folosită pentru a verifica fiabilitatea informațiilor Pentru a face acest lucru, atunci când scrieți un octet, se calculează suma modulo a tuturor biților de informații și rezultatul este scris ca un bit de verificare suplimentar La rândul său, la citirea unui octet, cifra de verificare este din nou calculată și comparată cu cea primită Desigur, nevoia de a găzdui un bit în plus a crescut semnificativ costul modulelor de memorie Acum, îmbunătățirile în tehnologia de fabricație a cipurilor DRAM au făcut ca o astfel de verificare să fie redundantă Verificarea și corectarea erorilor (ECC) este un algoritm special care a înlocuit paritatea în modulele de memorie moderne Fiecare bit de date este inclus în mai mult de o sumă de control, astfel încât, dacă apare o eroare în el, este posibilă recuperarea adresei și corectarea bitului rău Dacă există o eroare în doi sau mai mulți biți, eroarea este doar remediată, dar nu corectată Caracteristicile arhitecturii memoriei Sistem de adresare Pentru adresarea celulelor de memorie se folosesc caracteristicile structurii matriceale Adresa completă a celulei constă din adresele de rând și coloane Pentru a citi (a scrie) informații de pe microcircuit, se aplică mai întâi semnalul RAS (Row Actress Strobe - row access pulse) și apoi (simultan sau cu o ușoară întârziere) codul adresei rândului După aceea, după un timp de întârziere normalizat, trebuie dat codul adresei coloanei, înaintea căruia trece semnalul CAS (Column Address Strobe - coloana acces impuls) Timpul de prelevare a cipurilor se referă la intervalul dintre semnalele RAS Următorul acces la memorie este posibil doar după un timp, necesar pentru restaurarea circuitelor interne / Acest interval se numește timp de reîncărcare și este aproape % din timpul total de eșantionare Datele de la celule prin amplificatoare intră în registrul microcircuitului, de unde devin disponibile după deschiderea liniei DOUT (Data OUT) În timpul operațiunilor de scriere, datele sunt primite pe linia DIN (Data IN), iar ciclul are loc în ordine inversă Orice dispozitiv de sistem care are dreptul de acces direct la memorie (prin unul dintre canalele DMA - Acces Direct Memory), dacă este necesar, trimite o solicitare care conține adresa și dimensiunea blocului de date, precum și semnale de control Deoarece mai multe dispozitive pot accesa simultan memoria prin canale DMA (de exemplu, un procesor, o placă video AGP, un controler de magistrală PCI, un hard disk), se formează o coadă de solicitări, deși fiecare consumator de resurse de memorie necesită propriile date, adesea situate nu numai în diferite microcircuite, ci și în diferite bănci de memorie Acest lucru are ca rezultat întârzieri semnificative în primirea/scrierea datelor Tehnologiile care reduc sau eludează aceste limitări sunt descrise mai jos Structura generală a unui cip de memorie Simplificat, un cip de memorie poate fi gândit ca o serie de tranzistori și condensatori CMOS organizați într-o matrice de rânduri și coloane Elementul de stocare este un condensator, iar tranzistorul CMOS acționează ca o cheie electronică Fiecare condensator este capabil să stocheze un bit de informație de date De exemplu, prezența unei sarcini pe un condensator este identificată cu o unitate logică, iar absența acesteia este identificată cu un zero logic Circuitul de memorie bazat pe condensator are un dezavantaj: încărcarea condensatorului nu poate fi menținută atât timp cât o cere sistemul informatic Inevitabil, are loc descărcarea spontană a condensatoarelor, drept urmare memoria Sistem de memorie Dispozitivul principal al unui cip de memorie SDRAM bazat pe o serie de condensatoare necesită regenerare periodică De aceea o astfel de memorie se numește dinamică Pentru a regenera sarcinile condensatoarelor, se folosește un circuit de acces ciclic la celulele de memorie, restabilind starea anterioară Regenerarea în microcircuit are loc simultan pe întregul rând al matricei atunci când oricare dintre celulele sale este accesată Ciclurile de reîmprospătare cu o anumită frecvență (rată de reîmprospătare) sunt inițiate de circuite logice speciale Modulele moderne folosesc cicluri de reîmprospătare denumite K, K sau K, ceea ce înseamnă numărul de rânduri (în mii) care sunt actualizate pe ciclu Cu o valoare de K, se cheltuiește mai puțină energie pentru regenerare, iar ciclurile alternează mai repede, așa că acest mod este mai des folosit La citirea datelor, conținutul unei linii (linia este considerată o pagină - Pagina) este transferat complet în buffer, care este implementat pe elementele de memorie statică După aceea, valoarea ( sau ) a celulei dorite este citită în linie și conținutul buffer-ului este din nou scris în linia anterioară a memoriei dinamice Astfel de transferuri de date sunt efectuate prin schimbarea stării condensatoarelor celulei, adică are loc procesul de încărcare (descărcare, dacă condensatorul a fost încărcat) În plus față de matricea de celule de memorie, cipul conține un decodor de adrese de rând și coloană care primește semnale RAS și CAS de la controlerul de memorie Pentru a minimiza dimensiunea pachetului de adrese, multiplexarea liniei de adresă și conexiunea bufferului Memorie promițătoare și alternativă șir de adrese de rând și coloane Fiecare coloană este conectată la un senzor-amplificator tranzistor, care citește celula dorită și îi restabilește starea Uneori, o linie de astfel de senzori-amplificatoare acționează ca un tampon intermediar în transmisia de date La aceste elemente, trebuie să adăugați un circuit de regenerare, porturi de intrare-ieșire, adresă și linii de comandă Memorie promițătoare și alternativă memorie DDR Specificațiile memoriei DDR sunt în curs de dezvoltare Este planificat ca frecvențele de memorie DDR să fie în intervalul - MHz, iar tensiunea de alimentare să fie de , - , V Pentru a reduce zgomotul parazit atunci când funcționează la frecvențe înalte, cipurile DDR utilizează tehnologia circuitului de derivație SLT (Short-Loop) Prin ), care este elaborat în unele cipuri ale standardului DDR Probabil, capacitatea cipurilor de memorie DDR va ajunge la Gbps Specificațiile DDR sunt luate în considerare de JEDEC în - , iar apariția în masă a cipurilor este așteptată nu mai devreme de SL DRAM În , Siemens a lansat module de memorie de MB bazate pe tehnologia SyncLink DRAM Acest produs este o dezvoltare evolutivă a SDRAM și DDR SDRAM Principala îmbunătățire este aplicarea modului batch nu numai pentru date, ci și pentru adrese Pentru a face acest lucru, magistrala de date este restrânsă la biți pentru fiecare cip de memorie În modul lot de la un singur cip, debitul maxim ajunge la MB/s Adică, pe o magistrală de memorie pe de biți, lățimea de bandă de vârf este de , GB / s Modulele SL DRAM au fost folosite în calculatoarele Siemens VCM DRAM Arhitectura Virtual Channel Memory DRAM a fost dezvoltată de NEC în Sarcinile principale în crearea unei noi tehnologii au fost considerate a fi: reducerea timpului de întârziere și reducerea consumului de energie al memoriei dinamice Prima problemă se rezolvă prin alocarea unui canal virtual fiecărui dispozitiv care lucrează direct cu memorie, ținând cont de caracteristicile specifice solicitării consumatorului Mai mult, dispozitivului, dacă este necesar, i se pot aloca mai multe canale Sistem de memorie De exemplu, un accelerator video cu o interfață AGP (spre deosebire de o placă video PCI) are dreptul de acces direct la memorie și îi sunt alocate trei canale virtuale: primul este pentru obținerea de date privind coordonatele vârfurilor triunghiurilor într-un mod tridimensional scena, a doua este pentru încărcarea texturilor situate în RAM, a treia - pentru schimbul de date de sistem Fiecare canal are o funcție de cache implementată după cum urmează Dispozitivul de sistem, după ce a generat și trimis o solicitare de citire/scriere, accesează un alt canal În acest moment, memoria cache a primului canal determină parametrii solicitării și trece la executarea acesteia cu parametrii necesari de întârzieri între ciclurile de căutare și inițializarea blocurilor de date etc Astfel, operațiunile canalului sunt independente unele de altele și pot să fie efectuate în paralel Datorită faptului că în perioada de transfer a rezultatelor solicitării către dispozitivul de sistem, memoria cache este din nou utilizată, iar memoria "se odihnește" în acest moment, consumul său de energie este redus semnificativ (cu o treime în medie) Comparația dintre performanța modulelor VCM SDRAM și a memoriei SDRAM convenționale la o frecvență a magistralei de sistem de MHz arată avantajul primei în sarcinile reale cu - % Mai mult, modulele VCM SDRAM sunt pe deplin compatibile cu modulele DIMM convenționale Prin utilizarea SPD-urilor, modulele VCM SDRAM sunt ușor de recunoscut de BIOS-ul plăcii de bază Un avantaj suplimentar al noii tehnologii este independența sa față de tipul de memorie utilizat, astfel încât poate fi încorporat în module DDR SDRAM, SLDRAM și alte arhitecturi moderne Odată cu dezvoltarea memoriei DDR și DDR , avantajele VCM SDRAM și-au pierdut atractivitatea memorie ESDRAM SDRAM îmbunătățită (ESDRAM - SDRAM îmbunătățită) este o versiune mai rapidă a arhitecturii SDRAM În ceea ce privește timpul de acces, performanța ESDRAM-ului este de aproximativ două ori mai mare În majoritatea aplicațiilor, datorită timpului său de acces mai rapid la matricea de memorie principală și a prezenței unui cache, ESDRAM oferă performanțe și mai bune decât DDR SDRAM, cel puțin la o frecvență magistrală de sistem de MHz Viteza mare a ESDRAM este atinsă datorită funcțiilor suplimentare care sunt utilizate în arhitectura acestei memorie ESDRAM are un bloc de registre cache (executate pe memorie de tip SRAM) care stochează date care au fost deja accesate Accesul la datele dintr-o linie cache este mai rapid decât la celulele SDRAM, deoarece nu necesită accesarea datelor într-o linie prin Memorie promițătoare și alternativă adresarea în blocul de memorie principal În același timp, rata de transfer de date din celule este de asemenea crescută și se ridică la ns Este important de reținut că memoria ESDRAM este pe deplin compatibilă cu modulele SDRAM standard la nivel de componente în ceea ce privește numărul de pin și funcția Cu toate acestea, placa de bază necesită un controler care acceptă funcțiile ESDRAM Nu au fost produse chipset-uri de sistem serial cu astfel de funcții memorie FCRAM Fast Su ele Random Access Memory (FCRAM - RAM cu ciclu rapid) Dezvoltatorul acestei arhitecturi, Fujitsu, se bazează pe un concept fundamental diferit față de DRAM Durata ciclului este de numai ns Acest lucru a fost realizat prin două inovații fundamentale În primul rând, spre deosebire de cipurile de memorie convenționale, unde se află mai întâi adresa de rând (RAS) și apoi, după o anumită întârziere, adresa coloanei (CAS) în care se află celula dorită, ambele coordonate sunt găsite instantaneu în FCRAM În al doilea rând, în memoria DRAM, timpul ciclului crește datorită faptului că după fiecare operație pe celulă trebuie să treacă o comandă de resetare FCRAM are un circuit de resetare automată încorporat, care permite canalizarea instrucțiunilor, unde următoarea instrucțiune începe să se execute înainte de finalizarea celei anterioare Rezultatul este un hibrid foarte interesant Din punct de vedere al vitezei de operare, FCRAM este aproape de SRAM, iar din punct de vedere al volumului nu diferă de modulele SDRAM Kiturile de sistem de placă de bază compatibile cu FCRAM nu sunt disponibile momentan memorie FeRAM Memoria Feroelectrică - RAM Feroelectrică (FeRAM) este nevolatilă (asemănător memoriei flash) care asigură stocarea datelor fără utilizarea surselor de energie (denumire științifică - memorie nevolatilă feroelectrică cu acces aleatoriu la celule) Există patru opțiuni pentru arhitectura celulelor de memorie FeRAM: o celulă FeRAM T cu un singur tranzistor, o celulă FeRAM IC cu un singur condensator, cea mai comună celulă tranzistor-condensator T- C FeRAM și cea mai stabilă celulă dublă T- C FeRAM din toate cele de mai sus Experții consideră perspectivele pentru toate tipurile de FeRAM mai mult decât roz Până acum, a fost atinsă doar marginea unui strat uriaș de descoperiri, dar chiar și în stadiul inițial, progresul este impresionant: standardele tehnologice sunt de nm, capacitatea chipului este de Mbit, timpul de acces este de ns, timpul de ciclu este ns (date de la începutul anului ) Dezvoltatorii cred că până în FeRAM va înlocui toate celelalte tipuri de RAM Sistem de memorie memorie MRAM Arhitectura de memorie MRAM (Magnetic RAM) a fost dezvoltată de Toshiba, Infenion și IBM Mostrele lansate ale nucleului de memorie au demonstrat calități remarcabile de viteză - ciclul de citire a durat doar ns Tehnologia de stocare a informațiilor într-un cip MRAM constă în plasarea unei celule de memorie care conține molecule de platină și cobalt între două straturi conductoare magnetic Scrierea și citirea apar prin modificarea câmpului magnetic (rotire) în straturile de control Adică nu o sarcină electrică este folosită pentru a stoca un pic de informație, ci o stare magnetică Principiul de funcționare al noii tehnologii se bazează pe particularitățile așa-numitelor caracteristici ale spinului electronic Spinul fiecărei particule se comportă ca un mic magnet cu poli nord și sud Există rotiri cu polarizare (direcție) "sus" și "jos" În multe metale, polarizarea spinului electronilor lor este, în medie, zero: o jumătate din particule sunt direcționate "în sus" și cealaltă "în jos" Un magnet are o polarizare în spin de până la la sută: la sută dintre electroni sunt polarizați diferit față de celelalte șaizeci la sută Controlând pe deplin polarizarea rotației materialului și aplicând așa-numita joncțiune a tunelului magnetic, este posibil să controlați electronii și să stocați starea particulelor după ce dispozitivul este oprit de la rețea Această proprietate a memoriei magnetorezistive va permite, în special, să pornească computerele aproape instantaneu Opțiuni de memorie Sincronizare Timpul de transfer de date este măsurat în cicluri de microprocesor și de obicei este scris astfel: - - - Aceasta înseamnă că primul transfer de date dintr-o celulă de memorie arbitrară a durat cicluri de magistrală, iar toate celulele ulterioare au luat fiecare Memoria sincronă depășește de obicei memoria asincronă De exemplu, la o frecvență magistrală de sistem de MHz, memoria EDO de ns funcționează conform schemei S- - - , iar memoria SDRAM de ns funcționează conform schemei - - - , care oferă teoretic un câștig de performanță de aproximativ % În practică, avantajul SDRAM este mai mic cu aproximativ un ordin de mărime, deoarece nu toate datele sunt secvenţiale Dar deja la o frecvență magistrală de sistem de MHz, memoria EDO de ns este inoperabilă, în timp ce SDRAM de ns continuă să funcționeze conform schemei - - - Opțiuni de memorie Comparația vitezei diferitelor tipuri de memorie de sistem Următoarele sunt date despre ciclurile de acces pentru tipurile de memorie de sistem utilizate pe scară largă în diferite condiții de acces la date Tabelul Timingurile unor tipuri de memorie Termenii SDRAM EDO FPM Pagina lovită - - - - - - - - - Miss în linia - - - E- - - - - - Miss pagina - - - - - - - - - Atinge dublă pagină - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Astăzi, pentru memoria SDRAM, cel mai rapid este modul pipeline cu transfer de date de pachete și utilizarea funcției de preîncărcare automată Specificații memorie dinamică Specificația PC stabilește un set de cerințe pentru modulele de memorie SDRAM pentru a garanta funcționarea acestora la MHz Lungimea conductorilor pentru fiecare semnal din modulul de memorie, lungimea traseului pulsului de ceas și parametrii de timp ai acestuia sunt strict reglementate, se determină lățimea pistelor și distanța dintre ele Este obligatorie utilizarea plăcilor cu șase straturi cu conductori solidi separati pentru alimentare și potențiale zero; potrivirea rezistențelor (terminatoare) în circuitele de transmisie a datelor; modul de informare SPD (Serial Presence Detect); contacte placate cu aur de pe DIMM Sunt prevăzute măsuri EMC Etichetarea specială a modulelor este efectuată cu indicarea parametrilor cheie de timp și numărul versiunii SPD Au fost luate măsuri similare pentru standardizarea parametrilor memoriei PC DDR SDRAM care rulează la MHz este uneori denumit DDR , ceea ce înseamnă că frecvența magistralei de date a memoriei este de MHz În mod similar, atunci când nucleul de memorie funcționează la o frecvență de MHz, se folosește denumirea DDR , la o frecvență de MHz - DDR și la o frecvență de MHz - DDR Nu este dificil de calculat lățimea de bandă a memoriei DDR Având în vedere că lățimea magistralei de date este de octeți, obținem , GB/s pentru memoria DDR , , GB/s pentru DDR , , GB/s pentru DDR și , GB/s pentru DDR Sistem de memorie , GB/s Specificațiile pentru memoria DDR utilizează lățime de bandă de vârf în megaocteți pe secundă (MB/s), adică desemnările sunt următoarele: PC , PC , PC , PC Până acum, specificația pentru memoria DDR prevede lansarea modulelor DDR - , DDR - și DDR - În consecință, debitul este de , GB / s; , GB/s și , GB/s Cip-uri de memorie Elementele de memorie dinamică sunt de obicei realizate fie sub formă de microcircuite separate în pachete DIP (Dual In Line Package), fie sub formă de module întregi, care sunt plăci mici de textolit cu montare realizată pe ele și cipuri de memorie instalate în DIP sau SOP ( mic) pachete contur pachet) Pe lângă pachetele SOP, sunt adesea folosite și alte pachete montate pe suprafață De exemplu, pachete plate TSOP și BGA Module de memorie Modulele pot fi de tip SIP/SIPP (Single In Line Pin Package), SIMM (Single In Line Memory Module), DIMM (Dual In Line Memory Module) și RIMM (Rambus InLine Memory Module) SIMM-urile sunt disponibile cu sau de pini, dar primele sunt foarte greu utilizate în prezent Pentru a instala module de memorie de tipurile SIMM și DIMM, pe placa de bază se folosește un conector tipărit sau cuțit, iar pentru modulele SIP se folosește un conector pin (nu este utilizat în prezent) În modulele DIMM, spre deosebire de SIMM, contactele de pe părțile opuse ale plăcii nu sunt conectate electric, ceea ce face posibilă dublarea numărului de pini (până la , în modelele ulterioare până la ) Modulele DIMM pot avea o tensiune de alimentare de V (acum practic nu este folosit) sau V Pentru modulele de memorie DDR SDRAM, este furnizată o construcție pentru de pini cu o tensiune de alimentare de , V și o cheie Memoria DDR SDRAM folosește module cu de pini și o tensiune de alimentare de , V Având în vedere că puterea absorbită este proporțională cu frecvența ceasului, capacitatea memoriei și pătratul tensiunii, celelalte lucruri fiind egale, scăderea tensiunii a făcut posibilă aproape reduce la jumătate puterea absorbită Modulele RIMM sunt dezvoltate de Rambus pentru propria arhitectură de memorie Au de pini și o tensiune de alimentare de , V Varietățile de dimensiuni mici de SIMM și DIMM-uri sunt SO (Small Outline) SIMM și SO DIMM Acestea sunt de obicei instalate în laptopuri și unele imprimante Opțiuni de memorie Tehnologia Micron XX XX XJU XX XX -XX XX XX Tipul memoriei - ODAM -DDRSORAM = DDR SORAM -SDRAM -SL DRAM - DRDRAM Cu Peinvlnlya ES Technology - Engineering MS Interval de temperatură simbol gol - O- 'C Tehnologie C- VVc£MOS lc-sjvVjjXmos V- VV^OS Organizarea matricei de memorie (adâncime lățime) Litere albe " Beat K - Kbits M - Mbps G - Gbps Versiune cu cip Pentru DRAM și SDRAM, primul caracter este alfabetic, al doilea este numeric Pentru DRDRAM, DDR SDRAM, SLDRAM un caracter Cod tip carcasă LG - TQFP TG-TSOP I DJ-SOJ DW " SOJ WkM GW ■ FBGA U=nBGA Dos gule timp/ciclu de timp DRAM - = ns, - m TOme SORAM și DDR GRAM • - MHz "-" - MHz; " k MHz; - x - MHz; - - MHz; - • MHz; • G (Otari-sa) - MHz DOR SORAM (Susy Tipe • CL - ) - - MHz; - - MHz SLDRAM (lățime de bandă pe canal) - - MHz DR DRAM (frecvența temporizatorului) - Zx - MHz; - x - MHz și II IIIIIII IIIIII Marcare • Cheie I I III III I I I I| Cip de memorie DRAM în pachet TSOP-II (pachet Thin Small Outline Tip ) Un exemplu de marcare a unui cip de memorie de la Micron Technology Marcare Pachetul de cip sau modulul de memorie are întotdeauna denumiri speciale, inclusiv numele sau marca producătorului, data lansării etc Cele mai interesante informații sunt capacitatea modulului, timpul de eșantionare și alți parametri tehnici De obicei, informațiile despre cip constă din trei câmpuri: prefix, rădăcină și sufix Prefixul poate conține un tip de respingere în fabricarea cipului (de exemplu, standardul militar MIL-STD) În câmpul rădăcină, unul dintre numere indică de obicei că acesta este un cip RAM, după care, de regulă, caracterizează numărul de biți de informații Grupul de numere care îl urmează indică capacitatea în kilobiți a fiecărui bit de informare Câmpul sufix poate conține o literă care indică tipul pachetului, urmată de o cratimă, timpul de eșantionare în nanosecunde Astfel, denumirea MK R- indică faptul că acesta este un cip RAM cu o capacitate de biți de Kbps fiecare, Sistem de memorie in carcasa de plastic, cu timp de acces de ns În unele cazuri, forma de înregistrare a parametrilor poate diferi de cele date, dar știind ce parametri ar trebui să fie prezenți în marcarea microcircuitului, în principiu, vă puteți da seama Marcarea modulelor de memorie este strâns legată de particularitățile producției și testării acestora Toate cipurile fabricate, în funcție de tehnologia utilizată și de rezultatele testelor, sunt împărțite în trei clase: A, B și C - în ordinea descrescătoare a rezultatelor Microcircuitele de clasa A sunt garantate să funcționeze în conformitate cu caracteristicile declarate și au o marjă semnificativă în ceea ce privește parametrii Adică, în principiu, pot funcționa la viteze mai mari de ceas fără a pierde performanța În plus, pot fi setate întârzieri de acces mai mici decât cele standard Microcircuitele din clasa B sunt garantate să îndeplinească parametrii specificați, dar au o "marjă de siguranță" mai mică Microcircuitele de clasa C pot asigura lucru cu indicatoarele declarate, dar uneori sunt capabile sa dea erori, de aceea se recomanda a fi folosite in echipamente mai putin responsabile decat calculatoarele (aparate electrocasnice etc ) În principiu, indicarea clasei unui microcircuit sub forma unei litere ca parte a marcajului său este de obicei acceptată de majoritatea producătorilor, dar nu de toți Pentru a fi complet sigur că caracteristicile memoriei îndeplinesc cerințele sistemului dvs , vizitați mai întâi site-ul web al companiei pe Internet - toate datele și marcajele modulelor produse sunt probabil postate acolo În general, atunci când cumpărați memorie, ar trebui să alegeți produse de la producători cunoscuți, așa-numitul brand-name sau major Este destul de ușor să îl determinați prin prefixe în desemnarea microcircuitelor Trebuie doar să ținem cont de faptul că recent unul dintre asamblatorii ruși cumpără microcircuite produse de Micron în vrac și apoi își asamblează propriile module de memorie pe baza lor Judecând după recenziile utilizatorilor, există probleme cu unele produse ale ansamblului rus Prin urmare, este mai bine să vă concentrați asupra altor companii Există, de asemenea, așa-numiții producători genen'c (de exemplu, de la cei mai buni: Kingston, Century, Unigen, Simple, Advantage), care de obicei își asamblează modulele din microcircuite de clasa A gata făcute ale unor companii binecunoscute Cu toate acestea, nu este neobișnuit ca companiile generice (nu sunt enumerate mai sus) să lipize cipuri de clasa C la module Numai Dumnezeu știe cum vor funcționa Dacă pe cip în loc de tipul standard de denumire există un marcaj precum Laser, SUA, Japonia, Kogea și alte dărâmături similare, nu ar trebui să le cumpărați în niciun caz, în ciuda tuturor atractivității prețului Opțiuni de memorie Hitachi = SDRAM = DDR SDRAM E=PC F=PC R=TCP = milioane de cuvinte = de milioane de cuvinte = Mcuvânt = Mcuvânt = M de cuvinte HB X XX X XX - XX X = de biți = de biți (ECC) DB = SO DIMM banc DC = SO DIMM banc EM = unbf DIMM bank EN = unbf DIMM bank El = reg DIMM banc E = reg Banca DIMM A =PCI CL B = PC , CL =PC A = clasa A Etichetă autocolantă Exemplu de etichetare a modulului de memorie Hitachi Pentru orientare, dăm prefixul literei pentru desemnarea produselor unor companii cunoscute aparținând grupului de producători majori Fujitsu - MB; Hyundai - NU; LG Semicon - GM; Mitsubishi - M M; NEC - mPd; Samsung-KM; Texas Instruments- Hitachi-HB; IBM - IBM; Micron-MT; Mosel Vitelic-V; Oki-MSM; Siemens-HYB; Toshiba-TC Companiile care operează pe piața RAM pot fi împărțite condiționat în furnizori, asamblatori și producători Primii sunt angajați în fabricarea exclusiv de cipuri de memorie Acestea din urmă asamblează module din aceste microcircuite Și numai producătorii au un lanț tehnologic complet: de la fabricarea de "clătite" de siliciu la producția de module de diferite tipuri Chipsurile care intră în asamblare pot fi de trei categorii Primul (clasa "A") se caracterizează prin testarea % a cipurilor, care garantează performanța acestora în condițiile specificate de special Sistem de memorie ficțiuni Cu toate acestea, este imposibil să testați fiecare dintre miliardele de cipuri de memorie care ies de pe liniile de producție în fiecare an Prin urmare, produsele din clasa "A" ocupă nu mai mult de - % pe piață și se disting printr-un cost crescut De regulă, clasa "A" este loială overclockării prin reducerea timpilor Produsele din clasa "C" sunt bunuri de consum comercial Și nu este nimic rău în asta - sunt destul de eficiente în modurile normale, dar sunt mai ieftine Toate celelalte microcircuite care nu se încadrează în clasificare sunt vândute în vrac la prețul nedoritului de siliciu, iar asamblatorii de memorie obscure chinezi sunt bucuroși să le cumpere Modulul de memorie în sine este un produs destul de complex Placa de circuit imprimat este realizată din mai multe straturi, conductoarele magistralei paralele trebuie să aibă aceeași lungime, montarea cipului de înaltă precizie implică producție automată Toate cerințele pentru modulele de memorie sunt specificate în specificațiile JEDEC Din păcate, unii asamblatori sfidează standardele industriei și produc produse extrem de ieftine, dar substandard Vă sfătuim să acordați atenție numelui producătorului Companiile care produc produse de calitate țin la reputația lor, iar performanța modulelor lor de memorie se potrivește exact cu specificațiile Dintre companiile cu ciclu de producție complet, remarcăm Samsung, Hynix (Hyundai), Fujitsu, LG Semiconductor, NEC, Infineon În plus, Samsung și Hynix produc împreună aproape jumătate din volumul total mondial de cipuri de memorie Dintre companiile implicate în asamblarea modulelor din microcircuite gata făcute, Viking, Transcend JetRam, Corsair, Crucial, Simple Technology, Kingston, Kingmax, TwinMOS se disting prin produse de înaltă calitate "Clasa de mijloc" este reprezentată de produse utilizate pe scară largă în Rusia de companiile taiwaneze Mtec și NCP, precum și de o gamă largă de produse bazate pe cipuri de la compania faimoasă Winbond (cip-urile sale sunt adesea folosite de asamblatorii de module de memorie "de marcă" ) Nu este absolut nimic rău de spus despre produsele lor Poate puțin mai mare decât companiile "de marcă", procentul de defecte Dar, în general, pentru modul obișnuit, capacitățile acestor module sunt destul de suficiente Cadru corp ATX VTH la zgomotul sistemului Opțiuni Platformă Platformă Cerințe Producători de carcase Sisteme de racire Carcasa computerului îndeplinește un dublu rol: în primul rând, este concepută pentru a monta componentele principale ale computerului, iar în al doilea rând, servește ca element interior la birou și acasă De aici dualitatea și inconsecvența cerințelor pentru parametrii carenei Cerințele tehnologice determină creșterea volumului carcasei, simplificarea formei acesteia în interesul instalării și accesului mai ușor la componente, instalarea unor sisteme de răcire puternice și zgomotoase Cerințele de proiectare, dimpotrivă, vizează minimizarea dimensiunilor, până la dimensiunea echipamentului principal, eliminarea zgomotului și crearea unui aspect adecvat modului modern Opțiuni de caz De regulă, carcasele oferite pe piață sunt rezultatul unui compromis între diferite cerințe Dintre acestea se pot distinge trei categorii de produse: tehnologice, de design, de interior Categoria de carcase tehnologice arată cea mai numeroasă, al cărei aspect este familiar oricărui cumpărător: un paralelipiped de culoare fildeș (Іvogy), în picioare (Tower) sau așezat pe o parte (Desktop) De regulă, pentru computerele de acasă se folosesc carcase verticale de dimensiuni standard: Mini Tower, Midi Tower și Full Tower Topul rafinamentului designului din această categorie sunt carcasele de negru sau alte culori decât fildeșul Avantajele carcasei grupului de tehnologie: asigurarea functionalitatii complete a sistemului Un reprezentant tipic al categoriei clădirilor tehnologice Reprezentant carcase de designer - Thermaltake Xaser noi, capacitatea de a asambla un computer cu performanțe maxime, utilizarea componentelor standard, un preț relativ mic Cazurile din categoria design sunt dezvoltate ținând cont de opiniile moderne asupra proiectării produselor tehnice, supuse cerințelor tehnologice pentru condițiile de instalare și funcționare a componentelor computerului În ceea ce privește dimensiunile, astfel de cazuri corespund clasificării tipice, dar par complet atipice La fabricarea carcasei de designer, se folosesc adesea aluminiu, fibră de carbon și alte materiale moderne Un prim exemplu de carcase de designer este familia Xaser de la Thermaltake Costul caselor de proiectare este de două sau mai multe ori mai mare decât colegii de clasă din grupul tehnologic În acest sens, în rândul utilizatorilor a apărut o mișcare de "modding" - dând în mod independent un rafinament de design cazurilor tehnologice obișnuite Clădirile grupului de interior sunt proiectate pentru a se potrivi cerințelor de design interior al locuințelor moderne Prin urmare, în exterior sunt similare cu produsele electronice de larg consum Astfel de cazuri și-au primit chiar propriile nume: Note Theater PC sau Small Form Factor (SFF) Dimensiunile mici cauzează funcționalitate limitată, Opțiuni de caz În cazul SFF, computerul nu se distinge de electronicele de larg consum modificarea componentelor specifice și, ca urmare, un preț crescut al computerelor Un utilizator obișnuit va fi destul de mulțumit de o clădire tehnologică normală Un cumpărător care știe să numere banii în buzunar este interesat în primul rând de parametri destul de prozaici, și anume: respectarea standardelor, manopera, rezolvarea problemelor de nutriție, ventilație și zgomot Rețineți că dacă există standarde industriale bine stabilite pentru alimentarea cu energie, problemele menținerii regimului optim de temperatură al componentelor sunt rezolvate în cazurile de specificații ATX departe de a fi atât de clare Prin urmare, ar trebui să alegeți o carcasă, în primul rând, în ceea ce privește capacitatea sa de a asigura răcirea tuturor echipamentelor instalate în interior Principalul parametru care determină calitatea carcasei este grosimea metalului cadrului de susținere, șasiul plăcii de bază, precum și pereții (giulgiul) Dacă șasiul este realizat din metal suficient de gros, atunci nivelul de zgomot emis este redus brusc și practic nu există vibrații Astfel de calități sunt furnizate de carcase cu o grosime de metal de cel puțin , mm Firme cunoscute specializate în fabricarea de Cadru bufnițele sunt de obicei realizate din metal de mm grosime Carcasele ieftine ( - USD) sunt realizate din tablă de oțel cu grosimea de , - , mm (practic staniu), astfel încât pereții lor se îndoaie ușor și pot intra în vibrații rezonante cu ventilatoarele sistemului de răcire și hard disk-urile Pentru modelele ieftine, marginile șasiului nu sunt adesea procesate - este foarte posibil să vă tăiați mâna în timpul instalării Carcasele de calitate superioara au sasiu cu margini prelucrate sau laminate, uneori chiar vopsite O carcasă bună nu ar trebui să permită pătrunderea radiațiilor electromagnetice în exterior, interferând cu dispozitivele externe și electronicele de larg consum Este evident că o mulțime de componente electronice și electrice din interiorul computerului "luminează" continuu în cea mai largă gamă posibilă Cu excepția cazului în care proiectanții de șasiu iau măsuri speciale de suprimare a interferențelor, alte dispozitive electronice nu trebuie plasate în apropierea computerului Specificația pentru carcasă (pașaport) trebuie să conțină o marcă de conformitate cu standardul american FCC Clasa B pentru cantitatea de radiații de la computerele de birou și de acasă Carcasele destul de scumpe de înaltă calitate sunt adesea acoperite cu permalloy din interior - un material care nu transmite radiații electromagnetice de joasă frecvență Sursa de alimentare dintr-o carcasă turn este de obicei plasată în partea de sus, iar dedesubt este placa de bază În cazurile suficient de înalte, sursa de alimentare este plasată complet deasupra plăcii de bază, astfel încât proiecțiile acestora de pe peretele lateral să nu se intersecteze În litere mici ( cm și mai jos), aceste proiecții se intersectează parțial, deoarece sursa de alimentare este rotită cu ° față de axa longitudinală Prin urmare, astfel de cazuri sunt ceva mai largi decât de obicei Se pare că în carcasa ATX de pe placa de bază sub sursa de alimentare va exista o priză de procesor Prin urmare, pentru a accesa procesorul, trebuie mai întâi să scoateți sursa de alimentare (sau să lucrați orbește) În plus, sursa de alimentare aglomera spațiul din apropierea procesorului, înrăutățind răcirea acestuia În unele cazuri, nu este posibil să instalați un radiator mare de procesor care să se sprijine pe sursa de alimentare Prin urmare, înălțimea carenei de tip turn trebuie să fie de cel puțin de centimetri Recent, au apărut multe modele de carcase cu designul original "umflat", în care compartimentul pentru unitatea de , " este realizat sub formă de slot Deși totul pare destul de atractiv, de multe ori trebuie să alegeți literalmente o dischetă din carcasă - este potrivit să obțineți pensete Uneori, panoul frontal este atât de adânc încât devine dificil să scoateți sau să introduceți chiar și un CD Mulți producători produc carcase cu un capac cu balamale care acoperă complet panoul frontal Pentru a accesa unitatea optică sau o unitate de dischetă, trebuie să deschideți capacul După cum se arată Opțiuni de caz experiență în operarea unor astfel de cazuri, nu sunt potrivite pentru utilizare intensivă într-o configurație multimedia a unui computer Este foarte obositor să deschizi capacul de fiecare dată când instalezi jocuri, redați muzică și filme, ardeți discuri Unele modele de carcase de înaltă calitate au conectori pentru interfețe audio, porturi USB, FireWire, cititoare de carduri și un receptor infraroșu pe panoul frontal De regulă, prizele conectorilor sunt acoperite cu capace cu balamale Această carcasă trebuie aleasă dacă intenționați să utilizați frecvent dispozitive externe portabile cu interfețele adecvate Pentru o conexiune permanentă, este mai bine să folosiți conectorii de pe panoul din spate, deoarece carcasa cu cabluri atașate permanent la panoul frontal arată neglijentă Trebuie să existe cel puțin două butoane pe partea frontală a carcasei: pornire (POWER) și resetare (RESET) Designul lor ar trebui să ia o privire mai atentă De exemplu, este foarte rău dacă butoanele sunt la fel: același diametru și culoare, în plus, sunt amplasate aproape unul de celălalt Butonul POWER ar trebui să iasă în evidență prin culoare și dimensiune; Este mai bine dacă este puțin înfipt Pentru o carcasă AT, cel mai bun comutator este un comutator basculant Pentru o carcasă ATX, acest lucru este practic imposibil, deoarece, conform specificației ACP, durata de apăsare a butonului POWER determină trecerea la diferite stări a alimentării sistemului informatic Butonul RESET trebuie să fie puțin adânc și suficient de adânc pentru a preveni apăsarea accidentală Din păcate, în unele cazuri, de dragul unui design atrăgător, butonul RESET este combinat într-un singur bloc cu butonul POWER, iar toată această structură iese în evidență Pe unele carcase ATX de înaltă calitate, este instalat suplimentar un buton SLEEP Cu toate acestea, este mai bine să folosiți butoanele de pornire care sunt puse pe tastaturile moderne Caracteristici distinctive ale unui caz gândit tehnologic: • prinderea peretilor laterali cu cleme, aripioare sau suruburi moletate care nu necesita folosirea unei surubelnite; • amplasarea sursei de alimentare în afara proiecției plăcii de sistem; • sursă de alimentare cu zgomot redus cu intrare inferioară; • Șasiu plăcii de bază detașabile, glisante sau rabatabile; • instalarea unităților în locașuri de , " pe console, fără utilizarea șuruburilor; • coș detașabil sau glisant pentru hard disk; • instalarea hard disk-urilor pe șasiu cu absorbție a șocurilor; • utilizarea consolelor pentru atașarea cardurilor de expansiune; • orificiu pentru intrarea aerului de racire pe peretele lateral; • Locuri pentru instalarea ventilatoarelor suplimentare pe panourile din față și din spate Cadru Practic, parametrii tehnici ai carcasei sunt determinați de specificația factorului de formă a sistemului, deoarece este factorul de formă care determină dimensiunile carcasei, condițiile de montare ale plăcii de bază, cerințele de putere, iar în cele mai recente versiuni, cerințele pentru echilibrul termic al componentelor și zgomotul Platforma ATX Bazele specificației ATX sunt descrise în secțiunea plăcii de bază, dar aici ne vom concentra pe parametrii mai puțin evidenți, dar nu mai puțin importanți, care determină fiabilitatea platformei ATX și ușurința în utilizare Cerinte de putere În calculatoarele moderne, se folosesc în principal surse de alimentare de tip comutator Tensiunea de intrare a rețelei de V este alimentată direct la redresor, fără un transformator descendente Tensiunea redresată este utilizată pentru a alimenta un generator de tranzistori care funcționează la frecvențe de zeci de kiloherți, care pompează energie în inductor Inductorul este încărcat pe un transformator de înaltă frecvență, din înfășurările secundare ale căror tensiune este îndepărtată conform specificației ATX: + V, - V, + V, - V, + , V Tranzistorul generatorului funcționează în așa-numitul mod cheie, prin urmare, în orice moment, fie curentul prin acesta este zero, fie tensiunea peste el este zero, ca urmare, practic nu este eliberată putere pe tranzistorul cheie Dar totuși, unele pierderi de energie apar în tranzistor și în inductor și în transformator, astfel încât eficiența unei surse de alimentare cu comutare este de obicei în intervalul - % Mai mult, a doua cifră este tipică pentru produsele foarte scumpe Într-un stabilizator de impulsuri, reglarea tensiunii se realizează prin modificarea lățimii impulsurilor generate de generator, adică se utilizează metoda de modulare a lățimii impulsului (PWM) Stabilizatorul compară tensiunea prezentă la ieșire cu tensiunea de referință și reglează lățimea impulsurilor generate astfel încât aceste două tensiuni să coincidă Un regulator de comutare tipic are o linie de feedback care vine de la ieșirea de + V Alte linii de ieșire trec printr-o bobine comună Rezultatul este o tensiune bine stabilizată de + V și mult mai rău stabilizate alte patru linii Dacă este necesară stabilizarea de înaltă calitate a surselor de putere redusă (- V, - V), atunci se instalează stabilizatori liniari pe ele Un accesoriu obligatoriu al sursei de alimentare standard ATX este un stabilizator de sarcină care generează tensiune de + V (+ V linie Stand-By) necesară pentru a suporta funcțiile Suspend-to-RAM Platforma ATX Un mare avantaj al unui PSU tip impuls este dimensiunea sa mică Transformatorul de înaltă frecvență are o dimensiune foarte modestă Pentru unii, puterea scăzută alocată tranzistorilor cheie face posibilă descurcarea cu un radiator de dimensiuni mici Funcționarea electronicii de alimentare cu impulsuri nu depinde de frecvența rețelei de alimentare, astfel încât vă puteți conecta la rețele cu o frecvență curentă de Hz sau Hz Iar frecvența curentului "plutitor", atât de caracteristică rețelelor electrice rusești, nu este la fel de înfricoșătoare ca pentru o sursă de alimentare de tip liniar Mai mult, sursa de comutare este insensibilă la tensiunea de intrare Ca rezultat, poate funcționa în intervalul - V O sursă de alimentare comutată de înaltă calitate începe deja la o tensiune de - V Perioada de funcționare neîntreruptă a sursei de alimentare este de obicei de - ani Acest parametru este însă puternic influențat de condițiile externe: calitatea curentului din rețeaua electrică, praful aerului, schimbările de temperatură și umiditate Principalul inamic al sursei de alimentare este praful, care conduce bine electricitatea Dacă nu este îndepărtat în timp util cu un aspirator, se întâmplă ca chiar și o ușoară înclinare a carcasei să provoace deplasarea prafului acumulat în sursa de alimentare și un scurtcircuit în circuitele acesteia Când sursa de alimentare se defectează, este mai ușor să o înlocuiți decât să o reparați Pe sursa de alimentare într-un loc vizibil trebuie să existe un autocolant care să indice numele laboratorului de testare care a eliberat certificatul de siguranță și conformitate cu standardele: UE, CSA, TUV, CB, CE, VDE, FCC, FTZ, DEMKO, NEMKO , FIMKO & SEMKO (care este specificat în caietul de sarcini la bloc) Pe sursa de alimentare, pe langa conectorul de retea, sunt montate o priza pentru alimentarea display-ului si un intrerupator Într-o sursă de alimentare ATX, tensiunea este întotdeauna furnizată pe placa de sistem Prin urmare, oprire Avertizare suprafețe fierbinți Pictograme certificat de securitate Putere maximă de ieșire Marcajul sursei de alimentare Cadru apăsarea butonului de pornire de pe computer nu scoate sub tensiune componentele acestuia Dacă trebuie să urcați în carcasă, trebuie fie să utilizați întrerupătorul de pe unitate, fie, dacă nu există, scoateți ștecherul din priză În cazul ATX, placa (dimensiune standard x mm) este amplasată cu latura sa lungă de-a lungul peretelui din spate Procesorul de pe placă este instalat în imediata apropiere a conectorului de alimentare pentru a minimiza lungimea circuitelor de alimentare și răcirea de la ventilatorul PSU încorporat Unele unități au control automat al vitezei ventilatorului în funcție de temperatură Sursa de alimentare ATX, pe lângă tensiunile și semnalele standard pentru AT, oferă și o tensiune de , V și suportă controlul puterii printr-un semnal de la placă, care are o interfață software pentru aceasta Un singur conector cu de pini este utilizat pentru a conecta sursa de alimentare la placă Standardul ATX prevede, de asemenea, un conector prin care se furnizează informații despre viteza ventilatorului de la sursa de alimentare la placă și de la placă la sursa de alimentare - un semnal de control al ventilatorului și un nivel de tensiune de control de , V pentru o stabilizare mai precisă Tabelul Cerințe de specificații ATX/BTX Toleranța liniei de alimentare ATH ATH /VTH + V % ( V) % ( V) - V % ( V) % ( V) + V % ( V) % ( V) - V % ( , V) % ( , V) + , V % ( , V) % ( , V) + VSB % ( V) % ( V) Este ușor de observat că cerințele celor mai recente specificații sunt oarecum mai blânde decât cele anterioare Cerințe de ventilație Problema răcirii a devenit deosebit de acută în ultima vreme în legătură cu apariția microcircuitelor cu numărul de tranzistori pe un cip care depășește o sută de milioane Fiecare element generează inevitabil căldură în timpul funcționării, iar zona cristalului crește fie ușor, fie chiar scade Un ventilator "de evacuare" este prevăzut în unitatea de alimentare a carcasei de tip AT Aerul este aspirat în carcasă prin fantele existente sau Platforma ATX deschideri special prevăzute și, având căldură acumulată a componentelor cu o temperatură mai mare, este aruncat afară Din păcate, în marea majoritate a incintelor A T nu există măsuri speciale pentru distribuirea fluxului de aer de răcire Prin urmare, există cazuri când unele componente se simt confortabile, în timp ce altele se supraîncălzi În sursele de alimentare cu carcasă ATX, ventilatorul este de obicei un ventilator Aerul exterior este captat de rotorul ventilatorului și introdus în carcasă prin fantele din sursa de alimentare Foarte puține carcase LTX sunt concepute pentru a redistribui fluxul de aer de intrare către componentele individuale: procesor, hard disk, plăci de expansiune Într-un computer saturat cu componente moderne, se observă uneori un fel de "efect de domino", asociat cu o creștere asemănătoare unei avalanșe a supraîncălzirii Să presupunem că un procesor puternic, o placă video, o placă de sunet, câteva hard disk-uri de mare viteză sunt instalate în computer Răcirea locală a fiecărui element pare să fie asigurată în mod normal Dar ventilatoarele proprii ale componentelor sunt proiectate pentru a pompa aerul de intrare cu o temperatură care nu depășește - de grade Poate exista o situație în care ventilatorul o va face Panoul de interfață RSI litanie podul de sud Fluxul principal de aer în carcasa ATX (vedere din stânga) podul de Nord Module de memorie ATX Cadru sa primeasca aer de la un "vecin" harnic, care se incalzeste foarte tare in timpul muncii Desigur, microcircuitul răcit de acesta va începe să se supraîncălzească, ceea ce va determina o creștere generală a temperaturii aerului din interiorul carcasei Toate ventilatoarele și microcircuitele vor primi aer cald, iar apoi procesul va lua un caracter de avalanșă, ca urmare, computerul va "îngheța" în cel mai bun caz, deși opțiunea de defecțiune a oricărui element nu este exclusă Simptomele problemelor de răcire sunt, de obicei, "înghețari" intermitente ale procesorului computerului fără un motiv extern aparent, defecțiuni neașteptate în funcționarea plăcii video, a hard disk-urilor și a altor componente cu un consum mare de energie Uneori, computerul refuză să funcționeze atunci când temperatura exterioară crește (iarna - când este situat în apropierea aparatelor de încălzire) Aceste "boli" ar trebui tratate în primul rând prin rezolvarea problemei ventilației generale a clădirii Principiile generale ale ventilației sunt destul de simple În primul rând, ventilatoarele nu ar trebui să interfereze cu convecția naturală a aerului (de jos în sus), ci să o ajute În al doilea rând, nu este de dorit să existe zone stagnante, mai ales în locurile în care convecția naturală este dificilă În al treilea rând, cu cât volumul de aer pompat prin carcasă este mai mare, cu atât diferența de temperatură în ea este mai mică în comparație cu exteriorul În al patrulea rând, fluxul de aer ar trebui să fie cât mai laminar posibil, dar nu turbulent Pe măsură ce ventilatorul atrage aer în carcasă, presiunea din interiorul carcasei crește Dependența debitului de presiune se numește caracteristica de funcționare a ventilatorului La un moment dat, cantitatea de aer pompată va fi egală cu cantitatea de aer care iese, iar presiunea se va stabiliza Cu cât suprafața orificiilor de ventilație este mai mare, cu atât presiunea va fi mai mică și ventilația va fi mai bună Prin urmare, pur și simplu creșterea zonei orificiilor de admisie poate obține un rezultat mai bun decât instalarea de ventilatoare suplimentare Dacă ventilatorul nu intră, ci suflă aer din carcasă, se va schimba doar direcția fluxului, debitul va rămâne același Din cele de mai sus rezultă o concluzie simplă: aria orificiilor de ventilație ar trebui să fie cel puțin egală cu aria efectivă a ventilatorului (adică zona măturată de lame) și este mai bine să o depășiți ușor Dacă există mai multe ventilatoare și funcționează în aceeași direcție (de exemplu, suflă), se adună suprafața lor efectivă Producătorii, cu rare excepții, neglijează această regulă, bazându-se pe scurgerile de aer prin multe fante mici Prin urmare, în astfel de clădiri, ventilația în modul normal seamănă cu funcționarea într-o mască de gaz Într-o carcasă clasică de turn, fluxul de aer ar trebui să circule în diagonală de la colțul inferior din față până la colțul superior din spate Este evident că în colțuri opuse se formează Platforma BTX zone stabile Aceste zone conțin componente precum carduri de expansiune, unități optice, hard disk, ceea ce nu este bine Dacă există suficientă admisie de aer în partea de jos a panoului frontal, puteți scoate un capac al portului de expansiune de lângă placa grafică pentru a oferi un flux suplimentar de aer către sistemul de răcire al plăcii grafice Instalarea unui ventilator suplimentar pe panoul din spate rezolvă aproape complet problema ventilației carcasei în marea majoritate a cazurilor Pentru procesoarele foarte fierbinți, cum ar fi Pentium Extreme Edition, poate fi necesar să instalați o conductă de aer care să conducă la compartimentul de , inchi de pe panoul frontal sau la deschiderea panoului lateral Instalarea de unități speciale de ventilație în sloturile de expansiune (Rack) și locațiile de unitate (Blower), ventilatoare pentru hard disk și altele asemenea, desigur, ajută la rezolvarea problemelor de ventilație, dar crește foarte mult zgomotul sistemului Dacă sarcina este de a asambla cea mai productivă configurație, indiferent de alte circumstanțe, platforma ATX, cu oarecare efort, oferă parametri acceptabili Dar, în general, situația este de așa natură încât capacitățile tehnologice ale platformei au fost epuizate și sunt necesare soluții tehnice noi care să asigure un echilibru în ceea ce privește răcirea, zgomotul și alimentarea cu energie Platforma BTX În iulie , a avut loc prezentarea oficială a versiunii finale a factorului de formă (platformă) The Balanced Technology Extended (BTX) , dezvoltat de Intel Corporation Specificațiile Balanced Technology Extended sunt concepute pentru a standardiza interfețele și a defini factorii de formă pentru sistemele de calcul desktop în ceea ce privește proprietățile lor electrice, mecanice și termice Specificațiile descriu interfețele mecanice și electrice pentru dezvoltarea plăcilor de bază, șasiului, surselor de alimentare și a altor componente ale sistemului Specificațiile A prevăd trei factori principali de formă a plăcii de bază și a șasiului În același timp, platformele de diferite dimensiuni sunt acceptate cu o singură condiție - toate plăcile de bază trebuie să aibă o adâncime standard de , mm O placă BTX de dimensiune completă se caracterizează printr-o lățime a plăcii de , mm (care corespunde ATX) Suportul pentru până la sloturi de expansiune este implicit Formatul msgoBTX se caracterizează printr-o lățime a plăcii de , mm Suportă până la sloturi de expansiune Format risoBTX de profil redus Cadru lățimea plăcii standardizate de numai , mm Suportul pentru un singur slot de expansiune este implicit Dezvoltatorii Intel Corporation au oferit două modele exemplare de "referință" de platforme BTX, care diferă unele de altele în ceea ce privește volumul carcasei și unele componente: • SI ( L) BTX Reference Design (BTX) cu o capacitate a corpului de litri; • S ( L) BTX Reference Design (pico BTX) cu o capacitate a carcasei de litri Subliniem că la dezvoltarea VTX-ului, introducerea anvelopelor și interfețe de nouă generație - PCI Express, Serial ATA, Wi-Fi și altele De aceea magistrala principală, prezentă pe toate platformele, este PCI Express, iar într-o versiune cu șaisprezece canale, concepută pentru a conecta controlere grafice Având în vedere dominația actuală a platformei ATX, dezvoltatorii au asigurat compatibilitatea anterioară cu cazurile de specificații ATX Prin urmare, plăcile de bază cu factor de formă BTX pot fi montate în oricare dintre carcasele ATX actuale Conectorii de alimentare ale sistemelor BTX și cerințele pentru stabilitatea tensiunii au rămas în general neschimbate în comparație cu ATX Cu toate acestea, mecanismul de atașare a plăcilor de bază din familia BTX la șasiu s-a schimbat semnificativ Acum montarea se face cu ajutorul modulelor specializate de Support and Retention Module (SRM) Un astfel de mecanism, alături de conferirea unei rigidități suplimentare întregii structuri, implică o îmbunătățire a echilibrului termic al componentelor sistemului, în special al procesorului Cerințe de răcire Organizarea răcirii componentelor sistemului este unul dintre elementele cheie ale specificației BTX Zeci de pagini ale documentului conțin recomandări detaliate pentru asigurarea echilibrului termic al componentelor sistemului: procesorul, podurile de nord și de sud ale chipset-ului logic al sistemului, module de memorie, grafice și alte plăci de expansiune Separat, este prezentată mișcarea fluxurilor de aer pentru diferite combinații de componente Coroana sistemului de echilibrare termică a platformei BTX poate fi considerată un singur sistem de răcire - Modulul termic, al cărui ventilator este conceput pentru a crea fluxuri de aer în interiorul carcasei Specificația BTX descrie două tipuri de module de echilibrare termică: modulul termic de dimensiune completă de tip I și modulul termic cu profil redus de tip II Dezvoltatorii nu dau recomandări clare pentru instalarea lor, bazându-se pe bunul simț al asamblatorilor de computere Evident, într-o platformă cu un procesor productiv "fierbinte", este indicat să instalați un modul full-size Modulul de tip profil redus este proiectat pentru platforme compacte, însă nimic Cerințe de zgomot de sistem Modulul termic (Tip I) al platformei BTX nu interferează cu instalarea acestuia într-un computer desktop dacă este echipat cu componente "reci" Astfel, o platformă tipică VTX este echipată cu doar două ventilatoare: un modul de echilibru termic și o sursă de alimentare Sub numele Thermal Module se ascunde un întreg sistem de răcire a procesorului și profile de ghidare pentru a optimiza fluxul de aer în interiorul carcasei La dezvoltarea designului BTX, au fost calculate cele mai mici detalii ale aspectului, de exemplu, profilul decupajelor și grilajelor figurate din șasiul sistemului, prin care fluxul de aer este aruncat Mențiune specială merită un radiator de procesor puternic, clar conceput pentru a răspunde nevoilor echilibrului termic al procesoarelor cu o putere termică mult mai mare de de wați Cerințe de zgomot de sistem Zgomotul din computere este măsurat în decibeli (dB) Această unitate logaritmică este universală și fără dimensiuni O diferență de dB înseamnă că valoarea măsurată este de ori mai mare decât standardul, dB - de ori, dB - de ori Organul auditiv uman amplifică sunetele la unele frecvențe, iar la unele, dimpotrivă, le slăbește Pentru a ține cont de coeficienții de atenuare și amplificare se introduce așa-numita corecție A a nivelului presiunii sonore, care apropie caracteristica acesteia de sensibilitatea auzului uman Acest nivel de zgomot corectat este măsurat și în decibeli, dar se numesc "dBA" În acustică, decibelii sunt legați de intensitatea (puterea) sunetului Dar organul auzului nu percepe intensitatea, ci presiunea sonoră asupra timpanului Există o relație pătratică între intensitate și presiunea sonoră Cu o scădere a intensității cu un factor de , presiunea sonoră (și odată cu aceasta și volumul) va scădea doar cu un factor de patru Adică, dacă intensitatea zgomotului este redusă cu dB, volumul va scădea de patru ori Cadru Când se analizează zgomotul sistemului, ar trebui să se țină cont de particularitățile percepției lor psihologice La zgomot egal, zgomotul de înaltă frecvență este mai enervant decât zgomotul de joasă frecvență, zgomotul cu un singur ton în comparație cu zgomotul de bandă largă, zgomotul de impuls în comparație cu zgomotul continuu În ceea ce privește zgomotul, are loc un efect de mascare, atunci când zgomotele de înaltă frecvență și de impuls sunt mai puțin enervante pe fundalul celor de joasă frecvență Zgomotele pot fi transmise prin aer și prin vibrațiile elementelor carcasei (zgomot structural) De exemplu, un ventilator care funcționează generează în principal zgomot în aer, dar atunci când rotorul este dezechilibrat, apar vibrații, acestea sunt transmise carcasei și apare zgomotul transmis de structură Zgomotul aerian este redus prin metode de ecranare, absorbție a zgomotului și izolare fonică, iar zgomotul structural este redus prin metode de amortizare și izolare a vibrațiilor Principala modalitate de a face față zgomotului aerian este îmbunătățirea izolației fonice O tablă de oțel cu grosimea de mm pe partea laterală a carcasei la Hz reduce zgomotul cu aproximativ dB (adică reduce presiunea sonoră cu un factor de ) Pe măsură ce frecvența crește, efectul de izolare fonică crește Ca rezultat, % din energia sonoră este reflectată înapoi O carcasă cu o grosime a peretelui de , mm este de aproximativ două ori mai proastă în ceea ce privește eficiența izolației fonice Lipirea panourilor laterale cu materiale care absorb zgomotul poate reduce semnificativ presiunea sonoră Atunci când alegeți un material, este important să luați în considerare faptul că porii acestuia sunt deschiși, adică comunică între ei, astfel încât unda sonoră să piardă energie la trecerea prin pori Cel mai bun rezultat se obține dacă materialul poros este situat între două suprafețe solide: reflexiile multiple ale suprafețelor măresc eficiența stratului poros de zeci de ori Prin urmare, este convenabil să folosiți izolarea fonică auto pentru lipirea panourilor Material fonoabsorbant Noisebuster din familia AA Materialele AA sunt un grup de materiale de spumă autoadezive pentru absorbția sunetului în aer Aceste materiale au o grosime a bazei din spumă poliuretanică de , sau mm, o peliculă de poliester cu aluminiu Sunt produse în coli de , x , m sau , x , m Două coli mari sunt suficiente pentru lipirea panourilor computerului Eficacitatea materialului este determinată de coeficientul de absorbție a sunetului (SC) SC este o mărime adimensională, care se calculează ca raport dintre energia sonoră absorbită și energia acustică incidentă KZ = corespunde absorbției zero, KZ = corespunde absorbției complete Frecvență, Hz KZ AA- , , , , , , , KZ AA- , , , , , , Cerințe de zgomot de sistem Trebuie avut în vedere faptul că orificiile de ventilație din panouri reduc semnificativ izolarea fonică, mai ales la frecvențe medii și înalte Uneori este logic să le lipiți și să organizați admisia de aer din peretele din spate prin dopurile îndepărtate ale fantelor de expansiune Un efect vizibil se obține prin lipirea materialului fonoabsorbant pe suprafața din spatele unității de sistem, unde aerul este aruncat de ventilatoarele sursei de alimentare și ale carcasei Izolarea vibrațiilor este relevantă pentru unitățile optice, hard disk-urile, ventilatoarele carcasei și sursa de alimentare Este mai ușor să cumpărați imediat un model de unitate cu zgomot redus decât să faceți față zgomotului excesiv Dar dacă apar probleme de vibrație, dispozitivul și șasiul trebuie decuplate acustic Pentru aceasta, cel mai convenabil este să folosiți coșuri speciale și elemente de fixare izolatoare de vibrații, care sunt produse de multe companii Principala sursă de zgomot într-un computer sunt diversele ventilatoare Un computer obișnuit are cel puțin două ventilatoare: unul în sursa de alimentare și unul în radiatorul procesorului Adesea, placa video este echipată cu un ventilator Un computer suficient de productiv și prin urmare "fierbinte" are de obicei un ventilator de evacuare suplimentar în carcasă Instalarea sistemelor speciale de răcire silențioasă (apă, conducte de căldură și altele) este asociată cu costuri ridicate Prin urmare, este mai eficient să faceți față zgomotului ventilatorului cu metode mai simple și mai ieftine Zgomotul ventilatorului este format din mai multe componente În primul rând, este zgomotul ventilatorului în sine Tonul principal al acestui zgomot este situat la o frecvență egală cu produsul dintre numărul de rotații și numărul de lame De exemplu, cu lame și rpm, frecvența fundamentală a zgomotului va fi x / = Hz În al doilea rând, există zgomot suplimentar pe măsură ce fiecare lamă trece de elementul fix dacă palele ventilatorului sunt aproape de aripioarele radiatorului sau de alt element fix În al treilea rând, zgomotul aerodinamic al aerului care trece prin aripioarele radiatorului sau alt obstacol își aduce contribuția Cele mai bune condiții pentru răcire sunt create de fluxul de aer turbulent Dar la capitolul zgomot îl depășește cu mult pe cel laminar Zgomotul aerodinamic depinde numai de volumul de aer care trece prin radiator (debitul) O scădere a debitului va duce inevitabil la o creștere a temperaturii radiatorului Pentru a reduce debitul menținând în același timp aceeași temperatură a procesorului, este necesară scăderea temperaturii aerului la admisia ventilatorului Prin urmare, cea mai bună soluție este să instalați un ventilator cu debit redus și o conductă care să aducă aerul din exterior direct la admisia acestuia Prin urmare, un sistem de răcire cu aer cu performanțe bune și zgomot redus trebuie să aibă o conductă de aer specială Cadru Producători de carcase Există multe companii în lume care produc carcase de înaltă calitate care îndeplinesc pe deplin toate cerințele de mai sus Chieftec produce carcase de înaltă calitate în fabrici din Taiwan și China Carcasele nu diferă prin design atrăgător, dar sunt foarte bine adaptate pentru asamblarea unui sistem de orice clasă Familia Chieftec DA W din clasa Full Tower se caracterizează printr-un sistem de ventilație bine gândit, utilizarea unui metal bun și prezența a compartimente pentru dispozitive externe Familia DA WD aparține categoriei Middle Tower și este o copie competentă redusă a fratelui său mai mare, cu toate consecințele plăcute care decurg Acestea vor servi ca o platformă excelentă pentru un computer puternic de acasă Carcasele familiei Chieftec TL W sunt adesea folosite ca reper tehnic - "așa ar trebui să fie o carcasă de computer" Panourile laterale sunt blocate cu o cheie, aplecați-vă pe spate după ce rotiți cheia, locașurile unităților sunt retractabile, nu necesită șuruburi pentru montarea unităților, toate porturile sunt închise cu dopuri, panourile frontale sunt îndepărtate manual, fără unelte În general, atât asamblarea, cât și dezasamblarea unui computer în carcasa Chieftec TL W nu necesită deloc utilizarea de scule FKI furnizează carcase cu eticheta "Powered by ASUS" Cele mai de succes modele FK , FK (miditower) și FK (minitower) au surse de alimentare care respectă specificația ATX , capace frontale și laterale detașabile Panourile sunt realizate cu mai multe straturi: la exterior există un strat de plastic de patru milimetri, apoi un spațiu de aer de milimetri și abia apoi un strat de oțel de înaltă calitate, grosime de , mm Un astfel de "sandwich" asigură o izolare fonică maximă a carcasei, dar împiedică ușor schimbul de căldură cu mediul Acest dezavantaj este compensat de două ventilatoare suplimentare montate pe pereții din față și din spate ai carcasei Toate unitățile sunt montate pe lamele, ventilatorul carcasei are un diametru de mm INWIN Development Corporation produce carcase de înaltă calitate pentru toate formatele, uneori prezentate în Rusia sub marca Solist Metalul de înaltă calitate, dimensiunile carcasei calculate cu precizie și sursele de alimentare fiabile sunt principalele avantaje ale INWIN Datele tabelare ale carcaselor sunt potrivite pentru întreaga gamă De exemplu, toate modelele S xx sunt similare ca caracteristici cu S și diferă doar în panoul frontal Carcasele din seria "A" se disting printr-un aspect destul de modest și sunt la mare căutare în rândul clienților corporativi Multe computere de birou sunt asamblate pe baza lor Printre cei neîndoielnici Producători de carcase Avantajele carcasei sunt șasiul plăcii de bază care alunecă pe o sanie Carcasele familiei "S" diferă de familia "A" într-un design mai raționalizat, dar au o cantitate mai mică de spațiu liber în interiorul carcasei Au un sistem de instalare extrem de convenabil pentru hard disk-uri și unități CD, care sunt montate pe suporturi speciale Familia "J" este o încercare de a satisface cerințele utilizatorilor care acordă o mare atenție designului computerelor moderne Q este un model turn complet cu un număr mare de locații de expansiune și o răcire foarte bună Perfect pentru un computer puternic atât acasă, cât și la serviciu Seria Х хх (Full Tower) și С хх (Middle Tower) sunt special concepute pentru instalarea componentelor moderne cu un nivel ridicat de disipare a căldurii În special, ventilatorul suplimentar din carcasă are un diametru de mm, ceea ce asigură un debit mare la viteze mici și niveluri scăzute de zgomot Panourile laterale sunt echipate cu orificii de aerisire Există o conductă de aer proprie pentru alimentarea cu aer către sistemul de răcire a procesorului Elan Vital produce șasiuri utilizate de mulți producători majori de sisteme informatice În Rusia, cele mai cunoscute modele sunt T- AB (minitower) și T- AB (miditower), vândute sub marca ASUS în trei modificări: Classic, Elegant și AvantGarde Dintre caracteristici, putem observa patru "picioare" pivotante pentru a crește stabilitatea carcasei, fereastra receptorului IR de pe panoul frontal, panoul în sine din trei elemente separate, un comutator de alimentare cu un buton rotativ Enlight Corporation oferă modele de șasiu EN- , , , , Caracteristicile produselor sale sunt șasiul articulat pentru montarea plăcii de bază, montarea hard disk-urilor și unităților de dischetă folosind suporturi, panouri frontale detașabile Printre alte caracteristici, nivelul scăzut de interferență electromagnetică a sursei de alimentare atrage atenția Chenbro produce carcase medii de înaltă calitate Un reprezentant izbitor al produselor sale este modelul RS- al formatului midi-tower Acest model este conceput pentru asamblarea "fără șuruburi" - aproape toată "hardware" este reprezentată de șuruburi moletate, cleme de plastic și curele de montare Adevărat, montarea plăcii de bază pe șasiu va necesita o șurubelniță, deoarece elementele de fixare sunt realizate în mod tradițional - cu șuruburi Șasiul și pereții laterali ai caroseriei sunt din metal solid cu o grosime de , mm Panoul frontal al carcasei este din plastic, cu capace pentru locașuri de stocare, orificii pentru două porturi USB, mufe pentru microfon și căști Multe companii rusești, precum Formosa, își asambla computerele în carcase Chenbro PC- cu panouri frontale interschimbabile Cadru Una dintre tendințele la modă în designul carcasei a fost utilizarea aluminiului ca material principal Pe acest "față", Thermaltake se remarcă prin designul său spectaculos al produsului și cea mai înaltă calitate a produselor Seria sa de carcase Xaser exemplifică abordarea corectă atât pentru construcție, cât și pentru proiectarea carcasei computerului de acasă Compania însăși nu fabrică carcasa, ci le comandă de la ChiefPec De fapt, familia Xaser P / W este un model convertit al familiei ChiefPec DX Sistemul de răcire Xaser este format din cinci ventilatoare de mm O pereche dintre ele este situată pe peretele din față (funcționează pentru suflare), un cuplu - pe spate (lucrează pentru suflare) și unul - vizavi de placa video de pe peretele lateral Astfel, sistemul de ventilație elimină zonele stagnante din interiorul carcasei Viteza ventilatorului este de rpm, zgomotul nu este mai mare de decibeli Familia Xaser este echipată cu surse de alimentare HPC PttrePower de până la W Sursele de alimentare folosesc ventilatoare cu turatie variabila ( - rpm), in functie de sarcina Printre producătorii de carcase din aluminiu se numără companii mai puțin "promovate" care produc produse destul de calitative la un preț acceptabil (până la USD): UTT Group, Sky Hawk, Global Win Pentru utilizatorii atenți la buget, carcasele din aluminiu fabricate de Cooler Mașter sau Lian Li sunt potrivite Ce calități consideră aceste firme demne de costul ridicat (aproximativ USD) al cazului? Să dăm cuvântul unuia dintre liderii Cooler Mașter: "Majoritatea concurenților noștri folosesc, în cel mai bun caz, aluminiu de mm După cum au arătat studiile noastre, aluminiul de această grosime nu face posibilă construirea unei carcase durabile Prin urmare, grosimea aluminiului în cazurile noastre începe de la mm sau mai mult, în funcție de model Acordăm multă atenție acurateței procesului nostru de producție, în modelele noastre piesele sunt montate foarte precis pentru a minimiza pătrunderea excesului de aer și praf în carcasă Majoritatea concurenților noștri folosesc aluminiu de mm sau mm pe toată carcasă, dar realizăm rame cu grosimi de la mm (pentru modelele ieftine) la mm (pentru modelele scumpe) De asemenea, acordăm o atenție deosebită calității acrilicului - arată ca sticla, dar nu se rupe și nu se zgârie " Desigur, există și alte produse care merită atenție, de exemplu, produsele de la Palo Alto Cu toate acestea, nivelul prețului pentru ei depășește adesea bara de USD Pentru mulți utilizatori, designul carcasei joacă un rol important (și unii dintre ei își încep alegerea cu designul) Astăzi există multe produse pe piață care au devenit un exemplu de abordare originală Sisteme de racire proiectarea calculatorului Acum mulți producători produc carcase care pot servi drept decorațiuni interioare Aș dori să avertizez împotriva achiziționării de produse ale "firmelor" chineze necunoscute Adesea, cu eleganță exterioară, structura internă a unor astfel de cutii este absolut nefuncțională, iar materialele folosite nu rețin apă Auto-asamblarea unui computer într-o carcasă "chineză" este un adevărat chin Sisteme de racire Odată cu creșterea frecvențelor de operare și a numărului de tranzistori în microcircuite moderne, problema răcirii adecvate a PC-ului a devenit extrem de acută Și acum nu vorbim despre overclock, ci despre funcționarea sistemului în modul normal Acum, pentru a elimina căldura din componente, sunt necesare sisteme întregi, al căror cost este comparabil cu modelele inferioare ale procesoarelor în sine Astfel de sisteme sunt clasificate în funcție de metodele de îndepărtare a căldurii: • aer; • pe elemente Peltier; • apa; • criogenic Progresul rapid în dezvoltarea și producția de produse pentru a asigura funcționarea termodinamică normală a procesoarelor se explică prin creșterea depășită a valorilor de disipare a căldurii ale cipurilor procesoarelor PC puternice Simplificat, putem presupune că depășirea valorii de W a puterii termice pe un cip necesită deja o abordare specială a proiectării sistemului de răcire Acum, situația cu nivelul de disipare a căldurii al procesoarelor de mare viteză pare deprimantă, ceea ce provoacă îngrijorare pentru specialiști și utilizatori Tabelul Puterea termică a procesoarelor AMDK -III AMD Athlon XP + AMD Sempron + Pentium , , Pentium E Pentium EE , , Pentium Cadru Evident, cu astfel de puteri termice ale procesoarelor, problemele termodinamice devin critice Problema are două componente: controlul asupra temperaturii nucleului procesorului și modalități de răcire a cristalului Există două abordări radical diferite ale controlului temperaturii CPU: monitorizare internă prin circuite pe cip și monitorizare externă prin senzori de pe placa de bază Mai mult, în acest din urmă caz, senzorii pot fi încorporați în decupajul central al soclului procesorului sau montați pe radiatorul sistemului de răcire Evident, doar circuitele de control încorporate în miezul procesorului oferă date obiective Astfel de scheme sunt deținute de procesoare Pentium, Ill / Celeron cu nucleu Copregtype (versiunea simplificată, fără logică de control), Pentium III cu nucleu Tualatin, Pentium (circuit complet cu logica de control ThermalMonitor), AMD Athlon / Duron și Athlon XP ( versiune simplificată), Athlon , Athlon FX Monitorizarea termică încorporată a procesoarelor AMD Athlon XP are un dezavantaj semnificativ: dacă temperatura crește cu mai mult de un grad pe secundă, sistemul nu funcționează În niciun caz nu trebuie să vă bazați pe citirile senzorilor externi Alegerea parametrilor sistemului de răcire pentru un procesor fără un sistem de control al temperaturii încorporat ar trebui să se bazeze pe rezultatele testelor efectuate pe echipamente profesionale și publicate în surse de încredere Cel mai bine este dacă modelul de sistem specific este indicat (recomandat) chiar de producătorul procesorului Acest lucru este valabil mai ales pentru procesoarele furnizate în versiunea OEM Procesoarele Pentium sunt furnizate, de regulă, doar în versiunea "cutie" Le/sh , completată cu sistem de răcire Schema generală de disipare a căldurii din carcasele procesorului arată astfel În pachetele FC-PGA, cea mai mare parte a puterii termice este disipată de o matriță cu suprafață mică: mm pentru Intel Pentium Ill/Celeron și mm pentru AMD Athlon Prin pasta termică, căldura este transferată la calorifer, suprafața care este de zece ori mai mare În carcasele FC-PGA (Pentium III Tualatin), FC-LGA (Pentium ), OPGA (Athlon , Athlon FX, Sempron), producătorul instalează o placă de împrăștiere a căldurii din aluminiu (Integrated Heat Spreader, IHS) peste cristal printr-un strat de pastă termică Radiatorul sistemului de răcire este în contact cu sursa de căldură pe o suprafață mult mai mare, ceea ce îmbunătățește semnificativ disiparea căldurii Sisteme de racire cu aer Sistemele de racire cu aer se bazeaza pe transferul energiei termice de la procesor la radiator, care are o suprafata mult mai mare Sisteme de racire suprafață decât cristalul, prin care excesul de căldură este îndepărtat Procesoarele cu putere redusă (de exemplu, VIA C sau Pentium M) se descurcă doar cu un radiator Cu toate acestea, majoritatea sistemelor desktop folosesc un sistem de răcire în care suprafața radiatorului este suflată de fluxul de aer generat de un ventilator Cu disiparea căldurii de până la W, este suficient să folosiți un ventilator convențional x care sufla în jurul unui radiator de aluminiu Un exces semnificativ al valorii de W de putere termică face necesară creșterea suprafeței radiatorului și a performanței ventilatorului În cazuri dificile (cu un procesor de disipare a căldurii mai mare de W), este necesar să se optimizeze forma aripioarelor radiatorului, să se folosească materiale cu conductivitate termică bună (cupru), să se mărească performanța ventilatorului prin creșterea diametrului și a vitezei rotorului și uneori instalați două ventilatoare Da, conductivitatea termică a cuprului este de două ori mai mare decât a aluminiului Dar greutatea! Greutatea specifică a cuprului este exact de trei ori mai mare decât cea a aluminiului Mai mult, există și un factor de preț - doar în ultimul an, prețul cuprului a crescut cu %, iar în , potrivit analiștilor, prețul cuprului la tranzacționarea la bursă ar trebui să depășească de dolari pe tonă, în timp ce prețul de aluminiu - USD pe tonă Toate aceste argumente sugerează că cuprul nu va deveni niciodată un material de masă în producția de coolere de computer, rămânând un exotic scump pentru utilizatorii extremi Și în producția de masă, dezvoltatorii vor trebui să caute modalități de a utiliza mai eficient aluminiul ca material mai accesibil pentru răcirea procesoarelor Fanii de a forța ("overclocking", "overclocking") procesorul central sunt principalul "motor al progresului" în domeniul sistemelor de răcire a clădirilor Este clar că o creștere a frecvenței de funcționare a procesorului peste cea nominală duce la o creștere bruscă a puterii termice Sistemele de răcire recomandate de producătorul procesorului nu sunt capabile să facă față selecției și disipării căldurii generate de procesorul forțat Prin urmare, pentru sistemele forțate, sunt dezvoltate modele speciale de radiatoare și ventilatoare La un moment dat, sistemele de răcire de la Thermaltake (familia Orb) și Titan erau populare Radiatoarele acestor produse se disting printr-o aranjare verticală a aripioarelor de-a lungul perimetrului cilindrului, de-a lungul direcției aerului Cadru flux înfundat Chrome Orb (diametru mm) și Mini Chrome Orb cu un radiator din aluminiu, Super Chrome Orb (cu o înălțime a radiatorului mărită la mm și două ventilatoare), Mini Copper Orb (cu bază de radiator din cupru) și cel mai puternic (dar extrem de zgomotos) au fost produse modele Dragon Orb Zgomotul ventilatorului (la aproximativ rpm) și vuietul fluxului de aer au făcut ca folosirea computerului de acasă să fie un chin Evident, aria unui pătrat va fi întotdeauna mai mare decât aria unui cerc înscris în el Prin urmare, utilizarea caloriferelor rotunde a fost abandonată treptat Thermaltake a dezvoltat o serie de răcitoare dreptunghiulare Voicano Sistemele de racire Elan Vital, care au un radiator dreptunghiular din aluminiu (inclusiv o varianta cu baza din cupru), au primit o buna reputatie Campionii eficienței sunt sistemele cu radiatoare din cupru, precum KANIE Hedgehog sau Thermalright SK Cu toate acestea, costă câteva zeci de dolari (adesea mai scumpe decât modelele mai mici de procesoare) și, prin urmare, sunt proiectate mai mult pentru overclockeri decât utilizatorii obișnuiți Același lucru se poate spune despre sistemele de răcire cu radiatoare exotice: sub forma unui ventilator deschis (seria CNPS a lui Zalman) Acum, procesoarele de la marii producători (Intel și AMD) pot fi achiziționate cu ușurință în /? Interfață paralelă pe biți Recepție (RX) TXFIFO RX-FIFO Encoder b/ b Decodor b O fc Convertor serial Convertor paralel Ieșire Intrare pachete de biți Conversia semnalelor ATA în semnale SATA de combinații sunt considerate doar , iar restul sunt interzise Această redundanță este utilizată pentru a îmbunătăți imunitatea la zgomot a codării Cu toate acestea, protocolul SATA utilizează mai mult decât cele de combinații permise datorită codificării în două etape În acest caz, fiecare secvență de intrare poate corespunde mai multor secvențe de ieșire și combinația de ieșire care va fi utilizată depinde de semnalul de control rd generat în timpul procesului de transmisie La codificarea conform protocolului SATA, cei biți originali sunt împărțiți în subgrupe de biți și biți În primul pas, subsetul de biți este codificat pe biți/ biți, adică fiecare biți este înlocuit cu biți În a doua etapă, restul de biți sunt codificați pe / biți La codificarea fiecărui grup (primii biți și apoi restul de biți), este generat un semnal de control binar special rd (Disparitate de funcționare), care poate fi fie negativ (rd-) fie pozitiv (rd+) Codificarea pe biți/ biți pentru de combinații posibile de biți la intrare oferă de combinații de biți la ieșire Aceste de combinații se obțin astfel: fiecare dintre cele de combinații posibile de biți la intrare este asociată cu două secvențe de ieșire de biți: directă și inversă, cu excepția acelor secvențe de biți în care numărul de biți se potrivește numărul de zerouri - de aici de combinații posibile la ieșire Cu codificarea pe biți/ biți, pentru posibile modele de intrare pe biți, există posibile modele de ieșire pe biți Și aici, secvența de ieșire directă sau inversă este determinată de valoarea curentă a semnalului de control rd Dacă semnalul rd este pozitiv, atunci se utilizează secvența directă, iar dacă este negativă, se folosește secvența inversă În acest caz, valoarea curentă a semnalului rd este determinată de secvența transmisă anterioară de sau biți Regula pentru generarea semnalului rd este destul de simplă Semnalul este pozitiv dacă numărul de unități este mai mare decât numărul de zerouri din grupul de biți codificați Excepție fac secvențele cu Autobuz serial ATA Conectori de semnal SATA același număr de zerouri și unu De exemplu, pentru secvențele (subgrup de biți) și OOP (subgrup de biți), semnalul este considerat pozitiv, iar pentru secvențele și , este considerat negativ În toate celelalte cazuri, semnalul rd este neutru și nu își schimbă starea În plus față de codarea logică în două etape, pentru transmiterea datelor este utilizată metoda CRC- (Verificarea redundanței ciclice) La nivelul fizic se folosește codul NRZ (Non Return to Zero) O altă caracteristică a interfeței SATA este organizarea interacțiunii dintre controler și disc pe o bază punct la punct Reamintim că interfața ATA asigură conectarea a până la două dispozitive (Mașter și Slave) la un canal; în consecință, lățimea de bandă de MB/s este partajată între dispozitive Cu SATA, un singur hard disk poate fi conectat per controler, astfel încât fiecare dispozitiv SATA este prevăzut cu lățimea de bandă completă de MB/s Specificația SATA oferă suport pentru discuri care pot fi schimbate la cald, adică conectarea și deconectarea dispozitivelor pe o magistrală funcțională Până acum, această caracteristică nu este foarte relevantă pentru platformele desktop, dar odată cu dezvoltarea hard disk-urilor portabile în miniatură, poate fi la cerere Dezvoltarea specificației SATA a devenit interfața Serial ATA II, care este susținută de versiunile moderne ale podurilor de sud NMSL de la producători de top, cum ar fi Intel, nVidia, VIA și SiS O diferență clară în specificația SATA // arată ca o creștere a debitului Interfețe interne transporta autobuze de până la MB/s Cu toate acestea, specificația are multe îmbunătățiri aparent subtile care afectează semnificativ eficiența unităților De exemplu, în specificație au fost introduse punți de multiplicare speciale, permițându-vă să conectați până la dispozitive pe canal SATA Dar principalele îmbunătățiri sunt legate de optimizarea cozii de comenzi Un hard disk, spre deosebire de componentele pur electronice ale unui computer, este un dispozitiv electronic-mecanic Prezența părții electromecanice, care are un gigant, după standardele "electronice", timp de reacție, provoacă întârzieri inevitabile în căutarea și transmiterea datelor Specificația SATA // ia măsuri pentru a reduce latența prin schimbarea ordinii de execuție a comenzii, susținută de coada de comandă Cel mai cunoscut algoritm pentru minimizarea întârzierilor de căutare (mișcarea capului) și de rotație se numește Rotational Position Ordering Folosind acest algoritm, unitatea poate aranja comenzi pentru accesarea mediilor magnetice astfel încât să reducă timpul de acces la minimum Inițial, algoritmii au fost utilizați pentru a minimiza distanța pe care o mișcă capul, reducând astfel timpul de căutare Dar, în același timp, timpul total de acces ar putea crește, deoarece după ce capul s-a mutat rapid pe pista dorită, a fost necesar să așteptați ca sub capul sectorului solicitat să apară aproape o rotire completă a plăcii Algoritmul Rotational Position Ordering, la plasarea comenzilor în coadă, ia în considerare ambii factori - distanța de căutare și poziția curentă a capetelor pe circumferința plăcilor Ca urmare, comenzile sunt executate într-o astfel de ordine încât să minimizeze timpul total de acces, incluzând atât întârzierile de căutare, cât și de rotație Acest algoritm a stat la baza tehnologiei Native Command Queuing (NCQ) Hard disk-urile SATA // nu numai că pot alinia comenzile primite în cel mai optim mod din punct de vedere al mișcărilor mecanice, dar și să adauge dinamic comenzile primite în timpul procesării la pozițiile necesare în coadă Schimbarea instrucțiunilor în așteptare se face ținând cont nu doar de poziția capetelor după executarea ultimei instrucțiuni, ci și de mulți alți factori Algoritmi complecși sunt utilizați pentru a determina ce comandă va fi executată în continuare, ținând cont de comutarea capului, timpii de căutare pentru anumite piese, moduri de operare (de exemplu, în modul cu zgomot redus, secvența poate diferi de modul normal, deoarece ia în considerare faptul că căutarea ar trebui să creeze un zgomot minim) Parametrii luați în considerare sunt distanța pe care se mișcă capetele, poziția inițială și direcția căutării, caracteristicile accelerației și decelerației poziției Autobuz serial ATA număr, timpi diferiți de stabilire pentru capete pe o pistă de citire și scriere, accesări și erori în memoria cache la citire, memorarea în cache de scriere și multe altele În plus, algoritmii sunt utilizați pentru a preveni "blocarea" comenzilor individuale în coadă O altă componentă a tehnologiei este reducerea întârzierilor de rotație a hard diskului Efectul este obținut în două moduri Primul este de a rearanja comenzile în așteptare într-un mod similar cu minimizarea întârzierilor de căutare Dacă unitatea execută comenzi în ordinea în care sunt primite, atunci într-o situație în care comanda de citire vine mai întâi din sectorul A, apoi B și apoi C, va fi nevoie de aproximativ , rotații ale platourilor de disc pentru a finaliza toate cele trei comenzi Schimbând ordinea de execuție a comenzilor astfel încât sectorul C să fie citit după A și numai apoi B, puteți "încadra" în mai puțin de o tură și reduceți timpul total de execuție a interogării cu mai mult de o treime A doua modalitate este așa-numita livrare a datelor în afara comenzii Aceasta înseamnă că capul nu trebuie să înceapă citirea (scrierea) din primul sector LBA al blocului de date solicitat Ea poate începe să transfere din orice sector care este cel mai "convenient" pentru ea, inclus în blocul solicitat, și să transfere începutul blocului care lipsește la sfârșitul revoluției curente a discului Utilizarea unei comenzi de livrare modificate face posibilă, în cel mai rău caz, să nu se cheltuiască mai mult de o tură a plăcii pentru transmiterea unui bloc de date Fără el, în cel mai rău caz, timpul de transfer va fi de o revoluție plus timpul de transfer al tuturor sectoarelor incluse în bloc Pentru a implementa reordonarea comenzilor, fiecare comandă trebuie să fie marcată pentru a o distinge de celelalte comenzi din coadă În NCQ, se folosește o etichetă de biți pentru aceasta, astfel încât numărul maxim de comenzi din coadă nu poate depăși Trei mecanisme au devenit baza pentru implementarea NCQ în cadrul protocolului Serial ATA: mesaje despre starea de finalizare a unei comenzi fără curse (revenirea stării fără curse), întreruperi de agregare (agregare intemipt) și acces direct la memorie inițiat de dispozitiv (First Party DMA) Mecanismul Race-Free Status Return permite dispozitivului să raporteze starea de execuție a oricărei comenzi în orice moment Nu este necesară nicio "negociere" specială cu adaptorul gazdă pentru a trimite un mesaj de stare Acumulatorul poate raporta finalizarea mai multor comenzi la rând sau chiar în același timp Mecanismul de agregare Intemipt vă permite să procesați o întrerupere pentru mai multe instrucțiuni Algoritmul obișnuit pentru comunicarea între unitate și adaptorul gazdă este de a procesa o întrerupere de fiecare dată când se finalizează o comandă Cu cât sunt mai multe întreruperi, cu atât este mai mare sarcina pe adaptorul gazdă și pe CPU Când utilizați NCQ, numărul mediu de întreruperi generate per Interfețe interne o singură comandă, poate fi mai mică de una Dacă unitatea completează mai multe comenzi într-o perioadă scurtă de timp, întreruperile individuale pot fi combinate (agregate) Atunci este suficient ca controlerul gazdă să proceseze o întrerupere pentru mai multe comenzi Mecanismul First Party DMA permite unității să inițieze o operație de acces direct la memorie pentru transferul de date fără participarea controlorului gazdă și a procesorului central Unitatea selectează contextul DMA prin trimiterea așa-numitului DMA Setup FIS (Frame Information Structure, unitatea de bază a schimbului de date în protocolul Serial ATA) către controlerul gazdă Acest FIS indică eticheta comenzii pentru care ar trebui creat un canal DMA Pe baza valorii etichetei, controlerul gazdă încarcă în controlerul PDP al computerului un pointer către tabelul PRD corespunzător (Physical Region Descriptor - o structură folosită pentru a descrie zonele de memorie cu care se fac schimb de date), după care are loc transferul de date fără interferențe din partea CPU-ului Datorită acestui mecanism, unitatea poate reorganiza eficient comenzile, deoarece își alege un loc în memorie pentru schimbul de date din proprie inițiativă După ce a primit o comandă, unitatea trebuie să știe dacă să o execute imediat sau să o pună în coadă De asemenea, trebuie să știe ce protocol de transfer de date va fi folosit - NCQ, DMA, PYU, etc Obține aceste informații prin decodarea opcode-ului comenzii În general, introducerea interfeței Serial ATA a făcut posibilă creșterea serioasă a eficienței subsistemului de stocare în computerele desktop și aducerea acestuia la nivelul caracteristic anterior soluțiilor de server profesionale De exemplu, utilizarea matricelor RAID cu unități SATA îmbunătățește semnificativ performanța aplicațiilor multimedia, a jocurilor și a altor programe care necesită procesarea unor cantități mari de informații Autobuz SCSI Specificația SCSI (Small Computer System Interface) definește o magistrală fizică I/O și interfața logică pe care o acceptă pentru conectarea perifericelor Ideea principală a dezvoltării este de a oferi posibilitatea de a conecta diferite dispozitive la o singură magistrală de mare viteză, fără a fi nevoie de a actualiza hardware-ul și software-ul sistemului gazdă La magistrala SCSI pot fi conectate diferite tipuri de unități, imprimante, scanere, camere foto și video Autobuzul SCSI nu se găsește aproape niciodată în computerele desktop, dar stațiile de lucru și serverele îl au aproape întotdeauna ca parte a platformei Autobuz SCSI Originea SCSI datează din anii , când Shugart Associates a propus o interfață magistrală paralelă de opt biți și un protocol de nivel înalt care oferă acces logic la dispozitiv, independent de configurația sa internă Principalul avantaj al unei astfel de abordări la nivel înalt a accesului este interschimbabilitatea echipamentelor de la diferiți producători Folosind semnalizarea unipolară, având o magistrală de biți care funcționează în modul asincron, interfața a reprezentat un pas semnificativ înainte, oferind o lățime de bandă de , MB/s În , un comitet al Institutului Național American de Standarde (ANSI) a aprobat o specificație preliminară pentru SCSI bazată în mare parte pe munca Shugart Associates Caracteristicile distinctive ale interfeței SCSI sunt: • utilizarea transmisiei diferenţiale a unui semnal electric, care a asigurat un nivel ridicat de imunitate la zgomot cu o lungime a magistralei de până la de metri; • utilizarea modului de transfer de date sincron la viteze de până la MB/s; • definirea unui set extins de comenzi pentru a suporta discuri de mare capacitate si posibilitatea de auto-configurare a dispozitivelor; • definirea comenzilor pentru a suporta alte dispozitive (imprimante, unități de bandă și discuri optice) În , specificația SCSI- a fost în cele din urmă aprobată de ANSI Prima versiune a standardului a definit o interfață logică care rulează pe o magistrală partajată de biți care rulează la MHz și permite conectarea a până la opt dispozitive Dispozitivele au fost conectate în lanț folosind un cablu, formând o magistrală care se termina la ambele capete Oricare două dispozitive conectate la magistrală pot stabili o conexiune între ele și pot face schimb de date Dispozitivul care inițiază conexiunea se numește inițiator (Inițiator), iar abonatul său este numit dispozitiv țintă sau destinație (Target) Specificația SCSI stipulează că orice dispozitiv conectat la magistrală poate fi fie un inițiator, fie un dispozitiv țintă O conexiune simultană este posibilă numai între două dispozitive din magistrală Toate dispozitivele SC SI sunt împărțite în mai multe grupuri, fiecare dintre ele având propriul set de comenzi de bază: Direct Access Device - dispozitiv de acces direct (hard disk-uri) Dispozitiv de acces secvenţial - dispozitiv de acces secvenţial (unităţi de bandă) Interfețe interne Dispozitiv imprimantă - imprimantă (dispozitiv de imprimare) Dispozitiv procesor - dispozitiv de prelucrare a datelor Write Opse Read Mapu Device - Unele tipuri de medii optice de stocare care pot fi scrise o singură dată Dispozitiv CD-ROM - o unitate optică cu capacitatea de a citi date Dispozitiv de scanare - scanere Altele - alte dispozitive Deoarece fiecare tip de periferic are un set de comenzi de bază, driverele trebuie instalate doar dacă setul de comenzi al dispozitivului este mai lat decât baza În alte cazuri, dispozitivele pot funcționa cu drivere standard care fac parte din sistemul de operare Din punct de vedere fizic, magistrala SCSI- este un set de de perechi de conductori, dintre care unele sunt folosite pentru a transmite date și semnale de control, iar cealaltă parte este în scopuri de service sau este rezervată pentru extinderi viitoare Un total de linii de semnal pe magistrala SCSI-H sunt utilizate pentru transmiterea semnalelor de control și pentru transmisia de date Busul SCSI este invers, adică un nivel de semnal ridicat corespunde unei stări false, iar o stare de semnal scăzut corespunde unei stări adevărate Pentru conexiunile interne, conductorii formează o buclă de de conductori Pentru adresare, fiecare dispozitiv conectat la magistrală trebuie să aibă propriul său identificator - SCSI ID, care este un cod de poziție emis magistralei de date: fiecare linie a magistralei de date corespunde unui anumit identificator (și, în consecință, unui anumit dispozitiv) Deoarece magistrala SCSI- are o lățime de biți, pot fi adresate (identificate) maximum dispozitive Fiecare Opțiunea de topologie a lanțului de dispozitive SCSI Autobuz SCSI Diagrama schematică a unui segment de magistrală SCSI SE Un dispozitiv magistrală SCSI poate fi structurat în unități logice (Unități logice, LUN), numărul cărora într-un dispozitiv adresat de un ID SCSI poate fi de până la (de la LUN la LUN ) Acest lucru are sens atunci când dispozitivul final constă dintr-un număr de componente (poate care efectuează funcții diferite) și este necesar să se adreseze fiecăruia separat În acest caz, componenta este adresată de o pereche de etichete (SCSIID, LUN) Pentru a utiliza cât mai multe dispozitive pe magistrală, se folosesc poduri - controlere care se conectează la magistrala SCSI principală și formează o nouă ramură care vă permite să conectați mai multe dispozitive care au același SCSIID și LUN-uri diferite Dispozitivele de pe magistrala SCSI nu sunt egale: fiecare are propria sa prioritate în funcție de numărul ID Dispozitivul cu cel mai mare ID are cea mai mare prioritate Adaptorul de magistrală gazdă are întotdeauna un ID , astfel încât să poată prelua autobuzul oricând dorește De obicei, ID-ul este distribuit după cum urmează Identificatorul dispozitivului Winchester Winchesters scanere, imprimante CD-ROM-uri Unități de bandă sau magneto-optice Alte unități Adaptor gazdă SCSI Inițial, atribuirea unui dispozitiv SCSIID a fost efectuată folosind jumperi, al căror număr era destul de mare Acum sunt folosite microîntrerupătoare convenabile Interfețe interne După cum sa menționat deja, standardul SCSI prevedea două moduri de transmisie a semnalului prin linii de comunicație: diferențial și unipolar Avantajele unei interfețe unipolare sunt un design simplificat al dispozitivului în sine și al conectorilor, o reducere a numărului de fire din cablul de conectare Cu toate acestea, în modul unipolar, lungimea maximă admisă a autobuzului este de metri SCSI diferențial este mai dificil de implementat, dar utilizarea sa vă permite să măriți lungimea autobuzului până la de metri SCSI diferențial și unipolar nu sunt compatibile, iar conectarea simultană la magistrala dispozitivelor care îl folosesc în diferite moduri este imposibilă fără adaptoare și convertoare speciale Pentru a preveni propagarea ecoului, magistrala SCSI trebuie să fie terminată la ambele capete SCSI- specifică două tipuri de terminatoare: active și pasive Cele pasive sunt folosite în principal pentru o magistrală care funcționează în modul unipolar, pentru o magistrală diferențială se recomandă utilizarea terminatoarelor active Adesea, dispozitivele includ deja un terminator, eliminând necesitatea de a-l achiziționa separat și permite controlul acestuia - pornit / oprit SCSI- În , au început lucrările la specificația SCSI- Principalele direcții de îmbunătățire au fost creșterea productivității, extinderea numărului de dispozitive adresabile și îmbunătățirea compatibilității Lista dispozitivelor acceptate (scanere, componente de comunicație, unități magneto-optice) a fost extinsă semnificativ în noua specificație, iar seturile de comenzi existente au fost extinse Creșterea numărului maxim de dispozitive pe magistrală menținând același mecanism de adresare este asigurată prin extinderea acestuia la sau de biți Pentru a menține compatibilitatea, a fost păstrat suportul pentru magistrala pe biți Pe lângă creșterea numărului de dispozitive adresabile, această abordare îmbunătățește și performanța Au fost introduși doi termeni pentru a se referi la soiurile de anvelope: îngust (Îngust) și lat (Lat) Termenul "îngust" se referă la magistrala originală de biți, în timp ce termenul "larg" se referă la magistrala pe biți Frecvența magistralei a fost, de asemenea, crescută la MHz atunci când funcționează în modul sincron Autobuzul care funcționa la această frecvență se numea Fast (de unde și al doilea nume al standardului - FastSCSI) Astfel, standardul SCSI- are următoarele caracteristici: • magistrala îngustă care rulează la MHz (FastSCSI sau SCSI- ) asigură transfer de date la MB/s și acceptă până la dispozitive; Autobuz SCSI • Bus-ul de MHz (WideFastSCSI sau WideSCSI- ) transferă date la MB/s și acceptă până la dispozitive Un plus important la SCSI- este mecanismul de aşteptare etichetat Cozile etichetate pentru inițiatorul canalului - dispozitiv țintă - dispozitiv logic vă permit să creați o coadă de până la de procese, fiecare dintre acestea fiind marcată cu o etichetă Ordinea în care se execută un proces este determinată de mesajele trimise împreună cu acesta în momentul în care este pus în coadă SCSI- Dezvoltarea standardului SCSI- a început în Autorii au abandonat definiția magistralei paralele obișnuite și a unui număr de tehnologii seriale la nivelul inferior al interfeței Acest lucru a fost făcut intenționat pentru a oferi versatilitate autobuzului prin eliminarea restricțiilor privind viteza și lungimea conexiunilor Secțiunile speciale sunt definite în specificațiile care descriu anvelopele individuale Tehnologia magistralei paralele de cupru SCSI se numește SCSI- Parallel Interface și este definită de seria de standarde SPI-x Standardul SPI- descrie un bus tactat la până la MHz, motiv pentru care se numește UltraSCSI Debitul ajunge la MB/s pentru versiunile "înguste" și MB/s pentru versiunile "large" Deși, teoretic, numărul de dispozitive acceptate rămâne același ( pentru versiunea îngustă și pentru versiunea largă), mai mult de patru dispozitive nu pot fi combinate atunci când se utilizează o conexiune prin cablu Numai terminatorii activi pot fi utilizați în UltraSCSI Acesta este prețul pe care îl plătiți pentru performanță ridicată Standardul SPI- specifică o magistrală de MHz, care oferă un debit de MB/s sau MB/s, în funcție de lățimea magistralei Standardul se numește Ultra SCSI În autobuz Diagrama schematică a unui segment de magistrală diferenţială SCSI Interfețe interne se aplică tehnologia nivelurilor de semnal diferenţial de joasă tensiune (Low Voltage Differential, LVD) Prin analogie, vechea tehnologie a fost numită High Voltage Differential (HVD) Dispozitivele HVD și LVD nu pot fi utilizate în același timp Lungimea maximă a conexiunii este de metri pentru magistrala LVD și de de metri pentru magistrala HVD Standardul SPL- (uneori numit Ultra SSCSL) a fost adoptat în Specificația a abandonat complet semnalele de înaltă tensiune și a eliminat magistrala pe de biți Dintre inovații, cele mai semnificative includ sincronizarea duală, utilizarea codurilor ciclice de control (CRC) și controlul mediului O creștere a debitului magistralei de până la MB/s a fost obținută prin sincronizarea pe ambele margini ale semnalului de ceas Utilizarea mecanismului CRC poate detecta toate erorile pe un singur bit, toate erorile pe două biți, un număr impar de erori și toate erorile de pachete de până la de biți, crescând astfel în mod semnificativ fiabilitatea transmisiei Controlul mediului se realizează automat și este o procedură care verifică conformitatea canalului de transmitere a datelor cu modul selectat Dacă este detectat riscul de pierdere a datelor, se va efectua automat o tranziție la un mod mai lent Standardul SPL- (Ultra SCSI) descrie o magistrală pe biți tactată la MHz și tastată dublă, oferind un debit de MB/s Specificația conține mai multe inovații tehnologice care îmbunătățesc fiabilitatea schimbului de date Standardul SPL- (Ultra SCSL) descrie o interfață paralelă cu o rată de transfer de MB/s Specificația magistralei nu a fost niciodată finalizată, deși unele companii au produs dispozitive Ultra SCSL Asociația industriei SCSL a respins planurile de dezvoltare și s-a concentrat pe SCSL Serial Attached Bus SCSI atașat în serie Punctul culminant al evoluției interfeței SCSI paralele a fost specificația Ultra SCSI, care a furnizat o lățime de bandă magistrală de MB/s, care a îndeplinit pe deplin cerințele sistemelor moderne de stocare a datelor Dar trecerea omniprezentă către autobuzele seriale nu a dispărut nici cu SCSI Rezultatul a fost un nou standard Serial Attached SCSI (SAS), aprobat în Debitul maxim al magistralei Serial Attached SCSI în versiunea de astăzi este de până la Gb/s (aproximativ MB/s) Cu toate acestea, principalul avantaj al interfeței SAS nu este lățimea de bandă, ci suportul pentru funcționarea full-duplex, capacitatea de a conecta până la de dispozitive rădăcină (până la de dispozitive în total) Bus SCSI atașat în serie Domeniu Serial Attached SCSI (SAS) adresându-se până la de dispozitive I dispozitiv SAS Port SAS D] SAS Device j { SAS Device j SAS Expander j SAS Device Port SAS Port SAS Port SAS ^Canal fizic Q Port SAS până la de linii mari ^Canal fizic Port SAS Canalul fizic Port SAS (Canal fizic Port SAS (Canal fizic Posibilă topologie a unui sistem SCSI Serial Attached roystvo, luând în considerare toate ramurile), în compatibilitate inversă la nivel fizic cu magistrala Serial ATA Două perechi diferențiale sunt utilizate ca linii de semnal ale magistralei SAS, ceea ce permite organizarea funcționării full-duplex Schimbul de date pe perechile diferențiale are loc cu semnale de joasă tensiune în antifază, ceea ce elimină diafonia Unul sau mai multe canale fizice, fiecare format dintr-o pereche diferențială, formează un port Un port cu un canal se numește port îngust, un port cu două sau mai multe canale se numește port lat Fiecare dispozitiv fizic L trebuie să aibă unul sau mai multe porturi înguste sau largi Pe lângă dispozitivele finale (de exemplu, hard disk) și controlere, specificația SAS prevede expandoare (Expander), echipate și cu porturi Atât dispozitivele terminale, cât și alte expandoare sunt conectate la expandare Mai mult, se folosesc două tipuri de expandere: terminal (Edge Expander) și root (Fanout Expander) Numai dispozitivele terminale L , cum ar fi hard disk-urile, sunt conectate la expansoarele de capăt Extensorul de rădăcină este proiectat să conecteze la acesta numai extensii de terminale și îndeplinește funcțiile unui router Utilizarea extensiilor root și stub vă permite să creați topologii de magistrală SAS ramificate Arhitectura interfeței SAS prevede mai multe niveluri: fizic (linie fizică și port fizic), canal logic, port logic, protocol de transport, aplicații Deoarece diferențele care împiedică interoperabilitatea cu SATA încep doar la cel mai de jos strat fizic, este posibilă conectarea la magistrala SAS Interfețe interne Unități SATA, dar operația inversă este exclusă Montarea controlerului gazdă și a dispozitivelor / ' pe o platformă PC nu este dificilă, deoarece deja la nivel logic sunt percepute de sistemul de operare și aplicații ca unități standard Cu toate acestea, este puțin probabil ca toate caracteristicile / ' să fie necesare într-o platformă desktop, așa că prezența magistralei SCSI Serial Attached va deveni aparent un semn distinctiv al stațiilor de lucru și al serverelor interfață ACPI Mecanismul ACPI (Advanced Configuration and Power Interface, advanced configuration and power management interface) este unul dintre cele mai confuze și mai întunecate noduri ale arhitecturii de magistrală a unui computer personal Suportul ACPI trebuie să fie furnizat la nivelurile de componentă, PIOS și kernel al sistemului de operare Sistemul ACPI este angajat în gestionarea funcțiilor de economisire a energiei ale computerului și distribuției Topologia interfeței ACPI interfata ASPI utilizarea resurselor sistemului prin controlerul avansat de întrerupere ARIS (Advanced Programable Intemipt Controller) Suportul pentru o listă extinsă de funcții de către ACPI provoacă anumite dificultăți în implementarea interfeței De la introducerea sa în și până în prezent, unele caracteristici ale ACPI fie nu sunt acceptate, fie sunt doar parțial acceptate pe platformele desktop Interfața ACPI se bazează pe tehnologia On-Now, concepută pentru a reduce procesul îndelungat la pornirea (oprirea) computerului, pentru a oferi aplicațiilor utilitare (de exemplu, procedurile de verificare a hard diskului) capacitatea de a funcționa în timp ce computerul este oprit , pentru a îmbunătăți situația cu consumul de energie Conform specificației ACPI, un computer poate fi în următoarele stări: • G - modul sleep (suspend); • G - alimentarea este oprită, dar sursa de alimentare este alimentată (soft-off); • G - oprire prin întrerupător mecanic (oprit mecanic) Tehnologia On-Now oferă extensii pentru modul G Sunt adăugate următoarele niveluri de funcționalitate • SI (Standby ) - Oprește temporizatoarele de pe placa de sistem, dar păstrează starea RAM Ieșirea din modul S în modul de operare are loc instantaneu • S (Standby ) - În plus, placa de sistem și memoria cache a procesorului sunt oprite, iar datele stocate acolo sunt transferate în RAM Trecerea la modul de lucru este destul de rapidă • S (Suspend-to-memory) - toate componentele sistemului sunt dezactivate, cu excepția memoriei RAM Starea curentă a sistemului este scrisă în RAM Pornirea cu restabilirea stării anterioare a computerului durează puțin mai mult decât din modul S • S (Suspend-to-disk) - datele despre starea sistemului și conținutul memoriei sunt scrise într-un loc special desemnat pe hard disc Trecerea la modul de operare durează relativ mult timp Pentru a suporta modul S , placa de bază trebuie să aibă circuite de alimentare separate pentru componente și să ofere scriere în memorie la nivel de BIOS Din moment ce specificația On-Now a fost dezvoltată de Microsoft, sistemul de operare Windows a devenit în mod natural centrul de control al întregii tehnologii Având în vedere dragostea lui Bill Gates pentru ideea de informare Interfețe interne Moduri de funcționare ale componentelor conform specificațiilor ACPI On-Now Pe coloana vertebrală, multe au fost furnizate pentru lucru în rețelele locale și globale În special, oferă descărcarea automată a fișierelor de pe Internet și executarea sarcinilor sistemului De exemplu, puteți seta computerul să pornească noaptea pentru a naviga pe Web și a primi fișiere noi Alte programe (antivirusuri, instrumente de backup, verificări de disc etc ) funcționează pe același principiu Salvarea conexiunilor de rețea este asigurată prin înregistrarea automată a fișierelor utilizate pe un disc local și restaurarea fișierelor interfata ASPI conexiunea după pornirea computerului Suportul pentru funcții specifice asigură, de exemplu, funcționarea continuă de ore din a modemului fax, indiferent de starea computerului Dacă este necesar, placa de rețea pornește sistemul și rulează aplicațiile necesare Sincer, autorul nu a văzut încă o singură platformă desktop care să suporte în totalitate funcțiile ACPI și Op-Now de economisire a energiei Cu siguranță ceva nu funcționează sau nu funcționează așa cum era de așteptat Lucrurile stau destul de diferit în domeniul computerelor portabile Aici, interfața ACPI este pe deplin suportată la nivel de hardware, BIOS și aplicații Pentru sistemele desktop, cea mai importantă funcție a ACPI este sistemul IRQ Sharing (susținut de APIS), care se ocupă de distribuția dinamică a întreruperilor între componente Dacă mai multe dispozitive sunt suspendate pe o linie IRQ, gestionarea între ele este asigurată de sistemul IRQ Sharing Din punct de vedere fizic, computerul are linii de întrerupere hardware, dar unele întreruperi au statutul de întreruperi de sistem, deci este imposibil să le folosești sau să reatribui linia Există foarte puține întreruperi libere rămase într-un sistem informatic modern Tabelul Distribuția întreruperilor Dispozitiv IRQ linie sistematică S Temporizator sistem Tastatura S S Cascad (ieșire către al doilea cip de control de întrerupere) S Cronometru în timp real Controler ACPI gratuit Port USB Port PS/ S Coprocesor Controlerul hard diskului # Controlerul hard diskului # Port Sot Port Sot Gratuit Unitate S FDD port LPT Interfețe interne Toate liniile de întrerupere au propriile lor priorități Cu cât prioritatea liniei de întrerupere este mai mare, cu atât procesorul va răspunde mai rapid la solicitarea dispozitivului situat pe această linie Întreruperile sunt enumerate în tabel în ordinea priorității Pot exista mult mai multe dispozitive care necesită propria întrerupere și nu sunt prezentate în tabel De exemplu: placă de rețea, controler RAID sau SCSI, tuner TV, / HL, IEEE (FireWire) și așa mai departe Adică, poate apărea o situație când vor exista mai multe dispozitive pentru două întreruperi libere care necesită propria întrerupere Partajarea unei resurse înseamnă reducerea proporțională a eficienței componentelor Dacă o placă video și o placă de sunet stau pe aceeași întrerupere, "frânarea" pentru ambele este aproape garantată Există trei metode pentru a rezolva această problemă Prima metodă este utilizarea integrală a sistemelor ACPI și IRQ Sharing Dacă sistemele ACPI și, în consecință, APIC, sunt activate, atunci sistemul de operare consideră că există de întreruperi virtuale, în timp ce sunt întreruperi reale ACPI distribuie automat întreruperile si nu permite ca acestea sa fie schimbate arbitrar Dacă dispozitivul poate funcționa în modul de cooperare cu alte dispozitive, atunci ACPI le va pune cel mai probabil pe aceeași linie fizică Deci aproape toate dispozitivele instalate în computer pot fi pe o singură întrerupere fizică, chiar dacă există întreruperi gratuite Acest lucru duce la o anumită scădere a eficienței sistemului, dar asigură că nu există conflicte între dispozitive A doua metodă nu este să folosiți ACPI și APIC, ci să folosiți IRQ Sharing Respingerea sistemelor ACPI și APIC înseamnă că sistemul de operare știe despre prezența a doar întreruperi Sistemul de partajare IRQ va permite mai multor dispozitive să fie pe aceeași întrerupere În acest caz, puteți modifica distribuția întreruperilor la discreția utilizatorului Adevărat, computerul nu se va mai opri programatic (va trebui să fie oprit cu butonul "Power") și va refuza să accepte funcțiile de economisire a energiei A treia metodă este cea mai eficientă în ceea ce privește îmbunătățirea performanței, dar necesită un anumit efort al utilizatorului Esența metodei este respingerea completă a sistemelor ASPI și IRQ Sharing și distribuirea manuală a liniilor de întrerupere Fiecare dispozitiv trebuie să aibă o întrerupere separată și să nu se suprapună cu nimeni Dispozitivele neutilizate sunt deconectate de la liniile de întrerupere Cu această metodă, jumătate din computer poate fi "în afara", dar totul va funcționa în cel mai eficient mod SMBus Lista estimată a dispozitivelor deconectate: • Adresa portului Midi; • Port paralel integrat (dacă nu este conectată nicio imprimantă la acesta); • Port COM Onboard (dacă portul nu este utilizat); • Audio Onboard (dacă este instalată o placă de sunet separată); • Onboard LAN Control (dacă computerul nu este conectat la o rețea locală); • USB Host Controller (dacă nu există dispozitive conectate la porturile USB); • Serial ATA la bord (dacă nu există unități SATA); • ATA la bord (dacă sunt instalate unități SATA, un canal ^ poate fi dezactivat, lăsând al doilea pentru unitatea CD/DVD); • RAID la bord (dacă nu este utilizată funcția RAID) SMBus Interfața System Management Bus este o magistrală de gestionare a dispozitivelor cu două fire de viteză redusă Protocoalele SMBus se bazează pe principiile tehnologiei I C dezvoltate de Phillips Esența arhitecturii SMBus este de a determina configurația hardware fără a implica alte interfețe de magistrală Controlerul gazdă de magistrală este de obicei integrat în podul de sud LMSL De exemplu, controlerul SMBus implementat în Intel DB I/O Controller Hub (ICH ) permite trimiterea și primirea datelor de la componentele care se află pe magistrală Aceste semnale sunt utilizate exclusiv de controlerul gazdă SMBus pentru gestionarea dispozitivelor Interfața SMBus permite procesorului să comunice direct cu abonații magistralei De obicei, modulele activate Topologie SMBus Interfețe interne acceptă opt tipuri de comenzi: Comandă rapidă (comenzi rapide), Send Byte/Receive Byte (trimite/primește un octet), Write Byte/Word (scrie octet/cuvânt), Read Byte/Word (citește octet/cuvânt), Proces Caii (proceduri de apel), Block Read/Write (blocare citire/scriere) și ost Notify (notificare controler gazdă) În schimb sunt implicate două dispozitive: un master (controller gazdă) și un slave (Slave) Fiecare dintre aceste dispozitive poate acționa atât ca transmițător, plasând biți de informații pe linie, cât și ca receptor, în funcție de tipul de schimb Sincronizarea este setată de controlerul gazdă, dar linia de date este controlată la rândul său de ambele dispozitive care participă la schimb Fiecare dispozitiv slave are propria sa adresă, care este utilizată la inițializarea schimbului Protocolul I C permite mai multor dispozitive să partajeze aceeași magistrală prin detectarea coliziunilor și efectuarea arbitrajului Dacă doi transmițători încearcă să seteze niveluri logice diferite pe liniile de date, cel care a stabilit nivelul scăzut are prioritate Emițătorul monitorizează nivelurile semnalelor pe care le setează și, dacă este detectată o coliziune, refuză să transmită, deoarece conform protocolului, dispozitivul inițiază schimbul doar atunci când semnalele sunt în stare pasivă O coliziune are loc numai atunci când se face o încercare simultană de a începe un schimb, dar de îndată ce este detectat un conflict, acesta este rezolvat automat din cauza refuzului unui abonat de a transfera Interfețe externe • Bus COM • Interfață IrDA • Autobuz LPT • Autobuz USB • Autobuz FireWire • Port Bluetooth Împărțirea arhitecturii magistralei unui computer în componente externe și interne este foarte condiționată Cu toate acestea, din punct de vedere istoric, o serie de interfețe au fost considerate externe deoarece sunt concepute pentru a conecta periferice Deși nimic nu vă împiedică să utilizați SCSI sau SATA atât pentru dispozitivele externe, cât și pentru cele interne Dezvoltarea interfețelor wireless estompează în general linia dintre dispozitivele interne, externe și la distanță Autobuz COM Portul COM serial asincron (Port de comunicare) este una dintre cele mai vechi interfețe de computer personal Un computer poate avea până la patru porturi seriale (C M -C M ) cu o implementare fizică tipică a două porturi Porturile au conectori externi de tip DB P sau DB P Pentru a susține porturile, a fost folosit anterior un cip specializat UART A, încorporat în placa de sistem Controlerul COM este implementat în computerele moderne ca parte a unui cip LPC integrat sau direct în podul de sud NMSL Schimbul de magistrală se realizează conform protocolului RS- C Conform protocolului, abonații magistralei sunt împărțiți în dispozitive DTE (Data Terminal Equipment) și dispozitive DCE (Data Communication Equipment - echipamente pentru canale de date) Categoria DTE include dispozitive precum o imprimantă, un plotter, un mouse și alte periferice Modemul aparține categoriei DCE Interfețe externe Pentru a controla fluxul de date, se utilizează hardware sau software Protocolul software XON/XOFF presupune prezența unui canal de transmisie bidirecțională a datelor Când dispozitivul de recepție este pregătit să primească date, acesta trimite un caracter XON pe linie, la primirea căruia, dispozitivul opus începe transmisia Dacă dispozitivul care primește datele nu este pregătit să le primească, trimite un caracter XOFF prin legătura serială inversă Dispozitivul opus, după ce a primit acest caracter, suspendă transmisia Evident, recepția de date fără pierderi este posibilă numai dacă există un buffer în dispozitivul de recepție, al cărui volum asigură că datele sunt salvate pentru timpul de răspuns al emițătorului Pentru a implementa o magistrală COM cu un protocol software, sunt suficiente doar trei linii În cazul implementării hardware a protocolului RTS/CTS, este utilizat semnalul CTS, care vă permite să opriți transmisia de date dacă receptorul nu este pregătit pentru funcționare Transmițătorul trimite următorul octet numai când linia CTS este activată Protocolul hardware asigură că emițătorul răspunde rapid la starea receptorului Cu toate acestea, autobuzul necesită toate cele nouă linii ale specificației RS- C Tabelul Conectori și semnale RS- C Pin conector DB- S Pin conector DB- S Semnal - PG (pământ de protecție) TD (date transmise) RD (date primite) RTS (Solicitare de trimitere) CTS (gata pentru a primi date) DSR (Pregătit pentru funcționare) SG (masa circuitului) DCD (purtător detectat) DTR (pregătirea RS pentru operare) RI (indicator de apel) Busul COM folosește transmițătoare și receptoare neechilibrate: semnalul este transmis relativ la firul comun (masă) Unitatea logică corespunde nivelului de tensiune la intrarea receptorului în domeniul - -ZV) Zero logic corespunde nivelului + + V Busul nu este izolat galvanic de dispozitive, astfel încât dispozitivele trebuie conectate și deconectate atunci când sursa de alimentare este deconectată obosi Autobuz LPT Schimbul de date garantat este asigurat pe un cablu de m sau mai mult, debitul de vârf depinde de capacitățile dispozitivelor conectate la linie și ajunge la bps În prezent, interfața RS- este înlocuită cu interfața USB, iar multe plăci de bază moderne nu au un port COM Interfață IrDA Interfața în infraroșu este un caz special al magistralei COM asincrone seriale Utilizarea emițătorilor și receptoarelor din gama infraroșu permite schimbul de date între dispozitive aflate în raza vizuală la o distanță de până la câțiva metri Din , Asociația de date în infraroșu a aprobat mai multe specificații de protocol: • IrDA SIR (Slow Infra Red) - viteza de pana la , Kbps; • IrDA MIR (Middle Infra Red) - viteză de până la , Mbps; • IrDA FIR (Fast Infra Red) - viteză de până la Mbit/s; • Sharp ASK - Viteză de până la , Kbps Interfața IrDA are mai multe niveluri de implementare: fizic (IrPFFY), conexiuni (IrLAP), multiplexare canale (IgMP), control flux (TgpuTP), emulare COM bus (IgCOMM) Principiul de funcționare și protocoalele de schimb de date coincid complet cu portul de comunicație asincron, toate diferențele se reduc la implementarea fizică a autostrăzii de schimb de date La nivel fizic, semnalele optice sunt considerate de receptor ca un zero logic, perioada fără puls este considerată ca fiind una logică Semnalele sunt organizate în structuri în care fiecare octet asincron conține un bit de început, biți de date și un bit de tabel Pe plăcile de bază, portul infraroșu este de obicei configurat la portul COM În acest caz, un transceiver IR extern este montat pe partea din față a computerului Interfața IrDA este acum înlocuită cu interfața fără fir Bluetooth RF Autobuz LPT După o perioadă de existență "subterană", specificațiile portului paralel LPT (Line Printer - line printer) au fost aprobate oficial în sub numele "IEEE Std : O metodă standard pentru semnalizarea unei interfețe periferice paralele bidirecționale pentru computere personale Interfețe externe Specificația definește cinci moduri de transfer de date Fiecare mod oferă o metodă de transfer de date înainte (de la PC la periferic), invers (de la periferic la PC) sau bidirecțională (semi-duplex) Sunt definite următoarele moduri: • mod standard SPP (Standard Parallel Port); • Mod pe biți folosind linii de stare pentru transferul de date (Modul Nibble); • Mod pe biți (Bi-Directional sau PS/ Tip ); • ERR bidirectional (Enhanced Parallel Port - port paralel extins); • ESR bidirecțional (Extended Capability Port - un port cu capabilități extinse) Toate porturile paralele pot comunica bidirecțional folosind Centronics și modurile pe biți Modul Bitronics este acceptat doar de unele controlere cu porturi paralele Aceste moduri folosesc doar controlul software al transferului de date prin drivere care stabilesc starea de pregătire, verifică starea liniei, generează semnalele de control adecvate și trec la transferul de date Aceasta limitează rata efectivă de transfer de date la KB pe secundă Modurile EPP și ECP sunt acceptate de aproape toate controlerele de porturi LPT de ultimă generație Aceste moduri folosesc hardware pentru a transfera date De exemplu, în modul EPP, un octet de date este transferat cu o instrucțiune simplă OUT Controlerul I/O realizează independent operațiuni de strângere de mână și transfer de date Controlerul de interfață paralelă este un set de registre situate în spațiul standard I/O cu adrese tipice BCh, h și h Portul LPT utilizează de obicei linia de cerere de întrerupere IRQ sau IRQ Autobuzul LPT combină o linie de date de biți, o linie de semnal de stare de biți și o linie de semnal de control de biți Interfața electrică IEEE oferă niveluri de semnal de până la + , V, lungimea cablului de până la metri, utilizarea perechilor de linii cu o impedanță de ohmi, ecranare a cablului și împământare a liniei Conectorul portului este de obicei Centronics cu de pini sau DB- Ciclul de transfer de date Centronics arată astfel: • datele sunt scrise în registrul de date; • registrul de stare este citit pentru a verifica imprimanta pentru BUSY; • dacă imprimanta este inactivă, scrieți în registrul de control pentru a seta linia STROBE; Autobuz I PT • scrierea în registrul de control pentru a reseta linia STROBE; • este trimis un octet de date Astfel, sunt necesare patru operații de supraîncărcare pentru a scoate un octet de date Ca rezultat, lățimea de bandă a portului este limitată la aproximativ KB pe secundă Această viteză a fost suficientă pentru imprimantele cu matrice de puncte, dar este complet insuficientă pentru imprimantele cu laser, cu jet de cerneală, sublimare și alte imprimante moderne Conform protocolului EPP, sunt prevăzute patru tipuri de cicluri de schimb: • ciclu de înregistrare a datelor; • ciclu de citire a datelor; • ciclu de scriere a adresei; • ciclu de citire a adresei Principala caracteristică distinctivă a EPP este executarea unui transfer extern în timpul unui ciclu I/O Acest lucru vă permite să obțineți rate de schimb de până la MB/s Un avantaj important al EPP este că procesorul accesează dispozitivul periferic în timp real, fără a utiliza buffering Ciclurile de citire și scriere pot alterna aleatoriu sau pot merge în blocuri Protocolul ECP oferă două tipuri de cicluri: • cicluri de scriere și citire a datelor; • cicluri de comandă de scriere și citire Conform protocolului ECP, adaptorul gazdă efectuează compresia datelor folosind metoda RLE, tamponarea FIFO pentru canalele înainte și inversă, utilizarea canalelor DMA și I/O software Adresarea canalului ECP este utilizată pentru a adresa mai multe dispozitive logice într-un singur dispozitiv fizic De regulă, modurile de operare ale portului paralel sunt selectate prin intermediul BIOS-ului și pot fi setate în următoarele opțiuni: • SPP - mod unidirecţional controlat de program; • Bi-Directional - mod cu inversare canal; • Fast Centronics - control porturi hardware folosind buffer FIFO; • EPP - control port hardware cu prelungire a ciclului de transmisie; • ECP - controlul portului hardware folosind compresia datelor, bufferele FIFO și canalele DMA; • ECP+EPP - selectarea automată a protocolului de către dispozitiv în funcție de capacitățile acestuia În prezent, capacitățile portului LPT nu sunt în mod clar suficiente pentru a conecta imprimante de mare viteză și alte periferice Prin urmare, în unele camere de sistem moderne, portul paralel LPT nu este disponibil sau necesită instalarea unui suport special Interfețe externe Autobuz USB Universal serial bus (Universal Serial Bus) este conceput ca un mijloc de conectare a dispozitivelor periferice de diferite clase la un computer Prima specificație pentru autobuz a fost aprobată în , iar versiunea actuală a specificației este versiunea , care descrie capacitățile extinse ale autobuzului Arhitectura interfeței USB include trei categorii de componente: • comunicaţii; • dispozitive; • controlere gazdă Comunicațiile definesc topologia magistralei (modelul de conectare al controlerului gazdă și al dispozitivelor), modelul de execuție a sarcinilor în straturi, modelul de schimb de date în flux, modelul de schimb izocron și resursele magistralei partajate Categoria de dispozitive face distincție între dispozitivele hub (hub-uri), adică componentele care pot furniza puncte de conectare suplimentare și dispozitivele funcționale care reprezintă legătura finală în topologia rețelei USB Controlerul gazdă (hub rădăcină) este componenta principală a interfeței USB, oferind toate funcțiile interfeței Fie dispozitive funcționale, fie hub-uri pot fi conectate la controlerul gazdă pentru a crește numărul de porturi disponibile Este permisă organizarea a până la cinci niveluri de topologie, ceea ce oferă în total până la de abonați pe autobuz Controlerul gazdă monitorizează conectarea și deconectarea dispozitivelor, organizează fluxurile de control între dispozitivul W'/? și gazdă, organizează fluxurile de date între dispozitivul W'/? și gazdă, monitorizează starea dispozitivelor și menține statisticile de funcționare , alimentează dispozitivele conectate cu energie Multe funcții ale controlerului USB sunt atribuite sistemului de operare: adresarea și configurarea dispozitivelor, gestionarea energiei, procesele de transfer, dispozitivele de pe magistrală și magistrala în sine Un hub servește ca un distribuitor de magistrală, creând porturi suplimentare Fiecare hub are o legătură în sus, concepută pentru a se conecta la un port liber disponibil și mai multe legături în jos, la care pot fi conectate fie alte hub-uri, fie dispozitive finale Hub-ul trebuie să monitorizeze conexiunea și deconectarea dispozitivelor, notificând gazda modificărilor și să gestioneze puterea porturilor Conform specificației USB , un hub poate conține trei blocuri funcționale: un controler, un repetor și un traducător de tranzacții Controlerul este responsabil pentru conexiunile la gazdă Datoria repetorului este de a conecta intrarea și unul dintre canalele de ieșire Traducător Autobuz USB tranzacțiile erau necesare pentru a asigura compatibilitatea cu versiunile anterioare ale autobuzului Esența sa este de a asigura viteza maximă de conectare cu gazda Conectat la un port de mare viteză (USB ), un dispozitiv lent (USB ) consumă o cantitate semnificativă de resurse, comunicând cu gazda la o viteză mică Traducatorul de tranzacții tamponează cadrele care provin dintr-un port lent și apoi le transferă pe gazdă la viteză maximă și invers, tamponează cadrele primite la viteza maximă de la gazdă, apoi le transferă pe dispozitivul USB la o viteză mai mică acceptabilă pentru acesta Pe lângă ramificarea și traducerea tranzacțiilor, hub-ul trebuie să configureze porturile și să monitorizeze funcționarea corectă a dispozitivelor conectate la acestea Din punctul de vedere al controlerului USB, dispozitivul funcțional este punctul final în topologia magistralei cu care se pot face schimb de date Un dispozitiv fizic poate conține mai multe puncte Fără greșeală, dispozitivul are un punct cu numărul (pentru a monitoriza starea dispozitivului și a-l gestiona) Până când dispozitivul este configurat prin punctul , alte canale nu sunt disponibile Fiecare punct final al dispozitivului este descris de următorii parametri: • frecvența accesului autobuzului și cerințele de întârziere; • lățimea de bandă necesară; • numărul punctului final; • cerințe pentru tratarea erorilor; • dimensiunea maximă a cadrului care poate fi procesată; • metoda de transmitere a datelor; • direcția transferului de date între punctul final și gazdă Pentru dispozitivele cu viteză mică (viteză mică), este permisă încorporarea a două puncte suplimentare, pentru dispozitivele cu viteză completă (viteză completă), numărul de puncte este limitat doar de capacitățile protocolului și teoretic ajunge la pentru intrare și pentru ieșire Astfel, punctul final este un capăt mort al canalului de date logic între gazdă și dispozitiv La rândul său, un canal este o conexiune logică între o gazdă și un dispozitiv Deoarece pot exista mai multe puncte finale ale dispozitivului, schimbul de date între controlerul gazdă și dispozitivul de pe magistrală are loc în modul multicanal Lățimea de bandă a magistralei este partajată între toate canalele stabilite Autobuzul USB oferă mai multe tipuri de canale Canalele de mesaje sunt bidirecționale și sunt folosite pentru a trimite mesaje care au un format bine definit necesar pentru a asigura o identificare fiabilă Canalul este stabilit atunci când gazda trimite o solicitare către dispozitive și numai gazda controlează transmisia Canalele de mesaje sunt utilizate numai pentru transmisii de tip control Interfețe externe Canalele de flux sunt unidirecționale Spre deosebire de mesajele bine definite, acestea nu au un format anume, ceea ce înseamnă că pot fi transmise orice tip de date Aceste mesaje pot fi controlate nu numai de gazdă, ci și de dispozitiv Folosit pentru a transfera date de tipul: control, întrerupere, transfer de grup, izocron Permisele de control sunt folosite pentru a configura dispozitivele în timpul conexiunii și pentru a îndeplini alte funcții specifice, inclusiv stabilirea de noi canale Întreruperile sunt folosite pentru transferuri spontane, dar garantate, cu viteze și întârzieri garantate (de exemplu, pentru a primi date de la tastatură sau informații despre schimbarea poziției cursorului mouse-ului) Multicast este folosit pentru a garanta transferul unor volume mari de date fără nicio cerință de viteză și întârzieri Ocupă toată lățimea de bandă liberă a magistralei De obicei, astfel de transferuri sunt utilizate între imprimante, scanere, unități Transferul izocron este utilizat pentru fluxul de date în timp real Rezervă o anumită lățime de bandă a magistralei, garantând anumite cantități de întârzieri de livrare, dar nu garantează livrarea (nu are loc nicio retransmisie dacă este detectată o eroare) Acest tip de transmisie este utilizat pentru date audio și video Informațiile de pe magistrala USB sunt transmise în patru tipuri de pachete: marker, pachete de date, confirmări, speciale Schimbul de date prin magistrala USB se realizează în trei moduri de viteză: • Viteză scăzută (mod de viteză scăzută) cu un debit de până la , Mbps; • Full Speed (modul full speed) cu lățime de bandă de până la Mbps; • Viteză mare (mod de mare viteză) cu o lățime de bandă de până la Mbps Comunicarea este posibilă numai între gazdă și dispozitiv și nu este permisă direct între dispozitivele de pe magistrală Tranzacțiile pe magistrala USB constau în două până la trei acte: trimiterea unui pachet de simboluri care determină ce se va întâmpla în continuare (tipul tranzacției, adresa dispozitivului și punctul final), un pachet de date (opțional) și un pachet de stare a tranzacției (pentru a confirma funcționarea normală) sau mesaje de eroare) Canalele de comunicare fizică sunt organizate prin hub-uri și cabluri Cablul este o pereche torsadată ecranată În total, cablul USB folosește fire: două pentru transmiterea semnalului și două pentru alimentarea cu tensiune Conectorii de tip "A" și tip "B" sunt destinati conectării dispozitivelor Conectorii de tip "A" sunt utilizați pentru conectarea permanentă la dispozitive Pentru piese se folosesc conectori de tip "B" Autobuz FireWire r* Câmp de sincronizare r* Câmp de identificare r* Câmp r* Câmp canal de pachete de adrese de date Identificator de pachete de sincronizare ADOR i Date РІ РІ , РІ гРІ , РІ , РІ , РІУгРІ , Aj A, A,: A/ A, Aj • A, Dq • Dț • Dj • Dj: O ; D|; D| D; MC Cadru universal format / Microcadru Isochronus de mare viteză □□іyushaoyipshpppp Formate de cadre USB conectarea perifericelor Conector miniUSB tip "B" este conceput pentru a fi utilizat pe dispozitive mici (telefoane mobile, camere, playere) Din punct de vedere structural, conectorii sunt realizati in asa fel incat magistrala de alimentare sa fie conectata mai intai, apoi magistrala de date Interfața electrică USB utilizează semnale diferențiale, deși fiecare port are receptori de linie în plus față de receptorul diferențial Dispozitivele conectabile care consumă curent scăzut (până la mA) pot fi alimentate de la magistrala USB Pentru a crește puterea disponibilă pe magistrală, hub-urile pot fi echipate cu propria lor sursă de alimentare Formate de conector USB Autobuz FireWire Istoria oficială a interfeței seriale IEEE (cunoscută și ca EireWire sau i-Link) a început odată cu aprobarea din decembrie a documentului care descrie specificația a Apple a jucat un rol principal în dezvoltarea standardului Interfețe externe Paradise a făcut imediat un pariu pe utilizarea acestei interfețe în computerele lor Interfața IEEE a fost foarte susținută de industria de electronice de larg consum, care a introdus-o în camerele video de amatori în format DV În , a fost lansată versiunea de protocol a- , iar în a fost aprobată versiunea b Arhitectura interfeței IEEE este împărțită în mai multe straturi La nivelul fizic (Physical Layer) sunt implementate componentele hardware responsabile pentru interfața electrică și controlul canalului fizic La acest nivel este furnizată interfața și sunt organizate următoarele procese: • interfata media (Media Interface), responsabila de starea semnalului transmis prin cabluri; • dispozitive de arbitraj (Arbitraj); • codificare/decodare (Encode/Decode), adică conversia datelor în semnale electrice și invers Un strat deasupra stratului fizic este Stratul Link Pachetele de date gata făcute sunt procesate aici Acest nivel este responsabil pentru transferul de date și asigură următoarele procese: • recepția pachetelor (Packet Receiver); • transmisie de pachete (Packet Transmitter); • controlul ciclurilor (Cycle Control), care includ pachete Straturile fizice și de legătură sunt implementate în hardware Ei sunt pe deplin responsabili pentru formarea unui semnal din date, formarea datelor dintr-un semnal, primirea/transmiterea la momentul potrivit și la locul potrivit În principiu, primele două niveluri sunt suficiente pentru organizarea unei transmisii sincrone, atunci când nu este necesară controlul conținutului transmisiei În cazul transmisiei asincrone, straturi suplimentare trebuie conectate la lucru La nivelul de rețea (Transaction Layer), datele primite sunt verificate Dacă nu sunt găsite erori (pachetele nu se pierd și integritatea lor este confirmată), datele sunt trimise consumatorului Dacă este detectată o eroare, aceasta revine la nivelul fizic și retransmite Oricare două dispozitive de pe magistrala LEEE formează o conexiune punct la punct În plus, interfața vă permite să combinați multe dintre aceste dispozitive și conexiuni într-o singură rețea logică Pentru a face acest lucru, la nivelul fizic (stratul fizic) este permis să aveți mai mult de o interfață fizică pe un dispozitiv Funcționarea interfeței începe întotdeauna cu trecerea semnalului de resetare Motivul pentru resetare poate fi o pornire sau o modificare fizică a configurației rețelei (conectat un dispozitiv nou) Autobuz FireWire stvo sau oprit-o pe cea veche) Cu o resetare a magistralei, începe procesul de inițializare a rețelei Configurația formată după inițializare rămâne neschimbată până la următoarea resetare a magistralei Următorul pas este identificarea arborelui (Tree ident-iflcation) Fiecare dispozitiv, după pornire, verifică câte porturi conectate are - unul (frunză) sau mai multe (ramură) Apoi sunt determinate dispozitivele părinte (părinte) și copil (copil) (care este conectat la care) Pe baza acestor date, se construiește un arbore și se determină dispozitivul rădăcină pentru întreg arborele Mai mult, fiecare dintre dispozitive primește propriul nod ID în interiorul arborelui și află cu ce viteze pot funcționa vecinii săi, adică are loc auto-identificarea (identificarea Seif) Pentru adresare se folosește o metodă de adresare directă pe de biți ( de biți per nod, restul de biți sunt utilizați pentru identificarea magistralei), care permite adresarea ierarhică pentru de noduri pe de magistrale Singura limitare este că nu ar trebui să existe mai mult de segmente între două dispozitive care comunică Odată ce inițializarea rețelei este completă, începe arbitrajul normal: dispozitivele comunică, iar dispozitivul rădăcină se asigură că nu interferează unul cu celălalt Un dispozitiv care dorește să înceapă o transmisie trimite mai întâi o solicitare către dispozitivul părinte Dispozitivul părinte, după ce a primit cererea, interzice transmiterea către toți ceilalți abonați copii (se procesează o singură cerere la un moment dat) și, la rândul său, transmite cererea în continuare, către dispozitivul său părinte, unde totul se repetă Ca urmare, cererea ajunge la dispozitivul rădăcină, ceea ce permite transmiterea către dispozitivul al cărui Inițializarea rețelei Arbitrajul în rețea Principiul de funcționare al rețelei IEEE Interfețe externe cererea a venit pe primul loc Toate celelalte transferuri sunt interzise Astfel, dacă două dispozitive trimit o solicitare de date în același timp, răspunsul va depinde de a cui cerere ajunge prima la dispozitivul rădăcină Câștigă arbitrajul și primește dreptul de a începe transferul Dispozitivul care pierde, neavând permisiunea de a transmite, este forțat să aștepte până când autobuzul este liber Procesul de arbitraj are loc la nivelul fizic După ce se primește permisiunea de a transmite date, intră în joc stratul de canal (stratul Ііпк) Transmiterea datelor începe cu o solicitare de pregătire a dispozitivului receptor După ce a primit confirmarea pregătirii, emițătorul începe să transmită Datele vin în pachete separate prin goluri Un pachet de date tipic conține de biți sau de biți, dintre care de biți sunt anteturi Astfel, eficiența globală (adică ponderea datelor utile) este destul de mare Antetul pachetului conține informații despre expeditor, destinatar și CRC După pachet există un mic interval (acknowledge gap), după care receptorul trebuie să trimită un bloc de date de biți care confirmă că pachetul a fost primit intact (ask packet) Urmează apoi un interval mai lung de separare a pachetelor (decalaj de subacțiune) Apoi ciclul se repetă: pachet, confirmare cadou, confirmare octet (ask), decalaj de subacțiune Pentru a exclude ocuparea exclusivă a autobuzului de către un dispozitiv, sunt introduse intervale speciale (interval de corectitudine), în care orice dispozitiv din magistrală are posibilitatea de a-și transmite datele După ce se acordă o subvenție (arbitraj câștigat) și o bucată de date a fost transmisă, dispozitivul trebuie să aștepte să înceapă următorul ciclu înainte de a avea din nou șansa de a trimite următoarea bucată de date Intervalul de corectitudine se termină cu așa-numitul decalaj de resetare, care este mai lung decât intervalul de subacțiune și determină resetarea arbitrajului întregului magistral Specificația b folosește o nouă metodă de arbitrare numită BOSS (Bus Ovmer/Supervisor/Selector) Dar această metodă de arbitraj poate funcționa doar într-un mediu b Dacă rețeaua are cel puțin Cablu de interfață și conector IEEE a Autobuz FireWire Diagrama funcțională a nodului de rețea IEEE un dispozitiv vechi, vechea metodă va fi folosită pentru arbitraj Principiul de funcționare al BOSS este extrem de simplu: dispozitivul către care doriți să trimiteți date trimite în mod constant solicitări Ca urmare, atunci când un dispozitiv finalizează transmisia, dispozitivul în așteptare este primul care trimite o solicitare și primește drepturi BOSS Aceste drepturi înseamnă că, în timp ce dispozitivul transmite date, acesta controlează magistrala Odată ce transferul este finalizat, dispozitivul rămâne cu drepturi BOSS până când altcineva trimite o cerere de transfer Odată ce o solicitare este trimisă, dispozitivul care a trimis-o dobândește drepturi BOSS Autobuzul IEEE a în modul normal are un debit teoretic de , Mbps În poarta ascendentă și descendentă în modul comun, datele sunt transmise de ori în fiecare ciclu de ceas, adică debitul ajunge la Mbps Specificația b prevede o creștere a lățimii de bandă de până la Mbps Interfețe externe Interfața electrică IEEE este proiectată pentru rate mari de transfer de date și pentru conectarea consumatorilor puternici Într-un cablu, datele sunt transmise prin două perechi răsucite, fiecare ecranată individual Pentru fiabilitate, întregul cablu este ecranat suplimentar Pe lângă două perechi de semnale, cablul are două fire de alimentare care pot furniza oricărui dispozitiv extern un curent de până la , A și o tensiune de până la V Pe conector, toate contactele sunt scoase la mijloc, iar în exterior sunt protejate de un contur gros de plastic dur Conectorul i-Link folosește un conector cu patru pini care nu are linii de alimentare Specificația b descrie un nou tip de conector care îndeplinește cerințele actuale În general, se poate recunoaște că interfața IEEE și-a ocupat ferm nișa în domeniul tehnologiei informatice, în special în domeniile profesionale: procesare video, scanere, echipamente foto digitale, unități externe și alte dispozitive care necesită lățimea de bandă a magistralei și parametrii de alimentare Cu toate acestea, HMSL-urile cu o interfață FireWire încorporată sunt foarte rare De obicei, interfața este implementată pe plăcile de bază folosind cipuri separate sau plăci de expansiune Port Bluetooth Interfața Bluetooth (în traducere directă - "Blue-toothed", porecla regelui Harald, care a unit Danemarca și Norvegia în secolul al X-lea) a fost prima interfață wireless care a devenit mai mult sau mai puțin răspândită în computerele personale S-a dovedit a fi convenabil pentru conectarea perifericelor cu cerințe scăzute pentru viteza de schimb de date (tastatură, mouse), precum și dispozitive externe "aproape de computer", cum ar fi PDA-uri sau telefoane mobile Dezvoltarea interfeței a început în de către consorțiul Bluetooth Special Interest Group Promoters format din Nokia, Ericsson, IBM, Intel și Toshiba Până în prezent, consorțiul a aprobat specificațiile B ( ) și EDR ( ) În conformitate cu prima versiune a specificației, lățimea de bandă a canalului Bluetooth în modul asincron nu depășește Kbps, iar în modul sincron este și mai mică - aproximativ Kbps Astfel de indicatori sunt considerați puțini pentru rețelele locale, dar sunt destul de suficienti pentru periferice cu viteză redusă Versiunea Bluetooth EDR oferă un debit de până la Mbps, care este exact același cu prima versiune a magistralei USB După cum arată practica, un canal de Mbit/s este deja suficient pentru a întreține imprimante, scanere și camere de uz casnic Port Bluetooth Pe langa faptul ca ofera rate mai mari de transfer de date, Bluetooth are o serie de alte imbunatatiri: capacitatea de a lucra intr-un canal de banda ingusta fara comutare (acum Bluetooth ycmpoii functioneaza intr-o retea de frecventa de , GHz); introducerea modului "supervizor", care se ocupă de distribuirea funcțiilor de rețea; extinderea zonei de acoperire Bluetooth peste metri (cu toate acestea, consumul de energie este dublat în acest caz); introducerea unui protocol L/LS distribuit Un dispozitiv Bluetooth tipic fizic este un transceiver care funcționează în intervalul de frecvență - , MHz Aceste frecvențe sunt fără licență în majoritatea țărilor lumii Spectrul de frecvențe utilizate este determinat de capabilitățile Bluetooth pentru transmiterea datelor Lățimea canalului este de , Kbps în modul asincron sau , Kbps în modul complet sincron În loc de date, până la trei canale audio pot fi transmise printr-o conexiune Bluetooth Fiecare dintre canalele audio acceptă Kbps în ambele direcții În plus, este posibilă transmisia combinată de date și voce Distanța la care este posibilă o conexiune Bluetooth este scurtă și variază de la la de metri în condiții ideale Prezența pereților din beton armat și a altor obstacole reduce dramatic posibilitatea de comunicare Caracteristica principală a interfeței Bluetooth este că diverse dispozitive se conectează între ele automat, de îndată ce sunt în raza de acțiune unul de celălalt Odată aflate în apropiere, dispozitivele Bluetooth pot stabili nu numai conexiuni punct-la-punct, când canalul este format din două dispozitive, ci și punct-la-multipunct, când un dispozitiv funcționează simultan cu mai multe altele În mod tradițional, un dispozitiv care servește mai multe conexiuni se numește Mașter (master) și dispozitivele conectate Slave (slave) La un master pot fi conectate până la șapte slave Această topologie de rețea se numește Piconet Topologia rețelelor Bluetooth Interfețe externe Banda de frecventa * * eu~~| - pachete cu lungime de la la sloturi Tehnologia de schimbare a frecvenței Bluetooth Poate exista un singur dispozitiv master într-un piconet, cu toate acestea, fiecare dispozitiv slave poate fi simultan un master pentru alte dispozitive și poate forma propriul său piconet Mai multe piconeți combinate în acest fel formează un Scattemet Cu toate acestea, o "cădere" a unui dispozitiv principal (oprire, în afara razei de acoperire, defecțiune) face ca întregul piconet sau Scattemet să cadă Condiția prealabilă pentru combinarea piconeților într-o rețea Scattemet este utilizarea diferitelor canale de comunicație, adică funcționarea la frecvențe diferite și cu diferiți parametri de canal Hopping Hopping este o tehnologie pentru schimbarea regulată a frecvențelor, determinată de parametrii secvenței Hopping Specificația prevede algoritmi de secvență Hopping diferiți Tehnologia Hopping este concepută pentru a combate atenuarea semnalului radio și interferența canalelor adiacente Stabilirea automată a unei conexiuni între dispozitivele Bluetooth din raza de acțiune începe cu căutarea altor dispozitive (Descoperire dispozitiv) Pentru a face acest lucru, se trimite o solicitare, iar răspunsul la aceasta depinde nu numai de prezența dispozitivelor Bluetooth active în raza de comunicare, ci și de modul în care se află aceste dispozitive În această etapă, există trei moduri principale de funcționare a abonaților rețelei: • Modul descoperibil Dispozitivele în acest mod răspund întotdeauna la toate solicitările pe care le primesc; • Mod de descoperire limitat În acest mod, există dispozitive care pot răspunde cererilor doar pentru un timp limitat sau trebuie să răspundă doar în anumite condiții; • Modul nedescoperibil Dispozitivele din acest mod nu răspund la noile solicitări Port Bluetooth Dacă procesul de descoperire a abonaților a decurs bine, atunci noul dispozitiv Bluetooth obține un set de adrese ale dispozitivelor disponibile, iar acesta este urmat de operațiunea de descoperire a căii dispozitivului, când noul dispozitiv află numele tuturor dispozitivelor Bluetooth disponibile în rețea Fiecare dispozitiv Bluetooth trebuie să aibă propria sa adresă unică, dar la nivel de utilizator este obișnuit să se folosească numele dispozitivului, care nu trebuie să fie unic O altă caracteristică importantă a interfeței Bluetooth este conectarea automată a dispozitivelor Bluetooth la serviciile furnizate de alte dispozitive Prin urmare, după aflarea listei de nume și adrese, se face o căutare a serviciilor disponibile furnizate de abonații rețelei Primirea sau furnizarea oricăror servicii are loc conform Protocolului de descoperire a serviciilor (SDP) Având în vedere deschiderea rețelei, se acordă o anumită atenție tehnologiei de protecție a datelor transmise în interfața Bluetooth În funcție de sarcinile efectuate, există trei moduri de protecție: • Modul de securitate (nesecurizat), când dispozitivul nu poate iniția independent proceduri de securitate; • Modul de securitate (securitate impusă la nivel de serviciu), când dispozitivul nu inițiază proceduri de securitate până când este stabilită și configurată o conexiune Odată stabilită o conexiune, sunt necesare proceduri de securitate și sunt determinate de tipul și cerințele serviciilor utilizate; • Modul de securitate (securitate impusă la nivel de legătură), când procedurile de securitate sunt inițiate în timpul stabilirii și configurării conexiunii Dacă dispozitivul la distanță nu îndeplinește cerințele de securitate, atunci conexiunea nu este stabilită Baza sistemului de securitate al interfeței Bluetooth este cheia de sesiune (Bond) Cheia de sesiune este generată în timpul conectării a două dispozitive și este utilizată pentru a identifica și cripta datele transmise Pentru a genera cheia, sunt utilizați o varietate de parametri, de la valori cunoscute în prealabil de ambele dispozitive, până la adresele fizice ale dispozitivelor Prin combinarea securității la nivel de conexiune cu securitatea la nivel de aplicație, conexiunile securizate pot fi obținute cu suficientă rezistență Odată ce o conexiune este stabilită, canalul poate fi utilizat pentru o varietate de scopuri pe baza unui set de protocoale subiacente Se bazează pe protocolul protocolului de bandă de bază a stratului fizic, ai cărui parametri sunt determinați de caracteristicile fizice ale canalului radio Stratul de conexiune logică folosește protocolul de control și adaptare a legăturii logice (L CAP), care funcționează numai cu conexiuni asincrone Sunt utilizate alte protocoale și servicii de nivel superior Interfețe externe utilizați L CAP ca protocol de transport L CAP determină cărui protocol sau serviciu îi aparține pachetul transmis, ceea ce asigură că pachetul este livrat abonatului corect În plus față de L CAP, protocolul de gestionare a legăturii (LMP) și canalele de voce utilizate pentru a transmite informații audio în modul sincron funcționează la nivel de canal LMP se referă la protocoale de servicii care servesc configurarea caracteristicilor fizice ale canalului, servicii de securitate și nevoi similare Nivelurile superioare folosesc drivere și aplicații standard ale sistemului de operare Adică, în aplicații, dispozitivele și rețeaua Bluetooth sunt vizibile ca componente și servicii de rețea normale GRAFIC SISTEM Tehnologii grafice • Placa video • Interfeţe software • Transportor D • Tehnologii grafice D Sistemul grafic al unui computer personal include mijloace pentru lucrul cu imagini video Componentele obligatorii ale unui sistem grafic sunt o placă video și un monitor, precum și interfețele care le deservesc Componentele suplimentare sunt adesea un tuner de televiziune, card de captură video, proiector și alte dispozitive placa video Etapa inițială de dezvoltare a computerelor este caracterizată prin absența dispozitivelor interactive de afișare a informațiilor Apoi rezultatele calculelor au fost obținute sub formă de găuri într-un card perforat sau imprimate pe hârtie În , computerul American Whirlwind a primit pentru prima dată în lume un dispozitiv interactiv de ieșire a informațiilor - un "pistol ușor", adică un tub catodic care permite operatorului să citească datele direct de pe ecran La mijlocul anilor , a început o perioadă de dezvoltare rapidă a graficii pe computer În , sub conducerea lui Tirber Moffett și Norman Taylor, Itek a dezvoltat o mașină electronică digitală de desen În același an, General Motors a introdus sistemul de proiectare asistată de computer DAC- , dezvoltat în comun cu IBM La sfârșitul anilor , au apărut primele afișaje raster, care au făcut posibilă afișarea unei imagini color Formarea imaginii a fost realizată de dispozitive speciale - adaptoare video Funcția principală a unui adaptor video este de a converti semnalul digital al unui computer în semnale electrice analogice pentru monitor Un eveniment semnificativ în dezvoltarea subsistemului grafic a fost placa video crearea în de către Apple a computerului personal Apple-U, care are un adaptor grafic și un monitor color În , computerul personal Apple Macintosh a primit un sistem de operare cu o interfață grafică pentru utilizator Deși PC-urile au fost folosite inițial pentru procesoare de text și foi de calcul, mai degrabă decât pentru aplicații grafice, până la sfârșitul anilor , software-ul era disponibil pentru toate domeniile graficii pe computer, de la jocuri la editori de grafică până la publishing desktop Acceleratoare grafice Dezvoltarea și introducerea rapidă a interfeței grafice de utilizator a sistemelor de operare, a aplicațiilor și a programelor de jocuri ca standard de facto a devenit un stimulent pentru dezvoltarea unei noi generații de adaptoare video, care sunt denumite în mod obișnuit "acceleratoare grafice" De obicei, acest concept înseamnă că multe funcții grafice sunt realizate în adaptorul video însuși la nivel hardware, ceea ce eliberează resursele CPU pentru alte sarcini Deoarece aceste funcții sunt asociate cu desenarea primitivelor grafice (linii, arce, cercuri și alte figuri), colorarea părților imaginii, adică procesarea graficelor "plate" în două dimensiuni, astfel de acceleratoare au fost desemnate de adaptoare video Accelerator grafic modern cu GPU Tehnologii grafice Acceleratoarele tridimensionale (^-adaptoare video) din categoria hardware-ului profesional exotic s-au mutat în sectorul de masă datorită noilor programe, în primul rând cele de jocuri, care au necesitat calculul și construirea proiecțiilor de obiecte tridimensionale (volumice) pe monitor ecran în timp real La început, acceleratoarele D au fost produse ca plăci de expansiune separate (aici monopolistul real a fost acceleratorul grafic Voodoo Graphics de la Dfic), care a funcționat în paralel cu adaptorul video ^^ Dispozitive combinate D/ D sunt acum produse, implementate într-un singur cip sau pe o singură placă de accelerație video Dispozitiv adaptor video Din punct de vedere funcțional, adaptorul video este format din mai multe blocuri: • procesor grafic; • BIOS video; • memorie video; • convertor digital-analogic (RAMDAC) și ieșire video digitală TMDS+DVI; • interfeţe pentru interfaţarea cu chipset-ul plăcii de sistem; • elemente analogice GPU Primele plăci video de computer aveau doar un frame buffer: imaginea era formată de procesorul central și software-ul computerului, iar cardul era responsabil pentru stocarea cadrelor într-un buffer de memorie și afișarea lor pe monitor Cu toate acestea, creșterea cerințelor de calitate a imaginii a dus la crearea unui procesor specializat care se ocupă exclusiv de calculul și formarea imaginii, eliberând procesorul central de aceste sarcini GPU-urile de astăzi sunt la fel de complexe ca procesoarele și, mai mult, în multe cazuri folosesc tehnologii care sunt înaintea celor utilizate în procesoare Ca și procesoarele centrale, procesoarele grafice se caracterizează prin arhitectura lor internă, frecvența de funcționare a nucleului grafic și standardele tehnologice după care este fabricat microcircuitul Mai multe detalii despre dispozitiv și funcționarea GPU-ului sunt descrise mai jos BIOS video Cipul BIOS instalat pe placa adaptorului video stochează programe care asigură inițializarea plăcii video, suport pentru cea mai simplă interfață de utilizator (de exemplu, fonturi pentru DOS-pe-press), componente de bază ale driverului și alte elemente necesare placa video memorie video Un rol important în îmbunătățirea performanței unui adaptor video îl joacă caracteristicile memoriei video, determinate de tipul acesteia, frecvența de funcționare, întârzieri și lățimea magistralei de memorie Procesorul central al computerului trimite date în memoria video, iar procesorul grafic al plăcii video citește informații de acolo În plus, memoria video stochează frame-buffer-ul și datele intermediare necesare GPU-ului Plăcile video moderne din categoria High-End sunt echipate cu memorie Graphics DDR de până la MB, cu o frecvență de operare de până la MHz, cu o lățime a magistralei de - biți Întârzierile medii ale memoriei video DDR pe plăcile video mainstream sunt de aproximativ ns, în timp ce pentru cele mai bune mostre ajung la , ns Cantitatea de memorie video instalată pe card este importantă în primul rând pentru procesarea imaginilor D cu texturi de înaltă rezoluție la o adâncime mare de culoare La urma urmei, MB de memorie video sunt suficiente pentru grafica plată, ceea ce asigură funcționarea cu o rezoluție de x pixeli cu culoare pe de biți Cu toate acestea, MB nu vor fi suficiente pentru a afișa imagini tridimensionale la aceeași rezoluție, deoarece în memoria video este încărcată o cantitate imensă de informații suplimentare, în primul rând texturi RAMDAC Procesorul grafic, după ce a primit informații despre imagine din memoria video, o prelucrează și o transferă fie la un convertor digital-analogic (RAMDAC) pentru ieșire pe un monitor analog, fie la un cip de generare a semnalului digital TDMS (și prin la o ieșire video digitală DVI) pentru ieșire către un monitor digital Structura hardware a RAMDAC este descrisă practic în numele său, unde RAM este Random Access Memory (memorie cu acces aleatoriu), iar DAC este Digital to Analog Converter (convertor digital-analogic) Memoria din modulele RAMDAC este construită pe elemente statice, prin urmare, din punct de vedere al vitezei, corespunde aproximativ cu memoria cache a procesoarelor DAC-ul combină de fapt trei canale paralele, câte unul pentru fiecare culoare Unul dintre primele RAMDAC a fost dezvoltat de IBM în și a furnizat imagini cu o rezoluție de x pixeli cu o gamă de culori de biți De atunci, circuitele RAMDAC s-au dezvoltat rapid, iar astăzi RAMDAC este considerat standard, oferind o rezoluție de cel puțin x pixeli cu culoare pe de biți la o frecvență de Hz sau mai mult Cerința de a accepta modul Direct Color, adică accesul direct la elementele DAC, a devenit obligatorie Acest lucru vă permite să creați tabele independente pentru fiecare dintre cele trei culori primare și, astfel, să compensați distorsiunile de culoare introduse de electronica monitorului Acest efect de "editare" a culorii se numește corecție gamma Tehnologii grafice Calitatea imaginii rezultate depinde într-o măsură decisivă de caracteristicile RAMDAC precum frecvența acestuia, adâncimea de biți, timpul de comutare de la negru la alb și invers, versiunea (externă sau internă) Frecvența RAMDAC indică ce rezoluție maximă la ce rata de cadre poate suporta adaptorul video De exemplu, cu o rezoluție de x pixeli și o frecvență de cadre de Hz, este necesar să afișați un singur pixel (ținând cont de timpul de întoarcere a fasciculului pe orizontală și verticală) în aproximativ ns Prin urmare, în acest mod, RAMDAC-ul trebuie să mențină o frecvență naturală de aproximativ MHz RAMDAC cu o frecvență de cel puțin MHz poate fi considerat modern Adâncimea de biți a RAMDAC indică câte culori poate reproduce adaptorul video Majoritatea circuitelor integrate acceptă biți pe canal de culoare, ceea ce oferă aproximativ , milioane de culori Datorită corecției gama, spațiul de culoare original este extins și mai mult Recent, RAMDAC-urile au apărut cu o adâncime de biți de biți pe canal, acoperind mai mult de un miliard de culori Parametrul RAMDAC neanunțat (și adesea oprit de producători) este timpul de comutare (Slew Rate) Acesta este timpul în care fasciculul de electroni al pistolului kinescopului pornește, atinge luminozitatea maximă pe un singur pixel și se oprește (trecerea unui semnal negru la alb - pixel alb pe fundal negru) și invers (pixel negru pe un alb) fundal) Când setați parametrii monitorului la modul de înaltă rezoluție la o rată de cadre ridicată, se întâmplă ca fasciculul care nu s-a stins complet este deja transferat la următorul pixel (sau fasciculul care nu a atins luminozitatea necesară sări mai departe) Drept urmare, pixelul vecin este deja implicat, iar cel anterior nu s-a "răcit" încă, așa că culoarea sa este, așa cum ar fi, mânjită pe elementele învecinate Un astfel de efect cu mâna ușoară a cuiva a fost numit "blurring" și, din păcate, apare destul de des În același timp, un RAMDAC cu o frecvență mai mică poate avea un parametru Slew Rate mai bun decât omologii săi de înaltă frecvență Ar trebui să acordați atenție modului în care este realizat modulul RAMDAC pe placa video - intern sau extern De obicei, în produsele de masă, este combinat pe un singur cip cu un controler video Este clar că vecinătatea cu alte circuite de lucru intens ale cristalului nu este benefică și afectează stabilitatea RAMDAC-ului, inclusiv Slew Rate Multe plăci video moderne acceptă funcționarea simultană cu două monitoare, astfel încât două RAMDAC-uri și, în consecință, doi conectori de monitor sunt instalați în astfel de plăci placa video Marea majoritate a plăcilor video au și o ieșire TV (TV-Out), care vă permite să vizualizați programe multimedia sau filme pe un ecran de televizor Semnalul de televiziune este de obicei format dintr-un microcircuit specializat separat care primește date de la RAMDAC Avantajul interfeței digitale față de RAMDAC constă într-un singur lucru: atunci când imaginea este scoasă, conversiile digital-analogice ale semnalului digital inițial nu sunt efectuate, ceea ce oferă, teoretic, o calitate mai bună În practică, diferența este imperceptibilă: adaptoarele video moderne produc o imagine ideală atât pentru dispozitivele analogice, cât și pentru cele digitale Interfață Interfața plăcii video asigură interfața cu alte componente ale computerului Inițial, magistrala ISA a fost folosită pentru a instala adaptorul video, ceva mai târziu magistrala specializată VESA Local Bus (VLB), iar mai târziu magistrala PCI universală Creșterea performanței adaptoarelor video a necesitat dezvoltarea și implementarea unei interfețe AGP specializate (Accelerated Graphic Port - un port grafic accelerat), care a asigurat acces prioritar adaptorului video la memoria sistemului și o lățime de bandă maximă a magistralei de MB/s ( versiunea AGP X) Următoarea etapă în dezvoltarea adaptoarelor video a fost trecerea la o interfață serială PCI Express În prezent, versiunea PCI Express xb este utilizată pentru a conecta plăci grafice cu o lățime de bandă maximă a magistralei de MB/s în ambele direcții Elemente analogice Componentele analogice ale plăcii video asigură o alimentare stabilă microcircuitelor și formarea de semnale de forma dorită la ieșirile analogice (la monitor și TV) Plăcile video de înaltă performanță consumă multă putere, adesea mai mult de W (puterea maximă suportată de interfața PCIExpress) Circuitele de alimentare ale magistralei AGP sau ale magistralei PCIExpress nu pot furniza o astfel de putere Prin urmare, plăcile video de înaltă performanță sunt adesea echipate cu un conector suplimentar care se conectează direct la sursa de alimentare a computerului Semnalele analogice de la ieșirile către monitor și TV necesită potrivirea capacității și rezistenței cu receptorii, precum și protecție împotriva interferențelor Pentru a face acest lucru, a calculat cu atenție L S - c e p și Calitatea semnalelor de ieșire ale unei plăci video este în mare măsură determinată de calitatea componentelor analogice utilizate, de excelența tehnologică a plăcii de circuit imprimat și de metodele de lipire a elementelor Tehnologii grafice TehnologieZi Abrevierea SLI înseamnă Scalable Link Interface (Scalable Link Interface) Tehnologia nVidia SLI necesită două plăci video identice cu suport SLI, o placă de bază care acceptă și SLI, un adaptor MIO care conectează plăcile video și o versiune adecvată a driverului ForceWare La momentul redactării acestui articol, tehnologia SLI era susținută de plăcile video din familiile nVidia GeForce și GT și plăcile de bază cu chipset-uri nVidia nForce SLI (pentru procesoarele AMD Athlon ), Intel (pentru procesoarele Cheop) și nForce SLI Intel Edition (pentru procesoarele AMD Athlon ) procesoare Pentium ) Tehnologia SLI acceptă două moduri de funcționare pentru o pereche de plăci video: Split Frame Rendering (SFR) și Alternate Frame Rendering (AFR) Pentru a rula jocuri mai vechi, există un mod de compatibilitate atunci când este utilizată o singură placă grafică În modul Split Frame Rendering (SFR), cadrul este împărțit în două părți, fiecare dintre acestea fiind redată de un adaptor video separat În acest caz, cadrul este împărțit dinamic în funcție de complexitatea scenei Acest mod vă permite să obțineți performanță maximă, deoarece sarcina de pe fiecare card este distribuită uniform Metoda de separare se numește Redare multiplă simetrică cu echilibrare dinamică a sarcinii (SMR), adică redare multiplă simetrică cu echilibrare dinamică a sarcinii În modul Alternate Frame Rendering (AFR), cadrele sunt redate alternativ de către fiecare adaptor video Ținând cont de lățimea de bandă mare a interfeței PCIExpress, a fost posibil să se restricționeze transferul de date prin această magistrală, totuși, pentru a minimiza posibilele întârzieri, plăcile video UTT sunt echipate cu o interfață MIO Când plăcile sunt instalate pe o placă de bază echipată cu două sloturi PCI Express xb, acestea trebuie să fie conectate cu un adaptor special - o placă mică de textolit echipată cu doi conectori de tip corespunzător Pentru a activa modul SLI și funcționarea corectă a acestuia, sunt necesare două condiții: ambele sloturi PCIExpress хіб trebuie să accepte configurația " linii + linii" sau configurația " linii + linii"; Chipsetul trebuie să fie suportat de driverele ForceWare În cazul unei lansări reușite, GBP/configurație demonstrează o creștere a performanței în unele jocuri de până la % Interfețe software Întrucât inima unui adaptor video modern este un procesor grafic care are propriul sistem de comandă, utilizarea eficientă a capabilităților unui accelerator ZL implică înțelegerea acestor Interfețe software sisteme de comandă pentru programe de aplicație Cu toate acestea, cu o gamă largă de procesoare grafice, este imposibil să scrieți un program care să funcționeze la fel de eficient cu orice set de instrucțiuni al oricărui procesor grafic Prin urmare, atât dezvoltatorii de programe, cât și creatorii de GPU au nevoie de o "shim" universală care oferă conversia solicitărilor de program într-o secvență de comenzi ale unui accelerator D și implementarea software a blocurilor hardware care lipsesc într-un GPU Rolul unei astfel de "fâșii" este jucat de biblioteci specializate de aplicații software, sau de interfețe de programare a aplicațiilor (API - Application Program Interface) Utilizarea API-ului permite dezvoltatorilor de software să le facă universale, făcând abstracție de la comenzile de nivel scăzut ale unui anumit GPU În prezent, marea majoritate a aplicațiilor care funcționează cu obiecte tridimensionale se bazează pe una dintre cele două biblioteci tipice - OpenGL sau DirectX OpenGL În , Silicon Graphics în stația de lucru Silicon IRIS a implementat o conductă de randare bazată pe setul de instrucțiuni ale bibliotecii grafice IRIS GL Pe baza bibliotecii IRIS GL, în , a fost dezvoltat și aprobat standardul grafic OpenGL (OpenGL Graphics Library - o bibliotecă grafică deschisă) Programele scrise cu OpenGL pot fi portate pe aproape orice platformă, fie că este vorba de un computer personal sau de o stație grafică, obținând în același timp același rezultat Setul de bază al OpenGL include aproximativ de comenzi diferite, cu ajutorul cărora implementează principalele funcții: definirea obiectelor, specificarea locației acestora în spațiul tridimensional, setarea altor parametri (rotație, scară), modificarea proprietăților obiectului (culoare, textură) , material), poziţia observatorului Bibliotecile (extensiile) suplimentare OpenGL implementează funcții care nu se găsesc în biblioteca standard De exemplu, biblioteca GLAUX a fost dezvoltată de Microsoft pentru utilizarea OpenGL în mediul de operare Windows Dezvoltatorii de adaptoare video își creează propriile extensii OpenGL care țin cont de capacitățile unui anumit GPU DirectX Până când DirectX API a existat în natură, majoritatea programelor de grafică pentru computerele personale funcționau sub sistemul de operare MS-DOS sau direct cu o placă video Dezvoltatori Tehnologii grafice inginerii de software au fost nevoiți să creeze drivere diferite pentru fiecare tip de adaptoare video, joystick-uri, plăci de sunet În , Microsoft a introdus prima versiune a bibliotecii DirectX (numită atunci Game SDK) În , a fost lansată a noua versiune de DirectX (de fapt, au fost lansate opt versiuni, din anumite motive Microsoft a sărit peste a patra versiune) DirectX este un standard corporativ, toate drepturile rezervate de Microsoft Și numai Microsoft stabilește ce să includă în următoarea versiune a API-ului și ce propuneri să ignore O astfel de abordare dictatorială a făcut posibilă aducerea rapidă a jocurilor și a procesoarelor grafice la un "numitor comun" și a salvat utilizatorii de majoritatea problemelor legate de compatibilitatea software și hardware Recent, atât programele, cât și adaptoarele video au fost chiar împărțite în generații în funcție de versiunile acceptate de DirectX API DirectX este destinat pentru: • programarea graficelor bidimensionale (modul DirectDraw); • realizarea de grafice tridimensionale (modul Direct D); • lucrul cu sunete și muzică (module DirectSound și DirectMusic); • suport pentru dispozitive de intrare (modul DirectInput); • dezvoltarea de jocuri de rețea (modul DirectPlay) Astfel, DirectX este un set de mai multe API-uri relativ independente care permit dezvoltatorilor de jocuri și alte aplicații interactive să acceseze caracteristici hardware specifice fără a fi nevoie să scrie cod specific hardware-ului DirectX se bazează pe un set de interfețe Component Object Model (model component obiect), iar obiectele COM pot fi descrise de aproape orice limbaj de programare, cum ar fi C/C++, Delphi și chiar Basic Popularitatea DirectX provine din capacitatea sa de a satisface toate nevoile dezvoltatorilor de jocuri și hardware, de la grafica D și intrarea interfeței cu utilizatorul până la suport pentru lumile virtuale în rețea Perspective pentru dezvoltarea API Una dintre principalele probleme ale API-urilor moderne este performanța scăzută a schimbării diferitelor stări (instalarea de noi texturi, schimbarea shader-urilor și a parametrilor acestora și mai ales schimbarea framebuffer-ului activ) Este necesar să se dezvolte noi versiuni ale interfeței iron-API, apropiate de cerințele moderne Sarcina principală este de a accelera radical crearea și selecția de noi obiecte în DirectX, în primul rând shadere, texturi și buffer-uri de cadre active Aparent, această sarcină va fi rezolvată în timpul dezvoltării versiunii a zecea a DirectX Conducta SD -conveior Procesoarele grafice moderne pentru computere funcționează cu așa-numita grafică poligonală, adică orice obiect este reprezentat ca un set de poligoane plate, care mai devreme sau mai târziu se sparg în triunghiuri simple Caracteristica este definită de vârfuri care definesc puncte cheie și poligoane, care sunt formate din linii care leagă vârfurile Poligoanele sunt suprapuse cu culoare conform unor algoritmi speciali de umbrire, de regulă, folosind imagini plate (texturi) desenate anterior Sarcina GPU-ului este să deseneze și să completeze cât mai multe poligoane pe unitatea de timp Acceleratoarele profesionale ZK folosesc uneori o altă modalitate de a construi scene tridimensionale - metoda de urmărire a razelor inverse (Ray Tracing), care necesită mult mai multe resurse de calcul Pentru afișarea triunghiurilor pe un plan se folosește metoda așa-numitelor coordonate omogene, bazată pe matrice de transformare și proiecție Calcularea poziției oricărui punct al unei scene tridimensionale pe un plan se reduce la înmulțirea vectorului coordonatelor inițiale cu aceste matrice Un procesor central modern petrece aproximativ cicluri procesând un punct și calculează coordonatele a zeci de milioane de vârfuri pe secundă Astfel, calculul geometriei scenei nu este dificil pentru un procesor central modern Problemele încep atunci când poligoanele sunt umbrite și sunt determinate suprafețele vizibile, adică atunci când se compară adâncimea poligoanelor în raport cu observatorul Realismul imaginii într-o scenă tridimensională este determinat în mare măsură de calitatea texturilor - imagini predesenate suprapuse pe poligoane Pentru fiecare vârf, coordonatele sale sunt indicate în Pentru fiecare vârf Stabilirea scenei în aplicație Triunghiuri în sistemul de coordonate terțiar triunghiuri Conversia coordonatelor D în coordonate plane Calcularea atributelor de culoare Triunghiuri în coordonate D Pentru fiecare triunghi' Interpolarea atributului Vertex pe planul triunghiului Manipularea umbririi Calculul vizibilității Rasterizare Pixeli Diagrama schematică a conductei de grafică D Tehnologii grafice plan imagine-textură Când se calculează culoarea unui anumit punct poligon, se ia în considerare locația acestuia în raport cu vârfurile triunghiului, iar punctului i se atribuie o culoare similară cu culoarea punctului de textură corespunzător Pentru a face acest lucru, fiecare punct de ecran care se încadrează într-un triunghi trebuie să găsească o potrivire în coordonatele texturii (acesta este un proces relativ costisitor) și să efectueze așa-numita eșantionare a texturii - calculați culoarea texturii în punctul rezultat Ultima sarcină nu este prea ușoară, deoarece de multe ori punctul calculat se încadrează între pixelii imaginii texturii Prin urmare, calculele sunt foarte consumatoare de timp, mai ales având în vedere impunerea mai multor texturi În plus, texturile din jocurile moderne sunt adesea reprezentate de imagini de înaltă rezoluție Drept urmare, un procesor central super-puternic, chiar și la rezoluție scăzută a ecranului, este capabil să proceseze nu mai mult de o duzină de cadre pe secundă Prin urmare, acceleratoarele grafice D au fost create în principal pentru accelerarea hardware a umbririi Obiectele din scenă, chiar și cu texturi suprapuse, arată foarte plictisitoare dacă nu se ține cont de iluminarea lor Primele acceleratoare nu știau să lucreze cu sursele de lumină Motorul de joc a calculat în avans iluminarea elementelor scenei și a creat texturile de iluminare adecvate (hărți luminoase) Evidențele de lumină deja calculate au fost redate ca texturi În scenele statice, o astfel de "lumină" arăta bine, dar în scenele dinamice, un obiect în mișcare arăta la fel în lumină și în umbră, ceea ce reduce realismul Pentru a îmbunătăți realismul, au început să calculeze iluminarea unui obiect folosind metoda Gouraud: după ce a determinat iluminarea vârfurilor poligoanelor, a fost interpolată la punctele interne ale fețelor Această abordare a stat la baza GPU-urilor cu o conductă fixă (generația DirectX ), care a primit un bloc hardware de calcule geometrice - Hardware Transform & Lightning (T&L) Cu toate acestea, cerințele pentru realismul scenei erau în continuă creștere, iar metoda de interpolare pe întregul poligon nu a fost capabilă să transmită în mod plauzibil textura suprafeței În plus, majoritatea obiectelor D au fost construite dintr-un număr mic de poligoane pentru a economisi resurse de calcul și, prin urmare, au suferit de "cubism" din cauza dreptății liniilor care formează poligoanele și fețele plate Această problemă a fost rezolvată prin aplicarea metodei de calcul a iluminării, luând în considerare vectorul normal la suprafață, adică vectorul perpendicular pe suprafață într-un punct dat Setând încă o textură de tip special (definirea normalelor) și modificând algoritmul de calcul al culorii unui punct, am reușit să îmbunătățim radical aspectul modelelor O metodă similară se numește Vshpr Mapping Pentru o implementare cu drepturi depline, necesită programarea conductelor de pixeli - tranziția de la interpolare și eșantionare de la texturi la formule de procesare pentru calcularea culorii fiecărui pixel al unui obiect (și nu doar vârfuri) Așa au apărut pentru prima dată gâturile de pixeli Conducta SD Monstrul din Unreal Tournament este construit folosind tehnologia shader Core-urile sunt seturi de comenzi care vă permit să programați conductele de pixeli ale GPU-ului Shaders au crescut semnificativ realismul obiectelor De exemplu, monștrii din UT sunt alcătuiți dintr-un număr moderat de poligoane, dar datorită utilizării shaderelor, ei arată destul de realiști Adaptoarele video care acceptă procesarea shader au apărut în generația DirectX De regulă, programele shader sunt scrise într-un tip special de asamblare legat de un anumit procesor grafic Recent, au apărut limbaje de programare la nivel înalt pentru crearea de shadere, cum ar fi Microsoft High-Level Shader Language (HLSL) Umbritoare de vârf O dezvoltare naturală a blocului T&L a fost un bloc de transformare geometrică programabilă care acceptă vertex shader (Vertex Shader) Blocul de vârf programabil este capabil să imite expresiile faciale ale personajului, jocul blănii, părul fluturat, iarba răspândită sub vânt și să efectueze alte transformări geometrice, implementându-le din mers Dezvoltatorul programului primește complet Tehnologii grafice Diagrama schematică a unui procesor de vertex pentru procesarea vertex shaders control asupra motoarelor T&L și poate folosi vertex shaders pentru a calcula datele de geometrie auxiliare, care vor fi apoi utilizate de pixel shaders De exemplu, un programator scrie un shader care specifică că ar trebui să fie folosit pentru vârfurile triunghiurilor care alcătuiesc o frunză de copac Procesorul grafic execută acest program și, ca urmare, frunza de pe copac se rotește cu un anumit unghi în fiecare cadru Un alt caz de utilizare pentru vertex shader este legat de procesarea texturii De exemplu, shader-ul modifică coordonatele texturii vârfurilor poligonului și, ca urmare, expresia facială a personajului se schimbă de la zâmbet la plâns din cauza impunerii altor texturi Aproape toți parametrii legați de procesarea vârfurilor pot fi programați: pe lângă coordonatele geometrice și texturii deja menționate, puteți seta culoarea vârfurilor, parametrii de amestecare și transparența Capacitățile shader au crescut de la o versiune la alta Începând de la versiunea (inclusă în APIDirectX ), shaders aproape că nu limitează metodele de programare, permițându-vă să utilizați texturi și sarcini în calcule Tehnologii grafice D setați proprietăți unice de vârf Adică, unitatea de vârf a GPU-ului nu este acum cu mult inferioară ca funcționalitate față de procesorul central Umbritoare de pixeli Umbritoarele Vertex, dacă este necesar, pot fi redirecționate către execuție de către CPU Un procesor puternic poate face față calculelor geometrice fără probleme Dar atunci când executați un pixel shader, chiar și un procesor super-puternic va gândi mult timp, deoarece există un schimb intens cu memorie și calcule complexe folosind numere reale În calculele de iluminare, acesta este un punct cheie: intervalul dinamic al unei culori standard de biți poate să nu fie suficient pentru a transmite toată bogăția de nuanțe Prin urmare, procesarea pixel shader-urilor este aproape întotdeauna gestionată de conductele de pixeli ale GPU-ului Utilizarea pixel shaders a făcut posibilă implementarea calculului iluminării obiectului folosind metoda Phong, care oferă cel mai înalt realism de până acum Conform metodei Phong, culoarea unei suprafețe este calculată separat în fiecare dintre canalele de culoare și constă din trei componente: iluminarea de fundal (simulează lumina naturală difuză), reflexia difuză (lumina parazită reflectată de la suprafață) și reflexia speculară ( simulând reflexia direcţională) În practică, iluminarea de fundal este folosită pentru a evidenția zonele întunecate inutil Reflexia difuză corespunde reflexiei luminii de pe o suprafață neuniformă O astfel de suprafață împrăștie lumina care cade pe ea aproape uniform în toate direcțiile Dar, spre deosebire de iluminatul de fundal, reflexia difuză ține cont de direcția către sursa de lumină Principalul punct culminant al metodei Phong constă în calculul reflexiei speculare, care ia în considerare nu numai direcția către sursa de lumină, ci și locația observatorului Tehnologii grafice D Nivel de detaliu LOD (Level of Detail) Aplicațiile moderne de grafică tridimensională vă permit să creați obiecte realiste cu un grad ridicat de detaliu pentru programele de joc Cu toate acestea, din punct de vedere practic, este irațional să afișați toate obiectele unei scene tridimensionale cu detalii maxime, deoarece vederea umană refuză cu hotărâre să perceapă mici detalii ale obiectelor îndepărtate Este evident că în jocuri nu are rost să joci Tehnologii grafice să hărțuiască fiecare păr de pe corpul unui monstru, dacă o persoană încă nu este capabilă să-l distingă În plus, prelucrarea continuă a câtorva sute sau mii de poligoane care alcătuiesc un obiect, indiferent de îndepărtarea acestuia, duce la încărcarea computerului cu muncă fără sens Astfel, pentru fiecare moment de timp, este necesar să se calculeze gradul de detaliu necesar și suficient (nivel LOD) pentru toate obiectele dintr-o scenă tridimensională Există două abordări ale controlului detaliilor: LOD static și dinamic În primul caz, versiunile simplificate ale celui mai detaliat obiect sunt create în avans Să presupunem că pentru un monstru cu de poligoane, la distanțe mari de observare va fi suficient să folosești modele simplificate de și de poligoane În timpul construcției scenei, se calculează distanța modelului monstru față de planul de proiecție și se selectează opțiunea corespunzătoare distanței Tehnologia LOD dinamică sau continuă utilizează diverși algoritmi care vă permit să reglați mai mult sau mai puțin ușor numărul de poligoane dintr-un obiect în funcție de distanța până la planul imaginii Tehnologia formării nivelurilor de detaliu Tehnologii grafice D Fiecare metodă are propriile sale avantaje și dezavantaje Controlul static provoacă uneori efectul de "smucire" a imaginii atunci când se schimbă detaliile obiectului Dacă nivelul LOD este aproape de valoarea limită, poate exista o schimbare ciclică a modelelor cu diferite niveluri de detaliu În plus, trebuie să calculați mai multe modele diferite pentru un obiect Controlul dinamic al detaliilor consumă resurse de calcul semnificative, necesită recalcularea continuă nu numai a coordonatelor vârfurilor triunghiului, ci și a parametrilor de iluminare a texturii Cu comutarea frecventă între niveluri, se observă efectul de "ondulare" a suprafeței - forma obiectului "plutește" continuu, ceea ce pare mai ales nerealist atunci când se modelează obiecte de natură neînsuflețită Adesea, ei încearcă să corecteze nivelul insuficient de detaliu folosind tehnologii moderne de suprapunere și procesare a texturii: Vshpr Mapping, filtrare anizotropă, texturi compozite și altele Maparea MIR (texturare MIR) Cel mai simplu mod de a face texturare este de a crea o singură textură de dimensiune medie, cu detalii decente și de a o aplica poligoanelor obiectului ori de câte ori este nevoie de randare Cu toate acestea, aici apar două probleme În primul rând, dacă textura este creată cu cea mai mare rezoluție și detaliu posibil (de exemplu, x pixeli cu o gamă de culori de de biți), atunci consumul de resurse de calcul și memorie atunci când se aplică texturi tuturor obiectelor vizibile într-o scenă tridimensională va fi pur și simplu fantastic - niciun accelerator nu poate face față acestui tip de date În al doilea rând, dacă reduceți dimensiunea (și astfel detaliul) texturilor, atunci obiectele vor arăta din ce în ce mai aspre pe măsură ce se apropie de planul de proiecție În unele jocuri, efectele nu sunt neobișnuite atunci când, la apropierea unui obiect cât mai aproape posibil, suprafața acestuia apare ca un set de pete uriașe - asta înseamnă că doar câțiva texeli de textură au căzut pe planul imaginii Același lucru este valabil și pentru efectul de perspectivă - aceeași textură, atunci când este aplicată părților apropiate și îndepărtate ale obiectului, provoacă distorsiuni de perspectivă Pentru a evita astfel de probleme, a fost dezvoltată o tehnologie numită mapare MIP Esența sa constă în crearea preliminară sau dinamică a unui set de texturi cu diferite rezoluții și niveluri de detaliu bazate pe textura de bază de rezoluție maximă Culoarea fiecărui texel de textură de detaliu inferior este aleasă prin aproximarea culorii celor mai apropiați patru texeli de textura de la nivelul de detaliu anterior (mai înalt) La construirea unei scene tridimensionale, se determină distanța poligonului față de planul imaginii și, în consecință, se suprapune o textură cu o rezoluție dată Tehnologii grafice Metoda de mapare MIP Pentru a selecta un anumit nivel de detaliu, astăzi folosesc în principal calculul LOD dinamic Nivelurile LOD ale texturii pot fi considerate puteri de De exemplu, proiecția texturii face ca un texel pe pixel să fie mapat, prin urmare nivelul LOD este setat la zero și este selectată textura cu cel mai mare detaliu Dacă există texeli pe pixel, nivelul LOD este , deci este selectat următorul nivel de mapare MIP, care corespunde unei texturi cu mai puține detalii Nivelul LOD poate fi calculat fie pentru poligon ca întreg (în funcție de valoarea medie pentru trei vârfuri), fie pentru fiecare pixel Această din urmă metodă oferă un rezultat mai bun și evită unele defecte de imagine, dar consumă multe resurse de calcul În plus, în funcție de nivelul LOD calculat, texturilor sunt aplicate diverse filtre, de exemplu, pentru netezirea marginilor (fețelor) Texturi compozite Texturile de înaltă rezoluție ocupă o cantitate imensă de spațiu de memorie De exemplu, o textură cu o dimensiune de x pixeli și o adâncime de culoare de biți atinge un volum de MB Având în vedere distribuția largă a jocurilor cu o adâncime de culoare de de biți (textură x , de biți necesită MB), devine clar că nu există memorie video, cu Tehnologii grafice D Scenele CII de cel puțin de poligoane nu sunt suficiente Va trebui să "pompați" texturile din RAM, care încarcă puternic magistrala adaptorului video, care este deja ocupată cu transmiterea datelor pentru calcularea poligoanelor Pentru a rezolva această problemă, a fost inventată o tehnologie a așa-numitelor texturi compozite, sau texturi cu detalii Cu această abordare, trebuie să creați doar două texturi: de bază și detaliate Textura de bază conține elementele principale și, așa cum ar fi, creează un fundal general Textura detaliată conține doar elemente mici care sunt necesare atunci când se consideră un obiect de aproape Ambele texturi sunt amestecate, iar gradul de influență reciprocă a acestora este determinat în funcție de distanța până la planul de proiecție Algoritmul de mapare a texturii poate arăta diferit, în funcție de alegerea dezvoltatorilor De exemplu, amestecarea alfa sau multitexturarea este adesea folosită Ca urmare, doar textura de bază este vizibilă la mare distanță și, pe măsură ce obiectul se apropie de planul imaginii, textura detaliată începe să apară Metoda pas cu pas se bazează pe mecanismul de mapare MIP și multitexturing Adică, folosind mecanismul LOD, nivelul cascadei MIP a este determinat pentru a selecta structura detaliată corespunzătoare (reamintim că textura de bază rămâne neschimbată) Apoi structura detaliată este suprapusă pe cea de bază și rezultatul este trimis în framebuffer Evident, cu această tehnică, nivelul de detaliu se schimbă discret, în sărituri Dacă acest lucru va fi observat de utilizator depinde de arta dezvoltatorilor Amestecarea cu un canal alfa vă permite să schimbați dinamic nivelul de detaliu Este destul de simplu de implementat acest algoritm construind o funcție a dependenței gradului de transparență a texturii detaliate de nivelul LOD și direcția mișcării obiectului (până la planul imaginii sau în profunzime) Texturi D Elementul de textură D este un cub monolitic virtual Fiecare punct din cubul de textură are o culoare atribuită Desigur, în realitate, un obiect D din grafica computerizată constă dintr-un număr finit de puncte (texeli) și, prin urmare, este convenabil să-l reprezinte ca un set finit de straturi (texturi plate), ai căror texeli formează punctele nodului unui textura D Poligonului, pe care se aplică textura D, i se atribuie astfel de coordonate locale de vârf, încât se dovedește a fi o secțiune a unui cub În acest caz, nu este necesar ca întregul poligon să se încadreze în volumul cubului De obicei, unui punct poligon din afara unui cub i se atribuie culoarea celui mai apropiat punct de limită al texturii D Tehnologii grafice Metoda de cartografiere a texturii D Deoarece poligonul poate lua orice poziție față de cub, atâta timp cât secțiunea este efectuată, există opțiuni când este imposibil să corelezi fără ambiguitate un punct de pe poligon și un texel de textură D În acest caz, se folosește fie atribuirea directă a culorii celui mai apropiat punct de ancorare, fie filtrarea triliniară, adică o aproximare liniară asupra celor mai apropiate opt puncte de ancorare O proprietate importantă a texturilor D este capacitatea de a simula în mod realist materiale cu o structură internă caracteristică De exemplu, pentru a modela o structură din lemn, este suficient să-i creați modelul poligonal, apoi să dezvoltați o textură tridimensională care imită modelul unei suprafețe de lemn și să o atribuiți poligoanelor Nu este nevoie să vă faceți griji despre desenarea texturilor pentru fiecare poligon și cusarea lor la margini În plus, texturile tridimensionale vă permit să simulați în mod realist efecte speciale, fenomene naturale și chiar mișcarea corpurilor De fapt, dacă plasezi un poligon secvenţial, cu o deplasare dată, într-o textură tridimensională şi îl afişezi în acelaşi mod secvenţial, schimbând o singură coordonată, vei obţine un efect de animaţie O metodă similară poate imita focul, strălucirea pe suprafața apei și a metalelor și multe alte efecte Un loc aparte îl ocupă posibilitatea de imitare plauzibilă a efectelor volumetrice: fum, explozii, ceață locală în moduri destul de simple, în comparație cu tehnologia sistemelor de particule Metode de filtrare a texturii Calcularea culorii unui punct poligon care se încadrează între valorile punctului texturii se numește filtrare Este evident că culoarea unui pixel a proiecției unui obiect tridimensional pe ecran trebuie să fie determinată fără ambiguitate de culoare Tehnologii grafice D volumul texel al texturii corespunzătoare Totuși, această regulă este valabilă doar în cazuri simple, cu unghiuri de proiecție apropiate de normal și o distanță corespunzătoare față de planul imaginii Faptul este că atât un pixel, cât și un texel sunt numiți puncte doar în sens matematic Din punct de vedere fizic, au dimensiuni destul de specifice și arată ca niște cercuri, al căror diametru depinde de rezoluția ecranului monitorului și respectiv de textura De îndată ce unghiul de proiecție depășește anumite limite, se întâmplă ca doi sau mai mulți texeli să fie proiectați pe un pixel, deoarece proiecția devine aproape de un oval Dacă obiectul este foarte aproape de planul de proiecție, poate apărea o coliziune inversă - un texel va fi proiectat pe mai mulți pixeli În cel mai simplu caz, eșantionarea punctuală este utilizată pentru a îmbunătăți calitatea imaginii Adică, culoarea unui pixel este determinată de culoarea texelului situat în centrul figurii formate prin proiecția acestuia Desigur, rezultatul pare destul de dur, deoarece nu sunt luate în considerare nici culorile altor pixeli incluși în figura proiectată, nici forma acestuia Dacă o astfel de textură este suprapusă unui obiect care intră în profunzimea scenei, efectul de perspectivă este foarte distorsionat Filtrare biliniară Metoda de calcul a culorii prin media aritmetică a celor mai apropiate patru vecine ale unui punct se numește filtrare biliniară În acest caz, proiecția este considerată a fi un cerc, iar culoarea unui pixel este calculată prin aproximarea culorilor a patru texeli, ca și cum ar forma un cerc dat Când obiectul este foarte aproape de planul de proiecție, se întâmplă ca mai puțin de patru texeli să cadă în cerc, apoi imaginea pare excesiv de neclară Dacă planul poligonului este rotit în raport cu planul de proiecție, cercul nu mai corespunde formei reale de proiecție (oval, elipsă sau altă figură) iar efectul de perspectivă, deși prezent (afectează încă aproximarea cu patru puncte), este totuși semnificativ distorsionat Cine, pentru a determina culoarea unui pixel, trebuie să citească culorile a patru texeli din memoria în care sunt stocate texturile, ceea ce mărește încărcarea magistralei de memorie Filtrarea tri-linear Metoda este o combinație de tehnologii de mapare MIP și filtrare biliniară (biliniară în textură și liniară în texturi) După cum se știe, tehnologia de cartografiere MIP utilizează texturi cu diferite niveluri de detaliu (și rezoluții diferite) în funcție de distanța poligonului față de planul de proiecție Cu filtrarea triliniară, sunt luate două texturi adiacente, dintre care una conține texeli, Tehnologii grafice care se încadrează în proiecție, iar celălalt este cel mai aproape de ea din punct de vedere al distanței, iar fiecăruia se aplică filtrarea biliniară Ca urmare, aproximarea culorilor este deja efectuată pentru opt texeli și rezultatul pare mai aproape de realitate, deoarece texturile sunt precalculate pentru anumite distanțe Pentru a evita salturile bruște de la un nivel de mip la altul, la tranziții ("nu aproape și nu departe") acceleratorul ia în considerare o combinație liniară de culori calculată din texturi apropiate și îndepărtate Filtrare anisotropic Cea mai avansată metodă de filtrare până în prezent este anizotropă (eterogenă în diferite direcții) Există diverși algoritmi de filtrare anizotropi, a căror esență este să se ia în considerare forma proiecției cât mai precis posibil în diferite poziții ale poligonului texturat în raport cu planul proiectat Adică, un cub virtual este construit în jurul centrului proiecției din texeli de texturi de diferite niveluri de detaliu suprapuse unele peste altele, pe care proiecția teoretic le traversează În interiorul cubului, planul de proiecție poate fi amplasat în orice mod - în mod ideal, vor fi luate în considerare toate punctele care se încadrează în proiecție În funcție de dimensiunea feței cubului, se pot calcula de la la de texeli pentru a determina culoarea unui singur pixel Rezultatul este foarte aproape de fotorealism, dar consumul de resurse de memorie video și GPU este foarte mare Cartografierea mediului înconjurător (EMM) EMVM - harta mediului (uneori numită hartă de reflexie) servește pentru a reflecta proprietățile spațiului înconjurător într-un obiect Hărțile de reflexie sunt fie create în prealabil în timpul dezvoltării jocului (de obicei sunt folosite hărți de mediu sferice), fie în timpul construcției unei scene D (hărți de mediu cubice) Proprietățile vizuale ale hărților de mediu pot fi făcute dependente de direcția liniei de vedere (care urmează regulile opticii fizice) Pentru a accelera procesarea unei scene tridimensionale, dezvoltatorii nu prevăd uneori modificarea hărții mediului în funcție de direcția liniei de vedere O metodă mai bună este crearea de hărți cubice ale mediului în timpul construcției unei scene tridimensionale De fapt, pentru aceasta este necesar să se redeze mai întâi scena relativă la obiectul căruia i se aplică tehnologia EMVM Apoi starea pixel-cu-pixel a mediului este scrisă pe o hartă a texturii D, care este suprapusă obiectului Tehnologii grafice D Formarea texturilor prin metoda EMVM Netezire Defectele de imagine care apar la redarea unei scene tridimensionale pot fi de o natură foarte diferită De obicei, distorsiunile spațiale sunt exprimate prin aliasarea marginilor uniforme (așa-numitul "efect de scară"), pierderea detaliilor fine ale imaginii, aspectul moiré (o structură obișnuită în imagine care nu este furnizată de dezvoltatori) și textura deformare Un tip special sunt defectele asociate cu animația neintenționată a scenei, cum ar fi pâlpâirea obiectelor din cauza comutării constante între etapele LOD Tehnologiile de eliminare a defectelor se numesc anti-aliasing, noi am adoptat termenul de "netezire" Defectele spațiale sunt netezite fie prin metode locale, fie globale La marginile obiectelor se aplică metode locale, adică texelii de textură care sunt texeli de margine într-un poligon sunt procesați în așa fel încât să elimine efectul de scară Tehnologia de mediere a zonei este utilizată pe scară largă Pentru a face acest lucru, se determină raportul de greutate al texelilor ale căror proiecții au căzut pe un pixel dat Atunci ei Tehnologii grafice SUPER EȘANTIONARE MULTESEMPLARE Metode de netezire a granițelor obiectelor culorile sunt amestecate în funcție de greutăți și atribuite unui pixel dat Metodele globale se aplică întregii zone a planului imaginii Cea mai populară tehnologie în acceleratoarele moderne este netezirea defectelor scenei (FSAA - Full scene anti-aliasing), o metodă de scalare a imaginii Adică, scena este redată la o rezoluție mai mare decât rezoluția necesară a ecranului, iar apoi imaginea este redusă la scară, fiecare pixel fiind procesat pe baza unei mască corespunzătoare factorului de scară De exemplu, cu o mască de x și o rezoluție a ecranului de x pixeli, trebuie să redați scena la o rezoluție de x Apoi fiecărui pixel din imaginea reală i se va atribui o culoare rezultată din amestecarea culorilor pixelilor vecini din masca x în rezoluție virtuală Compresia texturii Creșterea rezoluției texturilor la x pixeli cu o gamă de culori pe de biți a determinat o creștere semnificativă a cerințelor de memorie alocată pentru stocarea hărților de texturi La urma urmei, pe baza texturii de bază, conform multor tehnologii, sunt generate alte niveluri de hărți de textură În plus, sunt adesea folosite și alte hărți: iluminare, relief, mediu etc Evident, devine irațional să stocați o cantitate gigantică de date în forma sa obișnuită Designerii de adaptoare video au încercat de mult timp să adapteze diferite metode de comprimare a datelor pentru hărțile de textură Există două cerințe esențiale aici: Tehnologii grafice D compresie fără pierderi și procesare din mers a datelor în timpul conversiei și mapării texturii Unul dintre pionierii în domeniul compresiei texturii a fost Dfx, folosind tehnologiile YAB Narrow Channel Texture și bit Paletized Texture în plăcile video Voodoo Cu toate acestea, conform acestei tehnologii, a fost necesar să se utilizeze texturi special create pentru aceasta, care i-au speriat imediat pe alți dezvoltatori Drept urmare, inovația nu a durat mult, a fost susținută doar în câteva jocuri și a murit în liniște odată cu încetarea producției acestor modele de plăci video Prima tehnologie de compresie a texturii cu adevărat recunoscută universal a fost S TC (S Texture Compression) În funcție de natura texturii, raportul de compresie ajunge la : Ambalarea și despachetarea texturilor se face "din mers" și se realizează atât prin software, cât și prin hardware Această împrejurare a atras interesul Microsoft și au licențiat noua tehnologie de la S , inclusiv mecanismul de comprimare a texturii din biblioteca DirectX (tehnologia a fost desemnată DXTC) Cu toate acestea, tehnologia S TC nu este open source și, prin urmare, alte firme care o folosesc sunt obligate să plătească redevențe către S Este clar că această situație nu s-a potrivit multora, iar în curând au apărut tehnologii de compresie alternative la S TC În primul rând, aceasta este tehnologia FXT de la Dfx, declarată deschisă Avantajele sale sunt un raport de compresie mai bun, ajungând la : și o pierdere mai mică a calității la comprimarea texturilor Tehnologia VTC (Volume Texture Compression) de la nVidia este oarecum diferită Este axat exclusiv pe comprimarea texturilor D Se știe că de texturi sunt cele mai solicitante din punct de vedere al memoriei video, dar în schimb oferă o calitate excelentă a imaginii aproape de fotorealistă neclaritate de miscare Efectuați un astfel de experiment - pe stradă, întoarceți-vă capul brusc de la un umăr la altul, încercând să nu vă mișcați ochii Cu siguranță vei observa că imaginea vizuală capătă o oarecare "neclară", a cărei direcție depinde de direcția mișcării privirii Același efect apare atunci când priviți pe fereastra unui tren sau mașină care se mișcă rapid obiectele din apropiere Efectul vizual descris apare nu numai cu linia de vedere laterală - imaginea se estompează la viteză mare în timpul observării frontale în același mod Acest efect este utilizat pe scară largă în fotografia artistică, producția video și grafica pe computer și a fost numit Motion Blur în literatura engleză Tehnologii grafice Cadrul anterior cadrul curent Calcul vectorial culmi Metoda de generare a efectului Motion Blur Amestecare în canalul alfa Dezvoltatorii de jocuri și produse multimedia au înțeles de mult că efectul Motion Blur poate crește semnificativ percepția, "simțirea" mișcării în scenele tridimensionale Cu toate acestea, doar relativ recent, capacitățile echipamentului au permis utilizarea deplină a efectului de estompare a mișcării în produsele moderne Tehnologia Motion Blur utilizată în prezent este destul de simplă, dar necesită resurse de calcul semnificative Esența sa constă în crearea de date redundante și reducerea acestora la o valoare normală Adică, este creat mai întâi un număr în exces de cadre pentru secvența de animație, de obicei un multiplu al unui factor întreg (de exemplu, opt) Apoi, succesiunea de cadre este împărțită în grupuri, inclusiv numărul de cadre egal cu coeficientul primit În cadrul grupului, toate cadrele sunt amestecate, iar cadrul rezultat este calculat Animația rezultată este compilată din cadrele rezultate Deoarece cadrele rezultate, de fapt, conțin mai multe faze de mișcare, imaginea este neclară, limitele fiind deplasate în partea opusă direcției de mișcare Cu cât coeficientul Motion Blur acceptat este mai mare, cu atât marginea estomparii imaginii este deplasată mai mult În principiu, coeficientul ar trebui să fie direct proporțional cu viteza camerei GPU • Arhitectură GPU generația DirectX -• Accelerator grafic încorporat • Dezvoltarea GPU-urilor • Evaluarea performanței plăcilor video Arhitectura procesoarelor grafice moderne se bazează pe trei proprietăți fundamentale ale programelor pentru crearea graficelor tridimensionale poligonale: • "aritmetică" mare a algoritmilor grafici cu o pondere minimă de operații logice; • posibilitatea paralelizării eficiente a algoritmilor grafici; • natura de streaming a operațiunilor de conducte grafice Datele primare utilizate de grafica computerizată modernă (vârfurile, matricele de transformare, valorile culorilor) sunt de tip vectorial Majoritatea operațiunilor efectuate de GPU sunt bazate pe vectori Vectorii grafici sunt de obicei cu patru dimensiuni: trei componente de culoare (R, G, B) și un grad de transparență (canal alfa) Prin urmare, procesoarele grafice conțin ALU-uri vectoriale cu patru dimensiuni (unități aritmetice logice) care efectuează operații cu componente dintr-un format sau altul Operațiile cu culoare și transparență sunt pur aritmetice, logic datele nu depind unele de altele, deci pot fi efectuate în paralel, adică într-un singur pas Pentru a face acest lucru, este suficient să aveți un vector ALU și un bloc comun de logică de control, care oferă o rearanjare arbitrară a componentelor înainte de calcule În problemele reale, sunt obișnuite situațiile când trebuie procesați doar vectori bidimensionali sau scalari (acest lucru este valabil mai ales pentru conductele de pixeli și algoritmii de pixeli) În acest caz, calculele sunt optimizate conform schemei + (două operații pe componente bidimensionale) Particularitatea algoritmilor grafici este că obiectele procesate în conducta grafică, de regulă, nu depind unele de altele GPU DDR pe de biți AGP X controler cache Controler de memorie cu canale Textura și cache de vârf Cache pentru culoare și profunzime framebuffer Coordonatele texturii și interpolatorii de culoare Decuparea timpurie a punctelor invizibile Compresie cadru tampon Procesorul Vertex Bloc de prelevare a texturii, despachetare și filtrare unitate de procesare cadru tampon Netezire Metoda ecran complet netezirea multisampling Miezul RAMDAC-uri TV-OUT, TDMS Monitoare analogice Monitoare digitale Diagrama funcțională a GPU-ului GeForce FX Ha De exemplu, la procesarea vârfurilor unui triunghi, ordinea calculelor este complet irelevantă Prin urmare, GPU-urile moderne pot avea mai multe blocuri de vârf Procesarea pixelilor se pretează și mai bine la paralelizare Ca urmare, există o creștere a numărului de conducte de pixeli în arhitectura GPU Adică, puteți crește puterea unui accelerator grafic prin simpla clonare a blocurilor de vârf și pixeli Odată cu introducerea shader-urilor DirectX c (pixel and vertex shaders versiunea ), operațiunile dinamice (condițiile) au apărut în algoritmii grafici Natura și ordinea prelucrării datelor depind de care sunt datele sursă Prin urmare, a trebuit să creez Arhitectura GPU DirectX generația conducte paralele cu drepturi depline, fiecare dintre acestea fiind echipată cu o logică de control Toate datele care intră în conductele de execuție ale GPU-ului sunt în mod inerent fluxuri omogene Prin urmare, ele pot fi prelevate, stocate în cache, puse în coadă, adică pregătite efectiv pentru procesare Arhitectura GPU DirectX generația La pregătirea unei scene D, procesorul central al unui computer creează un flux de parametri pentru vârfurile obiectelor D prezente în cadru Unitatea de preluare a geometriei GPU preia datele de geometrie din RAM și le trimite la pre-cache-ul de vârf situat în memoria video Acceleratoarele din generația DirectX acceptă mai multe topologii pentru stocarea datelor geometrice în memoria video: benzi, ventilatoare, index buffer În plus, un format de date flexibil este suportat de hardware: nu numai datele clasice (coordonate sau vector normal) pot fi stocate pentru fiecare vârf, ci și orice alte seturi de valori scalare sau vectoriale valide Este acceptată lucrul cu mai multe fluxuri de date, atunci când unele dintre atributele nodurilor sunt stocate într-o matrice de date, iar cealaltă parte este stocată în alta De obicei, preluarea din memorie are loc simultan de mai multe fire Apoi fiecare dintre vârfuri merge la procesorul de vârfuri Procesorul Vertex În procesoarele grafice moderne, unitățile de procesare a programelor vertex respectă specificația Microsoft DirectX c, adică acceptă vertex shader (Vertex Shader, VS) versiunea Performanța și numărul de unități vertex cresc odată cu dezvoltarea arhitecturii GPU De exemplu, GPU nVIDIA NV procesează milioane de poligoane pe secundă, ATI R - milioane, nVIDIA NV - milioane Rezultatul ridicat al NV se datorează prezenței a șase unități vertex în GPU care acceptă tehnologia MIMD (Multiply Instruction, Multiply Data) "multe instrucțiuni, multe date" Procesorul de vârfuri înțelege până la de instrucțiuni speciale de asamblare și este capabil să proceseze vârfuri ținând cont de hărțile texturii de deplasare Procesoarele Vertex acceptă ramuri statice, precum și controlul dinamic al execuției (Flow Control): bucle și ramuri, apeluri de subrutine, predicate, returnări și alte operațiuni GPU Definiţia vizibil surfaces De la procesorul de vârfuri, nodurile transformate și "iluminate" (adică procesate de vertex shader) merg într-un buffer intermediar Se numește "Post T&L vertex buffer" În continuare, vârfurile sunt grupate câte trei în funcție de apartenența lor la triunghiuri și trimise la blocul de setare a triunghiului, unde are loc pregătirea preliminară a datelor necesare umplerii întregului triunghi Aici, triunghiurile invizibile și întoarse spre observator sunt aruncate Apoi triunghiul este împărțit în fragmente, dintre care unele sunt recunoscute ca invizibile și aruncate în timpul testului de adâncime (testul Z) prin Memorie video DDR, GD R sau GDDR Cadru tampon Z-buffer, stencil-buffer Texturi Atribute Vertex Intrerupator Eșantionarea vârfurilor cache-ul tampon Z-buffer, coadă de scriere Textura cache Cache la vârfuri Procesorul Vertex Vertex Post Cache Setarea triunghiurilor Instalarea fragmentelor, interpolare Mini Z-Buffer Decuparea fragmentelor invizibile Fragmentare Procesor de pixeli Instalarea quad-urilor modul de textură, Cache texturi L | ALU Buffer quads Comparație Z amestecare, umbre, anti-aliasing T Procesor D și video RAMDAC-uri DV ieșire video Diagrama funcțională a GPU-ului NV din generația Direct X Arhitectura GPU DirectX generația nivel fragment (tehnologia Hidden Surface Remove, HSR - îndepărtarea suprafețelor invizibile) De regulă, rezultatul final al acestui proces este un bloc de x pixeli de fragmente vizibile care trebuie umplute Astfel de fragmente sunt numite "quads" Mecanismul de determinare a quadurilor vizibile funcționează conform următorului algoritm În primul rând, triunghiurile sunt împărțite în blocuri relativ mari de fragmente de x pixeli În această etapă, chiar dacă un pixel al fragmentului aparține triunghiului, figura este considerată un candidat pentru umbrire Pentru fiecare fragment, coordonatele cele mai apropiate și cele mai îndepărtate dintre toate punctele sale sunt calculate în avans Coordonata îndepărtată este plasată în tamponul de adâncime ierarhic Această valoare este comparată cu coordonatele Z-KO ale restului punctelor blocului de fragmente Dacă se dovedește că sunt mai departe, întregul bloc este considerat invizibil În caz contrar, blocul este împărțit în patru și ordonatele Z-KO sunt calculate pentru fiecare dintre ele Valorile de adâncime sunt comparate și quad-urile complet invizibile sunt aruncate, iar restul sunt trimise la conducta de pixeli pentru instalare și umbrire În acest caz, quad-urile sunt "complete" cu valorile de adâncime calculate și o mască specială de biți (steagul), care determină care dintre pixelii quad sunt vizibili și care ar trebui ignorați GPU-urile moderne sunt capabile să verifice vizibilitatea de sau mai mulți pixeli pe ceas În continuare, quad-urile sunt trimise la instalarea fragmentelor Aici, pentru fiecare dintre ei, sunt calculați câțiva parametri: coordonatele texturii, nivelul MIP, vectorii și setările de filtrare anizotropă Pe măsură ce complexitatea pixel shader-urilor crește, crește numărul de parametri interpolați pentru fiecare punct Interpolarea necesită operații de calcul complexe, dar utilizarea quadurilor poate crește semnificativ eficiența acestui proces prin determinarea parametrilor de bază pentru un pixel și a vectorilor de transformare pentru restul După setarea și interpolarea parametrilor, fragmentele sunt pictate în procesorul de pixeli Procesor de pixeli După ce valorile culorii sunt calculate în procesorul de pixeli, are loc amestecarea (dacă modul corespunzător este activat) sau pur și simplu scrieți valorile rezultate ale culorii și adâncimii în framebuffer În această etapă, este posibil să se efectueze operații suplimentare: corecția gamma, calculul celei mai îndepărtate valori de adâncime a unui bloc x pentru transferul într-un tampon de adâncime ierarhic, comprimarea coordonatelor Z și altele În procesorul de pixeli, câteva sute de quad-uri sunt procesate în același timp Pentru un procesor, un quad este o structură GPU date care conțin informații despre steagul de vizibilitate al fiecărui pixel, steagul valorii predicate pentru fiecare pixel, valoarea coordonatei Z și valoarea posibilă a tamponului șablon, două registre vectoriale de numere reale Toate quad-urile procesate trec pe rând printr-o conductă lungă de pixeli constând dintr-o ALU, două unități de textură și apoi încă două ALU Lungimea totală a transportorului este de peste două sute de pași Majoritatea (aproximativ de pași) sunt operațiuni de eșantionare și filtrare a texturii efectuate în unități de textură În funcționare normală, conducta este capabilă să livreze quad-uri pe ciclu În comparație cu arhitectura GPU NV descrisă, procesoarele de pixeli GPU R nu acceptă ramificare dinamică în pixel shaders Sunt disponibile numai condițiile, buclele și ramurile statice (adică specificate extern din vertex shader) Arhitectura R prevede patru blocuri de patru conducte de pixeli Fiecare bloc poate funcționa cu un quad, care oferă pixeli de ieșire pe ceas Fiecare unitate de pixeli are o logică de control independentă, memorie cache, unități de preluare a texturii și procesoare de pixeli în sine Această structură a conductelor de pixeli ajută la reducerea latenței redării GPU și la utilizarea optimă a puterii de procesare a GPU Accelerator grafic încorporat Majoritatea cumpărătorilor știu că o parte integrantă a unui sistem informatic este un accelerator grafic (adaptor video) În Rusia, se crede în mod tradițional că un accelerator grafic trebuie să fie reprezentat cu siguranță de o placă video separată care ocupă un slot special Rețineți că costul unei plăci video entry-level (nu cea de ultimă generație) va fi de aproximativ o mie și jumătate de ruble Un adaptor video încorporat în cipul logic al sistemului (chipsetul plăcii de bază), din nou conform tradiției, este considerat o soluție inferioară, "invalidă", inferioară chiar și celei mai ieftine plăci video Cum stau lucrurile cu adevărat astăzi? Este posibil să credem opinia stabilită? Să încercăm să evaluăm capacitățile acceleratoarelor grafice integrate moderne Să fim atenți în primul rând la calitatea graficelor de £> Acesta este cel care afectează în mare măsură satisfacția utilizatorului cu subsistemul video La urma urmei, atât sistemul de operare, cât și cea mai mare parte a aplicațiilor de afaceri funcționează în modul JD Doar jocurile și programele de modelare D foarte specializate folosesc cu adevărat capacitatea de a plăcii video Accelerator grafic încorporat Cu doar câțiva ani în urmă, adaptoarele grafice integrate asigurau o calitate care nu era mai mare decât satisfăcătoare, mai ales la rezoluții de x pixeli și mai mult Performanța insuficientă a RAMDAC-ului încorporat a fost remarcată, ceea ce a dus la o "încețoșare" a imaginii În chipset-urile moderne, situația s-a schimbat radical De exemplu, chipsetul Intel G conține nucleul grafic Intel Graphics Media Accelerator , care are un RAMDAC de MHz Ușor mai mică ( MHz) este frecvența RAMDAC a acceleratorului încorporat al chipset-ului nForce IGP de la nVidia Aceste valori îndeplinesc pe deplin cerințele pentru reproducerea de înaltă calitate a graficelor cu o rezoluție de până la x pixeli Astfel, calitatea și performanța în aplicațiile P pentru acceleratoarele integrate și plăcile video sunt aproape identice Acest lucru a fost facilitat în mare măsură de introducerea de noi tipuri de RAM: DDR SDRAM și DDR SDRAM După cum știți, acceleratorul încorporat folosește o parte din memoria RAM pentru nevoile sale De exemplu, cu o rezoluție de x pixeli, o rată de reîmprospătare a ecranului de Hz și culoare pe de biți, acceleratorul necesită o lățime de bandă de aproximativ MB/s Dual-channel DDR SDRAM a standardului PC oferă un debit de până la MB/s Adică, un accelerator grafic, chiar și în cele mai dificile condiții, va ocupa aproximativ % din lățimea de bandă a magistralei de memorie Pe sarcini reale, astfel de pierderi sunt aproape imperceptibile Punctul slab al acceleratoarelor încorporate este lucrul cu grafica ZP din clasa "grea" Motorul grafic integrat poate gestiona bine sarcini simple D, cum ar fi redarea obiectelor VRML pe web Având un chipset cu un nucleu grafic modern, puteți rula un joc complex tridimensional, dar o experiență confortabilă de joc nu va fi garantată În cele din urmă, ar fi o nebunie să provoci acceleratorul încorporat cu sarcinile de modelare și randare în DS MAX Acceleratoarele grafice integrate sunt inferioare plăcilor video tipice ca funcționalitate De regulă, plăcile video sunt echipate cu o ieșire TV-Out, o interfață digitală DVI și adesea o ieșire către un al doilea monitor Inițial, nucleul grafic integrat este lipsit de astfel de elemente funcționale, dar nimic nu împiedică producătorii de plăci de bază să le implementeze separat, ceea ce unii fac cu succes O altă întrebare este că "clopotele și fluierele" enumerate este puțin probabil să fie solicitate de un cumpărător obișnuit, pentru care capacitățile de birou ale graficii integrate sunt suficiente GPU Chipset-uri moderne cu grafică integrată nVidia nForce IGP Primul chipset care rivalizează cu adevărat cu plăcile grafice entry-level ale generației sale De exemplu, nucleul său grafic NV este similar cu nucleul grafic GeForce MX În prezent, este ușor depășit, deoarece acceptă pe deplin tehnologii D doar din generația DirectX Cu toate acestea, capabilitățile NV sunt destul de suficiente pentru a lucra cu aplicații de birou, grafică D, vizionarea de filme și rularea de jocuri simple În special, RAMDAC cu o frecvență de operare de MHz este unul dintre cele mai bune din clasa sa Când rulează jocuri din generația DirectX , "bătrânul" nForce IGP este înaintea chipset-urilor mult mai moderne cu grafică integrată Puteți rula jocuri moderne pe un computer cu nForce IGP, dar calitatea grafică este puțin probabil să pară satisfăcătoare, iar rata scăzută a cadrelor nu contribuie la un proces de joc confortabil În prezent, multe camere de sistem sunt echipate cu nForce IGP northbridge cu o versiune modernă a southbridge care acceptă interfețe SATA, Gigabit Ethernet, UltraATA , opt porturi USB și tehnologia RAID Pentru procesoarele Athlon XP și Sempron, plăcile de bază bazate pe chipset-ul nForce IGP rămân singura soluție modernă posibilă cu grafică integrată ATI Radeon IGP Chipsetul este proiectat pentru platforma Intel Pentium și la momentul introducerii sale a devenit un concurent puternic al chipset-urilor native Intel cu grafică integrată GE (Extreme Graphics core) și GE (Extreme Graphics core) Nucleul grafic este o versiune a clasicului Radeon redus la două conducte de randare ATI Radeon IGP acceptă grafica D DirectX generație în hardware Viteza de bază de MHz oferă o viteză decentă în jocurile nu prea complexe care folosesc motorul folosind DirectX Jocurile mai recente nu arată atât de bine pe ecran, deoarece folosesc shadere care nu sunt suportate de kernel RAMDAC cu o frecvență de MHz este responsabil pentru afișarea imaginii pe monitor Acest lucru probabil nu este suficient pentru o imagine la nivel HDTV, dar este destul de acceptabil pentru sarcinile de birou Modificarea Radeon IGP nu are suport pentru al doilea canal de memorie DDR SDRAM, ceea ce îi reduce ușor performanța Modificarea Radeon Pro IGP dispune de anti-aliasing hardware MPEG (dezintercalare) și un controler optimizat memorie Accelerator grafic încorporat Popularitatea chipset-ului A TI Radeon IGP a fost foarte împiedicată de podul de sud ІХР Modificările sale ІХР / / / nu au îndeplinit cerințele actuale ale utilizatorilor în ceea ce privește funcționalitatea În plus, punțile sunt conectate printr-o magistrală PCI învechită, cu lățime de bandă redusă ATI Radeon Xpress Chipsetul a devenit primul chipset cu grafică integrată pentru platforma AMD Athlon De asemenea, pentru prima dată, nucleul grafic RS a primit o interfață PCI Express Înainte de aceasta, toate chipset-urile foloseau magistrala AGP Pentru a îmbunătăți schimbul cu memoria, a fost implementată o schemă pentru montarea unei memorie video separate (SidePort) pe placa de sistem Nucleul grafic poate funcționa în trei moduri de utilizare a memoriei: numai SidePort, SidePort cu RAM și numai RAM Această tehnologie a primit denumirea corporativă ATI Hyper Memory Teoretic, SidePort poate avea până la MB de SDRAM DDR local pe o magistrală de de biți care rulează la până la MHz, oferind până la , GB/s lățime de bandă Datorită faptului că nucleul grafic RS se bazează pe nucleul cipului "normal" Radeon X , diferit de acesta într-o conductă redusă la două canale, suport hardware complet pentru funcțiile DirectX (vertix și pixel shaders versiunea ) a fost furnizat pentru prima dată Chipsetul RAMDAC cu o frecvență de operare de MHz are două ieșiri independente de monitor, suport încorporat pentru ieșire TV și ieșire digitală DVI Astfel, un accelerator grafic integrat funcțional nu este în niciun caz inferior unei plăci video tipice Podul de sud al chipset-ului ATI Radeon Xpress suportă toate tehnologiile moderne (cu o singură excepție): două canale UltraATA , patru porturi SATA, matrice RAID, sunet AC' Din păcate, nu există suport Ethernet încorporat, iar ATI s-a bazat pe producătorii de plăci de bază pentru acest lucru Setul ATI Radeon Xpress , în lipsa altor chipset-uri cu nucleu grafic integrat pentru AMD Athlon , arată destul de bine Având în vedere puterea platformei, aceasta poate fi imaginată ca baza unui sistem de calcule inginerești și științifice sau a unui computer de acasă non-gaming Pentru birou, performanța (și prețul) platformei este excesivă, pentru ) grafică și jocuri moderne, capacitățile și TI Radeon Xpress nu sunt suficiente Intel GMA Ca urmare a unei dezvoltări îndelungate, din măruntaiele laboratoarelor Intel a ieșit un nou nucleu grafic integrat, numit Graphics Memory Accelerator Are o așa-numită arhitectură tile GPU tur, precum și linia anterioară Extreme Graphics de grafică integrată Această abordare are avantajele și dezavantajele sale Principalul avantaj: cerințe reduse pentru dimensiunea memoriei și lățimea de bandă, deoarece doar o mică parte (tigla) din imagine este procesată la un moment dat Principalul dezavantaj: sortarea matricei de triunghiuri din scenă este efectuată de procesorul central Ca rezultat, nucleul grafic al arhitecturii cu faianță funcționează bine în jocurile cu un număr mic de poligoane în scene și încetinește mult în jocurile în care matricea de triunghiuri are câteva zeci de mii Nici cel mai puternic procesor modern nu este capabil să facă față sortării a sute de mii de vârfuri în timp În adaptoarele grafice pentru arhitectură tradițională, acest lucru se realizează printr-o conductă specială de vârf care își face treaba mai repede În ciuda anunțului Intel că GMA acceptă funcții DirectX , vorbim despre emularea software a vertex shaders, dar nu despre o conductă hardware Pe de altă parte, patru conducte de pixeli acceptă shadere ale celei de-a doua versiuni hardware Funcționalitatea acceleratorului grafic integrat este extinsă cu ajutorul unui card ADD instalat în slotul PCI Express хіб Computerul primește astfel TV-Out și o ieșire digitală DVI Dacă instalați o placă video în slot, grafica integrată este dezactivată automat Nucleul GMA este implementat în chipsetul Intel G Podul de nord suportă memorie DDR - , procesoare Pentium cu o frecvență magistrală de sistem de și MHz, interfață PCI Express xb Podul de sud ICH R oferă interfețe PCI Express xl, PCI, / Ethernet, patru porturi U I, RAID, un canal UltraATA , Intel HD Audio, opt porturi USB rezumat Acceleratoarele grafice încorporate de nivel modern sunt încă rare (Intel GMA , ATI Radeon Xpress ) Ei pot lucra cu JD-graphics fără nicio reclamație Jocurile pe motoarele DirectX și DirectX "realizate" de acceleratoarele încorporate arată destul de acceptabile, deși rata de cadre nu va satisface un jucător pasionat Ultima generație de jocuri D și aplicații grele ZK vor necesita cu siguranță instalarea unei plăci grafice separate Funcționalitatea acceleratoarelor încorporate este încă inferioară plăcilor video tipice Domeniul de aplicare al sistemelor cu acceleratoare grafice încorporate: computer de birou, stație de internet, computer multimedia de acasă cu cerințe reduse pentru confortul jocurilor, calcule inginerești și științifice, prepress și alte aplicații cu cerințe reduse pentru grafica D Dezvoltarea GPU-urilor Dezvoltarea GPU-urilor Prima generație ( - ) Prima generație de acceleratoare grafice este reprezentată de cipuri care pot funcționa la fel de bine atât pe magistrala PCI, cât și pe magistrala AGP Adică, performanța lor nu depășește lățimea de bandă a magistralei PCI și, prin urmare, varianta AGP nu este mai bună Voodoo Graphics și Voodoo Rush de la Dfa, Riva și Riva ZX de la nVidia sunt printre produsele de prima generație Să ne amintim câțiva indicatori ai acestor veterani Miezul acceleratorului este de obicei proiectat pentru a procesa doar obiecte tridimensionale De regulă, acceleratoarele video poartă la bord MB de memorie video, există variante cu MB de memorie video Principiul de funcționare al acceleratoarelor de prima generație Dfa Voodoo Graphics are unități de procesare cadru tampon și buffer de textură, fiecare cu propriul bloc de memorie Procesarea graficelor bidimensionale nu este acceptată, astfel încât acceleratorul este plasat în paralel cu o placă video convențională Rezoluție maximă x pixeli, culoare pe biți, procesare , milioane de triunghiuri pe secundă, rata de umplere milioane pixeli pe secundă nVidia Riva are o magistrală de memorie pe de biți, un accelerator combinat D/ D, acceptă până la MB de memorie video și este disponibil cu interfețe PCI sau AGP Modelul ZX oferă suport pentru până la MB de memorie video Adâncimea culorii biți, procesează milioane de triunghiuri pe secundă, rata de umplere de până la de milioane de pixeli pe secundă A doua generație ( - ) A doua generație acoperă o gamă largă de plăci video care funcționează în mod normal doar pe magistrala AGP, deoarece performanța lor este GPU principiul depășește capacitățile magistralei PCI A doua generație include Dfx Voodoo , Dfx Voodoo Banshee, nVidia Riva TNT, Matrox G , S Savage D, І și mai târziu Dfx Voodoo , Dfx VSA- , chipset nVidia Riva TNT , Matrox TNT , Matrox Ravage Printre acestea, există modificări suplimentare, care diferă prin modificări minore De exemplu, în nVidia Riva TNT M lățimea magistralei de memorie este restrânsă la de biți, Matrox G MAX are frecvențe crescute ale nucleului grafic și memoriei, ieșire pe două afișaje etc Cardurile din a doua generație au conducte hardware pentru procesarea a două texturi simultan, suport pentru până la MB de memorie video și culoarea pe de biți este adesea acceptată Frecvența crescută a RAMDAC oferă o muncă confortabilă la rezoluții înalte ale ecranului monitorului Adâncimea tamponului Z a crescut la - de biți Standardul este suportul hardware pentru multitexturare, filtrare anizotropă și alte tehnologii moderne Dfx Voodoo Dfa Voodoo s-a dovedit a fi un chipset foarte decent pentru vremea lui, deși încă nu avea un nucleu D Două unități de procesare a texturii funcționează în paralel în modul multitexturing În modul normal, al doilea bloc este inactiv Performanța atinge , milioane de triunghiuri pe secundă, rata de umplere este de până la de milioane de pixeli pe secundă Din păcate, adâncimea de biți a tamponului Z și adâncimea gamei sunt de numai biți Cantitatea de memorie de pe card este de sau MB nVidia Riva TNT nVidia Riva TNT este considerat pe drept unul dintre cele mai bune chipset-uri din generația sa Dispune de o calitate ridicată a imaginii atât în grafică D, cât și D Două conducte de procesare a texturii permit multitexturarea într-o singură trecere Adâncimea tamponului Z este de de biți Pentru prima dată, mapare cu denivelări suportată de hardware, filtrare triliniară, filtrare anizotropă, anti-aliasing global Dezvoltarea GPU-urilor Accelerator nVidia Riva TNT baie Procesează până la milioane de triunghiuri pe secundă, rata de umplere ajunge la de milioane de pixeli pe secundă De obicei, o placă video are MB de memorie locală DfxVoodoo Banshee Dfx Voodoo Banshee - în acest chipset, Dfx a combinat pentru prima dată acceleratoarele D și ) Rezultatul nu a fost foarte reușit: în Z)-pe-press au fost plângeri despre calitatea imaginii, în D - despre performanță Matrox G Matrox G a făcut furori printre profesioniștii care lucrează cu grafică D, dar nu a strălucit în lumea D, deși părea să aibă toate elementele hardware necesare Are o calitate excelentă a imaginii D și este adesea recomandată ca o soluție cu cost redus pentru un sistem de producție care este redat doar ocazional Procesează până la , milioane de triunghiuri pe secundă, rata de umplere - până la de milioane de pixeli pe secundă Savage D Savage D, Savage arătau ca niște prematuri din S Cu caracteristici declarate destul de decente, au arătat o calitate slabă a imaginii, în conflict cu diverse hardware și programe Driverele de înaltă calitate pentru ei nu au apărut Matrox G Matrox G a acționat ca un succesor fidel al lui G După ce a păstrat calitatea excelentă a graficii D, chipsetul și-a îmbunătățit semnificativ performanța în D, cedând doar puțin "colegilor de clasă" TNT și Voodoo G este singurul din generația sa care este procesat GPU texturi folosind tehnologiile EMVM și Dot Product În varianta G MAX se calculează aproximativ milioane de triunghiuri pe secundă, iar rata de umplere ajunge la de milioane de pixeli pe secundă Dfx Voodoo Dfa Voodoo a avut diverse modificări (cu denumirea , , ), care diferă în frecvențele de funcționare ale nucleului și memoriei, precum și în volumul acesteia din urmă Din anumite motive, compania s-a încăpățânat să se concentreze pe un buffer Z pe biți, care era complet insuficient pentru jocuri, pe suportarea doar a culorilor și texturilor pe biți cu o dimensiune maximă de x pixeli Acceleratorul (în modificarea ) procesează până la milioane de triunghiuri pe secundă și oferă o viteză de umplere de până la milioane de pixeli pe secundă datorită funcționării a două conducte paralele nVidia Riva TNT nVidia Riva TNT este considerat de mulți cel mai bun chipset din a doua generație, a fost produs și în modificările M , Vania și Ultra În versiunea Ultra, având MB de memorie video, chipsetul procesează milioane de triunghiuri pe secundă, rata de umplere ajunge la de milioane de pixeli pe secundă Calitatea înaltă a imaginii este remarcată pentru orice metodă de utilizare a plăcii video Dezavantajul este înlocuirea tehnologiei "cinstite" de filtrare triliniară cu asemănarea ei - aproximarea triliniară ATI Rage ATI Rage s-a dovedit a fi un chipset mediu în toate sensurile Calitatea medie a graficii D și £>, viteza medie în jocuri și aplicații multimedia Singura caracteristică remarcabilă a chipset-ului este capabilitățile sale de procesare video Videoclipul DVD este redat foarte bine, cadrele sunt capturate cu o calitate bună etc Dfx VSA- OO Dfic VSA- (Voodoo Scalable Architecture - Voodoo scalable architecture) a fost destinat să devină baza unei întregi linii de plăci video, care diferă doar prin numărul de acceleratoare grafice și dimensiunea memoriei Adică, teoretic este posibil să se potrivească orice număr rezonabil de VSA- (până la ) pe o placă video, atâta timp cât lățimea de bandă a magistralei AGP, dimensiunile plăcii și condițiile de temperatură o permit Tehnologia se bazează pe împărțirea procesării cadrelor pe linii între procesoare În funcție de rezoluție, gama de culori, adâncimea Z-buffer, efectele aplicate și alți parametri ai scenei D, fiecare chipset VSA- poate procesa de la la de linii de cadru VSA- a fost produs folosind tehnologia de , microni, ceea ce a cauzat probleme cu regimul de temperatură De exemplu, o placă video pe două cipuri Dezvoltarea GPU-urilor a dezvoltat o putere termică de aproximativ W, ceea ce la acea vreme era un record Acest chipset a fost primul produs Dfx care a suportat tehnologii moderne - gamă de culori pe de biți, texturi de până la x pixeli, conducte paralele, buffer Z de de biți, compresie de texturi Un loc special a fost ocupat de tehnologia T-buffer implementată în arhitectura VSA- T-buffer vă permite să accelerați execuția unor astfel de operațiuni precum Motion Blur, Soft Shadows, Soft Reflections, Depth Of Field, Full Scene Antialiasing Problema este că aceste tehnologii încă "manca" resurse de calcul și viteza scade Scalabilitatea vă permite să creșteți numărul de conducte și, astfel, rata de umplere De exemplu, cardul Voodoo (are două procesoare VSA- ) atinge o rată de umplere de până la megapixeli pe secundă, în timp ce cardul Voodoo (are patru procesoare VSA- ) atinge până la milioane pixeli pe secundă Generația DirectX? ( - ) A treia generație include acceleratoare video echipate cu un element fundamental nou - un procesor geometric Astfel, o parte semnificativă a calculelor transformărilor geometrice și a parametrilor de iluminare este îndepărtată "de pe umerii" procesorului central al sistemului informatic Această soluție vă permite să accelerați semnificativ procesarea scenelor tridimensionale Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că dezvoltatorii de software ar trebui să ia în considerare în mod special suportarea de noi funcții în aplicațiile lor Coordonarea parametrilor hardware și a codului programului a devenit posibilă datorită adoptării API-ului standard DirectX dezvoltat de Microsoft De atunci, generațiile de GPU s-au distins prin capacitatea lor de a implementa funcțiile oricărei versiuni de DirectX în hardware CPU Setarea scenei Memoria operațională Triunghiuri în coordonate D Texturi Principiul de funcționare a plăcilor video din generația DirectX GPU GeForce GeForce de la NVIDIA a fost unul dintre primele chipset-uri grafice mainstream care a folosit procesorul cu geometrie NV , echipat cu un modul T&L (Transform and Lighting) Blocul de transformare calculează vârfurile poligonului și normalele într-o scenă D în coordonate locale și în câmpul vizual al camerei Blocul de iluminare determină parametrii de iluminare pentru vârfurile poligoanelor Blocul Triangle Setup calculează decalajele de coordonate, tamponul de adâncime, gama de culori, incrementul de coordonate și corecția perspectivei Toate datele sunt convertite într-un format de număr cu virgulă fixă pentru transferul ulterior în conducta de randare Modulul T&L este, teoretic, capabil să proceseze până la milioane de triunghiuri pe secundă cu calcul dinamic al iluminării din două surse Trei sau mai multe lumini dintr-o scenă provoacă o scădere semnificativă a performanței Principalele limitări de performanță sunt introduse de unitatea de calcul al iluminării, care procesează de fapt maximum , milioane de triunghiuri pe secundă Două conducte de procesare a texturii sunt capabile să umple rate de până la de milioane de pixeli pe secundă Acceptă filtrarea anizotropă în opt puncte, texturi D, comprimare a texturii și mapare procedurală (programabilă) a texturii GeForce GPU oferă suport hardware pentru redarea video DVD cu compensare hardware a mișcării De asemenea, acceptă standardele HDTV - televiziune de înaltă definiție RAMDAC cu o frecvență de MHz vă permite să vizualizați imagini full-color cu rezoluție înaltă Cu toate acestea, fiind primul semn al generației de chipset-uri grafice DirectX , plăcile video bazate pe GeForce nu au scăpat de unele "boli ale copilăriei" În primul rând, aceasta se referă la frecvența nucleului grafic, care este limitat la MHz, care, cu standardele tehnologice ale chipset-ului de , microni, pare extrem de insuficientă În al doilea rând, în programele reale, utilizarea a mai mult de două surse de lumină într-o scenă încetinește foarte mult chipsetul GeForce GTS GeForce GTS (GigaTexel Shader) a fost o dezvoltare ulterioară a soluțiilor nVidia de succes găsite în arhitectura GeForce Arhitectura de bază NV a scăpat de deficiențele predecesorului și a adăugat noi funcții Numele subliniază performanța ridicată a conductelor de procesare a texturii (fiecare Dezvoltarea GPU-urilor are două blocuri de calcule), care au furnizat o rată de umplere de până la , miliarde de pixeli pe secundă Capacități îmbunătățite ale procesorului de geometrie, care este capabil să proceseze până la de milioane de triunghiuri pe secundă Acest lucru se datorează în mare măsură nu numai îmbunătățirii arhitecturii procesorului cu geometrie, ci și creșterii frecvenței de operare a nucleului grafic la MHz Acum, calculul iluminării din mai multe surse nu provoacă o scădere atât de semnificativă a performanței ca predecesorul său Totuși, "punctul culminant" al chipset-ului nu este un procesor geometric, ci un bloc îmbunătățit Shading Rasterizer - de fapt, un procesor de mapare a texturii programabil limitat Vă permite să aplicați texturi nu conform unui algoritm predeterminat, ci în funcție de un algoritm care se schimbă dinamic, care este determinat de dezvoltatorul jocului Acest lucru a deschis noi posibilități pentru programatori Nu este un secret pentru nimeni că tehnologiile de grafică D concepute pentru a aduce calitatea imaginii mai aproape de fotorealism (EMVM, texturi ZK etc ) au fost aplicate unui număr limitat de obiecte cheie din scenă, iar totul a fost pictat folosind metoda Gouraud, adică , cu o calitate foarte mediocră În jocurile bazate pe capacitățile lui NV , întreaga scenă poate fi calculată cu o imitație completă a luminii fizice datorită schimbării dinamice a hărților de lumină în blocul Shading Rasterizer Pe exemplul chipset-ului GeForce GTS, s-a dovedit că principala frână în creșterea performanței acceleratoarelor video este lățimea de bandă a memoriei Nici măcar modulele DDR SDRAM cu o lățime de magistrală de de biți nu au putut face față fluxului gigantic de date grafice Versiunile cu acceleratoare video GeForce MX, GeForce MX , GeForce MX au devenit modificări ușoare, pe ele au fost instalate blocuri de memorie SDRAM de - MB Principala diferență față de GeForce cu drepturi depline a fost absența a jumătate din unitatea de randare și a unei magistrale de memorie mai îngustă ( de biți) În plus, frecvențele de operare ale nucleului grafic și ale memoriei sunt subestimate în comparație cu versiunea completă Radeon Acceleratorul video ATI Radeon (nucleu R ) are și un procesor geometric care calculează transformări, parametrii de iluminare, decuparea poligoanelor invizibile etc Procesorul geometric și-a primit propriul nume Charisma Engine și a devenit unul dintre cele mai rapide din generația sa, procesând până la de milioane de imagini triunghiuri pe secundă O caracteristică unică a procesorului este interpolarea hardware a tranzițiilor dintre cadrele cheie la redarea video MPEG- GPU Accelerator Radeon Valorile de iluminare ale vârfurilor poligonului la joncțiunile lor sunt, de asemenea, interpolate folosind patru matrici (GeForce are două matrice), ceea ce asigură tranziții netede la colțurile modelelor Hardware-ul acceptă calculul dinamic a până la surse de lumină în scenă Modulul de procesare și randare a texturii are două conducte de pixeli cu trei unități de textură fiecare, ceea ce permite efectuarea de filtrare triliniară într-o singură trecere pentru două poligoane Rata de umplere ajunge la , miliarde de pixeli pe secundă Desigur, se oferă suport hardware pentru tehnologiile EMVM, FSAA, Motion Blur, Depth of Field etc A apărut un bloc programabil de procesare a texturii, care a făcut posibilă implementarea de noi efecte în jocuri Mai târziu, pe baza Radeon , au fost produse modificări ale Radeon VE și Radeon pe nucleul RV cu o conductă de pixeli tăiate pe jumătate Versiunile bazate pe nucleul RV (linia Radeon ) au primit un procesor vertex cu capabilități limitate Kyro/Kyro II Plăcile video cu chipset-ul grafic Kyro/Kyro II de la STMicroelectronics și Imaginations Technologies sunt puțin cunoscute utilizatorului rus Cu toate acestea, erau populare pe platformele ieftine, deoarece erau mult mai ieftine decât GeForce MX, cu performanțe ceva mai scăzute Arhitectura lor diferă semnificativ de soluțiile binecunoscute implementate în GeForce și Radeon, deoarece se bazează pe așa-numita tehnologie tile Dezvoltarea GPU-urilor Un accelerator video convențional trebuie să calculeze culoarea și vizibilitatea fiecărui pixel pentru fiecare poligon de scenă Pentru a face acest lucru, textura este citită din memoria video și se suprapun texeli (pixeli texturali) pe fiecare pixel al obiectului, determinând culoarea acestuia Acceleratorul determină apoi vizibilitatea fiecărui pixel folosind un tampon Z pentru a stoca informații despre coordonatele adâncimii Dacă pixelul este vizibil (nu există poligoane opace în fața lui), atunci este transferat în framebuffer și poate fi, de asemenea, amestecat cu un alt pixel dacă există un poligon translucid în fața lui Ca rezultat, o proporție semnificativă a resurselor este cheltuită pentru texturarea pixelilor care rămân invizibili Aceste operațiuni sunt cele care încarcă cel mai mult magistrala de memorie, împiedicând eficiența GPU-ului Redarea în Kyro/Kyro II este organizată complet diferit Întregul ecran (planul de proiecție) este împărțit în dreptunghiuri miniaturale de x sau x pixeli Aceste blocuri se numesc plăci Datorită dimensiunii mici, placa este plasată în întregime în tamponul de plăci încorporat în miezul GPU În acest buffer ( de biți adâncime), suprafețele invizibile sunt tăiate, iar suprafețele vizibile sunt texturate și transferate în framebuffer Sortarea poligonului, procesarea pixelilor și alte operațiuni sunt efectuate exact în bufferul de tile, fără a utiliza resurse de memorie Toate plăcile sunt procesate secvenţial, ceea ce realizează o performanţă foarte mare de sortare a poligoanelor Într-adevăr, fără un procesor de geometrie, Kyro II este capabil să proceseze până la de milioane de triunghiuri pe secundă Datorită arhitecturii cu gresie, nu există accesări inutile la memorie, deoarece doar pixelii vizibili sunt texturați Memoria video locală nu este utilizată pentru Z-buffer Toate procesele de tăiere a suprafețelor invizibile au loc cu o precizie de de biți, ceea ce elimină o eroare la aplicarea texturilor translucide O caracteristică promițătoare a cipurilor care utilizează o arhitectură de plăci este paralelizarea lucrărilor pe mai multe controlere Teoretic, este posibil să se creeze o placă video cu două, patru sau mai multe cipuri Kugo, mărind practic performanța de două sau, respectiv, de patru ori Savage Acceleratorul video Savage de la S a devenit obiectul unor critici aspritoare datorită procesorului său cu geometrie "virtuală" În majoritatea aplicațiilor, beneficiile sale nu pot fi găsite în niciun fel Deși S a reușit să anunțe Savage cu procesorul de geometrie T&L cu trei zile înainte ca nVidia să lanseze GeForce, problemele cu procesorul de geometrie ne-au obligat să pregătim urgent cercetările GPU versiunea corectată este Savage + Cu toate acestea, după transferul lui S în mâinile VIA Technology, producția a fost redusă Principalul avantaj al Savage a fost suportul hardware pentru inventarea tehnologiei de compresie a texturii S - TS Ca rezultat, jocurile care folosesc texturi mari (cum ar fi Unreal Toumament) rulează la rate de cadre mai mari pe Savage decât pe alte acceleratoare Din păcate, acolo se termină beneficiile Ca să nu mai vorbim de calitatea driverelor - driverele fără valoare au devenit un accesoriu indispensabil pentru produsele S De aici încetinirea jocurilor, distorsiunea teribilă a imaginii, incapacitatea de a instala pe unele plăci de bază și multe alte probleme Generația DirectX O caracteristică distinctivă a plăcilor video din generația DirectX a fost apariția unei unități programabile de procesare a atributelor vertex (procesor vertex) Programele de procesare (vertex shaders) au efectuat mai întâi operații geometrice, apoi au putut lucra cu culoarea vârfurilor și transparența Un bloc similar pentru calcularea culorii pixelilor bazat pe pixel shaders a devenit parte din pipeline de pixeli GeForce Acceleratorul grafic GeForce bazat pe nucleul NV de la nVidia a început pentru prima dată să accepte shadere de pixeli și vertex furnizați de specificația DirectX în hardware În comparație cu GeForce , arhitectura NV are numeroase îmbunătățiri atât în circuite, cât și în metodele de funcții de implementare, care au crescut semnificativ performanța plăcilor video CPU Setarea scenei RAM Triunghiuri în coordonate D Texturi Principiul de funcționare a plăcilor video din generația DirectX Dezvoltarea GPU-urilor Accelerator în Vidia GeForce La nivel tehnologic, utilizarea standardelor de , microni și instalarea în șapte straturi a făcut posibilă îndeplinirea unui regim de temperatură acceptabil cu un număr de tranzistori într-un cristal de aproximativ de milioane Principala realizare a dezvoltatorilor la crearea GeForce este dezvoltarea unui procesor grafic programabil Anterior, toate operațiunile conductei grafice erau codificate de către circuitele de bază ale graficelor Orice abatere era pedepsită prin transferarea calculului operației către procesorul central Folosind capacitățile GeForce , programatorii pot folosi modulul nfiniteFX pentru a manipula vârfurile triunghiulare (motorul de umbrire a nodurilor) și pixelii de suprapunere a texturii (motorul de nuanțare a pixelilor) după bunul plac Ambele caracteristici sunt incluse în biblioteca DirectX și pot fi, de asemenea, acceptate în noile implementări ale driverelor OpenGL Un număr mare de tranzistori în GeForce nu a fost în zadar Rezultatele testului arată că arhitectura GPU este bine echilibrată Utilizarea mai multor cache (pentru valorile texturii, frame buffer, depth buffer și date geometrie) vă permite să nu petreceți cicluri suplimentare așteptând date Un mecanism special de acces la memorie (așa-numita bară transversală) cu ajutorul a patru controlere independente optimizează accesul diferitelor blocuri la datele selectate din memorie sau primite de la procesor, precum și la rezultatele muncii blocurilor anterioare GPU În ceea ce privește pixel shader, rețineți că arhitectura GeForce nu oferă niciun interpret pentru comenzile pixel shader Codul pixel shader este tradus în setări pentru opt unități de randare din patru conducte de procesare a texturii Este important de înțeles că din punct de vedere al arhitecturii, conducta în opt trepte a rămas aproape aceeași, deși a devenit flexibil personalizabilă Blocul vertex shader are o performanță maximă de de milioane de triunghiuri pe secundă Aceasta oferă o viteză acceptabilă pentru efectuarea de operațiuni extrem de complexe: morphing obiect (morphing de caractere), proiecție volumetrică a umbrei (proiecție a volumului umbrei), iluminare vertex personalizabilă (iluminare vertex), cartografiere personalizabilă a texturii pe cadru (skinning), amestecarea acestora (amestecare) , coordonate de textură de generare personalizată, operații personalizate cu matrice de textură, calcule programabile de vârfuri Deoarece calculul vârfurilor este realizat de cipul grafic, resursele procesorului central sunt eliberate Acest lucru permite ca mai multe resurse să fie dedicate modelului fizic al lumii, imitației obiectelor și inteligenței artificiale GeForce a fost produs cu mai multe modificări, inclusiv GeForce Titanium ieftin și GeForce Titanium overclockat Radeon Generația DirectX din linia de produse a companiei canadiane ATI este reprezentată de acceleratoarele video Radeon (nucleu R ), Radeon (nucleu RV ), Radeon (nucleu RV ) Procesorul grafic este fabricat folosind tehnologia de , microni și este format din de milioane de tranzistori Miezul cristalului are o frecvență de operare de MHz, include patru conducte de redare și o unitate de umbrire a vârfurilor Numărul de unități de textură a fost redus la două pe conductă de pixeli Teoretic, rata de umplere ajunge la miliarde de pixeli pe secundă Pentru a se potrivi cu ratele de umplere ridicate, ATI a crescut frecvența memoriei la - MHz (folosind tehnologia DDR) Procesorul grafic folosește o magistrală de memorie de de biți (transferând de biți de informații pe ceas) Mai mult, sunt utilizate două canale cu o lățime de de biți Există o diferență notabilă față de arhitectura GeForce , care are acces pe de biți în fiecare dintre cele patru controlere independente de memorie Tehnologia avansată de economisire a lățimii de bandă a memoriei HyperZ II (pre-respingerea pixelilor ascunși) permite nucleului grafic să acceseze memoria practic fără restricții Principalul "remarcat" al lui Radeon este procesorul grafic programabil SmartShader, un concurent și, într-o oarecare măsură, funcțional Dezvoltarea GPU-urilor Acceleratorul ATIRadeon Analogul onal al mecanismului nfiniteFX al procesorului GeForce ATi consideră SmartShader "mai inteligent", deoarece utilizează până la șase intrări texel per pixel într-un program de vârf și implică, de asemenea, programe mai lungi ( față de instrucțiuni) Specificațiile procesorului SmartShader sunt în DirectX (pixel shaders versiunea și vertex shaders versiunea ) Procesarea video a fost întotdeauna un punct forte al produselor ATI Acceleratorul video Radeon permite decodarea hardware MPEG , compensarea mișcării și iDCT pentru a îmbunătăți redarea DVD-ului, precum și înregistrarea MPEG Blocul Video Immersion II folosește un algoritm de anti-aliasing îmbunătățit împreună cu o nouă tehnologie de conversie a ratei de cadre pentru a îmbunătăți claritatea și a reduce tremuratul GeForce În , nVIDIA a introdus o nouă linie de produse DirectX de generația numită GeForcei Nomenclatura plăcilor video este împărțită în două linii: buget bazat pe GPUNV (GeForce ТІ , ТІ , ТІ ) și de înaltă performanță bazat pe nucleul NV (GeForce Ti ) Modelele Junior se caracterizează prin frecvențe reduse de nucleu și memorie Liderul noii serii este chipsetul GeForce Titanium bazat pe nucleul NV care funcționează la MHz, echipat cu SDRAM DDR pe de biți cu patru canale cu o frecvență echivalentă de MHz GPU Accelerator GeForce MX Principalele diferențe dintre GeForce și GeForce sunt următoarele: • sunt implementate două controlere independente de afișare (CRTC), care asigură ieșirea de imagini diferite (în ceea ce privește rezoluția și conținutul bufferelor de cadre) către două receptoare de semnal; • sunt instalate două RAMDAC-uri integrate în chipset (care suportă o paletă de biți) cu o frecvență de MHz; • chipsetul are o interfață încorporată pentru ieșirea semnalului către un televizor (TV-Out); • pentru a exclude conversia semnalului dublu la ieșirea pe afișaje digitale, un transmițător TDMS (interfață DVI) este integrat în chipset; • a fost adăugat încă un bloc de execuție vertex shader, care permite procesarea a două vârfuri simultan; • unitatea de procesare a texturii oferă suport hardware pentru pixel shaders până la versiunea inclusiv; • există patru blocuri cache separate pentru date de geometrie, texturi, framebuffer și Z-buffer; • Algoritmi îmbunătățiți pentru anti-aliasing (Quincunx), compresie texturi, curățare Z-buffer, excludere suprafețe invizibile (Z Cull HSR) Diferențe importante între versiunea MX (nucleu NV ) și versiunea Titanium (NV sau NV ): • GeForce MX nu acceptă pixel shaders; Dezvoltarea GPU-urilor • GeForce L/L' are un decodor hardware MPEG și management dinamic al puterii, în timp ce GeForce Ti nu are; • GeForce MX are două conducte de textură, GeForce Ti are patru; • GeForcei Ti are două unități T&L, GeForce MX are una; • GeForcei MX are două controlere DVI încorporate, GeForce Ti are unul Astfel, GeForce MX este un hibrid al arhitecturilor GeForce și GeForce / și aparține generației DirectX măsură ce implementează specificația DirectX Generația DirectX Acceleratoarele GPU complet programabile fac parte din generația DirectX Datorită introducerii lor, dezvoltatorii de software au putut să descrie modul în care graficele sunt procesate folosind comenzi similare cu declarațiile din limbaje de programare de nivel înalt, cum ar fi C++ În special, nVidia a dezvoltat chiar și limbajul Cg (C Graphics) pentru programarea GPU-urilor sale Suportul pentru procesoare grafice programabile este oferit în versiunea API DirectX versiuni diferite La momentul scrierii, cea mai recentă versiune este c, care acceptă vertex și pixel shaders CPU Setarea scenei RAM Triunghiuri în de coordonate Texturi Principiul de funcționare a plăcilor video din generația DirectX GPU Matrox Parhelia Deși majoritatea experților se așteptau la lansarea primelor cipuri grafice din generația DirectX din măruntaiele laboratoarelor nVIDIA sau ATI, Matrox a declanșat în mod neașteptat GPU-ul Parhelia (tradus literal din greacă ca "soare fals") a fost primul produs care a suportat funcțiile DirectX , deși nu pe deplin În special, poate rula vertex shaders versiunea , dar pixel shaders - doar versiunea , care a fost rezultatul grabei companiei (la urma urmei, specificația finală DirectX nu a fost aprobată la momentul lansării Parhelia) Din punct de vedere al topologiei și tehnologiei de producție, GPU-ul arată și el ca o opțiune intermediară Pe de o parte, sunt utilizați de milioane de tranzistori, o magistrală de memorie video de de biți, conducte de pixeli cu câte unități de textură fiecare și alte soluții avansate Pe de altă parte, sunt utilizate standarde de tehnologie de , microni (ceea ce duce la sarcini termice mari), nu sunt prevăzute măsuri pentru a economisi lățimea de bandă a magistralei de memorie Drept urmare, rezultatele numeroaselor teste arată că Parhelia este vizibil inferior în aplicațiile de gaming chiar și cipurilor din generația anterioară GeForce sau Radeon Cu toate acestea, Matrox Parhelia are și o serie de avantaje incontestabile În primul rând, este capacitatea de a afișa imagini pe trei monitoare Adică, o linie de trei afișaje LCD vă va permite să creați o imagine cu ecran lat cu drepturi depline care se suprapune practic pe câmpul vizual al unei persoane În al doilea rând, aceasta este cea mai înaltă calitate a semnalului de televiziune generat de placa video Rețineți că niciunul dintre celelalte modele nu are o ieșire TV cu acest nivel de calitate Ceva comparabil poate fi obținut doar cu ajutorul unor convertoare separate VGA-to-TV GeForceFX Pe noiembrie , procesorul grafic nVidia GeForce FX xxx bazat pe nucleul NV , care hardware suportă specificațiile DirectX (pixel shaders versiunea și vertex shaders versiunea ), a fost prezentat publicului La proiectarea lui NV , pentru prima dată, au fost folosite în totalitate dezvoltările unei echipe de ingineri de la compania Dfc, care a fost cumpărată anterior de la nVidia Caracteristici cheie ale GPU-ului NV : • standarde tehnologice , microni, milioane tranzistoare; • două procesoare geometrice; • opt procesoare pixeli, opt unități de textură; • Interfață AGP ( X); Dezvoltarea GPU-urilor • Bus de memorie DDRII pe de biți, controler cu patru canale; • două RAMDAC-uri de MHz încorporate; • TV-Out, trei interfețe TDMS pentru controlere DLT externe, trei interfețe DKZ integrate Utilizarea unei magistrale de memorie DDR II pe de biți a făcut posibilă reducerea semnificativă a costurilor plăcilor de circuite imprimate cu un timp de acces semnificativ mai scurt în comparație cu DDR Controlerul de memorie se bazează pe o schemă încrucișată cu patru canale, care s-a dovedit bine pe cipurile VF Cache-urile interne ale GPU-ului sunt conectate la patru canale de memorie și magistrala de sistem printr-un comutator unu-la-unu În aproximativ jumătate din cazuri, este suficient să folosiți două canale pentru a servi nevoilor procesoarelor vertex și pixeli GeForce FX este echipat cu unul (nucleu NV și NV ), două (nucleu NV ) sau trei (nucleu NV , NV sau NV ) procesoare vertex independente care respectă pe deplin (și chiar depășesc) specificația DX pentru vertex shaders versiunea Aplicațiile D moderne apelează adesea funcții API pentru a schimba diferite setări grafice Bufferul cu informații geometrice este trimis prin magistrala AGP către accelerator, care trebuie să-l proceseze folosind shaders-urile și texturile specificate anterior Diferite setări sunt stocate de șofer într-un buffer special din memoria sistemului Dacă este necesar să desenați ceva folosindu-le, indicatorul către acest buffer este transmis acceleratorului Începând din acest moment, acceleratorul interpretează independent bufferul, ajustându-i blocurile interne și afișează cifrele pe ecran în funcție de datele geometrice transmise acestuia, selectând și treptat datele geometrice din memoria locală și/sau de sistem După preluarea datelor, driverele API returnează imediat controlul programului și continuă să colecteze setări și comenzi într-un nou buffer Interpretarea parametrilor este determinată doar de codul vertex shader, adică de programatorul care l-a scris Pe aplicațiile existente, performanța geometrică este teoretic de - ori mai mare decât NV din cauza creșterii numărului de procesoare și a vitezei de ceas de bază mai mari Până la vectori cu patru dimensiuni sunt disponibili la intrarea procesoarelor geometrice Ieșirea este poziția vârfurilor în coordonatele proiecției scenei (ecran), dimensiunea punctului ecranului (în cazul utilizării sprite-urilor), vectori de coordonate de textură și doi vectori de valori de culoare interpolate în timpul umplerii triunghiului pentru fiecare pixel După interpolare, valorile acestor vectori sunt transmise pixel shader-ului ca parametri de intrare În plus, programele au de vectori constanți specificați din exterior și registre temporare ale generalului GPU Accelerator GeForce FX Ultra destinații utilizate pentru stocarea rezultatelor intermediare Există patru registre speciale "sampler" care permit shader-ului vertex să selecteze valori din texturi Acest lucru este necesar pentru utilizarea texturilor ca hărți de deplasare și alte efecte similare Fiecare procesor de vârf GeForce FX are propriul său indicator de instrucțiuni curent și un set de logică de control responsabilă de implementarea tranzițiilor și buclelor, care oferă flexibilitate de programare a shader-ului Procesorul de pixeli primește coordonate de textură interpolate pe suprafața triunghiurilor (cu corecție de perspectivă) și doi vectori de culoare interpolați Ieșirea este de până la patru valori diferite de culoare scrise în diferite buffer-uri ale cadrelor de ieșire și o valoare de adâncime Puteți utiliza valoarea de buffer de adâncime calculată și valoarea inițială a culorii în acel punct din shader pentru a implementa un efect de amestecare personalizat sau alte operațiuni Până la texturi sunt preluate în timpul execuției shaderului Unitatea de textură în sine constă din două părți - un set de interpolatoare și un set de blocuri care preiau date din textură la cerere de la shader A devenit posibilă ajustarea raportului dintre calitatea și viteza de filtrare, oprindu-se la raportul optim Dezvoltarea GPU-urilor O caracteristică interesantă a GeForce FX este compresia în memoria tampon nu numai a valorilor de adâncime, ci și a culorii Acest lucru vă permite să ștergeți rapid tamponul și să reduceți schimbul cu memoria video La rezoluții mari, compresia tampon oferă o creștere semnificativă a spațiului liber în memoria locală Eficiența utilizării lățimii de bandă a magistralei de memorie aproape se dublează, ceea ce a făcut posibilă limitarea lățimii magistralei la de biți la modelele mai tinere Cu toate acestea, o magistrală lată de de biți a fost folosită mai târziu în modelele high-end Acceleratorul video GeForce FX bazat pe nucleul NV nu a avut prea mult succes Printre deficiențe, s-au remarcat încălzirea puternică, zgomotul ridicat al sistemului de răcire și performanța relativ scăzută Nvidia a încercat să repare situația prin lansarea noii linii FX bazată pe nucleul NV Arhitectura nucleului a suferit multe modificări și îmbunătățiri De exemplu, magistrala de memorie a fost extinsă de la la de biți Frecvența de ceas a fost redusă de la la MHz, ceea ce a făcut posibilă creșterea randamentului de cristale adecvate în timpul producției Noul sistem de răcire nu mai este afectat de zgomot ridicat Arhitectura pixel shader-urilor a fost reproiectată semnificativ în noul nucleu GPU-ul NV este capabil să efectueze de două ori mai multe operațiuni în virgulă mobilă decât NV Și dacă compilatorul poate optimiza eficient codul, atunci performanța este aproape dublată Una dintre cele mai notabile caracteristici ale arhitecturii GPUNV este suportul hardware pentru așa-numita "comprimare a culorilor" Este util mai ales atunci când anti-aliasing este activat De exemplu, când se utilizează anti-aliasing X, se calculează patru subpixeli pentru un pixel, apoi valoarea finală a culorii este obținută prin mediere Dacă toți cei patru subpixeli sunt în interiorul aceluiași poligon și nu aparțin marginilor acestuia, atunci poate fi utilizată compresia de culoare : Desigur, eficiența reală, adică numărul de pixeli comprimați, depinde de textura utilizată În procesorul NV , eficiența tehnologiei de compresie HCT (tehnologia de înaltă compresie) a fost îmbunătățită cu aproximativ % Jocurile moderne folosesc adesea tehnologia "stencil shading" (Stencil Shadows) Complexitatea redării umbrelor are un impact negativ asupra performanței jocului Tehnologia "UltraShadow" de la NVIDIA permite dezvoltatorilor să definească părțile scenei în care umbra va fi vizibilă, eliminând calculele redundante Un avantaj al GPU-ului GeForceFX este capacitatea de a crea umbre volumetrice într-o singură trecere, în timp ce alte GPU-uri necesită două treceri Astfel, arhitectura GPU-ului NV , grație numeroaselor îmbunătățiri, optimizări și rafinamente, a atins și a depășit în sfârșit nivelul de performanță al lui R GPU Linia GeForce FX xxx include modele în trei categorii: • buget (nucleu NV ), (nucleu NV ), (nucleu NV ); • mainstream (nucleu NV ) și (nucleu NV ); • clasa superioara (nucleu NV ) si (nucleu NV ) Familia GeForce bxxx În , nVidia a dezvoltat o nouă familie de procesoare grafice GeForce bxxx cu suport hardware pentru pixeli și vertex shaders versiunea , care respectă specificația DirectX c Nava emblematică a familiei este acceleratorul video GeForce Ultra bazat pe nucleul NV cu de milioane de tranzistori Pentru comparație, Pentium EE are de milioane de tranzistori, dintre care de milioane sunt cache L Nucleul procesorului în sine este format din doar de milioane de tranzistori Cipul NV este produs pentru nVidia de compania ІВМtu la tehnologia de , microni Pe baza costurilor de producție ale unui astfel de monstru, în momentul în care GeForce Ultra a apărut pe piață, prețul de jumătate de kilodolar pentru o placă video nu părea excesiv Arhitectura conductei de pixeli GPU a suferit o revizuire aproape completă Există puține în comun cu arhitectura anterioară NV / Designul canalului de pixeli al TVRED poate fi definit ca x (procesează pixeli pe ceas în funcție de culoare și valoare de adâncime) sau x (procesează de pixeli pe ceas numai după valoarea adâncimii) De exemplu, dacă programul utilizează în mod activ umbre stencil (Stencil Shadow), NV poate calcula de pixeli pe ciclu din valoarea Placa grafica cu procesor GeForce si sistem de racire pasiv Dezvoltarea GPU-urilor adâncimea în tamponul Z-Stencil GPU-ul NV / a putut reda doar pixeli Dacă programul prevede suprapunerea unei texturi, NV poate procesa pixeli pe ceas, iar NV / doar Când se suprapune două texturi, performanța lui NV scade la pixeli pe ceas, în timp ce NV / menține o performanță de pixeli pe ceas Spre deosebire de predecesorul său, canalul de pixeli al lui NV este optimizat pentru a funcționa cu numere reale cu precizie de de biți Anterior, dezvoltatorii de software care vizau procesorul cu geometrie NV / trebuiau să reducă precizia pixelilor în virgulă mobilă la sau chiar biți pentru a obține performanțe acceptabile Odată cu introducerea NV , performanța completă este asigurată cu o precizie de calcul de de biți Fiecare dintre conductele de pixeli are două programe de pixeli și un procesor de textură pentru procesarea numerelor reale NV este, de asemenea, echipat cu patru cache de textură L , fiecare deservind patru conducte Cache-ul de al doilea nivel al unui volum mare ajută la descărcarea interfeței de memorie Arhitectura unităților de execuție a pixelilor acceptă tehnologia SIMD (o instrucțiune - o mulțime de date) Primul bloc de programe de pixeli din fiecare conductă poate efectua atât operații aritmetice, cât și citirea sau normalizarea texturii Al doilea bloc este doar pentru operații aritmetice În cazul pixel shader-urilor, ar trebui să se facă distincția între instrucțiuni și operații Instrucțiunile definesc funcțiile care trebuie aplicate componentelor pixelilor date: R, G, B și alpha (transparență) Vertex shader-urile își efectuează apoi calculele (operațiile) conform acestor instrucțiuni GPU-ul NV este capabil să execute minim patru instrucțiuni și opt operații per pixel pe ceas În general, putem afirma că conducta de pixeli NV este foarte eficientă Iată noile funcții ale blocului pixel shader: • suport complet pentru pixel shaders versiunea ; • simultan (total ) programe de pixeli lungi; • controlul dinamic al execuției (cicluri și ramuri, apel de subprograme și retur); • lucrul cu numere reale cu precizie de de biți; • suport flexibil pentru format de date (operanzi și texturi) FP , FP ; • Suport complet pentru tehnologia Mipmapping pentru două texturi fără pierderi de performanță Blocul vertex shader al GPU-ului NV a fost, de asemenea, îmbunătățit și extins semnificativ în comparație cu NV / Arhitectură GPU NV oferă blocuri de vârf care acceptă tehnologia MIMD (multe instrucțiuni, multe date) Conform specificației vertex shader versiunea , programele de transformare a geometriei pot avea, teoretic, o lungime infinită Datorită tehnologiei de execuție dinamică (mai multe opțiuni pentru bucle și ramuri, noi funcții ale subrutinelor), puteți scrie cod mai eficient și puteți implementa noi metode pentru a crea efecte Iată principalele funcții ale blocului vertex shader: • suport complet pentru programele vertex ; • simultan (total ) programe de vârf lungi; • prelucrarea nodurilor luând în considerare hărțile de deplasare; • control dinamic al fluxului (bucle și ramificații, apel și retur subprogram); • organizare îmbunătățită a fluxului de vârf Performanța ridicată a GPU-ului NV este asigurată nu numai de pipeline geometrice și de pixeli, ci și de utilizarea tehnologiilor de optimizare: compresia texturii, compresia bufferului de adâncime, compresia culorii și un tampon special de umbră tip stencil Ultra Shadow II GeForce Ultra folosește memorie GDDR cu o lățime de bandă de până la , GB/s GPU-urile suportă în mod tradițional accelerarea ieșirii video Dar funcțiile pentru decodarea și codificarea formatelor video comprimate rămân de obicei apanajul procesorului Familia GeForce bxxx are un procesor video programabil separat Poate fi considerat un cip într-un cip Procesorul acceptă funcții de accelerare video și este, de asemenea, echipat cu o unitate hardware de codificare/decodare: • netezire adaptivă; • scalare și filtrare; • deblocare; • encoder TV incorporat; • Suport HDTV (până la p, g); • suport pentru PVR (video recorder digital); • codificare/decodare MPEG / / ; • Decodare WMV Funcțiile de decodare hardware sunt activate automat, deoarece driverul interceptează toate solicitările DirectX și le direcționează către procesorul video Linia de plăci video GeForce bxxx este echipată fie cu o interfață AGP, fie cu un bridge nVidia HSI PCI Express, fie cu o interfață PCI Express "nativă" Puntea permite transferul datelor prin magistrala AGP cu până la x ( , GB/s) între GPU și punte Dezvoltarea GPU-urilor Pentru a alimenta GeForce Ultra, nVidia recomandă utilizarea unei surse de alimentare de sistem cu o putere nominală de cel puțin de wați Potrivit companiei, placa grafică consumă aproximativ de wați, dintre care două treimi sunt consumate de GPU Nu este surprinzător, placa video este echipată cu doi conectori de alimentare și un sistem de răcire puternic Până la sfârșitul anului , nVidia a format o linie completă de plăci video din familia GeForce bxxx: • linia bugetară (nucleu NV ); • linie mainstream (nucleu NV ); • linie de înaltă performanță (nucleu NV ) Radeon ATI a fost una dintre primele companii care a lansat un procesor grafic DirectX din generația , introducând modelul Radeon bazat pe nucleul R Caracteristicile cheie ale GPU-ului R : • standarde tehnologice , microni, milioane tranzistoare; • Memorie DDR cu o lățime de magistrală de biți, o frecvență de ceas de ( DDR) MHz; • controler de memorie cu patru canale conform schemei încrucișate; • suport hardware pentru funcțiile DirectX ; • patru procesoare vertex; • opt procesoare pixeli, opt unități de textură; • două controlere de monitor, două RAMDAC MHz, TV-Out, interfață DVI (TDMS-transmitter) Astfel, imediat după intrarea pe piață, R a devenit unul dintre liderii în domeniul acceleratoarelor de gaming Și atât în ceea ce privește perfecțiunea arhitecturii GPU, cât și în ceea ce privește performanța Anterior, ATI prefera controlere de memorie cu dublu sau unic canal în acceleratoarele sale Această abordare este bună pentru streaming de date, dar mai puțin eficientă pentru sarcini complexe care folosesc mai multe fire pentru a accesa memorie Prin urmare, nu este surprinzător că ATI a urmat pe urmele nVidia și a implementat un controler de memorie crossover cu patru canale în R Combinația de tehnologii folosite pentru a economisi lățimea de bandă a memoriei se numește HyperZ III Esența rămâne aceeași: compresia și curățarea rapidă a tamponului de adâncime, precum și trei niveluri de reprezentare ierarhică a tamponului Z pentru determinarea timpurie a vizibilității poligoanelor GPU-ul R are pipeline de pixeli, fiecare cu propriul procesor care execută pixel shaders Blocul de pixeli R este construit conform configurației GPU Acceleratoare Radeon XT (stânga) și Pro x , adică doar o unitate de textură este atașată la fiecare conductă de pixeli Capacitățile de calcul ale conductelor de pixeli sunt, de asemenea, menite să rezolve unele dintre problemele de codificare și decodare a fluxurilor video, conversia spațiilor de culoare și dezinterlatarea unei imagini de televiziune Conductele de procesare a vârfurilor nu s-au schimbat semnificativ față de R Principala inovație a fost capacitatea de a gestiona fluxul de comenzi Subrutinele, buclele, săriturile condiționate și necondiționate sunt acum disponibile Acceleratoarele video ale familiei Radeon / de diferite modificări se bazează pe GPU R O versiune îmbunătățită (memorie și frecvențe de bază mărite) bazată pe GPU-ul R este reprezentată de acceleratoarele din familia Acceleratorul Radeon XT a fost produs pe baza nucleului R (cu o magistrală de memorie lată de de biți) Versiunile ieftine cu un număr redus de pipeline de pixeli și procesoare vertex se bazează pe nucleul RV (familiile , ), RV ( XT), RV (familia X ), RV (familia X ) Familia Radeon X Ca răspuns la apariția GPU-ului nVidia NV , ATI a introdus rapid plăcile video din familia X bazate pe procesorul grafic R Versiunea mai veche X XT PE are conducte de pixeli și procesoare vertex, o frecvență de bază de MHz, memorie GDDR- cu o frecvență de MHz pe o magistrală lată de de biți Dezvoltarea GPU-urilor Având în vedere poziționarea similară pe piață a R și NV ca soluții de jocuri D de înaltă performanță, este util să comparăm arhitectura acestor GPU-uri Blocurile de procesare geometrică pentru ambele produse au șase procesoare vertex În comparație cu arhitectura generației anterioare, ATI a crescut numărul de procesoare vertex cu două, iar NVIDIA și-a dublat numărul (de la trei la șase) Cu toate acestea, numărul de procesoare vertex nu înseamnă deloc aceeași funcționalitate datorită abordărilor diferite ale implementării vertex shaders și frecvențele de operare ale nucleului Miezul R de pe placa video Radeon X XT PE rulează la MHz, în timp ce nucleul NV de pe placa video GeForce Ultra rulează la MHz Teoretic, R cu același număr de procesoare vertex are un avantaj față de NV datorită vitezei de ceas de bază mai mari Cu toate acestea, funcționalitatea procesoarelor vertex din R (shaders versiunea ) este vizibil mai mică decât în NV (shaders versiunea ) În practică, acest lucru se exprimă în lipsa suportului pentru tranzițiile dinamice în vertex shaders, precum și în imposibilitatea de a prelua texturi Flexibilitatea de programare a GPU-urilor nVidia a fost întotdeauna la un nivel înalt Este suficient să menționăm limbajul special de programare Sd Dar multe teste în aplicațiile de gaming care utilizează pixel shaders versiunea arată avantajul plăcilor video ATI Motivul pentru aceasta este banal - este neprofitabil pentru programatori să optimizeze codul de joc pentru arhitectura unui GPU separat Există specificații dezvoltate de Microsoft la care se așteaptă majoritatea dezvoltatorilor de jocuri Majoritatea shader-urilor din jocuri sunt scrise în Microsoft High Level Shader Language, iar acesta este codul care este procesat eficient de GPU-urile R Numărul de conducte de pixeli este, de asemenea, una dintre caracteristicile cheie ale unei plăci video care afectează viteza de redare Atât NV , cât și R pot procesa pixeli pe ceas Cu toate acestea, arhitectura unității de pixeli R are caracteristici semnificative Principalul este că arhitectura R are blocuri de conducte În esență, există patru conducte de pixeli capabile să gestioneze blocuri de x de pixeli, numite "quads" În general, rezultă pixeli de ieșire pe ceas Fiecare dintre blocurile de pixeli are propria sa logică de control, precum și memorie cache independentă, blocuri de eșantionare a texturii și procesoare de pixeli în sine Această structură a conductelor de pixeli R ar trebui să reducă întârzierile prin reducerea lungimii conductei Prin dezactivarea blocurilor de conducte de pixeli, este posibil să obțineți produse grafice mai ieftine (și mai puțin productive) bazate pe R GPU cesori De exemplu, versiunea plăcii video X Pro bazată pe nucleul R are trei blocuri de pixeli (conducte de pixeli) Specificațiile DirectX stabilesc precizia minimă acceptabilă pentru lucrul cu numere reale - de biți În GPU-ul R , formatul pe de biți este cel principal, deși este acceptată reprezentarea datelor în formatele de și de biți Pentru comparație, GPU-ul NV funcționează cu numere reale în format de de biți Compania ATI a folosit memorie standard GDDR- în plăcile video bazate pe GPU R , repetând soluția nVidia pentru plăcile video GeForce Dar organizarea lucrului cu memoria în GPU R are unele particularități Controlerul de memorie controlează patru canale independente de de biți fiecare Lățimea magistralei rezultată este de de biți Fiecare dintre canale are o logică complet independentă și este controlat de un comutator care este responsabil pentru transmiterea datelor către canale Cu GPU-ul R , ATI a implementat un nou algoritm de antialiasing numit Temporal Antialiasing (antialiasing temporal) Esența tehnologiei este îmbunătățirea calității netezirii datorită particularităților viziunii umane, care are proprietatea de inerție La randarea scenei, poziția subpixelilor se modifică astfel încât pe fiecare cadru par și impar, subpixelii sunt deplasați față de poziția inițială Ca rezultat, ochiul are în medie două cadre adiacente și unei persoane i se pare că sunt folosite de două ori mai multe mostre decât sunt de fapt O limitare semnificativă în aplicarea algoritmului este includerea obligatorie a sincronizării verticale cu monitorul Dacă rata de cadre a jocului scade sub rata de sincronizare, algoritmul Antialiasing temporal este dezactivat și se aplică antialiasing obișnuit În jocurile moderne, hărțile normale sunt utilizate pe scară largă, care sunt texturi cu informații despre neregulile suprafeței Datele sunt prezentate ca parametri ai unui vector care este perpendicular pe suprafața obiectului într-un punct dat Utilizarea hărților normale împreună cu texturi de înaltă rezoluție vă permite să obțineți obiecte tridimensionale detaliate fără a crește numărul de poligoane de pe model Cu toate acestea, în formă necomprimată, hărțile normale ocupă mult spațiu de memorie și pun o sarcină mare pe magistrala de memorie Pentru texturile obișnuite, au fost dezvoltate de mult timp metode speciale de compresie (DXTC), ai căror algoritmi sunt incluși în specificațiile DirectX Atunci când sunt comprimate folosind metoda DXTC, hărțile normale pierd unele informații, ceea ce provoacă apariția unor artefacte Pentru a rezolva problema compresiei normale a hărților, ATI a dezvoltat tehnologia Dc implementată în arhitectura grafică Dezvoltarea GPU-urilor Accelerator Radeon X XT procesor R Raportul de compresie atunci când utilizați algoritmi Dc este de : , ceea ce ajută foarte mult la economisirea lățimii de bandă a memoriei Consumul de energie al plăcilor video bazate pe R este de aproximativ W, ceea ce necesită alimentare suplimentară prin intermediul unui conector separat Cu toate acestea, nivelul de disipare a căldurii a miezului este scăzut și permite utilizarea unui sistem de răcire compact, cu zgomot redus Cipurile de memorie nu sunt de obicei echipate cu radiatoare Pentru a sprijini noua interfață PCI Express, ATI a dezvoltat procesorul grafic R cu un controler de interfață integrat Pe baza procesorului este produsă placa video Radeon X XT Familia de plăci grafice de gamă medie X (PCI Express) se bazează pe GPU-ul R , a cărui arhitectură este aproape identică cu R GPUR este produs conform standardelor tehnologice de , microni Numărul de conducte de pixeli a fost redus la opt în comparație cu R , iar lățimea magistralei de memorie a fost redusă la jumătate (la de biți) Numărul conductelor de vârf a rămas neschimbat - șase Tehnologia de proces mai strictă a redus consumul de energie și a eliminat puterea suplimentară, deoarece interfața PCI Express oferă până la de wați de putere GPU Evaluarea performanței plăcii video Relativ recent, performanța procesorului central ar putea fi estimată cu suficientă acuratețe prin frecvența de funcționare a acestuia Cu cât frecvența este mai mare, cu atât procesorul este mai puternic Aproximativ aceeași imagine a fost observată în domeniul adaptoarelor grafice Frecvența de funcționare a miezului a determinat practic performanța plăcii video Introducerea tehnologiilor inteligente pentru paralelizarea operațiunilor, optimizarea codului, utilizarea diferitelor tipuri de memorie și zeci de alte inovații în arhitectura procesorului și designul plăcii video au distrus o imagine simplă și binevoitoare Acum, evaluând performanța atât a procesorului, cât și a procesorului GPU-ul este o sarcină non-trivială Într-o linie de produse a unei companii, o estimare aproximativă a performanței poate fi făcută prin numărul de qi și produsul gp , și așa mai departe Cu cât numărul este mai mare, cu atât procesorul este mai puternic O abordare similară este utilizată de producătorii de GPU De exemplu, nVidia produce familii de plăci video GeForce , , Cu cât numărul este mai mare, cu atât produsul este mai productiv Dar în Modelul Cha MHz vp, MHz PC TB VK w, bit SZ, MP/s SOV, mv/s psp, Mbit/s ipp RX XTPE , RX XT V GF UE , (B U , RXSOOPro , GF GT , GEEK CU , GF , R X , GEEX CU , (B G , R His , (TECH , SG QLE , (TVX SKG , GEEK CU , Evaluarea performanței plăcii video Model QY , MHz np, MHz R His , R His , R , R SE , GEFX U C, R SE , R D GEEX , R His , GEFX U , RX XT , GF , R XT , R , R His , RX His , GEEX CU , RX , GEFX U , GEEX , R , R SE , GFEX , GEEX , GEEX X , GEEX QLE , , NFR - frecvența centrală FR - frecvența afectivă a memoriei PC - numărul de conducte de pixeli TB - numărul de unități de textură VC - numărul de conducte de vârf SR - lățimea magistralei de memorie SZ - viteza de umplere OWL - viteza de procesare a vârfurilor Lățimea de bandă a memoriei IPP - indicator integral al productivității GPU Etichetarea adaptoarelor grafice folosește adesea indici care încurcă situația De exemplu, GeForce este cunoscută fără index, precum și cu indici Ultra, GT sau LE Este puțin probabil ca un cumpărător nepregătit să poată înțelege în mod independent acest amestec de cifre și litere Dar trebuie să știe pentru ce ar trebui să-și plătească banii Să încercăm să ajutăm cititorii noștri cu asta La momentul scrierii cărții, situația în etichetarea procesoarelor grafice este următoarea Nvidia are trei familii de operare: GeForce MX, GeForce FX xxx, GeForce bxxx Familia GeForce MX este construită pe GPU-uri DirectX generație cu performanțe foarte scăzute Este reprezentat în principal de plăcile video GeForce MX , , Familia GeForce FX Bxxx aparține generației DirectX și acceptă shadere-uri în versiunea extinsă Cu cât numărul din marcajul plăcii video este mai mare, cu atât este mai puternică Adică, cea mai slabă linie este , cea mai puternică este Familia GeForce bxxx aparține generației DirectX acceptă shaders versiunea Schema de marcare este similară cu familia anterioară Cea mai slabă linie este , cea mai puternică este În cadrul familiilor GeForce FX xxx și GeForce bxxx, indexurile sunt utilizate pentru a marca plăcile video cu performanțe diferite: • Ultra (frecvențe maxime de nucleu și memorie); • GT (mai mare decât frecvențele standard de core și memorie); • LE (reducerea numărului de conducte de pixeli și uneori de vârfuri; frecvențe reduse de nucleu și uneori de memorie) ATI, judecând după etichetare, are două și, de fapt, trei familii de plăci video: Radeon X /X , Radeon xxx, Radeon X /X Toate aparțin generației DirectX , dar numai familia Radeon X /X acceptă versiuni extinse ale pixel shaders b Toate plăcile video acceptă vertex shaders versiunea Familia Radeon X /X se bazează pe procesoare grafice RV /RV În familia Radeon xxx, cu cât numărul din marcaj este mai mare, cu atât procesorul este mai puternic Cea mai slabă linie este , cea mai puternică este Numerele din marcajul produsului din familia Radeon X /X indică și performanța plăcii video De exemplu, cea mai puternică placă video din familie este etichetată X În cadrul tuturor familiilor, indexurile sunt utilizate pentru a marca plăcile video pentru performanța personală: • XTRE (frecvențe maxime de nucleu și memorie); • XT (frecvențe de nucleu și memorie crescute față de XL); • XL (frecvențe de nucleu și memorie crescute); Evaluarea performanței plăcii video • Pro (funcționalitate completă sau redusă, cu menținerea sau creșterea parametrilor de frecvență); • SE (fie frecvențe reduse cu menținerea funcționalității, fie funcționalitate redusă", fie o magistrală de memorie mai îngustă) Cunoașterea caracteristicilor de marcare vă permite să evaluați performanța unui anumit model într-un număr de alte produse ale aceleiași companii și din cadrul familiei Dar evaluarea performanței plăcilor video de la diferiți producători necesită o abordare diferită Aici, vrând-nevrând, trebuie să vă ocupați de parametrii tehnici ai nucleului grafic, de memoria video locală și de caracteristicile de design ale plăcilor video În opinia noastră, pentru o evaluare integrată este necesară cunoașterea următoarelor caracteristici: • frecvența de funcționare a miezului; • frecvența efectivă a memoriei; • numărul de conducte de pixeli; • numărul de unităţi de texturare; • numărul de conducte vertex; • lăţimea magistralei de memorie Pe baza acestor parametri, puteți calcula: • viteza de umplere; • viteza de procesare a vârfurilor; • lăţime de bandă maximă a memoriei Integrarea valorilor calculate ne va oferi un indicator de performanță integrat al plăcii video, care, în principiu, ar trebui să coincidă cu rezultatele relative prezentate de acest model atunci când este testat în aplicații de jocuri Mai jos sunt date despre evaluarea performanței integrate a plăcilor video din generația DirectX tunere TV • Dispozitiv tuner TV • Difuzare digitală Tunerele de televiziune (deseori combinate cu receptoare VHF) au devenit recent din ce în ce mai populare datorită costului lor relativ scăzut Obțineți un receptor TV complet cu multe funcții suplimentare pentru - USD e astăzi este destul de real Combinarea capacităților unui computer și a instrumentelor moderne de redare video a făcut posibilă realizarea unei descoperiri calitative în domeniul divertismentului În funcție de metoda de execuție, tunerele TV sunt împărțite în încorporate (combinate cu un adaptor video pentru computer), interne (instalate în silaba de expansiune a plăcii de sistem) și externe În funcție de funcționalitate, există tunere TV convenționale, tunere TV / VHF, precum și tunere cu înregistrare video Plăcile de captare și editare video aparțin unei clase superioare de dispozitive (atât în ceea ce privește capabilitățile, cât și prețul) și nu sunt luate în considerare aici Conform standardului de facto din clasa tuner TV, sunt oferite de obicei următoarele caracteristici principale: • recepția semnalului de televiziune terestră (cablu); • primirea video de la un dispozitiv de redare extern (VCR, cameră video) în formatele S-Video și Composite Video; • detectarea automată a formatului imaginii primite; • ieșire imagini video către monitor; • ieșire semnal sonor către placa de sunet; • captarea unei imagini video (cadru cu cadru); • înregistrarea imaginilor video (continuă); • recepția unui semnal on-air în banda VHF; • telecomandă Pe lângă cele enumerate, funcții suplimentare sunt incluse și în diferite modele de tuner TV De exemplu, primirea multiple Dispozitiv tuner TV Schema de conectare a tunerului TV canale (funcție imagine în imagine), înregistrare programată, teletext, control de la distanță cu cursorul, suport pentru videoconferințe etc Dispozitiv tuner TV Luați în considerare principiul dispozitivului și funcționarea unui tuner de televiziune cu o interfață PCI Elementele principale sunt modulul de înaltă frecvență în sine, conceput pentru a recepționa semnalul și convertorul analog-digital (ADC) În prezent, ADC-urile din seria SAA x (de exemplu, SAA sau SAA ) de la Philips și CX x de la Copehapi sunt cele mai utilizate Este general acceptat că în condițiile rusești cipurile Philips sunt cea mai bună alegere datorită reproducerii mai naturale a culorilor în DESAM vi și a unui număr mare de programe alternative care le susțin Aproape toate tunerele actuale oferă suport pentru sunet stereo A /NICAM Modulul de înaltă frecvență este responsabil pentru recepția efectivă a semnalului TV și selecția canalului Cea mai bună opțiune în ceea ce privește calitatea recepției de până acum sunt tunerele echipate cu unități RF Philips (ex FM /IH- ) sau LG tunere TV Tuner TV Philips cu unitate HF În , au apărut la vânzare tunerele cu unități RF semiconductoare, așa-numitele Silicon Tipeg, concepute pentru a înlocui unitățile radio de design clasic Perspective tentante pentru un grad ridicat de integrare, economii semnificative de spațiu pe placă și reducerea costurilor sunt încă combinate cu probleme serioase cu calitatea recepției la unele frecvențe de la principalii producători: Philips (TDA ) și MicroTune (MT , MT ) aceste receptoare pot fi considerate funcționale cu orice standard de televiziune cu ADC-ul corespunzător Semnalul terestru de televiziune de înaltă frecvență este transmis prin cablu la intrarea de antenă a tunerului, unde este procesat și convertit într-un semnal de joasă frecvență care conține informații linie cu linie Amintiți-vă că un cadru de televiziune este format din două jumătăți de cadre (par și impar) Pentru formatele PAL și SECAM, numărul de linii pe cadru este de (la o rată de cadre de pe secundă) Astfel, fiecare jumătate de cadru conține de linii Raportul de aspect standard al cadrului este : , deci rezoluția orizontală este de pixeli O jumătate de cadru ( de linii) de la tuner este trimisă la controlerul video, care îl convertește într-un semnal RGB pentru monitor și îl trimite prin magistrală Dispozitiv tuner TV PCI la cadru tampon al adaptorului video al computerului Subliniem că nu există un tampon propriu de cadru pe placa tunerului TV, astfel încât toate datele sunt trimise imediat la adaptorul video Următoarea jumătate de cadru urmează aceeași cale și este adăugată la prima din framebuffer Evident, dacă dimensiunea imaginii de pe ecranul monitorului este exact de x pixeli, nu există nicio problemă Cu toate acestea, în alte cazuri, apare distorsiunea imaginii Cert este că interacțiunea cu sistemul de operare are loc la nivelul driverelor de tuner TV și al API-ului Microsoft Video pentru Windows, creat cu mai bine de ani în urmă Capacitățile acestui API sunt departe de cerințele moderne, dar nimic nu poate fi schimbat, deoarece MS Video pentru Windows este un modul de bază al sistemului de operare Imaginează-ți că imaginea este afișată cu o rezoluție de x pixeli Prima jumătate de cadru este plasată cu succes în buffer, dar ce să faci cu liniile celui de-al doilea, la urma urmei, - = ? Aparent, cea mai bună soluție în acest caz ar fi să interpolați și să scoateți în mod constant semi-cadre, adică să creșteți rata de cadre la pe secundă Cu toate acestea, Video pentru Windows nu permite ieșire peste de cadre pe secundă! Ca urmare, fie jumătățile de cadre sunt amestecate (conform algoritmului determinat de MS Video pentru Windows /DirectX și adaptorul video, nu tunerul TV!), fie este scos doar o jumătate de cadru În primul caz, observăm așa-numitul efect "pieptene", adică distorsiunea proporțiilor, gradația imaginii În al doilea caz, imaginea se zvâcnește, deoarece o jumătate de cadru dispare complet De ce funcționează MS Video pentru Windows așa? Da, deoarece fluxul de date de pe magistrala PCI, dacă rata de schimbare a imaginii este de de cadre pe secundă, ajunge la MB/s În plus, interpolarea fiecărui semi-cadru încarcă puternic procesorul Microsoft a considerat că este "prea grasă" în urmă cu mai bine de un deceniu și a decis să economisească resurse Drept urmare, ne uităm la o imagine de televiziune cu distorsiuni Cum poți depăși efectele "pieptenelor" și zvâcnirii? Cea mai ușoară modalitate este de a folosi metode programatice De exemplu, programul ITV recunoaște automat multe tunere și preia controlul asupra acestora Mai mult, imaginea este afișată pe monitor ca pe un televizor obișnuit, fără niciun fel de trucuri cu interpolare la rezoluții mai mari (și doar pe tot ecranul) A doua modalitate, mai scumpă, este să achiziționați produse relativ scumpe care pot scala imaginea corect De exemplu, tunerul TV miroVideo PCTV produs de Pinnacle System, cunoscut pentru dispozitivele sale de editare video neliniară, poate face acest lucru Rețineți că în formatul DVD se întâmplă aproape același lucru pe care l-am descris în legătură cu semnalul de televiziune Numai în plus față de orice altceva, este încă necesar să decomprimați imaginea comprimată "din zbor" tunere TV zhenie Aproape toate procesoarele moderne în combinație cu un adaptor video AGP/ x MB pot face față unei astfel de sarcini O caracteristică des promovată a unui tuner TV este captura de imagini Mai mult, unii cumpărători cred că, achiziționând un tuner TV relativ ieftin cu funcție de captură video, vor putea face editare video neliniară Aceasta este o amăgire profundă! O secundă de videoclip PAL/SECAM pe de biți durează cel puțin MB Un flux de MB/s fără compresie nu poate fi scris pe un hard disk obișnuit Chiar și digitizarea secvenței video în format x , biți, fps apare în tunerele TV (având așa-numitul Digital VCR - digital video recorder) cu pierdere de cadre și/sau degradare a calității, deoarece se utilizează compresia software Pentru o înregistrare cu drepturi depline, este necesară compresia hardware, care este furnizată de produse dintr-o clasă complet diferită Cel mai bun lucru la care te poți aștepta de la un tuner TV este captura decentă cu un singur cadru În plus, puteți utiliza funcțiile de captare video pentru a partaja imagini pe Internet sau pentru a organiza conferințe video în care cerințele de calitate a imaginii sunt foarte scăzute Tunerele TV independente conectate între placa video și monitor au devenit cea mai bună soluție pentru mulți utilizatori Mulți sunt atrași de instalarea unui monitor LCD la pachet cu un astfel de dispozitiv în locul unui televizor similar la un preț semnificativ mai mic Tabelul Parametrii tunerului TV HF-BLIM-radio ADC Tuner Model Înregistrare cu orice codec Transmitere audio prin magistrala PCI AverTV Philips MK Da Philips SAA Da Nu BeholdTV Philips MK Da Philips SAA Da Da GoTView PCI Philips MK Da Philips SAA Da Da GoTView PCI DVD Philips MK Nu Philips SAA Da Da ComproVideoMate TV Gold II Philips MK Nu Philips SAA Da Nu LeadTek Win Fast PVR Philips MK Da Conexant СХ Da Nu LeadTek WinFast DV Philips MK Da Conexant СХ Da Nu Pinnacle PCTV MediaCenter І MicroTune MT Nu Philips SAA Nu Nu KWorld TV Xpert PVR TVision TNF- Da Philips SAA Nu Nu Difuzare digitală Difuzare digitală Conform conceptului Ministerului Comunicațiilor al Federației Ruse pentru dezvoltarea integrată a radiodifuziunii de televiziune și radio în Rusia până în , este prevăzută tranziția finală a televiziunii ruse la difuzarea digitală Standardul european pentru difuzarea digitală terestră DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) a fost ales ca standard de stat Acest standard a fost dezvoltat pentru a fi compatibil cu standardul de transmisie digitală prin satelit DVB-S existent și cu standardul de rețea de cablu DVB-C corespunzător Compatibilitatea vă permite să utilizați același pachet de informații pentru a lucra în toate cele trei standarde În plus, metodele comune de codare reduc costurile de dezvoltare și producție ale cipurilor utilizate în echipamente Pentru compresia fluxului în DVB-T, se utilizează tehnologia MPEG- DVB-T se bazează pe standardele europene de televiziune cu scanare întrețesată la Hz și linii Televiziunea de înaltă definiție (HDTV) cu rezoluție dublă față de verticală și orizontală și transmisie cu ecran lat / sunt disponibile opțional Audio Dolby AC- este acceptat Ca sistem de modulație, se folosește sistemul COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) adoptat în standardul de transmisie digitală DAB (Digital Audio Broadcasting), conceput special pentru combaterea interferențelor de la recepția cu mai multe căi, care, în special, provoacă apariția mai multor contururi pe ecranul televizorului deodată) Sistemul COFDM este un instrument puternic anti-interferență și oferă, de asemenea, opțiuni flexibile pentru ajustarea nivelului de imunitate la zgomot în funcție de rata de date În plus, utilizarea COFDM rezolvă problema recepției stabile pe o antenă în mișcare până la o viteză de km/h Producătorii de tunere TV pentru computer au reacționat corespunzător la apariția DVB-T introducând modele care funcționează în acest standard (de exemplu, Twinhan VisionDTV USB-Teg VP- ) Prima lansare a unui transmițător rus care funcționează în standardul DVB-T a avut loc pe iulie la Nijni Novgorod În prezent, pe lângă Nijni Novgorod, difuzarea se desfășoară la Moscova și Sankt Petersburg În domeniul HDTV în Rusia, lucrurile nu sunt foarte roz În timp ce semnalul de difuzare în acest format nu este distribuit Deși pe piață există tunere de computer HDTV, cum ar fi ATi HDTV Wonder Recepția unui semnal în format HDTV este posibilă doar de la satelit, ceea ce necesită instalarea unui receptor DVB-S special și a unei antene impresionante Monitoare • Monitoare CRT • Afișaje cu ecran plat Monitoare CRT Parametrii monitorului sunt determinați de caracteristicile tubului catodic (CRT) și de calitatea elementelor care controlează traseul video Mai mult, ponderea principală a "responsabilității" aici revine CRT Adesea, pe baza unui singur tub, producătorii produc monitoare pentru diferite categorii de preț, schimbându-și doar umplerea electronică La rândul lor, parametrii CRT depind în mare măsură de tehnologia de producție aleasă Mai mult, complexitatea tehnologiilor moderne pentru producția de CRT-uri este de așa natură încât numai producătorii mari le pot stăpâni și apoi continua cercetarea De aceea, producătorii CRT-ului real din întreaga lume pot fi numărați pe degete Restul companiilor instalează tuburi "din lateral" în produsele lor În principiu, proiectarea unui CRT pentru un monitor coincide cu un kinescop de televiziune În gâtul unui balon de sticlă, al cărui fund este acoperit cu un strat de fosfor, este instalat un pistol cu electroni care emite un flux de electroni Un astfel de flux este deviat în direcția dorită de câmpul electromagnetic al sistemului de control și apoi, trecând printr-o mască de umbră instalată în fața fundului balonului, lovește fosforul, făcându-l să strălucească În monitoarele color, pistoalele separate sunt folosite pentru formarea imaginii pentru fiecare dintre culorile primare (Roșu - roșu, Verde - verde, Vie - albastru), iar stratul de fosfor este alcătuit din grupuri apropiate de trei (de asemenea, în combinație Roșu, verde, albastru - RGB) puncte de fosfor colorate Pentru a atinge cu precizie un punct dat al fosforului, un fascicul de electroni prea larg trebuie îngustat la limitele specificate Acest lucru se realizează prin instalarea unei măști de umbră în fața stratului de fosfor, care are găuri cu dimensiuni apropiate de diametrul unității electronic Mască cu umbră pete eu Mască de umbră Invar în trei puncte •ННІ ІІІНІІШВІІННННІ іnnМініітннеіі ІНІЦНІНШННІІІІІ tini* nnknninіnііі lllHilllHlli нш ніемішній^ Si * ' tnіtsD (••MM' -• Strat de fosfor Tehnologia de mascare în monitoarele CRT Monitoare punctul de bază al fosforului Ca rezultat, un fascicul de dimensiunea specificată pătrunde prin mască În funcție de tipul de mască și de natura găurilor, există trei tehnologii principale: • mască de umbră în trei puncte (în formă de delta) (mască de umbră Dot-Trio); • grila de deschidere (Aperture-grille); • mască de fante (Slot-mask) Fiecare dintre tehnologii are propriile avantaje și dezavantaje, așa că există susținători și oponenți ai uneia sau alteia opțiuni printre producători, specialiști și utilizatori Masca de umbră în trei puncte este una dintre cele mai vechi soluții tehnice Din punct de vedere fizic, este o foaie de metal perforată situată în fața fosforului Distanța dintre grupurile de puncte învecinate este de așa natură încât toate radiațiile parasite sunt mascate, fasciculul de la fiecare punct de electroni lovește "propriul" fosfor (în practică, există întotdeauna un fel de toleranță) Ecranul (adică fundul balonului și măștii) unui astfel de tub este, parcă, decupat dintr-o sferă uriașă pentru a asigura o oarecare divergență a razelor Recent, datorită îmbunătățirii sistemelor de control pentru dispozitivele de deviare, este posibil să se producă tuburi cu suprafața ecranului practic plată (așa-numitul tip FST) Monitoarele cu mască de umbră sunt considerate în mod tradițional a avea o reproducere mai bună a textului, un contrast ridicat, o rentabilitate bună Dezavantajele includ, de obicei, acuratețea redusă a culorii și luminozitatea mai scăzută Cu toate acestea, în modelele moderne de astfel de tuburi de la producători cunoscuți, aceste dezavantaje sunt minimizate, iar diferența față de alte tehnologii poate fi detectată doar cu ajutorul instrumentelor Grila cu deschidere își datorează aspectul Sony CRT-urile realizate folosind această tehnologie sunt cunoscute pe piață sub denumiri care conțin terminația caracteristică "tron" (Trinitron, DiamondTron etc ) Funcțiile unei măști într-un CRT sunt îndeplinite de filamente de sârmă ultra-subțire dispuse vertical (gritul de deschidere) Doar două fire sunt plasate peste, oferind rigiditate structurală În consecință, fosforul din partea inferioară a balonului este situat sub formă de dungi verticale ultra-subțiri alternante de diferite culori Drept urmare, ecranul se dovedește ca tăiat dintr-un cilindru vertical imens Caracteristicile tehnologiei fac posibilă creșterea procentului de electroni care lovesc fosforul și obținerea unei luminozități mai bune a imaginii Combinat cu sticla mai inchisa, acest lucru are ca rezultat un contrast mai bun Monitoarele cu tub cu grilă de deschidere au atras în mod tradițional profesioniștii atunci când lucrează cu grafice care necesită culori strălucitoare și pure Cu toate acestea, unii profesioniști consideră dezavantajul Monitoare CRT contrast relativ scăzut și prezența a două dungi întunecate pe ecran (umbra firelor transversale) Cea mai recentă dezvoltare a fost tehnologia măștii cu fantă promovată de NEC Sub numele de marcă ChromaClear, au fost lansate CRT-uri în care masca de umbră este formată din fante longitudinale Triadele învecinate de rânduri de astfel de fante sunt deplasate vertical, formând o zăbrele cu elemente dispuse într-un model de șah De fapt, tehnologia măștii cu fantă a reușit să combine avantajele modelelor anterioare, aproape scăpând de deficiențele acestora Experții recunosc că soluția NEC este cea mai bună pentru toate grupurile de utilizatori Parametrii monitorului CRT În mod tradițional, expresia cantitativă a calității producției de măști și fosfor este dimensiunea așa-numitului "granule" Pentru o mască de umbră în trei puncte, se obișnuiește să se măsoare distanțele (adică "pasul") dintre două puncte de fosfor adiacente în diagonală Pentru grila de deschidere și masca cu fantă, distanța este măsurată pe orizontală Recent, producătorii de măști în trei puncte indică și pasul orizontal (aceasta este pur și simplu un truc de marketing, deoarece distanța diagonală este puțin mai mare) Un pas de , mm este considerat normal astăzi, monitoarele de înaltă calitate au un pas de , mm, monitoarele profesionale au un pas de , mm Dimensiunea pasului afectează semnificativ contrastul imaginii Prin urmare, pentru lucrări grafice, ar trebui să alegeți monitoare cu un pas de cel mult , mm Introducerea noilor tehnologii în sistemul de control al traseului video al monitorului și în principiile producției CRT a făcut posibilă începerea producerii de produse cu un ecran plat și un tub scurtat Modificările cu un ecran plat sunt cunoscute sub diferite mărci comerciale - PanaFlat (Panasonic), Flatron (LG Electronics), FD Trinitron (Sony), etc Reducerea lungimii tubului a fost realizată prin creșterea unghiului de deviere a fasciculelor de tun de electroni de la ° la ° Astfel de monitoare sunt ocupate în profunzime Metodă de măsurare a pasului de puncte (fâșii) unui fosfor Monitoare Au aceeași cantitate de spațiu ca și omologii lor convenționali pentru țevi din clasa inferioară Adică, un monitor scurtat de inchi este echivalent în adâncime cu un monitor obișnuit de inchi Un element important al monitorului este calea sa electronică, iar nucleul căii electronice este amplificatorul video Lățimea de bandă a amplificatorului video determină de fapt rezoluția și capacitățile de cadru ale monitorului Ar trebui să asigure trecerea nestingherită a semnalelor generate de placa video Lățimea de bandă minimă necesară poate fi calculată cu ușurință din parametrii de rezoluție necesari De exemplu, intenționați să lucrați pe un monitor de inchi cu un program de grafică vectorială la o rezoluție de x pixeli la o rată a cadrelor de Hz Înmulțim toate aceste numere, înmulțim rezultatul cu un factor de , (o parte din lățimea de bandă a semnalului este utilizată pentru informațiile de serviciu) și împărțim cu un milion, ca rezultat obținem lățimea de bandă necesară a monitorului - aproximativ MHz Rețineți că un singur model de monitor are o cale video cu o astfel de lățime de bandă Începând cu o rezoluție de x pixeli la o rată de cadre de Hz și mai mare, este recomandabil să conectați monitorul și placa video cu un cablu coaxial ecranat și conectori BNC Faptul este că un cablu obișnuit și un conector D-Sub (HD ) la frecvențe înalte încep să distorsioneze semnalul Cel puțin la o rezoluție de x pixeli, zgomotul devine vizibil pentru ochi Semnale de culoare separate (R, G, B), ver- Schema schematică a traseului electronic al monitorului Afișaje cu ecran plat sincronizare verticală și orizontală Spre deosebire de semnalele unui cablu VGA convențional, acestea nu se afectează în niciun fel pe parcurs și, prin urmare, imaginea este clară, fără "neclaritate" Prin urmare, se recomandă utilizarea conectorilor BNC pe monitoare cu o diagonală de inci și mai sus O problemă serioasă este coordonarea etapelor de intrare ale căii video a monitorului și ieșirea plăcii video Faptul este că majoritatea producătorilor de monitoare calculează etapele de intrare pe baza unor parametri medii ai plăcii video Mai mult, plăcile video nu sunt nici măcar medii, ci mai degrabă de nivel scăzut Adică, la plăcile video de înaltă calitate, partea din față a căderilor la niveluri înalte și scăzute ale semnalului de ieșire este foarte ascuțită, iar calea de intrare a multor monitoare este proiectată pentru căderi mai blânde Drept urmare, la rezoluții și rate de reîmprospătare ridicate, există așa-numitul "sunet" - umbre și reflexii din imagini cu contrast ridicat La achizitionarea unui monitor pentru uz profesional este indicat sa-l coordonezi cu placa video cu care va functiona Cel mai bun de toate - cu copia care este (sau va fi) pe computer Monitorul trebuie să îndeplinească cerințele medicale, ergonomice și de mediu ale standardului TCO- , care combină standardele anterioare Standardul MPR-II a limitat nivelurile de radiații electromagnetice la limite sigure pentru oameni Începând cu standardul TCO- , aceste norme sunt și mai stricte și sunt păstrate în standardele TCO- , TCO- Cerințele ergonomice și de mediu au apărut pentru prima dată în standardul TSO- Standardul TCO- stabilește cele mai stricte specificații pentru parametrii de calitate a imaginii (luminozitate, contrast, pâlpâire, acoperire anti-orbire a ecranului) și consumul de energie Afișaje cu ecran plat Ecranele cu ecran plat pentru computerele de acasă se bazează pe tehnologia cu cristale lichide Monitoarele cu cristale lichide (LCD, Liquid Crystal Display) au panouri ale căror celule (pixeli) conțin substanțe lichide care au unele proprietăți inerente cristalelor Moleculele de cristale lichide sub influența unui câmp electric își pot schimba orientarea și, ca urmare, modifica polarizarea fasciculului de lumină care trece prin ele Cristalele lichide nu pot emite lumină ele însele, ci servesc drept obloane, permițând sau nu transmiterea luminii de la lămpile cu iluminare de fundal Panoul LCD are mai multe straturi, printre care rolul cheie îl au două substraturi de sticlă și un strat de cristale lichide situat între ele In spate Monitoare au una sau două lumini de fundal și un sistem de oglinzi care împrăștie uniform lumina pe suprafață Lumina de la lămpi trece prin primul substrat, care servește drept filtru polarizant Ambele substraturi au caneluri paralele care determină orientarea inițială a cristalelor lichide Canelurile celor două substraturi sunt perpendiculare unul pe celălalt Picăturile FA situate între caneluri sunt organizate în celule Fiecare pixel al imaginii este format din trei celule Al doilea substrat este, de asemenea, un filtru de polarizare; prin urmare, teoretic, în starea inițială, lumina nu este emisă în exterior, deoarece planul său de polarizare nu coincide cu planul filtrului Moleculele dintr-un cristal lichid nematic (adică structurat) au o formă cilindrică alungită Datorită canelurilor de ghidare, moleculele substraturilor polaroid opuse sunt perpendiculare între ele Cu cât este mai aproape de centrul cristalului, cu atât unghiul de rotație reciprocă al moleculelor este mai mic Drept urmare, moleculele formează o spirală spațială, de-a lungul căreia planul de polarizare a luminii este pliat și lumina iese Această tehnologie se numește cristal nematic răsucit - Twisted Nematic (TN) Dacă moleculele de cristale lichide intră într-un câmp electric, ele se aliniază între electrozi Electrozii sunt amplasați pe ambele substraturi, astfel încât câmpul întoarce moleculele de-a lungul liniilor de forță Cu cât diferența de potențial dintre electrozi este mai mare, cu atât mai mică este rotația vectorului de polarizare de către molecule, cu atât mai puțină lumină este trimisă Cristal lichid' radiatii transmise Iluminare din spate Filtru de polarizare > Sticlă Filtre de culoare lampă cu iluminare din spate sticlă cTFT Structura principală a afișajului LCD cu tehnologie TN Filtru de polarizare Afișaje cu ecran plat ruzhu La diferența de potențial maximă, deviația nu are loc deloc și lumina nu este transmisă spre exterior Pentru a controla proprietățile celulelor, electrozii sunt conectați la ele, care creează câmpuri electrice diferite în locuri separate ale ecranului (în celule) Ecranele LCD Super Twisted Nematic au o orientare cu unghiul de torsiune de la ° la ° (unghiul de torsiune), ceea ce oferă un contrast mai bun al imaginii atunci când monitorul este mărit În Active Matrix, celulele panoului sunt conectate la controale care formează o matrice de rânduri și coloane Tehnologia Thin Film Transistor (TFT) a permis fiecărei celule să i se aloce un tranzistor de comutare cu un rezistor și un condensator conectat la colectorul său Când o tensiune de control este aplicată pe rândul și coloana selectate, aceasta încarcă condensatorul Încărcarea este stocată de condensator până la următoarea reîmprospătare a cadrului imaginii Adică, condensatorul, împreună cu tranzistorul, își amintesc starea celulei după ce tensiunea este îndepărtată Timpul de răspuns al afișajului cu o matrice activă este redus în cele mai bune mostre la - ms (pentru o matrice pasivă - aproximativ ms) Luminozitatea unui element individual al imaginii rămâne neschimbată pe tot parcursul perioadei de demonstrație, astfel încât efectele "încețoșării" și fluctuației imaginii sunt absente De aceea, o rată de reîmprospătare de Hz este considerată suficientă pentru monitoarele LCD Tehnologia TN+Film Cea mai comună tehnologie pentru producerea matricelor active este TN+Film Se bazează pe utilizarea cristalelor lichide nematice în celule în combinație cu o acoperire cu o peliculă specială cu indice de refracție ridicat (pentru extinderea unghiurilor de vizualizare) Dintre matricele moderne, TN+Film are cel mai scurt timp de răspuns Dar tehnologia are și dezavantajele ei: • dificultatea asigurării unei orientări strict perpendiculare a moleculelor conduce la un nivel ridicat de negru și un contrast scăzut al imaginii; • unghiuri de vizualizare verticale insuficiente; • redarea inexactă a culorilor Tehnologia IPS NEC și Hitachi au dezvoltat o tehnologie pentru producerea de matrici de cristale lichide numită In-Plane Switching (IPS) Conform acestei tehnologii, ambii electrozi sunt amplasați pe același substrat, iar moleculele de cristale lichide se rotesc într-un singur plan, fără a se răsuci într-o spirală În absența tensiunii, lumina este complet blocată Monitoare Covorașe de filtrare perpendiculare și culoarea neagră aproape perfectă este afișată pe ecran Tensiunea aplicată întoarce planul de polarizare al moleculelor, iar lumina începe să pătrundă în exterior Matricele IPS oferă o reproducere excelentă a culorilor și unghiuri de vizualizare de aproximativ ° Cu toate acestea, tehnologia IPS are o serie de dezavantaje: • cost ridicat de producție; • luminozitate și contrast relativ scăzute; • timp de răspuns relativ mare Tehnologia MVA (PVA) Fujitsu a dezvoltat o tehnologie LCD Multi-Domain Vertical Alignment (MVA) care combină caracteristicile TN și IPS Electrozii sunt conectați la ambele substraturi Dar substraturile în sine nu sunt plate, ci au proeminențe, datorită cărora cristalul lichid este spart în domenii Toate domeniile comută simultan, dar moleculele longitudinale din ele se înclină în direcții opuse Dacă este necesar să se reproducă % gri, jumătate din molecule vor fi întoarse "în lateral", iar jumătate - "sfârșit" În centru, toate moleculele vor avea aceeași jumătate de pantă (în direcții diferite), adică vor transmite jumătate din lumină Aceeași tehnologie este folosită de Samsung sub numele PVA, Sharp sub numele ASV Există doar două dezavantaje ale tehnologiei MVA / PVA: • timp de răspuns relativ mare; • unghiuri de vizualizare relativ mici Opțiuni LCD Prin eforturile companiilor producătoare, se introduce ferm în mintea consumatorului ideea că singurul criteriu de selectare a unui monitor LCD modern este timpul de răspuns: cu cât este mai mic, cu atât mai bine În același timp, alți parametri fie nu sunt luați în considerare, fie relegați în mod deliberat în plan secund De fapt, există mult mai mulți parametri care afectează direct capacitatea de utilizare a monitorului Cel mai important parametru al afișajelor cu ecran plat este rezoluția standard (nativă) Ea corespunde numărului de pixeli pe orizontală și pe verticală La rezoluția standard monitorul LCD reproduce imaginea de cea mai bună calitate Rezoluția este determinată de dimensiunea celulelor și de diagonala panoului Acum sunt produse panouri cu celule de , - , mm Dacă panoul monitorului LCD acceptă rezoluția standard de x , aceasta înseamnă că fiecare dintre cele de linii are x = de celule Rețineți că pe un monitor CRT, puteți seta o rezoluție mai mare decât rezoluția standard (recomandată) pentru o anumită diagonală a ecranului, dar nu puteți seta pe un monitor LCD Afișaje cu ecran plat pe scurt De regulă, monitoarele LCD oferă posibilitatea de a utiliza o rezoluție mai mică decât cea standard De obicei, se folosește metoda de expansiune Se bazează pe interpolarea unei imagini cu rezoluție scăzută pe întreaga zonă a ecranului Este clar că interpolarea degradează claritatea imaginii și introduce distorsiuni de culoare Luminozitatea este luminozitatea specifică maximă a suprafeței ecranului Măsurată în nits nit = cd/m (candela pe metru pătrat) Cu cât această valoare este mai mare, cu atât imaginea este mai luminoasă Luminozitatea albă tipică pentru monitoarele CRT este de aproximativ cd/m ; Profesioniștii care folosesc un monitor LCD atunci când lucrează la grafică îl calibrează rar astfel încât luminozitatea albă să depășească cd/m Astfel, chiar și luminozitatea de cd/m oferită de majoritatea monitoarelor vândute în prezent este suficientă pentru utilizarea de zi cu zi Valoarea medie a luminozității este de - cd/m , unele panouri suportă valori mai mari Contrastul este raportul dintre diferența dintre luminozitatea culorilor alb și negru afișate de monitor și luminozitatea albului De exemplu, pentru un afișaj a cărui luminozitate maximă și minimă sunt , cd/m și respectiv , cd/m , raportul de contrast este ( , - , )/ , = : Se crede că cu cât contrastul este mai mare, cu atât detaliile imaginii se disting mai bine, cu atât este mai mare claritatea acesteia și cu atât mai puțină oboseală atunci când lucrați cu monitorul De fapt, acest lucru nu este adevărat Să luăm Monitorul # cu raportul de luminozitate de mai sus și să-l comparăm cu Monitorul # , care diferă doar prin luminozitatea maximă, care este de , cd/m Raportul de contrast al monitorului # va fi de : , cu toate acestea, afișajul negru al acestui monitor nu s-a îmbunătățit în comparație cu monitorul # , iar afișajul alb a devenit mai orbitor Prin urmare, nu contrastul în sine este important, ci contrastul ținând cont de nivelul de negru Gama de culori a panourilor LCD moderne ajunge la , milioane de culori Dar panourile tipice TN+Film (și acestea sunt aproape toate monitoare de și inchi) folosesc reprezentarea culorilor pe biți, ceea ce restrânge gama de culori Unghiul de vizualizare (vertical și orizontal) caracterizează zona de percepție a imaginii de pe ecran fără distorsiuni semnificative Unghiul normal de vizualizare este de - ° pe orizontală și ° sau mai mult pe verticală Unghiurile normale de vizualizare vor oferi o percepție confortabilă a imaginii de către o persoană, situată în centrul ecranului Vizualizarea în grup, convenabilă pe televizoare și monitoare CRT, nu este recomandată pentru afișajele LCD Punctul slab al afișajelor LCD este timpul de răspuns (viteza de comutare între modurile negru - alb - negru), care este real Monitoare este de - ms Cifrele oficiale caracterizează performanța maximă, adică timpul total petrecut cu creșterea luminozității unui element de ecran de la % la % și scăderea înapoi la %> În modurile de luminozitate scăzută (mai puțin de %), aceasta crește de - ori, ceea ce duce la neclaritatea imaginii Creșterea timpului de răspuns are ca rezultat neclaritatea mișcării Se recomandă selectarea acestui parametru după cum urmează: pentru matrice dinamice JD - și gr - cu un timp de răspuns de ms, pentru cinema și grafică, ms sunt suficiente, pentru munca de birou, ms sunt suficiente Astfel, avantajele monitoarelor LCD includ adâncimea mică a panoului, o imagine cu adevărat plată (fără distorsiuni geometrice), valori ridicate de luminozitate, consum redus de energie și absența radiațiilor electromagnetice Există patru dezavantaje semnificative: preț ridicat, distorsiune a culorii, singurul mod de rezoluție care oferă o calitate bună, unghiuri mici de vizualizare confortabile Dacă analizăm deficiențele monitoarelor LCD, putem ajunge la următoarea concluzie: principalul dezavantaj al tehnologiei este că este imposibil să achiziționați un monitor universal Adică, pentru munca de birou, trebuie să selectați un monitor cu un set de parametri, pentru jocuri - cu altul, pentru lucrul cu culoarea - cu un al treilea COMPONENTE Unități • Hard disk-uri • Unități magnetice și optice • Unități de bandă • Unități portabile • Unități cu stare solidă Când alimentarea computerului este oprită, conținutul RAM se pierde din cauza descărcării condensatorilor din celule Pentru salvarea datelor, se folosesc dispozitive de stocare nevolatile (unități), care sunt capabile să mențină starea curentă a elementelor de memorie în absența unei tensiuni externe de alimentare Cu toate acestea, pentru a citi și scrie (șterge) date, este necesar să conectați astfel de medii la interfața corespunzătoare și să o activați Multe tipuri de suporturi de date sunt utilizate nu numai în computere, ci și în aparatele de uz casnic Aproape toată lumea este familiarizată cu CD-urile de muzică sau mediile solid-state pentru camerele digitale și camerele video În prezent, s-a dezvoltat următoarea clasificare a purtătorilor de date: • hard disk-uri; • suport magnetic de disc amovibil (dischete, MicroDrive, PCMCIA-Disk, Click Drive, ZIP, JAZ, Orb, HiFD, LS- și altele); • medii compacte în stare solidă (CompactFlach, Metogu Stick, xD Picture Cârd, SmartMedia, SecureDigital, MultiMedia Cârd, USB-Drive); • suporturi optice (CD, DVD, Blu-Ray Disk, HD DVD); • medii magneto-optice; • unități de bandă (streamere) Hard disk-uri Hard disk-uri Hard disk-urile (Iard Drive) sunt principalul tip de unități de computer Dacă renunțăm la extreme, orice computer de uz casnic ar trebui să aibă cel puțin un hard disk Hard disk-ul Pia instalează sistemul de operare și aplicațiile Acolo sunt stocate și documente de diferite tipuri - de la texte la clipuri video Hard disk-ul este considerat o componentă internă a computerului Dintre calitățile de consum ale unui hard disk, le evidențiem pe cele principale: capacitatea (volumul), interfața utilizată, viteza de schimb de date, fiabilitatea, zgomotul și disiparea căldurii Un hard disk conține patru elemente principale (blocuri): un pachet de plăci de disc pe o axă de rotație, capete de citire-scriere, un poziționator (actuator) și un controler Platoul de discuri constă dintr-o bază și un strat magnetic pe care sunt scrise datele Baza este realizată din aliaje de aluminiu, iar mai nou din componente ceramice sau din sticlă Învelișul magnetic este de obicei realizat din oxid de fier Tehnologiile moderne (de exemplu, cu cuplare antiferomagnetică) necesită utilizarea a două straturi de acoperire magnetică cu un strat de material paramagnetic Datele sunt stocate pe platouri sub formă de piste concentrice, fiecare dintre acestea fiind împărțită în sectoare de octeți, constând din domenii orientate orizontal Orientarea domeniilor în stratul magnetic servește la recunoașterea informațiilor binare ( sau ) Mărimea domeniilor determină densitatea înregistrării datelor capete de citire/scriere stecher găuri de montare găuri de montare Dispozitiv cu hard disk conector IDE săritori Unități Numai firmele mari pot stăpâni tehnologiile moderne pentru producția de hard disk, deoarece organizarea fabricării celor mai complexe capete, platouri și controlere necesită costuri financiare și intelectuale mari Hard disk-urile sunt fabricate în prezent de șapte companii: Fujitsu, Hitachi, Maxtor, Samsung, Seagate, Toshiba și Western Digital Mai mult, Toshiba și Fujitsu nu produce produse desktop - și m Schema de stocare a datelor pe hard sisteme disc Aproape toate hard disk-urile moderne (denumite în mod colocvial "hard disk-uri") sunt produse folosind o tehnologie care folosește efectul magnetorezistiv (capetele magnetorezistive sunt produse din ) Datorită acestui fapt, capacitatea discurilor a crescut rapid datorită creșterii densității de înregistrare a informațiilor Apariția în a capetelor Giant Magnetic Resistance (GMR) inventate de IBM a dus la o creștere a densității de înregistrare cu până la , GB pe platou în produsele deja existente pe piață Densitatea de înregistrare și capacitatea discului sunt strâns legate Densitatea de înregistrare a suprafeței depinde de distanța dintre piste (densitatea transversală) și dimensiunea minimă a domeniului magnetic (densitatea longitudinală) Criteriul de generalizare este densitatea de înregistrare pe unitate de suprafață a discului sau capacitatea platoului Cu cât densitatea de înregistrare este mai mare, cu atât este mai mare rata de schimb de date între capete și buffer (viteză internă de transmisie) Treptat, rezervele de creștere, datorită saltului tehnologic notat mai sus, au început să scadă Până în , capacitatea obișnuită a discului a ajuns la GB În au apărut discuri cu platouri cu o capacitate de MB, în - MB Producătorii fac tot posibilul pentru a stoarce cele mai recente sucuri din tehnologiile de înregistrare magnetice existente, trecând împreună la formatarea adaptivă a platoului, în funcție de caracteristicile fiecărei perechi cap-plato specifică De asemenea, industria revine la o modalitate dovedită de creștere a capacității de stocare prin creșterea numărului de platouri și capete magnetice Cu toate acestea, piața de stocare desktop nu are în prezent nevoie urgentă de unități mai mari Cele mai populare și destul de suficiente pentru marea majoritate a nevoilor personale și de birou sunt acum modelele cu un volum de până la GB Hard disk-uri În următorii ani se preconizează introducerea plăcilor magnetice cu domenii magnetice orientate vertical În prototipurile unor astfel de discuri, a fost atinsă o densitate de înregistrare de Gbit pe inch pătrat Recent, s-a dezvoltat în mod activ o tendință de creștere a volumului și a vitezei unităților sistemului de stocare datorită introducerii matricelor LS) "de uz casnic" Cele mai simple controlere pentru nivelurile RAID și sunt înregistrate cu încredere chiar și în chipset-uri de plăci de bază ieftine La prețurile actuale pentru hard disk, este mai profitabil să cumpărați două unități de GB și să asamblați RAID pe ele, crescând în același timp atât viteza, cât și capacitatea, decât să instalați o unitate de GB a fost anul de început pentru tehnologia Matrix Storage utilizată de Intel în chipset-urile X/ Această tehnologie vă permite să organizați două matrice RAID independente pe doar două discuri , & I - de tip "Strip" pentru a crește viteza și oglindit pentru a crește fiabilitatea În plus, au apărut matrice ieftine ^LTP RAID cu patru discuri (combinând fiabilitatea unui DSLR și viteza și volumul mare ale Strip) De exemplu, controlerele RAID încorporate sunt disponibile în chipset-urile SiS, VIA și nVidia O etapă importantă în dezvoltarea sistemelor de stocare a fost introducerea pe scară largă a interfeței Serial ATA Prețurile pentru modelele de hard disk SATA și ATA sunt aproape egale, a apărut o generație mai productivă de controlere și unități cu suport pentru interfața Serial ATA II cu o rată dublă de transfer de date ( Gb/s) Capete rezistive magnetice Principiul de funcționare al unui cap magnetic-rezistiv (MR) la citirea datelor este o schimbare vizibilă a rezistenței la curentul electric care curge cu o schimbare a intensității câmpului magnetic Elementul de citire al capului este o peliculă ultra-subțire dintr-un material special care își modifică rezistența în funcție de orientarea domeniilor magnetice pe suprafața unui disc rotativ Orientarea domeniilor este determinată de ce bit ( sau ) este scris în acest element Canalul de citire a datelor trece continuu curent prin cap și, prin urmare, modificarea rezistenței filmului este înregistrată instantaneu Datele sunt introduse într-un comparator special, care în cele din urmă determină ce bit a fost citit și apoi trimite semnalul zero sau unu generat Rezistenta filmului situat in capul magnetic-rezistiv are o anumita dependenta de temperatura de incalzire În condiții normale, când discul este rotit până la viteza de funcționare, fluxul de aer ridică capul deasupra discului și plutește la o distanță de câțiva micrometri deasupra unei suprafețe netede Dacă particulele pătrund în interiorul discului, dimensiuni comparabile cu spațiul dintre cap Unități iar suprafața, apoi ei, grăbindu-se cu viteză mare, ating capul care se ridică și îl încălzesc instantaneu din cauza frecării O astfel de încălzire crește imediat brusc rezistența filmului Canalul de citire nu poate interpreta corect modificarea rezistenței și are loc o defecțiune Expunerea constantă la temperatură dezactivează prematur capul, iar particulele care se ciocnesc cu pelicula acționează ca un abraziv Capacitatea capului de a răspunde la o modificare a câmpului magnetic se deteriorează în timp (pe disc apar tot mai multe sectoare ilizibile sau, după cum se spune, discul începe să "se prăbușească") și, în cele din urmă, capul eșuează complet Dacă carcasa hard diskului este sigilată și producția este ultra-curată, de unde provin particulele străine? De regulă, ele se formează în interiorul discului în sine ca urmare a impacturilor Mai mult decât atât, microparticulele se pot rupe de pe suprafața "clatitelor" sau a altor componente plasate în interiorul carcasei etanșe În plus, ca urmare a impactului capului pe suprafața discului, pot apărea denivelări pe acesta, care acționează chiar mai rău decât microparticulele În hard disk-urile cu interfață L , se folosesc de obicei - platouri, cu o interfață SCSI - până la Puteți recunoaște ce tehnologii sunt utilizate într-un anumit model de hard disk după raportul dintre capacitatea sa și numărul de platouri Este de preferat să achiziționați hard disk-uri cu cea mai mare greutate specifică - mai puține plăci simplifică mecanica și măresc fiabilitatea, precum și reduc costurile Viteza de rotație a hard disk-ului afectează în principal reducerea timpului mediu de acces (căutare) Îmbunătățirea performanței generale este vizibilă în special la preluarea unui număr mare de fișiere Astăzi, standardul de viteză pentru hard disk-urile ATA este Hard disk ATA cu cinci platouri Hard disk-uri se are în vedere valoarea de / rpm (timpul mediu de acces este de - ms), cu interfața SCSI - / rpm (timpul mediu de acces este de - ms) Pentru interfața SCSI au apărut discuri cu viteze de până la rpm Fiecare "pas" de creștere a vitezei oferă o creștere a performanței generale cu aproximativ % Trebuie acordată atenție regimului de temperatură al dispozitivelor cu viteze mari de rotație (în special sau mai multe rotații pe minut) Multe dintre ele necesită măsuri speciale de răcire, până la instalarea de ventilatoare separate Fiabilitatea stocării datelor Fiabilitatea se află, fără îndoială, în fruntea listei parametrilor hard diskului Majoritatea utilizatorilor nu fac zilnic backup-uri de date și, prin urmare, o defecțiune a hard diskului înseamnă pentru ei nu doar o suspendare a lucrului, ci și o soluție la problemele dificile de recuperare a informațiilor Uneori, costul unei astfel de lucrări depășește prețul unui hard disk nou Un indicator tipic pentru unitățile cu interfață IDE este considerat a fi - de ore între defecțiuni, cu o interfață SCSI - până la de ore Acest parametru este pur statistic Pentru o anumită instanță, înseamnă că pe o perioadă de de ore de funcționare, probabilitatea de defecțiune va fi de , % (cu un MTBF de de ore) Deteriorări ale capetelor de hard disk din cauza supraîncălzirii Unități Pentru a îmbunătăți fiabilitatea, majoritatea producătorilor folosesc diferite variante ale tehnologiei SMART (Tehnologia de analiză și raportare de automonitorizare) în hard disk-uri De obicei, se asigură verificarea automată a integrității datelor, a stării suprafeței plachetei, transferul de informații din zonele critice la operațiuni normale și alte operațiuni fără intervenția utilizatorului În cazul unei creșteri a erorilor fatale, programul va emite prompt un mesaj despre necesitatea de a lua măsuri urgente pentru salvarea datelor Liniile directoare SMART au fost convenite în urmă cu câțiva ani, cu participarea tuturor producătorilor majori de discuri și computere Două grupuri de parametri sunt utilizate pentru a analiza fiabilitatea unui hard disk Primul caracterizează parametrii îmbătrânirii naturale a unui hard disk: • numărul de cicluri de pornire/oprire a discului; • numărul acumulat de rotații ale motorului în timpul funcționării; • numărul de mişcări ale capului Al doilea grup de parametri caracterizează starea curentă a unității: • înălțimea capului deasupra suprafeței discului; • viteza schimbului de date între discuri și buffer (memorie cache); • numărul de realocări ale sectoarelor defectuoase (când un sector bun liber este înlocuit cu un sector defect); • numărul de erori de căutare; • numărul de operaţii de recalibrare; • viteza de căutare a datelor pe disc De obicei, toate informațiile sunt înregistrate pe piste de service care sunt inaccesibile hardware și software de uz general Deși specificația SMART a trecut deja prin trei etape de dezvoltare, eficacitatea sa este limitată de principiile fundamentale ale diagnosticului precoce, care doar informează utilizatorul despre problemă Soluția în sine a problemei este atribuită în principal utilizatorului Având în vedere aceste neajunsuri, Western Digital a dezvoltat și implementat tehnologia Data Lifeguard în noile sale modele de hard disk - un sistem încorporat pentru diagnosticarea timpurie, izolarea zonelor deteriorate ale suprafeței de lucru și transferul datelor de la acestea către zonele de rezervă special alocate Efectuează întreținerea preventivă automată zilnică a suprafeței de lucru prin scanarea, evidențierea și restaurarea sectoarelor care sunt potențial predispuse la pierderea de date Toate sectoarele de pe hard disk disponibile pentru sistemul de operare sunt scanate în acele perioade de timp în care discul nu este interogat de sistem (adică este în modul inactiv) Ca o regula, Hard disk-uri Accesul la disc din sistemul de operare nu durează mai mult de % din timpul de lucru, deci restul de % este suficient pentru nevoile de birou Sectoarele care necesită reîmprospătare și recuperare sunt suprascrise Dacă, în timpul celei de-a doua citiri, slăbirea semnalului este din nou fixată, datele sunt transferate într-un nou sector, într-o zonă nedeteriorată a suprafeței În general, algoritmul de operare Data Lifeguard este următorul Sectoarele cu probleme sunt verificate folosind mecanismul ECC (Error-Correction Code) Se păstrează și o evidență a informațiilor despre sectoarele care nu pot fi restaurate În procesul de scriere secvențială a datelor în sectoare suspecte, se efectuează o verificare de citire Când discul este accesat, procesul de diagnosticare/recuperare este suspendat Procedura se reia cu unitatea care trece în modul inactiv În acest caz, performanța generală a sistemului de disc nu numai că nu scade, ci chiar crește, deoarece sistemul de operare nu pierde timpul verificând, iar numărul de accesări repetate la sectoarele proaste și problematice scade brusc Procedura Data Lifeguard pornește automat după fiecare opt ore de funcționare, ceea ce reprezintă o medie a încărcăturii zilnice Dacă scanarea suprafeței este întreruptă de o comandă a sistemului de operare sau de o întrerupere a curentului, procedura se reia de la punctul de întrerupere după minute de sarcină activă și secunde de inactivitate Gestionarea energiei și oprirea alimentării nu resetează contoarele interne ale Data Lifeguard, astfel încât acumularea de informații continuă la următoarea pornire Tehnologia Data Lifeguard este disponibilă în familiile de unități WD Caviar (interfață IDE) începând cu modelele AC și AC și în familia de unități WD Enterprise (interfață SCSI) începând cu modelul WDE Tehnologia dual wave Tehnologia a fost dezvoltată de Maxtor și este utilizată pe scară largă în linia sa de hard disk Pentru prima dată, două procesoare au fost folosite în controlerul de disc Procesorul de semnal digital (DSP) controlează unitățile, este responsabil pentru operațiunile de citire-scriere și corectarea erorilor Procesorul RISC proprietar al lui Maxtor este optimizat pentru procesarea comenzilor I/O și a interfeței ATA Ambele procesoare au acces liber la bufferul de date și la magistrala de schimb de date dintre ele Tehnologia DualWave vă permite să creșteți semnificativ eficiența lucrului cu fișiere mari (video, jocuri tridimensionale, baze de date) Unități nyh) De exemplu, hard disk-ul DiamondMax de RPM echipat cu unitatea DualWave depășește unitățile convenționale de RPM în multe teste În plus, unitățile Maxtor cu controler DualWave s-au dovedit a fi una dintre cele mai silențioase Protecție la impact Studiile au arătat că principalul motiv pentru defecțiunea ireversibilă a hard disk-urilor este impactul Socurile sunt posibile atât în timpul livrării unui hard disk de la producător la locul unde a fost asamblat computerul, cât și în timpul funcționării discului De aceea, companiile de top de hard disk acordă o atenție deosebită dezvoltării tehnologiilor care previn efectele nocive ale sarcinilor de șoc Din , Quantum a dezvoltat tehnologia SPS (Shock Protection System), care a fost introdusă pentru prima dată în unitățile din seria Fireball EL Este o serie de soluții de proiectare care vizează absorbția energiei de impact și minimizarea efectului negativ Cea mai dăunătoare consecință a unor astfel de impacturi este separarea capului de disc și apoi contactul ascuțit cu suprafața Conform tehnologiei SPS, principala energie de impact este absorbită de structura de antrenare a capului, care previne contactul cu suprafața și apariția fragmentelor (microparticule) Cu toate acestea, rezistența crescută la șoc a fost obținută numai atunci când unitatea nu era în funcțiune (când capetele erau parcate) În , tehnologia SPS II a fost introdusă în unitățile Quantum, care oferă protecție pe un hard disk funcțional Pe discul activ, când are loc un șoc, Deteriorări ale capetelor de hard disk din cauza șocului Hard disk-uri operațiunile de încărcare, scriere/citire sunt oprite imediat, iar datele sunt scrise în memoria cache locală Ele sunt transferate pe disc mai târziu, când energia împingerii va fi absorbită și discul va fi din nou într-o stare calmă Seagate folosește tehnologia GFP (G-force protection) în unitățile sale O serie de măsuri de proiectare asigură un grad mai mare de protecție pentru componente precum motorul și rulmentul axului, capete, suporturi flexibile pentru cap și discurile în sine Prin reducerea masei și dimensiunilor capetelor, precum și prin creșterea distanței dintre suport și disc, inginerii companiei au redus semnificativ energia cinetică a acestor componente dobândite de ei în momentul impactului Defectele care apar la rulment duc la creșterea zgomotului și vibrațiilor hard disk-ului, ceea ce în cele din urmă dezactivează motorul Alunecarea discurilor în montură este destul de rară, dar chiar și în acest caz, hard disk-urile din familiile Barracuda și Cheetah pot continua să funcționeze datorită sistemului încorporat de corectare a capetelor pentru fiecare rotație a discului (compensare opse per revolution) - OPR) În general, conform producătorului, utilizarea GPS-ului face posibilă creșterea rezistenței la impact cu % pentru familia Barracuda și cu % pentru familia Cheetah Maxtor și-a dezvoltat propria tehnologie numită ShockBlock Ca și în tehnologiile concurente, problema lovirii cu capul la suprafață este rezolvată în ea prin reducerea dimensiunii și greutății sale fizice Dar aici inginerii Maxtor au aplicat o soluție originală Se știe că în starea de nefuncționare, capetele sunt plasate în așa-numita zonă de parcare (zonă de aterizare), unde informațiile nu sunt scrise niciodată Prin urmare, prin întărirea suplimentară a acoperirii discului magnetic în zona zonei de parcare, a fost posibilă reducerea semnificativă a probabilității de apariție a particulelor mici în cazul în care capul încă lovește discul unității în starea oprită La următoarea etapă de dezvoltare, în tehnologia ShockBlock Enhanced, a fost posibilă creșterea rezistenței la impact cu accelerație de până la G Potrivit lui Maxtor, prin realizarea de suporturi pentru cap din material flexibil, designerii nu numai că nu reduc forța de lovire a capului pe disc, ci chiar o măresc (așa-numitul efect de "bici") Prin urmare, compania a făcut ca posesorii discurilor lor să fie mai rezistenți Adevărat, în acest caz a fost necesar să se rezolve problema asigurării unui decalaj stabil între capete și disc în timpul rotației sale, lucru care a fost realizat cu succes În plus, designul de fixare a capului de suport a fost modificat în așa fel încât chiar și în timpul impactului, capul să fie în contact cu discul cu întreaga suprafață, și nu cu marginea Acest lucru a redus de mai multe ori probabilitatea de fragmente și particule ca urmare a impactului Unități Samsung folosește propriile tehnologii de protecție împotriva șocurilor ImpactGuard și Shock Skin Bumper în seria de unități SpinPoint Potrivit companiei, rezistența la impact a discurilor (în stare de nefuncționare) ajunge la G Zgomot și căldură Cu siguranță unii cititori ar fi schimbat cuvintele din titlu - încălzire și zgomot Cu toate acestea, credem că în utilizarea de zi cu zi, problemele cu zgomotul discului sunt încă pe primul loc În primul rând, o unitate zgomotoasă produce într-adevăr sunete destul de puternice - până la dB! Acest nivel de interferență a sunetului interferează deja semnificativ cu ascultarea confortabilă a muzicii și a coloanelor sonore ale filmelor În al doilea rând, pentru mulți oameni a devenit un obicei să țină computerul pornit tot timpul Dacă împarți un dormitor cu un computer, atunci zgomotul de pe hard disk te ține treaz Și mai rău, dacă în timpul muncii de noapte computerul interferează cu somnul altor membri ai familiei Într-un cuvânt, căldura afectează local, iar zgomotul afectează global Atunci când aleg un disc, în primul rând, acordă atenție caracteristicilor sale de performanță: capacitate, timp de acces etc Cu toate acestea, nu este dăunător să întrebi despre nivelurile de zgomot generate de disc în timpul funcționării Zgomotul în sine poate fi de două feluri: clicuri la mișcarea capetelor și zgomot constant într-o gamă destul de largă în timpul rotației axului De obicei, spectrul zgomotului constant acoperă doar intervalul de frecvență la care auzul uman este cel mai sensibil (mai multe despre asta în capitolul ) Prin urmare, chiar și un nivel de zgomot aparent nesemnificativ în acest interval este perceput brusc Pe lângă achiziționarea unui model de hard disk mai puțin zgomotos, există modalități mai simple de a face față zgomotului În primul rând, trebuie să fixați ferm hard disk-ul în compartiment cu toate elementele de fixare necesare (cel puțin patru șuruburi) În al doilea rând, între corpul discului și pereții compartimentului ar trebui instalați distanțiere din cauciuc pentru amortizarea vibrațiilor În cele din urmă, puteți fixa hard disk-ul propriu-zis în sanie folosind distanțiere și etanșări din cauciuc și puteți instala sania în locașul de , " Unii utilizatori efectuează izolarea fonică a sistemului informatic în întregime (am atins această problemă în capitolul ) Încălzirea discului, de fapt, este o problemă locală, deoarece nu afectează confortul lucrului cu un computer Deși, în unele cazuri, un disc prea fierbinte perturbă echilibrul termic al sistemului în ansamblu și trebuie luate măsuri suplimentare pentru a-l răci (mai multe despre regimul termic al sistemului sunt descrise în Capitolul ) De obicei, regula este adevărată că hard disk-urile de mare viteză și, prin urmare, mai productive se încălzesc mai mult Având în vedere că temperatura RAI D-arrays Este de dorit să se mențină spiritul în interiorul carcasei computerului la nivelul de - ° C, ajungem la concluzia că temperatura de funcționare a hard disk-ului până la - ° C nu va perturba echilibrul termic dacă răcirea sistemul este în stare bună La temperaturi mai ridicate, ar trebui să luați în considerare răcirea locală a unității sau instalarea unui ventilator PSU mai eficient Matrice RAID Matricele de discuri cu date redundante, numite în mod obișnuit RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) sunt cunoscute din Au devenit cu adevărat masive odată cu dezvoltarea controlerelor IDE RAID Adaptoarele moderne acceptă de obicei trei niveluri (specificații): RAID O, RAID și RAID + RAID Striped Disk Array fără toleranță la erori Este o matrice de discuri în care datele sunt împărțite în blocuri și fiecare bloc este scris (citește) pe un disc separat Astfel, este posibil să efectuați mai multe operații I/O în același timp Oferă cele mai bune performanțe pentru procesarea intensivă I/O și date mari, dar eșecul unui singur disc implică Matrice RAID de (!) hard disk-uri pentru un computer de acasă Unități pierderea tuturor datelor matricei Cu controlerele IDE RAID, puteți crea de obicei matrice în dungi de două sau patru unități Dimensiunea matricei este egală cu dimensiunea celui mai mic disc înmulțit cu numărul de discuri Când creați o matrice, este de dorit să folosiți aceleași discuri RAID Matrice de discuri cu duplicare sau "oglindă" (oglindă) Oglindirea datelor este o modalitate tradițională de a crește fiabilitatea unei matrice de discuri mici În cea mai simplă versiune, se folosesc două discuri, pe care sunt scrise aceleași date În cazul defecțiunii unuia dintre discuri, rămâne copia sa (dublă), care continuă să funcționeze în modul anterior Avantajele sunt fiabilitatea, principalul dezavantaj este dublarea costului stocării datelor În controlerele IDE RAID, puteți crea de obicei matrice în oglindă a două unități Dimensiunea matricei este egală cu dimensiunea celui mai mic disc În acest caz, este, de asemenea, de dorit să folosiți discuri identice Cele mai multe controlere moderne vă permit să conectați un disc "de rezervă", pe care, în cazul unei defecțiuni a unuia dintre discurile principale ale matricei, toate informațiile sunt scrise în fundal În principiu, această configurație poate rezista la defecțiunea a două din trei discuri RAID + Matrice distribuită cu duplicare în oglindă Combină avantajele celor două niveluri descrise mai sus, dar este mai scump, deoarece necesită conectarea a minimum patru unități (este creată o matrice distribuită de două unități, care este oglindită) Configurația rezultată este rezistentă la defecțiunea unui singur disc, performanța este puțin mai mică decât cea a unei matrice distribuite de două discuri În plus, multe controlere vă permit să realizați un singur disc virtual din mai multe discuri, egală ca capacitate cu volumul total de discuri folosite (modul de rezervă) Unități magnetice și optice Problema tehnologiilor de stocare alternative la hard disk apare de obicei atunci când există sarcini de backup și transfer de informații Hard disk-urile au fost create ca dispozitive interne ale unui sistem informatic (cu excepția modelelor speciale) și, prin urmare, nu sunt potrivite pentru rezolvarea unor astfel de probleme Multă vreme, cel mai popular dispozitiv pentru mediile amovibile a fost unitatea de dischetă de , inchi (FDD) Potrivit unor estimări, până de curând se vindeau anual aproximativ de milioane de unități de dischetă Chiar și acum, pe majoritatea computerelor se găsesc unități de dischetă de , inci Capacitatea lor ( , MB) conform standardelor actuale pur și simplu nu merită menționată, iar viteza de schimb de date nu îndeplinește cele mai minime cerințe Unități magnetice și optice Sony HiFD-urile sunt pe deplin compatibile cu FDD-urile Au o capacitate mare formatată (aproximativ MB), o interfață standard (FDD + IDE), precum și o viteză bună de transfer de date (până la , MB/s) Cu toate acestea, prețurile mari și problemele cu alinierea capului au ruinat HiFD Dispozitivele LS- de la Imation se caracterizează prin viteză scăzută de citire/scriere ( , MB/s), capacitate mai mică ( MB) și practic nu au avut perspective încă de la începutul apariției lor pe piață Piața dispozitivelor ZIP de la Lomega era odinioară relativ mică și acum s-a micșorat complet Și deși ZIP după FDD a fost cea mai comună unitate pentru mediile "flexibile", perspectivele sale sunt triste Media este o dischetă de , inci citită de un cap care menține un spațiu constant față de suprafață datorită efectului Bernoulli Capacitate disc sau MB cu o rată de transfer de date de până la , MB/s și un timp de acces de aproximativ ms Cea mai recentă dezvoltare a Lomega este "micro-Z/P": un Click Drive compact în format PC Cârd Type I (capacitate MB) Piața hard disk-urilor amovibile a fost la un moment dat practic monopolizată de lomega și Castlewood, mai precis, de produsele lor Jaz și Orb Comparația caracteristicilor hard disk-urilor amovibile cu cele staționare în ceea ce privește timpul de căutare, viteza de rotație și rata maximă de transfer de date arată că dispozitivele amovibile nu sunt cu mult inferioare produselor staționare din clasa de mijloc Cu toate acestea, capacitatea acestor unități nu a depășit , GB, ceea ce este cu un ordin de mărime mai mic decât capacitatea obișnuită a unităților staționare Prima versiune a unui hard disk amovibil de , inchi numit Jaz ( GB) a fost lansată de lomega în Aici, rata de transfer de date ajunge la , GB/s, timpul de acces este de ms La sfârșitul anilor , unitatea Jaz a fost lansată cu suport de GB Inginerii de la compania "decedată" intempestivă SyQuest au organizat Castlewood System și au dezvoltat un hard disk amovibil numit Orb Datorită utilizării capetelor magnetorezistive, a fost posibilă creșterea densității de înregistrare și obținerea unei capacități de , inchi de , GB la o viteză de citire de până la , MB/s Îmbunătățirea ulterioară a tehnologiei și trecerea la capete GMR au făcut posibilă creșterea capacității de stocare la , GB la o rată de transfer de date de până la , MB / s Hard disk-uri amovibile cu factor de formă PC Cârd Type II (IBM Microdrive, capacitate de până la GB) și PC Cârd Type I (Toshiba PC Cârd Drivers, capacitate până la GB) au fost dezvoltate pentru echipamente digitale de consum și computere compacte Un disc de numai mm grosime are performanțe bune: timpul mediu de căutare este de ms, viteza maximă internă Unități rata de transfer de date de MB/s Rata reală de transfer depinde de implementarea interfeței PCMCIA pe un anumit computer și este în medie de Kb/s Unități optice Unitățile CD-ROM moderne au atins viteze mari pentru citirea informațiilor de pe un CD laser datorită introducerii tehnologiei CAV (Constant Angular Velocity) În acest mod, viteza discului rămâne constantă, astfel încât datele sunt citite cu o rată mai rapidă ( - , MB/s) în zonele periferice decât în zonele interne ( - , MB/s) În acest caz, viteza medie de citire este mult mai apropiată de valorile minime, deoarece înregistrarea pe disc începe din regiunile interioare Vitezele maxime de acționare de astăzi specificate de producători (până la ) sunt calculate în mod tradițional pe baza unei multiplicități în raport cu o unitate standard, egală cu o performanță de KB / s Pentru acționările de mare viteză, vitezele de rotație depășesc rpm La astfel de viteze, defectele în producția (și stocarea) discurilor laser încep să afecteze puternic: masa neuniformă, distorsiunea geometriei Ca analogie, putem cita roțile de automobile, care necesită o echilibrare specială pentru o mișcare confortabilă la viteze mari Echilibrarea este imposibilă pe discurile laser, așa că producătorii de unități recurg la diverse trucuri pentru a reduce bătăile parazite În special, unitățile ASUSTeK sunt echipate cu dispozitive speciale de amortizare care măresc fiabilitatea citirii datelor de pe discuri "strânse" Absența amortizoarelor duce la faptul că în unitățile de mare viteză, CD-urile "strâmbe" pot fi distruse Destul de multe astfel de cazuri au fost înregistrate în mod fiabil și, uneori, unitatea devine pur și simplu periculoasă - tava CD-ROM apare brusc și lansează discul în zbor cu o viteză vertiginoasă Pe sarcini reale, diferența de performanță a unităților cu viteze în intervalul x- x nu este practic vizibilă pentru utilizator și poate fi măsurată doar prin teste speciale Unitățile mai rapide sunt avantajoase atunci când citiți cantități mari de date adiacente (de exemplu, când instalați software sau descărcați imagini color de înaltă rezoluție) Cele mai multe unități CD-ROM de astăzi vin cu o interfață IDE/ATAPI care acceptă protocolul UltraDMA Domeniul de aplicare al unităților cu interfață SCSI - stații grafice, servere și altele Unități magnetice și optice Cum funcționează unitatea CD-ROM sisteme puternice Până acum, doar SCSI este capabil să suporte funcționarea fiabilă a sistemelor cu mai multe unități CD-ROM și multitasking-ul acestora în timpul transmiterii de date Unitățile CD-ROM externe sunt de obicei realizate cu o interfață USB Ele pot fi conectate la computere compacte fără unitate proprie sau la dispozitive terminale care nu au deloc discuri Remarcăm o caracteristică importantă a majorității versiunilor BIOS ale plăcilor de bază moderne - capacitatea de a desemna o unitate CD-ROM ca dispozitiv de pornire (primar) Acest lucru simplifică foarte mult sarcina de restaurare a sistemului în cazul unei defecțiuni fatale pe hard disk Nu este fără motiv că CD-urile laser, care au un sector de pornire, sisteme de operare și un set de utilități de recuperare, sunt numite în mod colectiv CD-uri de "resuscitare" Din când în când, printre știrile informatice, apar relatări despre noi soluții "revoluționare" în tehnologia producerii (înregistrării) unui CD Unii dintre ei au dreptul la viață De exemplu, tehnologia OpenWit vă permite să umpleți complet suprafața discului cu date, extinzându-și capacitatea standard ( MB) la MB Unități În legătură cu apariția tehnologiei CD-RW, producătorii au fost nevoiți să reducă costul inscripțiilor laser CD-R Mai târziu, producția de unități CD-R a fost întreruptă cu totul, iar acum toate unitățile sunt produse ca CD-R/CD-RW universal În acest sector, îmbunătățirea tehnologiei nu este atât de rapidă Acest lucru se explică prin cerințele crescute pentru precizia de poziționare a tuturor elementelor de acționare în timpul înregistrării datelor Creșterea vitezei peste o anumită limită duce la o creștere atât de vizibilă a costului mecanicii de precizie, încât nu este justificată de o creștere mică a productivității Acum pe piață există dispozitive în principal cu o viteză de înregistrare de x- x Rescrierea se realizează cu o viteză de până la x Aici s-a dezvoltat o situație de saturație tehnologică, iar în viitorul apropiat nu se așteaptă o creștere radicală a vitezei Pentru uz casnic pentru backup de date, crearea de albume muzicale, arhive foto și fișiere, discuri multimedia, sunt potrivite orice model de unități optice cu interfață IDE / ATARI Când înregistrați "spații" doar ocazional, nu există nicio diferență practică între dispozitive Dacă este nevoie să inscripționați discuri în mod regulat, dar de mai multe ori pe zi, veți avea nevoie de cea mai rapidă unitate CD-RW Avantajul incontestabil al CD-RW față de alte unități laser CD este capacitatea de a înregistra de mai multe ori pe un singur disc În ceea ce privește viteza de citire, unitățile CD-RW sunt aproape egale cu unitățile CD-ROM Prin urmare, unitățile CD-RW înlocuiesc treptat unitățile de disc laser convenționale în computerele desktop și devin dispozitive universale pentru citirea, copierea de rezervă și transferul de date Costul suporturilor optice în sine a scăzut, de asemenea, la valori care permit folosirea pe scară largă a discurilor CD-R în loc de dischete, ZIP și alte medii magnetice Odată cu introducerea tehnologiei BURN-Proof (Buffer UndeRuN-Proof - protecție împotriva supraîncărcării bufferului), problema deteriorării "blankurilor" în absența datelor din buffer a fost eliminată Un alt pas către simplificarea utilizării CD-RW în sistemele de masă a fost introducerea tehnologiei EasyWrite, care acceptă capacitatea de a scrie în loturi pe discuri CD-R / CD-RW direct folosind un manager de fișiere, fără a utiliza drivere speciale precum Direct CD Această tehnologie este acceptată și în sistemul de operare Windows XP Pe piața rusă, unitățile DVD de diferite standarde s-au mutat în categoria dispozitivelor de clasă consumatorilor Acest lucru se explică, în primul rând, printr-o creștere a ofertei de suporturi de film și o scădere bruscă a prețurilor la acestea Unitățile DVD-ROM (numai citire) au intrat în categoria dispozitivelor ieftine, iar prețurile acestora au devenit comparabile cu modelele CD-ROM Unități magnetice și optice ROM Unitățile combinate DVD-ROM/CD-RW s-au dovedit a avea mai mult succes în ceea ce privește funcționalitatea și prețul și sunt la mare căutare Acum specificația pentru formatul DVD-ROM este standard și este urmată de toți producătorii Unitățile DVD-ROM pot citi date de pe discuri CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM (cu o singură față, față-verso, cu un singur strat, cu două straturi, , - GB), discuri video - DVD Instalarea unei unități DVD pe un computer nu provoacă probleme, deoarece sunt utilizate interfețe standard IDE / ATAPI sau SCSL Nu sunt necesare alte dispozitive pentru a reda videoclipuri MPEG de înaltă calitate Calitatea sunetului Dolby Digital necesită suport pentru acest format de către placa audio Dispozitivele moderne DVD-ROM sunt deja în a treia generație Citirea datelor se efectuează în modul viteză unghiulară constantă, multiplicitatea discurilor DVD se află în intervalul x- x, la citirea discurilor CD-ROM, viteza variază de la x la x Un grup separat este format din unități cu capacitatea de a scrie pe medii - DVD-R și DVD+R (scriere o dată); DVD-RAM, DVD-RW și DVD+RW (reinscriptibil) Specificația DVD-RW a fost dezvoltată de un grup de mari companii japoneze, inclusiv JVC, Hitachi, Mitsubishi și alți monștri Specificația DVD+RW este acceptată de Sony, Philips, Yamaha și alte corporații la fel de puternice Din punctul de vedere al cumpărătorului, proprietățile de consum ale ambelor opțiuni sunt aproape aceleași Unitățile combo DVD+RW sunt disponibile ca o soluție unică Unități magneto-optice Mediile magneto-optice sunt discuri cu mai multe straturi, pe care datele pot fi scrise și citite pe baza atât proprietăților magnetice, cât și optice La citirea datelor, se utilizează efectul Kerr: o modificare a polarizării fasciculului laser reflectat în funcție de direcția de magnetizare a zonei iradiate a discului Înregistrarea este efectuată de un câmp magnetic extern în două treceri: datele sunt șterse în prima trecere, datele noi sunt scrise în a doua trecere Proprietățile materialelor utilizate sunt de așa natură încât este posibilă schimbarea direcției de magnetizare a zonei dorite doar atunci când aceasta este încălzită până la punctul Curie (aproximativ °C) La temperaturi normale, suportul nu este afectat de câmpurile magnetice și electrice și, prin urmare, este extrem de fiabil - se crede că durata de viață garantată a datelor depășește de ani Unități Dispozitivele magneto-optice au devenit larg răspândite în sistemele informatice de ultimă generație datorită versatilității lor Cu ajutorul lor, sarcinile de backup, schimb de date și acumularea acestora sunt rezolvate fără probleme Cu toate acestea, costul destul de ridicat al unităților și suporturilor nu permite clasificarea magneto-opticii ca dispozitive de pe piața de masă În acest sector, se dezvoltă în paralel unitățile de , și , inchi, mediile pentru care diferă în principal prin factor de formă și capacitate În prezent, sunt cunoscute medii magneto-optice convenționale (Magneto Optical) cu o singură scriere a standardului CCW (Continuous Composite W RM) și standard LIMDOW reinscriptibil (Light Intensity Modulation/Direct OverWrite) Cea mai recentă generație de medii de , inchi atinge o capacitate de , GB Capacitatea standard pentru mediile de , inchi este de MB În formatul de , inchi, a fost dezvoltată o nouă tehnologie GIGAMO Oferă o capacitate de stocare de , GB și este complet compatibil cu standardele anterioare Unitățile și unitățile cu factor de formă de , inchi acceptă tehnologia NFR (Near Field Recording), care oferă capacități de unitate de până la GB Unități de bandă Există domenii de activitate în care unitățile de bandă "vechi" încă se simt grozav, a căror istorie poate fi urmărită încă din - momentul apariției unui streamer cu o casetă în format QIC (Cartuș de bandă Quarter-Inch - un sfert de inch casetă) De atunci, niciun alt mediu nu a reușit să depășească banda în ceea ce privește combinația dintre costul scăzut de stocare pe unitatea de date și fiabilitatea Streamerele sunt utilizate pe scară largă în informații, securitate, comunicații, sisteme de navigație și în alte duzini de domenii în care este necesar să se înregistreze continuu cantități uriașe de date, asigurând în același timp fiabilitatea necondiționată a stocării Pentru un computer de acasă, utilizarea unui streamer poate fi relevantă dacă proprietarul este pasionat de filmări video Astăzi, există mai multe formate de media (și streamere) pe bandă magnetică Unul dintre cele mai comune este formatul Tgavar al diferitelor versiuni Specificația actuală Tgavar- are o capacitate de casetă de GB ( GB comprimat) la o rată de transfer de date de până la , MB/s Specificația DAT (Digital Audio Tape) a apărut, după cum sugerează și numele, în domeniul înregistrărilor audio profesionale Acest format se caracterizează printr-o viteză crescută a benzii, folosind tehnologia de scanare elicoidală cas-capacitate Unități portabile rețeaua standard DDS- ajunge la GB, iar rata de transfer de date este de , MB/s În , Exodata și-a dezvoltat propriul format pentru bandă magnetică scanată spiralat de mm - ATT (Advanced Lntelligent Tare) Caseta are un cip de memorie flash încorporat care conține informații despre parametrii casetei în sine și locația datelor de pe bandă Actuala specificație AIT- este concepută pentru casete cu o capacitate de GB ( GB cu compresie de date) și o rată de transfer de date de până la MB/s Formatul AIT- asigură o creștere a capacității de până la ( ) GB și o viteză de până la MB/s Quantum produce streamere cu casete în format Super DLT (Digital Linear Tare), care se disting prin manipularea "blândă" a benzii Ca urmare, durata de viață a capului de streamer ajunge la de ore SDLT- are o capacitate a casetei de GB ( GB comprimat) și o rată de transfer de date de până la MB/s Media LTO (Linear Tare Orep) este concepută ca o versiune fără drepturi de autor a SDLT Conform specificației Ultrium, casetele LTO oferă o capacitate de ( ) GB și o rată de transfer de date de aproximativ MB/s Unități portabile Hard disk-urile externe portabile nu aparțin niciunei categorii speciale de medii - parametrii acestora se potrivesc exact cu modelele interne Soluțiile tehnice care asigură portabilitatea hard disk-urilor convenționale (Mobile Rack) sunt cunoscute de o perioadă relativ îndelungată (mulțumită introducerii tehnologiilor "antișoc") și au reușit să câștige popularitate în rândul utilizatorilor de masă Esența tehnologiei constă în faptul că în carcasa computerului, într-unul dintre compartimentele pentru dispozitive externe (de obicei , inci), este instalat un conector care este conectat la interfața LDE / ATA și la sursa de alimentare În acest compartiment poate fi introdus un recipient de plastic detașabil cu un conector corespunzător, în interiorul căruia este fixat un hard disk convențional Când este conectat la sistem, hard disk-ul este recunoscut ca un alt hard disk și configurația este automată Dacă trebuie să transferați date pe un alt computer, acestea sunt copiate pe o unitate portabilă, sistemul este oprit, containerul este scos din compartiment și mutat în același compartiment, echipat cu același conector Recent, piața a extins oferta de unități externe cu interfețe FireWire (LEEE ) și USB , care depășesc sistemul Mobile Rack (cu interfață LDE) din punct de vedere al versatilității Suportul USB este furnizat pe toate plăcile standard fără excepție Unități ATX însă, din punct de vedere al vitezei, o astfel de soluție nu îndeplinește pe deplin cerințele moderne În plus, USB nu poate furniza întotdeauna suficientă putere pentru hard disk și, uneori, este necesar un cablu suplimentar la portul PS / sau o sursă de alimentare externă Unități cu stare solidă S-ar părea că printre mass-media poate fi "mai greu" decât un hard disk? Au existat însă și alți campioni la "duritate" - dispozitive realizate pe microcircuite (cristale) care nu au piese mobile În ciuda varietății de forme și denumiri, toate se bazează pe cipuri de memorie flash reprogramabile electric Funcționarea acestui tip de celule de stocare se bazează pe efectul fizic Fowley-Nordheim asociat cu injectarea în avalanșă a sarcinilor în tranzistoarele cu efect de câmp Conținutul memoriei flash este programat electric Memoria flash este citită și scrisă octet cu octet Tipurile moderne de memorie flash permit până la un milion de cicluri de scriere Principiul fizic al organizării celulelor de memorie flash poate fi considerat același pentru toate dispozitivele fabricate, indiferent de cum sunt denumite Astfel de dispozitive diferă în ceea ce privește factorul de formă (interfața) și controlerul utilizat, ceea ce provoacă o diferență de capacitate, rata de transfer de date și consumul de energie Formatul cardurilor de memorie flash Multimedia Cârd (MMC) și Secure Digital (SD) dispare treptat din scenă din cauza capacității limitate (până la MB pentru MMC și MB pentru HD) și a vitezei reduse Fluxul de Kb/s furnizat de MMC este complet insuficient pentru hardware-ul actual Viteza SD este mult mai mare (până la KB/s), dar formatul nu se scalează bine în ceea ce privește viteza Formatul SmartMedia este destinat să devină principalul format pentru carduri "inteligente" pentru o gamă largă de aplicații (de la carduri bancare și abonamente de metrou până la cărți de identitate) Plăcile subțiri care cântăresc doar grame au contacte deschise, ceea ce nu este foarte convenabil Cu toate acestea, o capacitate decentă pentru astfel de dimensiuni (până la MB) și o rată de transfer de date (până la Kb/s) a dus la pătrunderea lor în domeniul fotografiei digitale și al dispozitivelor MP portabile Metogu Stick este un format "exclusiv" de la Sony Este utilizat pe scară largă în echipamentele acestui brand, dar practic nu este folosit de alte companii Pe lângă Sony, SanDisk a început să lanseze Metogu Stick Capacitatea maximă a cardului este de MB, rata de transfer de date ajunge la KB/s, ceea ce este considerat insuficient de standardele actuale Unități cu stare solidă Formatul CompactFlash (CF) este de departe cel mai comun, versatil și, în plus, cu perspectivele de dezvoltare ale formatului media cu stare solidă Factorul de formă CF este compatibil cu semnalul PC Cârd Type Pi printr-un adaptor / (PCMCIA) care se conectează cu ușurință la orice laptop Pentru computerele desktop, există "cititoare de carduri" externe și interne (Cârd Reader) CF conectate la magistralele PCI, IDE, USB sau IEEE Principala aplicație a CF este fotografia digitală În ceea ce privește capacitatea (până la GB), cardurile CF de astăzi nu sunt inferioare IBM Microdrive, dar rămân în urmă la viteza de transfer de date (aproximativ MB/s) Unele carduri au o desemnare a vitezei maxime De exemplu, marcarea " x" promite viteze de până la , MB/s (valoarea multiplicatorului "x" este de KB/s) Dar astfel de viteze sunt posibile numai la operațiuni de citire PC Cârd (PCMSIA ATA) este principalul tip de memorie flash pentru calculatoare compacte În prezent, există patru formate de carduri PC Cârd: Type I, Type II, Type III și CardBus, care diferă ca dimensiune, conectori și tensiune de operare Pentru PC Cârd este posibil invers Nospelles de memorie flash în diferite formate Unități capacitate prin conectori "de sus în jos" Un avantaj important al PC Cârd este suportul pentru interfața ATA, care garantează compatibilitatea cu aproape toate computerele și multe dispozitive digitale de consum Toate cardurile sunt echipate cu o magistrală de date de biți, iar modificarea CardBus este de de biți Capacitatea PC-ului Cârd este de până la GB și viteza este de MB/s la schimbul de date cu hard disk-ul De regulă, producătorii garantează performanța cardului pentru de ore și durabilitatea conectorului pentru de conexiuni ( pe teren) Miniature Cârd (MC) este un card de memorie flash de dimensiuni mici, conceput în principal pentru PDA-uri, telefoane mobile și camere digitale La momentul scrierii, capacitatea maximă este de MB Cardul folosește memorie Flash Linear, care necesită instalarea de drivere speciale pe computer xD Picture Card (eXtreme Digital) este un tip relativ nou de memorie flash dezvoltată de Toshiba special pentru camerele digitale Astăzi este unul dintre cele mai mici dispozitive de memorie flash Datorită utilizării tehnologiei NAND, nu există restricții privind volumul maxim Până la MB xD Picture Cards sunt cunoscute în prezent, cu produse de până la GB așteptate în curând USB Flash Drive - este același CompactFlash, dar într-o "sticlă" diferită În acest caz, "sticla" este o interfață serială USB cu o lățime de bandă de Mbps sau versiunea sa modernă USB cu o lățime de bandă de până la Mbps Suportul în sine este închis într-o caroserie compactă aerodinamică, care amintește de un breloc de mașină Parametrii principali (capacitate și viteză) ai unității flash USB sunt complet aceiași cu CompactFlash, deoarece cipurile de memorie rămân aceleași Unitatea flash USB poate servi nu numai ca "purtător" de fișiere, ci poate funcționa și ca o unitate obișnuită - puteți rula aplicații de pe aceasta, puteți reda muzică și videoclipuri comprimate, edita și crea fișiere Procedura de sincronizare a fișierelor între computerele de acasă și de la birou este mult facilitată Mai mult, unitatea flash USB poate fi folosită și ca cheie de acces la sistem Remarcăm timpul de acces mediu scăzut la date pe o unitate Flash - mai puțin de , ms, ceea ce depășește cu mult performanța celor mai bune unități SCSI Este probabil ca unitățile flash USB, în special cele cu o interfață USB , să poată înlocui complet dischetele convenționale și CD-urile parțial reinscriptibile, mediile lomega ZIP și altele asemenea Unități cu stare solidă Un număr mare de medii cu stare solidă incompatibile din punct de vedere fizic și alte dispozitive de memorie portabile a condus la apariția dispozitivelor multifuncționale pentru interfațarea computerelor cu medii externe, numite de obicei CardReader/Writer Cele mai bune dintre ele vă permit să utilizați până la tipuri de memorie flash (CF, MMC, SD, SM, MS) și un hard disk IBMMicroDrive Utilizarea unor astfel de dispozitive într-un computer de acasă este greu justificată, deoarece majoritatea camerelor digitale pot fi interfațate cu un computer folosind interfața USB Sistem audio • Psihoacustică - • Procesare digitală a sunetului • Sunetul spațial • Simulare digitală a sunetului D • Dispozitiv cu placă de sunet • Hardware de procesare audio • Sunete pentru iubitorii de muzică • Sisteme acustice În ultimii ani, tehnologiile digitale au ocupat literalmente domeniul multimedia, inclusiv reproducerea și procesarea sunetului Majoritatea dispozitivelor de consum folosesc tehnologii digitale de sunet, iar tehnologia computerelor pur și simplu nu oferă altfel Cu toate acestea, semnalul audio original (înregistrat) este întotdeauna analog, iar sunetul de redare va fi, de asemenea, analog Adică, figura este prezentă în mijloc și servește doar ca instrument pentru procesarea sunetului Psihoacustică Deoarece sunetul este un fenomen analogic, procesarea sa adecvată prin metode digitale este o problemă dificilă Soluția sa se află în domeniul psihoacusticii, o știință care studiază caracteristicile percepției umane a sunetului După ce ați înțeles cum simte o persoană sunetul, puteți încerca să simulați astfel de senzații folosind semnale digitale Fizica unei unde sonore Sunetul este o undă, adică fenomenul de schimbare a stării mediului, de propagare în el și de efectuare a transferului de energie fără transfer de materie Unda sonoră este o undă care transmite spațiu Psihoacustică vibrațiile mecanice ale moleculelor unei substanțe Ca urmare a unor perturbări (de exemplu, vibrațiile unui con de difuzor), apare o presiune în exces în zona adiacentă, împingând straturile adiacente de aer Aceste straturi sunt comprimate și transmit oscilația în continuare Corpul care creează perturbarea se numește sursă de sunet Viteza de propagare a sunetului depinde de caracteristicile mediului În condiții normale, viteza sunetului în aer este de m/s Viteza de propagare a sunetului este practic independentă de frecvența undei sonore Timpul după care ascultătorul începe să perceapă sunetul depinde de distanța acestuia față de sursă, precum și de caracteristicile mediului de propagare Undele sonore sunt caracterizate de diverse fenomene asociate cu propagarea vibrațiilor în spațiu Printre cele mai importante se numără interferența, refracția, absorbția, reverberația, difracția, rezonanța, efectul Doppler Toate aceste fenomene sunt folosite în procesarea digitală a sunetului pentru a reproduce mediul sonor din jur Percepția sunetului În termeni generali, percepția umană a sunetului poate fi descrisă după cum urmează Sunetul este o modificare locală a presiunii aerului care are loc la o anumită frecvență Aceste modificări sunt percepute de organul auzului Cu cât frecvența unor astfel de modificări este mai mare, cu atât tonul pe care îl aude o persoană este mai mare Se știe că vibrațiile se pot propaga și în alte medii: metal, apă etc Dar până la urmă, pentru ca ele să fie percepute de o persoană, este necesar să aibă un efect adecvat asupra organului auzului Aparat auditiv uman Sistem audio Organul auzului uman este format din urechea exterioară (externă), conectată printr-un canal auditiv deschis de urechea medie, unde este atașat timpanul, conectat la oase Presiunea undei sonore face ca timpanul să vibreze, vibrația este transmisă prin oase către urechea internă, care este o membrană conectată la un tub (cohlee) răsucit într-o spirală umplută cu lichid Deoarece zona membranei timpanice este de zece ori mai mare decât membrana urechii interne, presiunea transferată fluidului din cohlee crește proporțional, ceea ce ajută la reproducerea adecvată a vibrațiilor De-a lungul urechii interne se află o membrană de formă complexă, având o duritate variabilă pe lungime, conectată la cohlee Terminațiile fibrelor nervoase responsabile de transmiterea impulsurilor către creier sunt atașate de membrană pe toată lungimea acesteia Mai mult, deja în această etapă are loc preprocesarea semnalului audio În primul rând, datorită rigidității variabile, membrana răspunde la vibrații de frecvențe diferite în zone diferite - partea exterioară dură răspunde la frecvențe mai mari, partea interioară moale la cele inferioare Mai mult, majoritatea fibrelor nervoase sunt atașate de partea interioară moale Ele sunt capabile să vibreze în ritmul unei frecvențe joase (până la aproximativ Hz) În intervalul de frecvență medie (până la aproximativ Hz), are loc un proces mai complex Aici sunt implicați până la o duzină de nervi, deoarece o secțiune mai lungă a membranei vibrează Ca urmare, oscilațiile nervoase din intervalul de frecvență medie sunt defazate, deoarece sunt atașate în diferite puncte ale membranei Astfel, este posibil să se determine cu mai multă precizie nu numai frecvența semnalului sonor, ci și forma, faza, intensitatea creșterii (căderii) și alte caracteristici ale acestuia În intervalul - Hz se află spectrul principal al vocii umane și nu este o coincidență că medicii verifică acuitatea auzului în șoaptă de la o anumită distanță Pentru frecvențele sonore de peste kHz, transmiterea unui impuls către creier este determinată numai de localizarea nervului pe membrană, nervii înșiși nu vibrează Adică se percepe doar componenta de frecvență a sunetului, fără prelucrarea prealabilă a altor parametri Astfel, în raport cu tema noastră, putem trage următoarele concluzii În primul rând, semnalele de joasă frecvență sunt în mare parte percepute direct, datorită vibrației fibrelor nervoase În al doilea rând, o persoană extrage informații complete din spectrul unui semnal sonor numai în intervalul de până la kHz, aici orientarea spațială funcționează în plină forță - determinând locația sursei de sunet În cele din urmă, componentele de înaltă frecvență se disting de către o persoană numai în frecvențe, rezoluția spațială în intervalul de peste kHz este foarte scăzută Psihoacustică Gama de frecvențe sonore auzite de oameni este, în general, considerată a fi în intervalul - Hz Vibrațiile cu o frecvență foarte scăzută se numesc infrasunete Nu sunt audibile, dar corpul uman reacționează dureros la ele, deoarece frecvențele ultra-joase afectează direct nervii auditivi și alte organe Vibrațiile de înaltă frecvență se numesc ultrasunete Ele sunt, de asemenea, inaudibile pentru marea majoritate a oamenilor, deși multe animale, cum ar fi câinii, aud ultrasunetele Gama de frecvențe de sunet pe care o anumită persoană este capabilă să le audă depinde în mare măsură de caracteristicile sale individuale Mai mult, acestea nu sunt doar caracteristici fizice, ci și experiență psihologică și acumulată în recunoașterea sunetelor Se știe că orbii (mai ales de la naștere) aud mult mai bine decât omul obișnuit Evident, capacitatea de a recunoaște sunetele scade odată cu vârsta Scăderi destul de accentuate sunt observate după de ani și după de ani (de obicei limita superioară a gamei de sunete audibile se schimbă la - kHz) Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică persoanelor care sunt angajate profesional în sunet: muzicieni, compozitori, ingineri de sunet Experiența lor de a comunica constant cu sunet ajută la evitarea unui astfel de declin Este foarte rar ca o persoană să se afle într-un astfel de mediu încât să poată fi auzită o singură sursă punctuală de sunet De obicei, sursele de sunet sunt spațiale, sunt multe dintre ele, sunt situate la distanțe diferite, în plus, atunci când sunetul este reflectat și absorbit de obiectele din jur, în propagarea unei unde sonore sunt introduse diverse distorsiuni Undele sonore sunt suprapuse una peste alta Organele auzului uman sunt stereofonice, adică urechea stângă și dreaptă percep semnalul sonor în mod independent Prin urmare, o persoană este capabilă să selecteze semnalul sonor dorit (în intervalul de frecvență specificat de noi mai sus) și să determine direcția către acesta Rețineți că mediul are o influență puternică asupra orientării În condiții de reflexie și absorbție multiplă a sunetului (de exemplu, într-o pădure), este foarte dificil să se determine direcția către sursă Astfel, organele auzului uman percep imaginea sonoră rezultată ca o singură undă sonoră care ajunge la timpan Semnalele primite sunt procesate de creier în conformitate cu un algoritm individual și interpretate în concepte familiare unei persoane Adică, nu există doi oameni absolut egal pe glob Care este algoritmul de procesare a semnalelor sonore în interiorul creierului uman este încă un secret cu șapte sigilii Putem judeca acest lucru numai pe baza semnelor indirecte și a evaluărilor experților - "îți place, nu-mi place" Cei mai avansați în aceste studii au fost oamenii de știință germani conduși de Karl-Heinz Brandenburg, care a creat metoda așa-numitei "compresii psihoacustice", folosită Sistem audio înregistrat în formatul de înregistrare a sunetului MPEG Audio Layer Cu toate acestea, această metodă doar imită rezultatul final al muncii creierului la procesarea informațiilor sonore, fără a reproduce algoritmul O atenție deosebită ar trebui acordată percepției de către o persoană a diferiților parametri ai sunetului: volumul, frecvența, poziția spațială a sursei, vibrațiile armonice, care afectează puternic imaginea sonoră în ansamblu În acustică, volumul sunetului se măsoară în decibeli, adică pe o scară logaritmică, punctul de referință (zero) în care volumul minim al sunetului (la o frecvență de Hz), încă distins de o persoană (presiunea sonoră) valoarea este de aproximativ μPa), este luată În domeniul prelucrării digitale a sunetului, se utilizează o scară inversă - valoarea maximă posibilă, cum ar fi volumul, este considerată zero Fără durere, o persoană sănătoasă poate distinge sunete cu un volum de până la dB La un nivel de aproximativ dB, au loc afectarea auzului Cu toate acestea, acestea sunt valori generale, deoarece la diferite frecvențe sensibilitatea sonorității variază foarte mult Cea mai mare sensibilitate la sunete este în intervalul - kHz, ceea ce decurge din caracteristicile structurale ale organelor auditive discutate mai sus Deja pentru un sunet cu o frecvență de Hz, pragul de auz este de dB (adică cu o amplitudine de de ori mai mare decât la o frecvență de Hz!) La o frecvență de kHz, pragul de auz este de aproximativ dB Acum ne este clar de ce subwooferele sunt fabricate de zeci și sute de ori mai puternice decât difuzoarele de înaltă frecvență În medie, o persoană distinge nivelurile de volum în pași de dB, ceea ce nu poate fi numit rezoluție înaltă Cu toate acestea, în general, intervalul acoperit este foarte mare - de la dB la dB (adică o diferență de un milion de ori) În regiunea spectrului de frecvență al semnalului audio, apare o imagine similară Diferențele de frecvență ale sunetului (adică un semnal de ton pur) sunt cel mai bine recunoscute în intervalul - kHz - în medie, în trepte de aproximativ , % La frecvențe mai mici, pasul de recunoaștere scade la % Cu toate acestea, persoanele cu ureche pentru muzică sunt mult mai sensibile la spectrul de frecvență Profesioniștii au o treaptă de rezoluție a frecvenței de aproximativ , % Rezoluția spațială este implementată la oameni în două moduri Poziția unei surse de sunet care emite la frecvențe joase (mai puțin de kHz) este determinată de intervalul de timp dintre sosirea unei unde sonore în urechea stângă și cea dreaptă Intervalul care se distinge la oamenii instruiți este de aproximativ o duzină și jumătate de microsecunde O astfel de pseudo-defazare este percepută ca informații despre locația sursei și determină instinctiv capul să se întoarcă în direcția dorită Informații suplimentare, mai puțin precise (în principal pentru frecvențele de peste , kHz) sunt extrase din diferitele volume ale sunetului care a venit în urechea stângă și dreaptă (reamintim că în acest caz pasul de rezoluție este de doar dB) La Psihoacustică În acest caz, informațiile despre schimbarea de fază sunt considerate prioritare Acum s-a stabilit că poziționarea sursei de sunet este efectuată de o persoană în funcție de aproximativ unsprezece parametri, dar nu mai mult de trei dintre ei sunt imitați de tehnologiile moderne de sunet surround Evident, orice tehnologii existente ale așa-numitului sunet tridimensional nu sunt capabile să reflecte în mod adecvat imaginea sonoră a lumii reale Motivul este foarte simplu: poziționarea exactă a sursei de sunet este realizată de organele auditive în interacțiune cu alte organe De exemplu, o întoarcere instinctivă sau intenționată a capului, înclinările sale oferă precizie de poziționare cu o rezoluție de aproximativ un grad La oamenii special instruiți, această precizie este și mai mare Prin urmare, filmarea oarbă "după ureche" nu este deloc o invenție a regizorilor de filme de acțiune, ci o adevărată abilitate obținută ca urmare a unui antrenament îndelungat Dar chiar și fără nicio pregătire, o persoană obișnuită în întuneric complet determină cu ușurință, de exemplu, poziția unei mașini în mișcare, în special a unei mărci familiare, pe baza experienței anterioare Complexitatea suplimentară în evaluarea imaginii sonore este introdusă de distorsiuni, deoarece undele sonore interacționează intens cu obiectele din jur Efectele ecou, reverberație, absorbție, întârzieri sunt inerente imaginii sunetului real într-o măsură mult mai mare decât se crede în mod obișnuit Într-o oarecare măsură, tehnologiile de sunet D sunt capabile să modeleze aceste procese Printre sunetele reale care înconjoară o persoană în viață, există extrem de puține tonuri pure Practic, sunetul este format din armonici, adică unde sonore care sunt multipli ca frecvență a tonului fundamental Algoritmul de procesare a sunetului din creierul uman este construit în așa fel încât vibrațiile armonice să fie plăcute pentru marea majoritate a oamenilor Sunetele care ies din seria armonică provoacă de obicei ostilitate Apropo, sunetele naturale rareori trec dincolo de seria armonică Aparent, o persoană își identifică percepția cu fenomenele naturale, iar vibrațiile nearmonice provoacă subconștient un sentiment de pericol datorită originii lor nenaturale Evident, întreaga cultură muzicală este construită pe folosirea vibrațiilor armonice În muzică, intervalul de schimbare a tonului fundamental al rândului muzical a primit de două ori denumirea de octave Adică nota "C" a celei de-a doua octave sună la o frecvență de două ori mai mare decât nota "C" a primei octave Persoana medie distinge de obicei un interval de octave Mai mult, ultima octavă ocupă o bandă de frecvență de la kHz la kHz Să presupunem că, odată cu vârsta, o persoană încetează să distingă frecvențele de peste kHz Cât de mult va pierde când ascultă muzică? Se pare că în cel mai rău caz - aproximativ % din informații, de obicei chiar mai puțin, deoarece ultimele note ale ultimei octave în forma lor pură sunt extrem de rar utilizate Sistem audio Datorită vibrațiilor armonice, se formează întreaga gamă de frecvență a majorității instrumentelor muzicale Ultima notă a ultimei octave a pianului sună la o frecvență de aproximativ kHz, dar gama de frecvență a instrumentului este mult mai mare decât această limită din cauza formării armonicilor Instrumentele realizate de maeștri sunt apreciate mai mult deoarece oferă armonici curate și corecte pe o gamă foarte largă În ceea ce privește dispozitivele audio, trebuie menționat că procesele fizice care au loc în timpul procesării sunetului, chiar și digital, introduc inevitabil distorsiuni armonice în semnalul original Ei încearcă să minimizeze astfel de distorsiuni prin toate mijloacele, deseori emasculând armonicile necesare care dau plenitudinea sunetului Există, de asemenea, o problemă inversă - în echipamentele analogice (construite pe tuburi vidate) de cea mai înaltă clasă, caracteristicile de conversie a semnalului în treptele tubului introduc armonici suplimentare, foarte curate, care conferă bogăție și căldură sunetului Subliniem că sunetul de pe computer este procesat prin metode digitale, astfel încât echipamentul folosit este fundamental diferit de unele dispozitive audio profesionale și de consum de cea mai înaltă clasă, unde toată procesarea este efectuată prin metode analogice În general, puteți înregistra și reproduce sunetul cât mai precis posibil pe dispozitive analogice în moduri mult mai simple decât pe cele digitale Cu toate acestea, procesarea sunetului original în diverse moduri și asigurarea repetabilității aproape % pe orice copie a înregistrării este posibilă doar pe dispozitive digitale Deși sunetul prin natura sa este întotdeauna o valoare analogică În cele din urmă, cea mai complexă procesare audio digitală se rezumă la reproducerea semnalelor analogice Procesarea digitală a sunetului Metoda de înregistrare digitală naturală a sunetului se numește PCM (Puise Code Modulation - modulare cod puls) Constă în faptul că în timpul înregistrării, amplitudinea curentă a undei sonore este înregistrată în mod repetat în fiecare secundă O anumită valoare a amplitudinii este considerată maximă posibilă într-o anumită înregistrare a sunetului În conformitate cu elementul de date unic alocat pentru digitizare, valorii maxime i se atribuie cel mai mare număr întreg Apoi, valoarea amplitudinii curente este scalată relativ la maxim și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg Rezultatul este un singur instantaneu (cadru) al undei sonore O înregistrare audio digitală este o secvență de astfel de cadre Frecvența cu care sunt realizate fotografiile se numește rata de eșantionare, sau rata de cuantizare sau rata de eșantionare Este evident că ce Procesarea digitală a sunetului semnal separat Lățimea barei este determinată de rata de eșantionare Digitalizarea unui semnal audio analogic cu cât este mai mare rata de eșantionare, cu atât înregistrarea digitală se va potrivi mai bine cu eșantionul analogic Conform regulii Kotelnikov (cunoscută în străinătate ca regula Nyquist), frecvența de eșantionare ar trebui să fie de cel puțin două ori frecvența maximă a sunetului înregistrat Valoarea unei singure matrice de date (numită uneori adâncimea de digitizare sau adâncimea de biți de reprezentare), care determină numărul de niveluri distinse ale semnalului audio înregistrat, afectează, de asemenea, puternic acuratețea înregistrării Raportul dintre volumul maxim de sunet reproductibil în raport cu volumul zgomotului de fundal depinde de adâncimea de biți Sistemul auditiv uman este capabil să distingă sunetele în intervalul de până la dB Cu înregistrarea pe biți, intervalul va fi de dB ( de valori în total) Cu înregistrarea pe biți, intervalul va fi de dB În practică, o înregistrare de bună calitate se obține la o rată de eșantionare de Hz și o adâncime de digitizare de biți Aceștia sunt parametrii adoptați pentru înregistrarea muzicii pe discuri laser, numite compact discs (CD-uri) Semnalul analogic este digitizat de convertoare digital-analog (DAC) Convertoarele analog-digital (ADC) efectuează sarcina inversă Adesea, ambele dispozitive sunt combinate într-o singură unitate numită codec (encoder-decoder) Conversiile digitale introduc distorsiuni specifice în semnalul analogic Datorită faptului că doar un număr de valori întregi discrete ale semnalului sunt disponibile în reprezentarea digitală, apare un semnal fals practic continuu, numit zgomot de eșantionare Adâncimea de eșantionare are propriile sale limitări În plus, frecvența și adâncimea de eșantionare au o influență reciprocă Creșterea adâncimii de biți vă permite să extindeți intervalul dinamic al dispozitivului audio Cu o adâncime de biți, teoretic Sistem audio poate acoperi intervalul de la dB la - dB Cu toate acestea, semnalele cu un nivel apropiat de cel minim posibil se îmbină practic cu zgomotul de eșantionare Faptul este că eroarea maximă în timpul digitizării este jumătate din cifra cea mai puțin semnificativă din adâncimea de eșantionare acceptată (adică un semnal slab este rotunjit la cea mai apropiată valoare întreagă - unu) Astfel, amplitudinile mici ale semnalului practic nu sunt reproduse, deoarece sunt reduse fie la zero, fie la unitate, înfundate cu zgomotul de eșantionare Dacă bitul cel mai semnificativ este "responsabil" pentru nivelul maxim al semnalului, adică pentru intervalul de la - dB la dB, atunci bitul cel mai puțin semnificativ este "responsabil" pentru cel mai scăzut nivel al semnalului: de la - dB la - dB Cu o eroare de jumătate din bitul cel mai puțin semnificativ ( : = dB), domeniul teoretic posibil este de dB Raportul semnal-zgomot la niveluri de zgomot sub - dB va fi, de asemenea, de cel puțin dB De obicei, valorile apropiate de această valoare sunt indicate de producătorii de plăci de sunet pentru computere În practică, situația este departe de a fi atât de roz Nivelul de zgomot de eșantionare depinde în mare măsură de forma și spectrul semnalului analogic care este digitizat Pentru a ține cont de acest factor, în formula de calcul a raportului semnal-zgomot (Raport semnal/zgomot - SNR) există un coeficient C special, care ia valori de la - dB la + dB SNR \u d Vsignal / Vnoise \u d , x V + C [dB]; unde N este adâncimea de biți a digitizării Într-un semnal sinusoidal, C este de aproximativ , dB Ce factor crezi că folosesc producătorii când fac publicitate SNR de dB pe cardurile lor cu un codec de biți? Desigur, doi! Pe sunete reale (muzică și vorbire), coeficientul C este destul de aproape de limita inferioară, așa că scădem cu îndrăzneală dB din dB și apoi examinăm cifra de dB În general, pare destul de atractiv, deoarece o persoană de obicei nu ascultă muzică prin căști într-un spațiu fără aer și, prin urmare, există întotdeauna zgomote străine care "mâncă" cel puțin - dB din intervalul teoretic de audibilitate de dB Prin urmare, intervalul real perceput este de - dB, a doua cifră tipică pentru ascultarea solitară într-o cameră închisă Din păcate, la dispozitivele de clasă consumer, îngustarea reală a intervalului nu se termină la dB Faptul este că la digitalizarea unui semnal analogic, dacă valoarea pragului maxim este depășită, în cel mai bun caz (în codecuri bune), există o limitare de "saturație" Adică, toate valorile de amplitudine peste un anumit prag sunt reduse la valoarea maximă permisă de dispozitiv Dar acest lucru nu este întotdeauna cazul În unele cazuri, codecul nu egalizează semnalul, Procesarea digitală a sunetului ci pur și simplu resetează bitul înalt Apoi amplitudinea semnalului de interferență devine egală cu amplitudinea maximă admisă a semnalului util În general, spectrul semnalului de distorsiune din cauza supraîncărcării rupe complet imaginea sonoră corectă Având în vedere că cel mai semnificativ bit ia dB, scădem această valoare pentru a compensa distorsiunea de suprasarcină și obținem un SNR de aproximativ - dB Este această gamă reală pe care o au majoritatea echipamentelor audio digitale de uz casnic, chiar și cu marcajul Hi-Gi Cu toate acestea, în dispozitivele de calcul, necazurile SNR nu se termină aici Calea de procesare a semnalului a majorității plăcilor de sunet introduce distorsiuni de zgomot în cel puțin trei biți cel puțin semnificativi, ceea ce necesită încă dB Acest lucru se explică prin faptul că în interiorul carcasei computerului circulă prea multe semnale electrice parazite, care sunt extrem de greu de compensat pentru circuitele și filtrele analogice Drept urmare, la ieșirea plăcii de sunet, obținem un SNR nu mai bun de - dB Mai mult, această valoare este tipică pentru dispozitivele destul de scumpe Produsele mai ieftine oferă SNR de ordinul - dB O astfel de restrângere a gamei este fatală din punctul de vedere al unui utilizator obișnuit care vrea să nu compună, ci să asculte sunet? Credem deloc În primul rând, este puțin probabil ca cineva să poată realiza o tranziție instantanee de la un nivel de cel puțin - dB la - dB - o parte notabilă a înregistrării nu va fi auzită, deoarece organele auditive au o oarecare inerție și au nevoie de timpul să se adapteze la un nivel de volum schimbat brusc Același lucru, dar într-o măsură și mai mare, este valabil și pentru cazul invers - uimitor cu un sunet puternic după unul liniștit În al doilea rând, computerul în sine produce mult zgomot sonor în timpul funcționării Un ventilator de înaltă calitate face zgomot la nivelul de - dB, iar unul obișnuit - până la dB Un hard disk, și cu atât mai mult un CD-ROM, emit sunete cu o amplitudine maximă de până la dB Pentru iubitorii de muzică, observăm că echipamentele digitale care costă - de dolari nu vă vor oferi o calitate mai bună decât o placă de sunet care costă aproximativ o sută Pentru a înțelege toată profunzimea diferențelor dintre sunetul extras dintr-o înregistrare chiar și de cel mai bun echipament și imaginea sonoră reală, vă sfătuim să mergeți la un conservator măcar o dată în viață, la o sală de concerte bună (doar pentru muzică clasică!), la o biserică pentru a asculta un sunet live de înaltă calitate După aceea, mulți oameni își pierd dorința de a cheltui mii de dolari pe Hi-End Din păcate, auzul nostru este stricat de muzica din categoria "cultură de masă", așa că nu este nevoie să vorbim despre percepția corectă a unui interval dinamic de cel puțin dB și o frecvență de cel puțin până la kHz - majoritatea vor nu auzi toate nuanțele, deoarece nu există nicio experiență de percepere a sunetului de înaltă calitate Auzul este educat și antrenat în același mod ca și alte abilități umane Prin urmare, un obișnuit în vârstă de la conservator va fi un expert mult mai competent Sistem audio în domeniul calității sunetului decât un tânăr manager al unui salon de echipamente Hi-End care ascultă doar discuri Există o modalitate destul de simplă de a crește semnificativ intervalul dinamic real perceput de ureche - să folosești căști de înaltă calitate conectate la un amplificator extern conectat la placa de sunet printr-o interfață digitală Apoi, tot zgomotul de fond străin, atingând, după cum am spus, nivelul de dB, va fi practic eliminat din imaginea sonoră Ascultătorul va primi în totalitate tot ce poate produce o placă de sunet Cu toate acestea, observăm că căștile de înaltă calitate care nu pot strica impresia costă aproximativ o sută de dolari, adică aproape la fel de mult cât o placă de sunet decentă plus costul unui amplificator digital decent de cel puțin de unități Astfel, prețul unui set de înaltă calitate pentru ascultarea muzicii pe computer este de cel puțin cinci sute de unități O metodă mai costisitoare de îmbunătățire a calității sunetului este utilizarea sistemelor externe de procesare a sunetului (receptoare, DAC-uri, amplificatoare de cea mai înaltă categorie) și a difuzoarelor de înaltă calitate În acest caz, fluxul digital, ocolind circuitele de procesare ale plăcii de sunet, intră în receptor (amplificator) printr-un canal special și este procesat acolo Pentru a simți cu adevărat diferența de calitate a procesării dintre o placă de sunet și un receptor (amplificator), acesta din urmă trebuie să fie în categoria de preț de USD sau mai mult O imagine aproape completă a capacităților unei plăci de sunet poate fi obținută prin examinarea răspunsului său amplitudine-frecvență (AFC) - un grafic al dependenței câștigului de frecvența semnalului De obicei, faceți distincția între răspunsul în frecvență "pentru înregistrare" și "pentru redare" Suntem interesați în principal de răspunsul în frecvență al căii de redare În mod ideal, răspunsul în frecvență al unei plăci de sunet ar trebui să arate ca o linie dreaptă paralelă cu axa x, în intervalul de la la Hz În practică, acest lucru nu se întâmplă O placă de sunet cu un SNR real de aproximativ dB reproduce de obicei perfect frecvențele de până la kHz, funcționează acceptabil în intervalul - kHz și cumva - la frecvențele mai înalte Cu toate acestea, cine va spune că acest lucru nu este suficient pentru a juca jocuri și a asculta muzică acasă? Sunetul spațial Pentru a simula poziționarea surselor de sunet într-un spațiu virtual tridimensional, se folosește algoritmul HRTF (Head Related Transfer Function) Acesta este numele dat procesului prin care o persoană determină locația sursei unui sunet Cert este că capul și trunchiul sunt un anumit obstacol care afectează propagarea undelor sonore De exemplu, o ureche acoperită cu un cap de la o sursă de sunet Sunetul spațial primește unde sonore ușor modificate Natura modificărilor este analizată de creier și interpretată în consecință pentru a determina corect locația sursei de sunet În cele din urmă, sunetul captat de ureche creează presiune asupra timpanului Pentru a determina mai mult sau mai puțin precis presiunea sonoră, este necesar să setați parametrii semnalului care intră în timpan, adică forța cu care acționează asupra acestuia unda sonoră de la sursa sonoră Această dependență se numește răspunsul impulsului legat de cap (HRIR), iar transformarea sa integrală Fourier este tocmai funcția HRTF Nu vom da aici construcții matematice plictisitoare, ci vom încerca să explicăm sensul fizic În original, HRTF este o funcție destul de complexă cu patru variabile: trei coordonate spațiale (azimut față de sursa sonoră, distanța acesteia, înălțimea deasupra planului receptorului) și frecvența undei sonore De obicei, se folosesc coordonatele sferice, sursele de sunet situate la o distanta mai mare de un metru de receptor, pentru simplitate, sunt considerate situate intr-un singur camp indepartat (farfield) Valoarea HRTF scade invers cu distanța Deoarece majoritatea măsurătorilor HRTF sunt efectuate în câmpul îndepărtat, acest lucru simplifică foarte mult calculul HRTF înainte de calculare funcții de azimut, altitudine și frecvență La înregistrarea sunetului, se folosesc valorile de măsurare obținute, iar la redare, sunetul este poziționat în spațiu în același mod ca în ascultarea naturală Tehnologia HRTF a fost folosită de zeci de ani pentru a oferi înregistrări stereo de înaltă calitate Desigur, cele mai bune rezultate se obțin la ascultarea prin căști, deoarece toate calculele au fost făcute în raport cu organele auditive Când se utilizează difuzoare, se utilizează tehnologia stereo anulată cu diafonie încrucișată sau tehnologia stereo transaural, mai des numită algoritm de anulare a diafoniei (CC) În linii mari, scăderea valorilor sunetului se efectuează pentru coloane Măsurarea parametrilor HRTF într-un laborator acustic Sistem audio presiune nouă calculată pentru urechea stângă și dreaptă, ținând cont de amplasarea spațială a sursei de sunet fantomă în afara difuzoarelor Prin utilizarea corectă a algoritmilor CC se obțin rezultate foarte bune, oferind reproducere a sunetului, ale cărui surse sunt separate în planul vertical și orizontal Evident, două canale de sunet sunt suficiente pentru a crea un sunet tridimensional convingător Principalul lucru este să recreați cu precizie presiunea sonoră pe timpane, corespunzătoare mediului real de sunet Înregistrările realizate folosind HRTF se numesc înregistrări binaurale și oferă sunet D de înaltă calitate Trebuie să ascultați astfel de înregistrări în căști și, de preferință, de cea mai înaltă clasă CD-urile cu astfel de înregistrări sunt semnificativ mai scumpe decât CD-urile de muzică convenționale Pentru a reda corect înregistrările cu funcție LCD prin difuzoare, trebuie să utilizați suplimentar algoritmul CC Dar principalul dezavantaj al acestei metode este lipsa de interactivitate Fără mecanisme suplimentare care urmăresc poziția capului utilizatorului, este imposibil să se ofere interactivitate atunci când se utilizează HRTF Cu toate acestea, funcțiile HRTF sunt acum baza aproape tuturor tehnologiilor audio D proprietare Modelare digitală a sunetului D În lumea jocurilor, această tehnologie audio D este cheia deoarece se integrează cu sistemul de operare Windows Nucleul DirectSound D este un mecanism de poziționare a surselor de sunet, precum și tehnologii încorporate pentru procesarea informațiilor acustice în conformitate cu parametrii mediului Adică, DirectSound D este în primul rând responsabil pentru poziționarea sursei de sunet, iar programele externe pot face restul Tehnologia este în continuă evoluție, include elemente EAX, Sensaura, A D etc Pentru dezvoltatorii API, DirectSound D este benefic prin faptul că vă permite să nu vă gândiți la complexitățile altor algoritmi, ci să utilizați direct funcțiile standard Extensie audio de mediu (EAX) Tehnologia Environmental Audio (literalmente - sunet ambiental) a fost dezvoltată de Creative Labs și este concepută pentru a simula mediul Modelare digitală a sunetului D mediu cu o varietate de efecte bazate pe dimensiunea camerei, caracteristicile sonore, reverberație, ecou și alte caracteristici ale ambianței Efectele de mediu sunt modelate folosind tehnologia E-ti Environmental Modeling, care ține cont de particularitățile reproducerii sunetului surround pe căști sau difuzoare audio Motorul Environmental Audio calculează coordonatele spațiale ale sursei X, Y, Z, precum și reverb și reflexiile sunetului Coordonatele spațiale sunt utilizate în pregătirea de bază a canalelor sursei audio și a efectelor de culoare ale scenei sonore API-ul este Environmental Audio Extensions (EAX), care este o extensie a API-ului Directsound D Pentru a procesa comenzile EAX, Creative Labs a creat procesoare de sunet din familia EMU Reverberațiile și reflexiile sunt emulate de software, concepute pentru a crea impresia că în jurul ascultătorului există o lume reală cu parametri proprii Programatorii pot seta diferite efecte acustice pentru camere diferite Versiunea EAX vă permite să modificați parametrii diferitelor surse de sunet Când schimbați locația sursei de sunet în raport cu ascultătorul, parametrii de reverb se schimbă automat EAX se bazează pe efectele Ocluziilor și Obstrucțiilor Efectul Ocluzii da impresia ca sursa de sunet se afla intr-o alta incapere, in spatele unui perete Această proprietate vă permite să modificați parametrii de transmisie a sunetului pentru a simula trecerea prin diferite materiale de perete în funcție de grosimea acestora De exemplu, un program poate folosi această proprietate pentru a crea sunet care vine din spatele unei uși sau din spatele unui perete Efectul Obstacole vă permite să emulați obstacole sonore, dând impresia că sursa sunetului se află în aceeași cameră, dar în spatele obstacolului Geometria scenei este folosită pentru a crea sunetul spațial Pentru a face acest lucru, proprietățile fizice ale obiectelor sunt descrise într-un model geometric: care dintre ele sunt izolate fonic, care sunt absorbante de sunet și așa mai departe După aceea, pentru fiecare sursă de sunet este calculat un anumit număr de reflexii audibile și absorbții de sunet Calculele de reflexie folosind metoda oglinzii sunt utilizate pe scară largă pentru a simula acustica clădirilor Această metodă presupune că sunetul este reflectat direct, fără refracție sau absorbție În acest caz, sunt luate modele simplificate precalculate ale mediilor audio, care diferă de reprezentările grafice ale mediului Adică jocul folosește în același timp un model geometric separat pentru efecte vizuale și unul mai simplu pentru efecte sonore Tehnologia EAX a evoluat de-a lungul timpului și în prezent există trei versiuni care oferă capacități diferite de simulare Sistem audio sunet spațial Versiunea EAX construiește o scenă sonoră bazată pe modele pre-create (presetări) care țin cont de distanța dintre sursele de sunet și ascultător De asemenea, este posibil să schimbați parametrii de reverb și să reglați automat nivelul sunetului în funcție de distanță Versiunea EAX a primit un model de reverb actualizat, efectele barierelor de sunet (Obstrucții) și absorbții (Ocluzii), un modul de control separat pentru reflexiile inițiale și reverb secundar, un model îmbunătățit de calcul a distanței și capacitatea de a lua în considerare proprietățile aerului Versiunea EAX dispune de un mecanism pentru a controla reverburile și reflexiile primare pentru fiecare sursă de sunet, permite tranziția dinamică între modelele ambientale, folosește mecanismul Ray-Tracing pentru a obține parametrii de reflexie a sunetului și detectarea dinamică a distanței, concepută pentru a înlocui reverba statică modele Tehnologia EAX atinge un nivel ridicat de realism prin sprijinirea reflexiilor locale, reflexiilor izolate, tranzițiilor lungi de scenă și a altor efecte Aureai A D Interfața de programare A D este o extensie a API-ului DirectSound D și, prin urmare, este acum acceptată într-o varietate de produse software, în principal în jocuri A D se bazează pe algoritmul de modelare geometrică WaveTracing, adică calculul trecerii undelor sonore (urmărire) ținând cont de proprietățile mediului Astfel, metoda A D este complet dinamică Pe drumul de la sursă la ascultător, se calculează parametrii de reflexie, întârziere, absorbție a sunetului Ca sursă de informații despre mediu, se folosesc date din motorul de geometrie despre poziția poligoanelor și texturile aplicate acestora Datorită faptului că calculul în timp real al trecerii undelor sonore este foarte laborios, este necesar fie să folosiți un DSP "sharpened" pentru A D, fie un procesor central puternic În caz contrar, procesarea software A D utilizează efecte de reverb în loc de urmărire reală Este recunoscut că metoda A D este superioară EAX în ceea ce privește realismul mediului acustic creat, în special în spații deschise și în zona poziționării verticale a surselor de sunet Locul cheie aici este ocupat de motorul geometric Spre deosebire de managerul de scene, motorul de geometrie operează pe date la nivelul primitivelor geometrice: linii și triunghiuri Geometria poate fi definită în spațiu bidimensional sau, respectiv, tridimensional, în cazul D Modelare digitală a sunetului D calculele de geometrie vor fi mai intense Motorul de geometrie este activat de aplicație prin managerul de scenă sau direct În acest din urmă caz, aplicația menține o bază de date de geometrie acustică și transmite motorului de geometrie doar "poligoanele acustice" necesare în acest moment Motorul de geometrie folosește "poligoane acustice" rezultate pentru a construi un sistem de coordonate care determină poziția relativă a ascultătorului și a surselor de sunet Un poligon audio are proprietăți de locație, dimensiune, formă și tip de material Forma poligonului și amplasarea acestuia în spațiu sunt legate de sursele de sunet și de ascultător Ele influențează determinarea parametrilor de transmitere (reflexie) a sunetelor individuale Proprietățile materialelor afectează gradul de absorbție și reflectare a undelor sonore Este foarte important să existe o bază de date de poligoane acustice de dimensiuni optime Potrivit dezvoltatorilor, este necesar să se folosească aproximativ de poligoane de sunet în scene Această sumă este suficientă pentru a descrie un mediu acustic complex și pentru a calcula cei mai importanți parametri ai interacțiunii sunetului cu obstacolele Adică, poligoanele de sunet trebuie să fie exact aceleași definite în scenă ca echivalentele lor în grafică Sensaura D Positional Audio Sensaura și-a concentrat eforturile pe dezvoltarea tehnologiilor de procesare a sunetului Terții obțin licențe pentru a utiliza tehnologiile Sensaura în produsele lor și pentru a lansa chipset-uri de sunet sub propriul nume de marcă Tehnologia Sensaura D Positional Audio se bazează pe elemente Sensaura D, MultiDrive, MacroFX, ZoomFX, Digital Ear, EnvironmentFX Algoritmul Sensaura D este responsabil pentru realizarea sunetului surround atunci când utilizați două difuzoare Algoritmul MultiDrive asigură poziționarea surselor de sunet într-o emisferă creată de patru difuzoare Algoritmul Virtual Ear ia în considerare caracteristicile structurale ale capului și ale organelor auditive ale unei anumite persoane, ajustându-se la parametrii acesteia Inginerii Sensaura au ajuns la concluzia că utilizarea măsurătorilor făcute cu un manechin special sau cu invitația ascultătorilor reali de a forma funcții HRTF nu poate satisface toți oamenii Faptul este că toate datele NR primite vor fi mediate Pentru a rezolva această problemă, Sensaura a dezvoltat tehnologia Digital Ear Esența ideii este că se folosește o metodă pur matematică pentru a măsura HRTF Elementul său cheie este un model matematic al urechii umane cu parametri variabili Sistem audio Modelul matematic se bazează pe conceptul de schimbare independentă a efectelor de rezonanță și difracție, care sunt parte integrantă a oricărei funcții YAYTU După cercetări masive, a fost creat un model de ureche din plastic special, au fost luate măsurători pe acesta și a fost depanat un model matematic Apoi s-au obținut rezultatele de bază ale măsurătorilor HRTF, pe baza cărora a început să se formeze biblioteca HRTF folosind metode speciale de scalare Utilizarea unui model matematic garantează împotriva erorilor care sunt posibile în măsurarea fizică a HRTF folosind un fals sau ascultători reali Urechea digitală poate fi ajustată la un număr mare de variații ale formei și dimensiunii urechilor oamenilor reali Rezultatul este o bibliotecă extinsă cu capacitatea de a alege funcția YATU care se potrivește cel mai bine caracteristicilor unui anumit ascultător Algoritmul EnvironmentFX modelează caracteristicile unui mediu acustic (cum ar fi o cameră sau lumea subacvatică) luând în considerare până la de parametri interrelaționați Dar cele mai interesante sunt cele două tehnologii cheie - MacroFX și ZoomFX MacroFX Cele mai multe măsurători HRTF sunt făcute în așa-numitul câmp îndepărtat (farfleld), așa cum sa discutat mai sus Cu toate acestea, dacă sursele de sunet sunt situate la o distanță de până la un metru de ascultător, adică Tehnologii de poziționare spațială a sunetului Sensuara Modelare digitală a sunetului D în câmpul apropiat (nearfleld), atunci funcțiile IIRTFv, în forma lor actuală, nu sunt aplicabile Pentru a imita sunetul din surse din câmpul apropiat folosind funcțiile YALTU, a fost creată tehnologia MacroFX Algoritmii MacroFX asigură că sursa de sunet se simte aproape de ascultător, până la o șoaptă la ureche Acest efect este realizat prin modelarea foarte precisă a propagării energiei sonore în spațiul tridimensional din jurul capului din toate pozițiile din spațiu și prin transformarea acestor date folosind un algoritm extrem de eficient O atenție deosebită este acordată controlului volumului și unui sistem modificat pentru calcularea întârzierilor de timp atunci când o persoană percepe unde sonore de la o sursă sonoră (ITD, Interaural Time Delay) Tehnologia MacroFX oferă șase zone, unde zona (distanță la distanță) și zona (câmp îndepărtat) sunt funcții, iar zonele spațiale formează câmpul apropiat Algoritmul MacroFX este încorporat în tehnologia de sunet D Sensaura și controlat de API-ul Directsound D, ceea ce înseamnă că este transparent pentru dezvoltatorii de aplicații De exemplu, în jocurile de la persoana întâi, sunetul gloanțelor care zboară literalmente pe lângă ureche este deja reprodus Dar cel mai remarcabil lucru este că dacă placa de sunet acceptă tehnologia Sensaura și sunt instalate drivere care acceptă MacroFX, atunci toate efectele vor funcționa chiar și în jocurile existente (desigur, cele care funcționează cu DirectSound D) În jocurile noi, puteți obține efecte pur și simplu uimitoare zoomFX În sistemele de sunet SD existente, sursele de sunet sunt punctiforme În viața reală, există puține surse punctuale Sursele spațiale de sunet se găsesc la fiecare pas: râu, mașini, animale și multe altele De exemplu, în sunetele unui tren care trece, se disting clar sunetul roților, scârțâitul arcurilor, zgomotul unui cuplaj etc În tehnologia DS D, trenul este întotdeauna reprezentat ca o sursă punctuală de sunet (adică foarte departe), ceea ce înseamnă că realismul are de suferit ZoomFX rezolvă această problemă prin reprezentarea caracteristicilor ca o combinație de surse de sunet punctuale Folosind tehnologia ZoomFX, se dezvoltă o extensie a bibliotecii DirectSound D, cu ajutorul căreia dezvoltatorii de jocuri vor putea reproduce surse de sunet spațial Sunet activ interactiv Extreme Audio Reality (EAR) a dezvoltat tehnologia IAS pentru a reproduce sunetul tridimensional în formatele EAX și A D prin patru sau mai multe difuzoare, inclusiv în conformitate cu standardul Dolby Digital Tehnologia este independentă de hardware și transparentă Sistem audio API DirectSound D și DirectMusic O singură interfață oferă redare tridimensională a sunetului pe orice sistem - de la două până la șase difuzoare, pe orice placă de sunet Acest lucru elimină necesitatea ca utilizatorul să actualizeze sau să înlocuiască o placă de sunet care nu acceptă EAX sau A D QSound Environmental Modeling QSound lucrează la o nouă tehnologie pentru redarea sunetului tridimensional prin două sau mai multe difuzoare Se știe că compania, pe baza calculului datelor de la peste de oameni, a creat un model de percepție a sunetului și, pe baza acestuia, aplică propriile metode de implementare a sunetului tridimensional Cunoscând pasiunea QSound pentru experimente grandioase, poți fi sigur că noua tehnologie se va baza din nou pe rezultatele ascultării reale Sunetul care vine prin șase canale fizice ( ) este procesat folosind tehnologia QSurround Ca urmare, pe o pereche convențională de difuzoare stereo ( ), ascultătorul primește o extensie a bazei difuzoarelor virtuale frontale ( ), un centru ( ) și un spate virtual ( ) Tehnologia de poziționare spațială QSound Sound Dispozitiv cu placa de sunet QSound se referă la tehnologie, vânzând-o firmelor care pun idei în silicon Astfel, chipset-ul de procesare a sunetului Thunderbirdl de la VLSL întruchipează toate cele mai recente realizări ale specialiștilor QSound în domeniul sunetului tridimensional Merită menționat faptul că tehnologia QSound Environmental Modeling este compatibilă cu EAX de la Creative De asemenea, menționăm că QSound este renumit pentru algoritmii săi foarte eficienți și distribuția competentă a resurselor disponibile Nu este o coincidență că managerul lor de resurse a fost licențiat de Microsoft pentru API-ul DirectSound D Dispozitiv cu placa de sunet Luați în considerare o diagramă schematică a unei plăci de computer moderne pentru procesarea sunetului cu o interfață PCI Panoul din spate are conectori externi de intrare/ieșire Un semnal extern poate fi introdus la intrările Line Ln, Mic In, Aux In, MIDI Placa de sunet în sine are un conector cu patru pini pentru conectarea ieșirii audio CD-ROM Conectorul Line Ln (intrare de linie) de tip "mini-jack" este conceput pentru a conecta surse externe de sunet: tunere, playere DVD/CD și alte dispozitive Sensibilitatea intrării de linie este de obicei de , - , V Semnalul de la intrarea de linie trece complet pe calea audio Un conector separat Mic Ln (intrare microfon) de tip mini-jack este folosit doar pentru conectarea microfoanelor, are o sensibilitate de - mV Semnalul care vine de la microfon este procesat de preamplificator, care îi ridică nivelul la normal În plus, calea semnalului trece prin calea audio CD audio Line ln (mlnl-jack) Mic In (mlnl-jack) MB Descriere Selecția sistemului de operare dacă DRAM > MB Scop Dacă memoria RAM este mai mare de MB, OS/ gestionează zonele de memorie extinse în felul său Pentru sisteme bazate pe Windows, setați pe Non-OS/ Parametrul de capacitate HDD SMART Descriere Compatibil cu tehnologia HDD SMART Tehnologia Purpose SMART (Seif Monitoring Analysis And Reporting) este susținută de toate hard disk-urile moderne și vă permite să preveniți problemele iminente într-un stadiu incipient Încercați să dezactivați (Dezactivat) opțiunea dacă aveți reporniri spontane ale sistemului sau erori de acces la o unitate conectată la rețeaua locală Delay IDE Initial parametru Descriere Întârziere de inițializare a dispozitivului IDE Scop - Procesul de boot al BIOS-ului modern este foarte rapid Unele dispozitive IDE nu au timp să rotească discurile în acest timp, iar BIOS-ul nu le poate determina parametrii în timpul procesului de pornire Setarea manuală a perioadei de întârziere a inițializării pentru dispozitivele IDE rezolvă această problemă Raportul parametrilor FDD pentru WIN Descriere Spuneți lui Windows dacă nu există nici un disc în unitatea de dischetă Scop În sistemul de operare Windows , accesarea unei unități FDD care nu conținea un disc a cauzat procesul de buclă Activarea opțiunii (Activat) rezolvă această problemă Pentru sistemele de operare mai noi, setați valoarea la Dezactivat (dezactivat) Secțiunea Funcții avansate de chipset Opțiune Video BIOS Shadowing Descrierea utilizării Shadow ROM pentru a porni BIOS-ul plăcii grafice Scop Când este activat, BIOS-ul video este copiat în memoria sistemului Acest truc îmbunătățește performanța pe sistemele vechi, deoarece procesorul poate citi datele BIOS prin magistrala de memorie pe de biți, mai degrabă decât prin magistrala ROM de biți Cu toate acestea, sistemele de operare moderne folosesc acces direct la placa grafică Astfel, ei nu primesc niciun beneficiu din copierea BIOS-ului Într-un mediu Windows Ex sau Windows XP, nu are rost să irosești memoria sistemului pentru a afișa BIOS-ul video Cu toate acestea, în unele cazuri este posibilă găsirea unei cereri pentru acest regim Cert este că unele jocuri DOS folosesc încă BIOS-ul video, deoarece nu accesează direct placa grafică Dacă colectați jocuri DOS vechi, puteți încerca să activați modul Video BIOS Shadowing Secțiunea Funcții avansate de chipset Parametrul FSB Frecvență Descriere Frecvența magistralei sistemului Scop Setarea frecvenței magistralei sistemului de către utilizator Această funcție este utilizată la overclockarea unui procesor care are un multiplicator fix de frecvență de operare Unele modele de plăci de bază vă permit să schimbați frecvența în pași de MHz, unele oferă doar valori fixe, iar multe plăci de bază nu oferă deloc această setare Recomandat numai utilizatorilor avansați Dacă sistemul nu este proiectat pentru overclocking, setați valoarea la Auto (automat) Setare multiplă pentru frecvența procesorului Descriere Cum se determină multiplicatorul procesorului Scop Selectați metoda de determinare a multiplicatorului frecvenței de operare a procesorului Pentru procesoarele cu un multiplicator blocat, activarea modului Manual (manual) este inutilă Anexa Sistem de bază I/O Parametrul raportului CPU Descriere Setați multiplicatorul de frecvență CPU Scop Setarea manuală a factorului de conversie (multiplicatorul) frecvenței magistralei sistemului la frecvența de operare a procesorului Nu se aplică procesoarelor cu un multiplicator fix (în special, acestea includ toate procesoarele AMD Athlon, Duron) Recomandat numai pentru utilizatorii experimentați Parametru de performanță a sistemului Descriere Opțiuni de performanță Scop Selectați setările chipset-ului pentru a îmbunătăți performanța Valoarea recomandată este Optimal Dacă este selectat Manual, toate setările pot fi efectuate manual, ceea ce necesită o bună cunoaștere a dispozitivului computerului și implică un anumit risc de pierdere a stabilității sistemului Parametrul de performanță Thor Descriere Opțiuni de performanță Scop Selectarea Activat setează setările chipset-ului pentru performanță optimă Dezactivarea (Disabled) parametrul pune setările în modul de stabilitate Se recomandă să lăsați valoarea Activată Parametru SDRAM CAS Latency Time Descriere SDRAM CAS (Column Address Strobe) Timp de întârziere Scop Controlul întârzierii de la primirea unei comenzi de citire a datelor până la momentul executării acesteia (prin numărul de impulsuri de ceas) Specifică, de asemenea, timpul ciclului pentru a finaliza prima parte a exploziei Astfel, cu cât timpul de așteptare este mai scurt, cu atât tranzacția are loc mai rapid Cu toate acestea, unele module de memorie SDRAM nu pot oferi latența de cicluri, devin instabile și pierd date Valoarea parametrului este selectată empiric Dacă sistemul funcționează stabil cu timp redus, atunci ai noroc Secțiunea Funcții avansate de chipset Control de sincronizare SDRAM Descrierea SDRAM Timing Control Scop Dacă selectați Auto (automat), parametrii de sincronizare ai modulelor de memorie sunt citiți de pe cipul SPD Când selectați valoarea Manual (manual), comenzile de control al temporizării devin disponibile pentru editare Parametru SDRAM Сyce Time Tras/Trc Descriere Durata ciclului SDRAM Scop Schimbarea numărului minim de cicluri de memorie necesare pentru a efectua procedurile Tgaa și Trc în memoria SDRAM Tras înseamnă Row Active Select Time (timpul de activitate al rândului SDRAM), adică perioada de timp în care rândul este deschis pentru transferul de date Există, de asemenea, termenul Minimum RAS Puise Width (lățimea minimă a impulsului RAS) Tgs înseamnă Row Ссіе Time (timpul unui ciclu complet al unui rând), adică perioada de timp în care se încheie un ciclu complet de deschidere și regenerare a unui rând (row-open, row-refresh ссіе) Valoare implicită: / Setarea valorii la / completează ciclurile mai rapid, dar nu se garantează că rândurile vor fi disponibile pe durata tranzacției de date Acest lucru este valabil mai ales pentru SDRAM tactat peste MHz Valoarea optimă este selectată empiric Setare SDRAM RAS-to-CAS Delay Descriere SDRAM RAS-to-CAS Latency Scop La accesarea memoriei, coloanele și rândurile sunt accesate separat unele de altele Acest parametru definește intervalul dintre semnale Scăderea valorii crește performanța Valoarea care asigură funcționarea stabilă este selectată empiric Parametrul SDRAM RAS Preoharge Time Descriere RAS SDRAM Precharge Time Scop Vă permite să determinați numărul de cicluri de magistrală de sistem înainte ca semnalul RAS să fie generat Scăderea acestei valori îmbunătățește performanța, dar poate duce la pierderea datelor Valoarea care asigură funcționarea stabilă este selectată empiric Anexa Sistem de bază I/O Parametru SDRAM Cycle Length Descriere SDRAM Cycle Time Scop Acest parametru este similar cu timpul de latență SDRAM CAS Controlează întârzierea (în cicluri de ceas) până când o comandă de citire este executată după ce a fost primită Parametrul de intercalare a bancii SDRAM Descriere SDRAM databank interleaving Scopul Bank Interleaving vă permite să alternați ciclurile lor de actualizare și acces O bancă trece prin ciclul de reînnoire, în timp ce cealaltă finalizează tranzacția Acest lucru îmbunătățește performanța memoriei prin mascarea timpului de actualizare al fiecărei bănci Ordinea ciclurilor de actualizare a băncilor are un efect similar accesului la memorie prin pipeline Într-un ciclu intercalat bancar, prima bancă începe să comunice cu procesorul în același ciclu în care a doua bancă primește o adresă Cu intercalarea dezactivată, procesorul trimite o adresă controlerului de memorie, primește datele necesare și apoi așteaptă o actualizare SDRAM înainte de a începe o a doua tranzacție de date Toate acestea necesită o mulțime de cicluri de impulsuri de ceas Rotația băncilor funcționează doar dacă adresele solicitate succesiv nu sunt în aceeași bancă În caz contrar, tranzacțiile de date au loc ca și cum aceste bănci nu ar fi intercalate Modulul de memorie SDRAM conține două sau patru bănci Modulele dual-bank sunt construite pe cipuri de Mbit și sunt considerate învechite Modulele Quad-bank folosesc cipuri cu o capacitate de Mbps sau mai mult Parametrul de control al preîncărcării SDRAM Descriere SDRAM Precharge Control Scop Selectarea dispozitivului care controlează preîncărcarea SDRAM (procesor sau circuite de pe modulul de memorie în sine) Dacă parametrul este dezactivat (Disabled), atunci toate ciclurile de acces ale procesorului la memorie sunt finalizate de comanda AH Banks Precharge Dacă parametrul este activat (Activat), atunci controlul preîncărcării este furnizat modulului de memorie însuși Secțiunea Funcții avansate de chipset Parametrul de comandă Leadoff SDRAM Descriere Timp de acces la primul element al pachetului de date Scop Ajustați valoarea timpului de plecare (perioada de timp înainte de accesul la date) În cele mai multe cazuri, acesta este timpul de acces la primul element al pachetului de date Valoarea care asigură funcționarea stabilă este selectată empiric Parametru Tranzacție întârziată Descriere Tranzacții întârziate Scop Activarea ciclurilor de întârziere suplimentare la schimbul de date cu dispozitive pe o magistrală lentă, cum ar fi ISA Parametrul DRAM Data Integrity Mode Descriere DRAM Data Integrity Mode Scop Activarea modului de integritate a datelor în memoria ECC - Ergo Checking and Correction (verificarea și corectarea erorilor) Parametrul este activ numai atunci când se utilizează o memorie specială care acceptă modul ECC RAM Parametru Citire-Around-Write Descriere Executați o comandă de citire în ordine inversă Scop Permite procesorului să execute comenzi de citire în ordine inversă, independent de comenzile de scriere Astfel, dacă o instrucțiune de citire a datelor specifică o adresă în memorie ale cărei date sunt deja în cache (în așteptarea copierii în memorie), atunci datele sunt citite din cache Este recomandat să setați valoarea la Activat (activat) Opțiunea de stocare în cache a BIOS-ului sistemului Descrierea sistemului BIOS Area Caching Scop Dacă BIOS-ul este afișat în RAM, atunci puteți activa (Activat) stocarea în cache a zonei de memorie la adresele BIOS-ului sistemului prin intermediul cache-ului de al doilea nivel Acest lucru accelerează considerabil accesul la BIOS Cu toate acestea, în sistemele moderne, apelurile la funcțiile BIOS sunt extrem de rare, prin urmare, această funcție este practic inutilă Anexa Sistem de bază I/O Opțiune Video BIOS Cacheable Descriere Memorarea în cache a zonei BIOS a adaptorului video Scop În sistemele moderne, afișarea BIOS-ului video în memoria sistemului și stocarea în cache a acestei zone este o risipă de resurse Parametru Video RAM Cacheable Descrierea memoriei video în cache Scop Funcție absolut inutilă pentru sistemele moderne, deoarece viteza memoriei video locale depășește semnificativ capacitățile RAM Parametru gaură de memorie La M- M Descriere Interval între - megaocteți de memorie Scop Unele carduri suplimentare de magistrală ISA vechi necesită această zonă de memorie pentru a funcționa corect Această funcție este o relicvă a trecutului și nu are nicio utilitate în sistemele moderne Parametrul -bit I/O Recovery Time Descriere Timp de recuperare pentru dispozitive pe biți Scop În computere, există încă dispozitive I/O care funcționează cu interfața magistrală ISA, care este conectată la chipset-ul prin magistrala PCI Busul PCI rulează la o frecvență mai mare decât magistrala ISA și, pentru a se potrivi cu dispozitivele, mecanismul de recuperare a magistralei I/O (mecanism de recuperare a magistralei / ) adaugă cicluri de ceas între ciclurile PCI pentru a se potrivi cu viteza cu ISA Parametrul -bit I/O Recovery Time Descriere Timp de recuperare pentru dispozitive pe biți Scop Tot ce s-a spus despre parametrul anterior se aplică dispozitivelor pe biți Secțiunea Funcții avansate de chipset Opțiune de eliberare pasivă Descriere Mecanism pentru operarea în paralel a magistralelor ISA și PCI Scop Dacă parametrul Passive Release este activat (Activat), atunci accesul procesorului la magistrala PCI este permis în timpul partajării pasive a resurselor Prin urmare, procesorul poate accesa magistrala PCI în același timp cu accesarea magistralei ISA Acest parametru nu este utilizat în sistemele moderne Parametrul tranzacției întârziate Descriere Întârzie tranzacțiile pe magistrala PCI Scop Selectați perioada de timp pentru care magistrala PCI să aștepte cererile către magistrala ISA mai lentă Pentru sistemele moderne, parametrul și-a pierdut relevanța Parametrul PCI Compliance Descriere Conform cu PCI Scop Parametrul, în esență, repetă complet funcțiile întârzierii accesului magistralei PCI descrise mai sus Nu este utilizat pe sistemele moderne Parametrul AGP X/ X/ X Mod/Suport Descriere Suporta modurile AGP X/ X/ X Scop Valoarea specifică a parametrului depinde de modelul plăcii de bază De regulă, plăcile de bază moderne acceptă modul AGP X Dezactivarea parametrului (Dezactivat) este posibilă în cazurile în care modul nu este acceptat de placa grafică sau este instabil În plus, overclockarea magistralei de sistem determină o creștere a frecvenței de ceas a magistralei AGP, ceea ce provoacă adesea blocări și vă obligă să dezactivați modul AGP X Unele modele de plăci de bază sunt echipate cu divizoare de frecvență capabile să transmită frecvențele "corecte" către magistralele PCI și AGP, indiferent de frecvența magistralei sistemului Anexa Sistem de bază I/O Parametrul AGP Dimensiune deschidere MB Descriere Dimensiunea deschiderii AGP în megaocteți Scop Aperture este o parte a gamei de adrese RAM alocate adreselor memoriei grafice Accesurile la memorie care se încadrează în acest interval sunt trimise prin magistrala AGP către memoria video locală Dimensiunea deschiderii determină și cantitatea maximă de RAM alocată plăcii grafice pentru stocarea texturilor Puteți determina empiric dimensiunea deschiderii AGP pentru plăcile video cu memorie mai mică de MB folosind formula: de două ori cantitatea de memorie video locală plus MB De exemplu, pentru o placă video cu o capacitate de memorie de MB, este de dorit să setați dimensiunea deschiderii la cel puțin MB, adică în valorile permise - MB Pentru plăcile video cu MB sau mai multă memorie, nu are sens să setați o valoare mai mare de MB Dimensiunea diafragmei are un efect foarte mic asupra performanței subsistemului grafic, astfel încât creșterea acesteia dincolo de o limită rezonabilă nu este de dorit Tendința de creștere a memoriei video locale și practicarea compresiei texturii duce la faptul că nevoia de deschideri AGP mai mari de MB este extrem de rară Prin urmare, este recomandat să setați acest parametru la sau MB Parametrul AGP Master WS Read Descriere Reduceți latența la ciclu de așteptare când citiți Scop În mod implicit, un dispozitiv AGP așteaptă cel puțin două cicluri de ceas pe magistrala AGP înainte de a începe o operație de citire Acest parametru vă permite să reduceți întârzierea la un ciclu Stabilitatea sistemului atunci când funcția este activată este evaluată empiric: dacă nu sunt vizibile artefacte pe imagini, parametrul este lăsat activat (Activat) Parametrul AGP Master IWSWrite Descriere Reduceți latența la ciclu de așteptare de scriere Scop În mod implicit, un dispozitiv AGP așteaptă cel puțin două cicluri de ceas pe magistrala AGP înainte de a începe o operație de scriere Acest parametru vă permite să reduceți întârzierea la un ciclu Stabilitatea sistemului atunci când funcția este activată este evaluată empiric: dacă nu sunt vizibile artefacte pe imagini, parametrul este lăsat activat Secțiunea Funcții avansate de chipset Opțiunea USWC Write Posting Descriere Model de intrare estimat fără cache Scop Activarea opțiunii USWC (Uncacheable Speculative Write Combination) îmbunătățește performanța sistemelor bazate pe P care au plăci grafice cu un framebuffer liniar Prin îmbinarea înregistrărilor mici într-o singură înregistrare pe de biți, se reduce numărul de transferuri de date către tamponul de cadre liniar al plăcii grafice Cu toate acestea, în unele cazuri, această tehnică duce la defecțiuni ale sistemului grafic Acest parametru nu este utilizat pe plăcile de bază moderne Parametrul de spectru extins Descriere Reducerea radiațiilor electromagnetice Scop Pe placa de bază, există întotdeauna un ceas principal și componente auxiliare care setează frecvențele pentru diferite tipuri de magistrale și elemente de computer Ondulările magistralei de înaltă frecvență provoacă radiații electromagnetice (EMR) vizibile, adesea în afara mediului de transmisie Selectarea setării Spead Spectrum reduce EMP prin modularea în timp și netezirea vârfurilor oscilatorului Acest lucru îmbunătățește stabilitatea sistemului, dar degradează performanța multor componente Deosebit de critic pentru activarea parametrului dispozitivului, pentru care parametrii de sincronizare a timpului sunt importanți Valoarea procentuală a parametrului arată limitele modulației efectuate de BIOS: o valoare mai mică ( , %) are un efect mai slab asupra performanței, iar o valoare mai mare ( , %) are un efect mai puternic asupra îmbunătățirii stabilității sistemului Unele versiuni de BIOS au o funcție Smart Clock În loc să moduleze frecvența pulsului în timp, Smart Ciosk dezactivează ceasurile AGP, PCI și magistrala de memorie atunci când nu sunt utilizate Astfel, creșterea stabilității sistemului nu are aproape niciun efect asupra performanței Opțiunea BIOS Flash BIOS Protection Descriere Protecția datelor în BIOS Flash Scop Protejarea BIOS-ului împotriva daunelor accidentale cauzate de utilizator sau de viruși de computer Când este setat la Activat, datele conținute în memoria flash BIOS nu pot fi modificate, inclusiv utilitarele pentru intermiterea (actualizarea) BIOS-ului Este recomandat să dezactivați această opțiune numai înainte de operația de actualizare a BIOS-ului Anexa Sistem de bază I/O Parametru Auto Detect DIMM/PCI Clk Descriere Detectează automat dacă sloturile DIMM/PCI trebuie sincronizate Scop Când parametrul este activat (Activat), se determină ocuparea sloturilor magistralei PCI și a memoriei RAM Dacă nu sunt instalate componente în sloturi, ceasul corespunzător este dezactivat Sloturile ocupate sunt deconectate automat dacă nu sunt accesate Activarea parametrului (Activat) poate reduce ușor performanța componentelor instalate în sloturile de expansiune și subsistemele de memorie Pe un sistem stabil, nu trebuie să activați această opțiune Opțiune Hardware Reset Protect Descriere Protecție împotriva repornirii accidentale a computerului Scop Determină modul în care funcţionează butonul Resetare Când opțiunea este activată (Activat), butonul de repornire a computerului nu funcționează Acest lucru previne resetările accidentale ale sistemului pe computere care ar trebui să funcționeze fără probleme Parametru Fast RW Turn Around Descriere Comutare rapidă între citire și scriere Scop Setarea valorii la Activat reduce latența care apare atunci când comenzile de memorie trec de la citire la scriere Cu toate acestea, nu toate modulele de memorie pot rezista ritmului de comutare propus, așa că necesitatea de a activa această caracteristică este determinată de experiență Parametrul AGP Driving Control Descriere Metoda de gestionare a magistralei AGP Scop Selectarea modului de control automat (Auto) sau manual (Manual) al magistralei AGP În mod implicit, modul automat este setat Cu toate acestea, pentru a elimina defecțiunile și pentru a "accelera" autobuzul, puteți trece la modul manual Se recomandă utilizarea modului manual numai pentru utilizatorii avansați) Secțiunea Funcții avansate de chipset Capacitate de scriere rapidă AGP Descriere Compatibil cu modul de înregistrare rapidă AGP Scop Setarea valorii parametrului Activat (activat) activează funcția de scriere rapidă în zona de adrese GART, ocolind procedura obișnuită de acces la memorie) Valoarea de conducere AGP Descriere Puterea semnalului pe magistrala AGP Scop Pentru a activa acest parametru, este necesar să setați funcția de setare AGP Driving Control în modul manual (valoare manuală) Valoarea determină puterea semnalului magistralei AGP Cu cât este mai mare, cu atât semnalul este mai puternic Valoarea implicită de conducere AGP este #DA( ) Când utilizați plăci video din seria nVIDIA GeForce , este recomandat să setați valoarea la #EA ( ) Prin controlul acestui parametru, puteți overclocka magistrala AGP De fapt, o valoare AGP Driving mai mare se dovedește a fi o altă metodă de overclock pe lângă creșterea frecvenței magistralei Cu toate acestea, fiți extrem de atenți când creșteți valoarea parametrului, deoarece există posibilitatea de deteriorare ireversibilă a plăcii video! Parametru CPU la PCI Write Buffer Descriere Buffer pentru scrierea datelor de la procesor pe magistrala PCI Scop Când parametrul este activat (Activat), tamponul pentru înregistrarea datelor care vin de la procesor către magistrala PCI este controlat Dacă tamponul este dezactivat, procesorul trimite date direct către magistrala PCI Deoarece magistrala de sistem rulează la o rată de ceas mai mare decât magistrala PCI, o operație de scriere a datelor așteaptă aproape întotdeauna ca magistrala PCI să fie gata Ca urmare, procesorul nu poate trece la alte sarcini până când transferul de date este finalizat Activarea buffer-ului permite procesorului să transfere până la patru cuvinte de date în buffer și să treacă la următoarea operație fără a aștepta sfârșitul scrierii pe magistrala PCI Datele din buffer vor fi transferate pe magistrala PCI în conformitate cu ciclurile sale de ceas Anexa Sistem de bază I/O Secțiunea periferice integrate Opțiunea de configurare a funcției IDE Descriere Setați opțiunile de interfață IDE Scop Comandă pentru a intra în modul de setare a parametrilor canalului IDE Parametrul dispozitivului la bord Descriere Setați parametrii pentru interfețele integrate pe placa de sistem Scop Comandă pentru comutarea la modul de configurare a interfeței dispozitivului integrat Setare BIOS VGA primară Descriere Placă video BIOS Display Priority Scop Valoarea parametrului determină dacă mesajul din care BIOS va fi afișat pe ecran: din BIOS-ul plăcii video instalate în slotul PCI sau de pe placa video AGP Acest mesaj apare mai întâi, chiar înainte ca mesajele BIOS-ului sistemului să fie afișate Pentru sistemele moderne se recomandă AGP VGA Cârd Parametrul dispozitivului Super IO Descriere dispozitive I/O Scop Comanda comută la modul de setare a interfețelor dispozitivelor de intrare-ieșire Parametrul nit Afișează mai întâi Descriere Prioritatea afișajului BIOS al controlerului video Scop Valoarea parametrului determină ce mesaj BIOS va fi afișat pe ecran: din BIOS-ul plăcii video instalate în slotul PCI sau de pe placa video AGP (sau din nucleul grafic încorporat în chipset) Acest mesaj apare mai întâi, chiar înainte ca mesajele BIOS-ului sistemului să fie afișate Pentru sistemele moderne, se recomandă Onboard/AGP Secțiunea periferice integrate Parametru Controler IDE- la bord Descriere Primul controler de canal IDE Scop Activați (Activat) sau dezactivați (Dezactivat) primul canal al interfeței IDE Când este setat la Dezactivat, toate dispozitivele conectate la acest canal nu vor mai funcționa Dacă nu este conectat niciun dispozitiv la canal, este recomandabil să setați valoarea Disabled pentru a elibera întreruperea magistralei PCI Parametru Controler IDE- la bord Descriere IDE Second Channel Controller Scop Activați (Activat) sau dezactivați (Dezactivat) primul canal al interfeței IDE Când este setat la Dezactivat, toate dispozitivele conectate la acest canal nu vor mai funcționa Dacă nu este conectat niciun dispozitiv la canal, este recomandabil să setați valoarea Disabled pentru a elibera întreruperea magistralei PCI Parametrul Master/Slave Drive PIO Mode Descriere Mod DMA pentru dispozitive IDE Scop Selectați modul PIO (Intrare/Ieșire programată) pentru dispozitivele conectate la canalul IDE corespunzător Este recomandat să setați valoarea la Auto, permițând astfel BIOS-ului să determine automat modul PIO pentru dispozitivul IDE Dacă modul Ryu acceptat de dispozitiv nu este detectat automat, îl puteți seta manual (Manual) În general, modul Ryu pentru discuri moderne este considerat învechit și practic nu este utilizat Moduri de transfer Debit maxim (MB/s) Modul PIO Modul PIO Modul PIO Modul PIO Modul PIO Modul PIO Anexa Sistem de bază I/O Parametrul controlerului USB Descriere Controler de interfață USB Scop Izolarea întreruperilor pentru porturile de interfață USB (Universal Serial Bus) În starea dezactivată, controlerul nu funcționează și nu este alocată nicio întrerupere Pentru sistemele moderne, este recomandat să setați valoarea la Activat Parametrul Master/Slave Drive Ultra DMA Descriere Mod DMA pentru dispozitive IDE Scop Selectează modul UDMA (Ultra Direct Memory Access) pentru dispozitivele conectate la canalul IDE corespunzător Este recomandat să setați valoarea la Auto, permițând astfel BIOS-ului să determine automat modul UDMA pentru dispozitivul IDE Ar trebui să dezactivați (Dezactivat) parametrul numai pentru a detecta conflicte Pentru ca modurile DMA să funcționeze în sistemele de operare Windows x, trebuie să activați suportul DMA în proprietățile unității (Start • Setări • Panou de control • Sistem • Dispozitive • Unități de disc • Proprietăți • Setări • DMA) Moduri DMA Moduri de transfer Debit maxim (MB/s) Modul DMA Modul DMA Modul DMA Modul UltraDMA Modul UltraDMA Modul UltraDMA Modul UltraDMA Parametrul controlerului USB Descriere Controler de interfață USB Scop Izolarea întreruperilor pentru porturile de interfață USB (Universal Serial Bus) În starea dezactivată, controlerul nu funcționează și nu este alocată nicio întrerupere Pentru sistemele moderne, este recomandat să setați valoarea la Activat Secțiunea periferice integrate Parametru OnChipUSB Descriere Controler de interfață USB încorporat Scop Parametrul este complet similar cu cel discutat mai sus Pentru sistemele moderne, este recomandat să setați valoarea la Activat Parametru Versiune controlere USB Descriere Versiune interfață USB Scop Valoarea parametrului determină modul de suport pentru versiunea interfeței USB În starea dezactivată (Dezactivat), versiunea moștenită este acceptată Dacă valoarea V +V este setată, atunci ambele versiuni sunt acceptate - învechite și moderne (versiunea ) Se recomandă setarea valorii parametrului la V +V Opțiune de suport pentru tastatură USB Descriere Suport tastatură USB Scop Pentru a activa suportul pentru tastatură USB Este recomandat să utilizați o astfel de tastatură și, în consecință, să setați valoarea parametrului Activat Parametru USB Leg ac Support Descriere Moșteniți proprietățile interfețelor vechi Scop Moștenirea proprietăților se referă la suportul pentru interfețele vechi de tastatură (inclusiv PS/ ) atunci când un dispozitiv este conectat la un port USB Aceasta înseamnă, în primul rând, suport în modul DOS, deoarece în mediul de operare Windows tastatura este suportată la nivel de sistem de operare Când conectați o tastatură la un computer printr-un port USB, este recomandat să setați valoarea la Activat (activat) Opțiune USB Mouse Support Descriere Suport mouse USB Scop suport mouse USB Se recomandă utilizarea unui astfel de mouse și, în consecință, setarea valorii parametrului Enabled (activat) Anexa Sistem de bază I/O Parametru Controler audio AC la bord Descriere Controler audio integrat cu interfață AC' Scop Selectarea modului de conectare al dispozitivului de sunet încorporat în placa de sistem, care are o interfață AC' Dacă se folosește o placă de sunet separată, se recomandă să setați valoarea la Dezactivat pentru a elibera întreruperea Parametru Controler modem MC la bord Descriere Modem integrat cu interfață MC' Scop Selectarea modului de conectare al modemului încorporat în placa de sistem, care are o interfață MC' Dacă se utilizează o placă de modem separată, se recomandă setarea valorii la Dezactivat pentru a elibera întreruperea Opțiune LAN la bord Descriere Controler LAN integrat Scop Selectarea modului de conectare al controlerului de rețea locală încorporat în placa de sistem, de regulă, având o interfață Ethernet Dacă se folosește o placă de rețea separată, se recomandă să setați valoarea la Dezactivat pentru a elibera întreruperea Parametrul de bord Dispozitiv Descriere Controler de interfață integrat Scop Selectarea modului de conectare al controlerului de interfață serială de mare viteză IEEE (FireWire) încorporat în placa de sistem Dacă controlerul nu este utilizat, este recomandat să setați valoarea la Dezactivat pentru a elibera întreruperea Parametrul de avertizare Case Open Descriere Detector de intruziune Scop Unele plăci de bază au un senzor de intruziune mecanic sau optic care declanșează o alarmă Senzorul este conectat prin pinii dedicati de pe placa de sistem și activat prin setarea valorii la Activat Secțiunea periferice integrate Parametru Controler FDC la bord Descriere Controler de unitate de dischetă încorporat Scop Modul de conectare al controlerului FDD încorporat În sistemele moderne, unitatea de dischetă nu este adesea folosită deloc, așa că este posibil să selectați valoarea Disabled (dezactivat) pentru a elibera întreruperea (IRQ) Opțiunea Controller de acces la dischetă Descriere Floppy Disk Access Controller Scop Parametrul este complet similar cu cel anterior Dacă nu utilizați o unitate de dischetă, este recomandat să dezactivați controlerul Parametru Port serial la bord Descriere Port serial COM Scop Parametrul vă permite să dezactivați portul serial sau să setați manual adresa portului I/O și să întrerupeți Adresa implicită este de obicei F Dacă este nevoie să schimbați configurația porturilor, ceea ce se întâmplă atunci când mai multe dispozitive sunt conectate la acestea, ar trebui să selectați valoarea Auto În cazul în care configurația automată eșuează, puteți "împerechea" dispozitivele după porturi manual Dacă porturile seriale nu sunt utilizate, ar trebui să setați valoarea la Dezactivat (dezactivat), eliberând întrerupere Parametru Port serial la bord Descriere Port serial COM Scop Parametrul este similar cu cel de mai sus, dar pentru portul COM Parametrul de selectare a modului UART Descriere Modul de operare al controlerului portului serial UART Scop Selectați modul de funcționare al porturilor COM seriale În modul standard, portul acceptă o interfață RS- obișnuită În modul HPSIR, este activată interfața portului serial infraroșu cu specificația Modul ASKIR oferă comunicații full-duplex în infraroșu la viteze de până la Kbps Anexa Sistem de bază I/O Utilizare UART ca parametru Descriere Mod de utilizare UART (controller de port serial COM) Scop Selectați modul de funcționare al porturilor COM seriale În modul COM Port, este acceptată o interfață RS- obișnuită Selectarea IR conectează interfața portului serial în infraroșu (în modul duplex) Parametrul funcției IR la bord Descriere Funcții infraroșu Scop Selectați modul de funcționare a portului infraroșu Specificația Modul IrDA acceptă Slow Intra Red ( Kbps); Middle Intra Red ( , Mbps); Rapid Intra Red ( Mbps) Modul HPSIR (Hewlett Packard Slow Intra Red) oferă Kbps Modul Sharp ASKIR (Amplitude Shifted Key Intra Red) acceptă viteze de până la Kbps Opțiune Duplex Select Descriere Mod duplex Scop Selectați modul de funcționare a portului infraroșu Când este setată la Full-Duplex, este acceptată comunicarea bidirecțională sincronă În modul Half-Duplex (half-duplex) schimbul de date are loc cu alocarea de intervale de timp pentru primirea și transmiterea către fiecare dispozitiv Alegerea unui mod specific depinde de capacitățile unui dispozitiv extern cu o interfață IrDA Setarea Port paralel la bord Descriere Port paralel încorporat Scop Acest parametru vă permite să atribuiți adrese de I/O și de întrerupere pentru portul paralel încorporat În mod implicit, valoarea adresei este H, iar întreruperea este IRQ Se recomandă schimbarea manuală a valorii numai în cazul unor conflicte cu dispozitivele conectate la portul paralel Secțiunea periferice integrate Setarea modului port paralel Descriere Mod de operare cu port paralel Scop Valoarea implicită este Normal (SPP înseamnă Standard Parallel Port) Acest lucru vă permite să lucrați cu orice dispozitiv conectat la portul paralel, dar rata de transfer în acest caz este scăzută Modurile ECP (Extended Capability Port) și EPP (Enhanced Parallel Port) sunt bidirecționale Modul ECP folosește protocolul de acces direct la memorie DMA, oferă un debit de până la , Mbps, acceptă un canal de schimb de date simetric bidirecțional Modul EPP utilizează semnale standard de porturi paralele pentru comunicarea bidirecțională asimetrică Dacă dispozitivul acceptă transferul de date bidirecțional, dar protocolul specific este necunoscut, puteți seta valoarea parametrului ECP + EPP Mod ECP Utilizați parametrul DMA Descriere Selecția canalului DMA în modul ECP Scop Conectarea canalului de acces direct la memorie atunci când portul paralel funcționează în modul ECP Pentru a face acest lucru, setați valoarea ECP sau ECP + EPP a parametrului anterior (Mod port paralel) De obicei, valoarea implicită a Canalului nu cauzează probleme Setare Port de joc la bord Descriere Controler de port de joc încorporat Scop Conectarea și adresarea portului de joc încorporat (conector DB- S) Valoarea implicită este H Dacă un gamepad (joystick) este conectat la portul USB sau la conectorul DB- S de pe placa de sunet, este recomandat să setați valoarea Disabled pentru a elibera resursele computerului Anexa Sistem de bază I/O Parametru MIDI I/O la bord Descriere Adresa portului I/O pentru interfața MIDI Scop Conectați și adresați portul de interfață digitală pentru instrumente muzicale (MIDI) încorporat Valoarea implicită este ZON Din punct de vedere fizic, portul MIDI este combinat cu portul de joc GAME de pe conectorul DB- S, iar pentru conectarea unui dispozitiv muzical este necesar un adaptor de tranziție care implementează interfața "buclă curentă" Puteți schimba manual adresa atunci când sunt detectate conflicte cu alte dispozitive (recomandat pentru utilizatorii avansați) Parametru MIDI IRQ la bord Descriere MIDI Interrupt Assignment Scop Pentru a selecta o întrerupere pentru portul de interfață digitală a instrumentelor muzicale (MIDI) încorporat Valoarea implicită este Puteți modifica manual întreruperile atunci când sunt detectate conflicte cu alte dispozitive (recomandat utilizatorilor avansați) Secțiunea de configurare a gestionării energiei Parametrul funcției ACPI Descriere Suport ASPI Scop Conectarea interfeței avansate de gestionare a energiei și configurare a sistemului (ACPI) Se recomandă setarea valorii Enabled (activat) pentru toate sistemele moderne Funcția Dezactivată (dezactivată) este necesară dacă există conflicte cu unele componente ale sistemului În sistemul de operare Windows XP, multe servicii se bazează pe interfața ACPI și, prin urmare, dezactivarea acesteia nu este de dorit Interfața ACPI oferă mai multe moduri de funcționare a computerului: normal (Normal), limitat (Doze), standby (Standby), sleep (Suspend) și soft shutdown (Soft Off) Oprirea circuitelor de alimentare ale computerului în modul Soft Off nu are loc complet + VSB este furnizat pe placa de sistem Pentru a suporta pe deplin ACPI, sursa de alimentare trebuie să furnizeze cel puțin A de curent prin acest circuit Secțiunea de configurare a gestionării energiei Parametrul Mod suspendare Descriere Intrați în modul de repaus Scop Selectați intervalul de timp după care computerul intră în modul de repaus (dacă după o anumită perioadă de timp nu există apeluri către componentele sistemului informatic) Parametrul tip de suspendare ACPI Descriere Cum să intrați în modul de repaus Scop Opțiunea S (Power Op Suspend) prevede oprirea aplicațiilor în timpul salvării documentelor și oprirea efectivă a computerului, cu excepția circuitelor de control care monitorizează semnalele de trezire Opțiunea S (Suspend To Disk) asigură înregistrarea stării curente a sistemului pe hard disk și restabilirea acesteia atunci când sistemul revine la funcționarea normală Opțiunea S (Suspend To RAM) vă permite să salvați rapid starea sistemului în RAM și să o restaurați aproape instantaneu În cazul recuperării memoriei, placa de bază trebuie să suporte funcții STR, deoarece RAM necesită o actualizare continuă a conținutului Aceasta înseamnă că modulele trebuie alimentate, spre deosebire de celelalte opțiuni "sleep" Pentru sistemele moderne, se recomandă setarea valorii S (STR) Parametrul ACPI Suspend To RAM Descriere Salvați starea sistemului în memorie Scop Modul de salvare a stării sistemului în RAM Pentru computerele moderne, se recomandă setarea valorii Enabled (activat) Anexa Sistem de bază I/O Parametrul Power Op Function Descriere Metoda de comutare Scop Selectați metoda prin care puteți porni computerul Dacă este selectat Numai Buton, sistemul se va porni după ce apăsați butonul de pornire de pe șasiu Opțiunile rămase vă permit să porniți sistemul folosind tastatura și mouse-ul Caracteristica Keyboard funcționează numai cu tastaturi cu specificații Windows care au un buton de pornire dedicat În plus, sistemul de operare trebuie să fie Windows sau o versiune anterioară Pentru tastaturile cu aspect standard, puteți seta valoarea Hot Key (tasta rapidă) și alocați tastele corespunzătoare pentru a începe această procedură Este permisă utilizarea butoanelor mouse-ului (Mouse Stânga și Mouse Right) pentru a lansa Subliniem că lansarea sistemului este suportată doar de șoareci cu interfață PS/ Șoarecii care folosesc COM serial sau USB nu acceptă această caracteristică Evident, funcțiile avansate de gestionare a energiei funcționează numai în computerele cu surse de alimentare ATX Atenţie! Oprirea sursei de alimentare cu comutatorul amplasat pe aceasta dezactivează complet placa de sistem și, prin urmare, dezactivează toate funcțiile ACP Parametru Soft-Off Vu PWR-BTTN Descriere Comutați în modul de repaus cu butonul de pornire Scop Determinarea reacției sistemului la apăsarea butonului de pornire al unității de sistem mai puțin de secunde Când setați Întârziere Sec sau Suspendare sistemul intră în modul de repaus Dacă butonul este apăsat mai mult de secunde, unitatea de sistem va opri alimentarea imediat Selectarea Instant Oft sau Soft Oft înseamnă oprirea sistemului atunci când țineți apăsat butonul de pornire pentru orice durată Parametru USB HF/Mouse Wake From S Descriere Comutare în modul normal prin semnalul tastaturii/mouse-ului USB Scop Valoarea Enabled a acestui parametru este utilizată dacă este planificat transferul sistemului în modul normal printr-un semnal de la un mouse sau tastatură conectat prin interfața USB Secțiunea de configurare a gestionării energiei Parametrul Video Off Method Descriere Metodă de a opri monitorul Scop Selectați o metodă pentru a pune monitorul în modul de repaus Selectarea Ecran gol dezactivează semnalul de luminozitate, iar ecranul monitorului devine negru Setarea V/H SYNC + Blank dezactivează semnalele de luminanță, v-sync și orizontală Setarea Asistență DPMS afectează numai monitoarele care acceptă semnalizarea de gestionare a alimentării afișajului În acest caz, consumul de energie al monitorului este redus prin oprirea circuitelor de înaltă tensiune Monitorul DPMS este capabil să recunoască semnalele de control și control ACPI transmise de BIOS prin interfața VGA și nu necesită canale de control suplimentare Cu toate acestea, este nevoie de un timp relativ lung pentru a scoate monitorul din modul de repaus DPMS, deoarece este necesar să "încălziți" circuitele de înaltă tensiune și să restabiliți câmpurile de direcție puternice ale fasciculului electromagnetic Modem Use IRQ Parameter Descriere Selectați întrerupere pentru modem Scop A aloca o întrerupere unui modem intern care poate fi utilizat pentru a restabili funcționarea normală Pentru sistemele moderne, acest parametru este irelevant, deoarece pot determina automat întreruperea dorită și pot alimenta circuitele necesare în modul de repaus Parametrul Power Op Wu PCI Card Descriere Readuceți sistemul la modul normal atunci când este semnalat de dispozitivul PCI Scop Valoarea Enabled a acestui parametru este utilizată dacă se plănuiește revenirea sistemului la modul normal printr-un semnal care vine de la o placă PCI, de exemplu, de la o placă de rețea Opțiune Video Off Descriere Oprire monitor Scop Selectați dacă monitorul se oprește când computerul intră în modul de repaus Când selectați valoarea Suspend Off, semnalele corespunzătoare de pe placa video sunt transmise la monitor Metoda de oprire specifică este determinată de parametrul Video Off Method Anexa Sistem de bază I/O Parametru Power Op Wu Modem/LAN Descriere Readuceți sistemul în modul normal pe un semnal de la modem sau placa de rețea Scop Valoarea Enabled a acestui parametru este utilizată dacă se așteaptă ca sistemul să revină la modul normal printr-un semnal de la modem sau placa de rețea Parametrul Wake-Power Up On Ext modem Descriere Readuceți sistemul în modul normal pe un semnal de la un modem extern Scop Valoarea Enabled a acestui parametru este utilizată dacă se așteaptă ca sistemul să revină la modul normal printr-un semnal de la un modem extern Parametru ModemRingOn/WakeOnLan Descriere Readuceți sistemul în modul normal pe un semnal de la modem sau placa de rețea Scop Valoarea Enabled a acestui parametru este utilizată dacă se așteaptă ca sistemul să revină la modul normal printr-un semnal de la modem sau placa de rețea Parametru Pornire automată Descrierea gestionării automate a puterii Scop Când acest parametru este activat (setarea valorii Activat), devine posibilă configurarea parametrului pentru readucerea sistemului în modul normal printr-un semnal de cronometru Parametrul Power Op Wu Alarm Descriere Readuceți sistemul la modul normal prin semnalul temporizatorului Scop Când acest parametru este activat (setarea valorii Activat), devine posibilă configurarea parametrului pentru readucerea sistemului în modul normal printr-un semnal de cronometru Secțiunea de configurare a gestionării energiei Parametrul Timp (hh:mm:ss) al alarmei Descriere Timp de funcționare a temporizatorului Scop Pentru a seta ora de trezire a computerului pe baza unui ciclu de de ore Toate valorile sunt calculate în raport cu ceasul sistemului (consultați Caracteristicile CMOS standard) Reluare prin parametrul de alarmă Descriere Revenirea la funcționarea normală prin semnalul temporizatorului Scop Când acest parametru este activat (setat la Activat), câmpurile pentru introducerea datei (zilnic sau după data lunii curente) și a orei (în formatul de ore, minute, secunde) activării sistemului cronometrul de sus este activat Parametrul HDD Down In Suspend Descriere Oprire hard disk Scop În funcționare normală, toate componentele hard diskului (controler, disc și unități de cap) primesc alimentare continuă Pentru a economisi energie și a reduce zgomotul în modul de repaus, a fost introdus un parametru care vă permite să opriți alimentarea unităților În acest caz, doar controlerul așteaptă un semnal pentru a restabili starea normală Setarea CPU Thermal-Throttling Descriere Managementul termic al procesorului Scop Selectați modul de reducere forțată a performanței procesorului Atunci când senzorul termic încorporat în procesor generează o alarmă de supratemperatură, rutinele "false" sunt forțate în ciclul de lucru al procesorului Valorile parametrilor specifică procentul ciclului de lucru al procesorului în raport cu timpul total de funcționare Această opțiune se aplică numai procesoarelor cu un circuit de control al temperaturii (Intel Pentium III, Pentium , Celeron, cel mai recent AMD Athlon XP, procesoare mai noi Opteron și Athlon ) Anexa Sistem de bază I/O Parametrul de pierdere de curent alternativ Repornire Descriere Restaurarea sistemului după o pană de curent Scop Selectarea algoritmului acțiunilor sistemului după o pană de curent Selectarea valorii Dezactivat înseamnă că computerul va rămâne oprit după restabilirea tensiunii de alimentare Când este setat la Activat, computerul va reporni Valoarea Previous State trebuie setată dacă este necesar să se restabilească exact aceeași stare a sistemului care era înainte de întreruperea alimentării la rețea Parametru de oprire HDD Descriere Oprire hard disk Scop Pentru a seta timpul de așteptare după care alimentarea unităților de disc este oprită (dacă nu are loc acces la hard disk în timpul specificat) Parametru LED Power în Suspend Descriere Sleep Mode Power LED Behaviour Scop Selectarea modului de operare al LED-ului indicator de alimentare de pe unitatea de sistem atunci când computerul intră în modul de repaus Setarea valorii Intermitent înseamnă că LED-ul va funcționa în modul intermitent, când este selectată valoarea Op, LED-ul este aprins constant Dacă este setat la Oprit/Dual, LED-ul unic se stinge și indicatorul LED dublu își schimbă culoarea Parametrul IDE primar/secundar / Descriere Monitorizare HDD / pe canalele IDE primare/secundare Scop Setarea valorii la Activat permite monitorizarea hard disk-urilor în modul de repaus pentru a verifica dacă un semnal revine la funcționarea normală Secțiunea de configurare a gestionării energiei Parametrul Fan Off in Suspend Descriere Dezactivați ventilatorul CPU în modul de repaus Scop Când este setat la Activat, ventilatorul procesorului se oprește când intră în modul de repaus Parametru FDD, COM, LPTPort Descriere Monitorizați unitatea de dischetă, porturile seriale și paralele Scop Setarea valorii la Activat permite monitorizarea unității de dischetă, a porturilor seriale și paralele în modul de repaus pentru a verifica dacă un semnal revine la funcționarea normală Parametru PCI PIRQ [AD] Descriere Monitorizați dispozitivele în sloturi PCI Scop Setarea valorii Activat permite monitorizarea activității dispozitivelor de pe magistrala PCI în modul de repaus pentru a verifica dacă este primit un semnal pentru a trece la funcționarea normală Toate setările de mai sus pentru controlul funcțiilor ACPI funcționează numai dacă sistemul de operare are setările corespunzătoare de economisire a energiei (Start • Setări • Panou de control • Opțiuni de alimentare) Pe baza experienței de operare, se poate susține că funcțiile ACPI sunt complet acceptate doar în Windows XP, cu condiția ca sistemul să fie echipat cu echipamente moderne componente Anexa Sistem de bază I/O Secțiunea de configurare PNP/PCI Opțiunea PNP OS instalată Descriere Suport sistem de operare pentru funcțiile Plug&Play Scop Este util să activați (Activat) în cazurile în care sistemul de operare instalat pe computer nu suportă funcțiile de configurare automată a dispozitivului (Plug & Play) Sistemele de operare ale familiei Windows X/Me/NT/ /XP ignoră valoarea acestui parametru și preiau funcțiile de configurare a dispozitivului Utilizatorii sistemelor de operare asemănătoare UNIX (de exemplu, Linux) ar trebui să seteze valoarea la Nu și să configureze dispozitivele folosind BIOS În unele versiuni moderne de Linux au apărut utilitare pentru configurarea automată a dispozitivelor pe magistrala PCI, ceea ce vă permite să setați valoarea parametrului Yes Recomandările specifice trebuie specificate în documentația livrată cu sistemul de operare Resetați parametrul Datelor de configurare Descriere Actualizarea bazei de date de configurare a dispozitivului Scop Sistemul (baza de date) de date de configurare extinsă a sistemului (ESCD) încorporat în BIOS stochează valorile întreruperilor (IRQ), canalelor de acces direct la memorie (DMA), adresele I/O ale tuturor dispozitivelor instalate pe ISA, PCI și AGP autobuze În munca de zi cu zi, ar trebui să setați valoarea la Dezactivat Dacă se găsește un conflict de resurse după conectarea unui dispozitiv nou, setați valoarea la Activat și reporniți computerul În acest caz, în timpul procedurii POST, toate datele de configurare vor fi resetate și BIOS-ul va încerca să aloce "în mod corect" resurse pentru toate componentele detectate Data viitoare când sistemul pornește, valoarea parametrului se va schimba automat în Dezactivat Secțiunea de coconfigurare PNP/PCI Parametru Controlat prin resurse Wu Descriere Funcția de alocare a resurselor Scop BIOS-ul poate configura automat toate dispozitivele care acceptă tehnologia Plug&Play Dacă nu există conflicte care nu pot fi rezolvate de sistemul de operare, setați valoarea la Auto - BIOS-ul va putea să aloce automat întreruperi și canale de acces direct la memorie Câmpurile de instalare de mai jos (de exemplu, Resurse IRQ) vor dispărea sau vor deveni indisponibile Dacă nici sistemul de operare, nici instrumentele de auto-configurare BIOS nu au făcut față alocarii resurselor și a avut loc un conflict de dispozitiv, setați valoarea la Manual, care va permite accesul la câmpul de configurare manuală a resurselor IRQ Fiecare întrerupere (IRQ-X atribuită câmpului) poate fi setată la Dispozitiv PCI (dispozitiv PCI), ISA moștenit (dispozitive ISA vechi, adică dispozitive ISA învechite) sau Rezervat (rezervat) Dispozitivele ISA vechi sunt conforme cu specificațiile vechi ale magistralei PC AT și necesită acces exclusiv la întrerupere pentru a funcționa corect În schimb, dispozitivele PCI pot partaja o întrerupere Parametrul PIRQ OUse IRQ Nr PIRQ Utilizați IRQ Nr Descriere Alocarea individuală a întreruperilor Scop Setarea întreruperii individual pentru fiecare dispozitiv de pe magistralele PCI și AGP Un dispozitiv de pe fiecare slot PCI poate folosi până la patru întreruperi: INT A, INT B, INT C și INT D Un dispozitiv de pe un slot AGP poate activa două întreruperi: INT A și INT B Este considerat destul de normal pentru fiecare slot pentru a utiliza o întrerupere ca INT A principală Întreruperile rămase acționează ca o rezervă în cazul în care dispozitivul PCI / AGP necesită mai mult de o întrerupere sau întreruperea solicitată este ocupată în prezent Rețineți că slotul AGP și slotul PCI # formează o pereche, ocupând o întrerupere comună O pereche similară este formată și din sloturile PCI # și PCI # Anexa Sistem de bază I/O Parametrul PIRQ Utilizare IRQ Nr PIRQ Utilizați IRQ Nr Descriere Alocarea individuală a întreruperilor Scop Setarea întreruperii individual pentru fiecare dispozitiv de pe magistralele PCI și AGP Un dispozitiv de pe fiecare slot PCI poate folosi până la patru întreruperi: INT A, INT B, INT C și INT D Un dispozitiv de pe un slot AGP poate activa două întreruperi: INT A și INT B Este considerat destul de normal pentru fiecare slot pentru a utiliza o întrerupere ca INT A principală Întreruperile rămase acționează ca o rezervă în cazul în care dispozitivul PCI / AGP necesită mai mult de o întrerupere sau întreruperea solicitată este ocupată în prezent Rețineți că slotul AGP și slotul PCI # formează o pereche, ocupând o întrerupere comună O pereche similară este formată și din sloturile PCI # și PCI # Slot AGP semnal/ rr g, Slot PCI Slot PCI Slot PCI /Slot PCI PIRQ INT A INT D INT C INT B PIRQ INT B INT A INT D INT C PIRQ INT C INT B INT A INT D PIRQ INT D INT C INT B INT A Pentru a atribui manual o întrerupere, trebuie mai întâi să determinați în ce slot PCI este instalat dispozitivul În plus, conform tabelului, determinăm principalul PIRQ de întrerupere programabilă Să presupunem că placa de rețea este instalată în slotul PCI # Găsim celula cu canalul de întrerupere INT A (este cel principal pentru toate dispozitivele PCI) și determinăm numărul cererii de întrerupere programabilă - va fi PIRQ Apoi, atribuiți PIRQ întreruperea căreia placa de rețea " necesită", de exemplu IRQ Ca rezultat, BIOS-ul va aloca IRQ celui de-al treilea slot PCI Lucrul important de reținut aici este că BIOS-ul încearcă întotdeauna să aloce un PIRQ canalului INT A pentru fiecare slot Multe sisteme de operare moderne (de exemplu, Windows XP) ignoră alocarea de resurse stabilită în BIOS și configurează în mod independent dispozitivele "înregistrate" în sistem Secțiunea Stare stare PC/Monitor hardware Prezența acestei secțiuni indică, de regulă, calitatea plăcii de bază și abordarea serioasă a producătorului față de proiectarea acesteia Secțiunea de control al frecvenței/tensiunii Fiecare companie are propriul mod de compilare a meniului secțiunii, deoarece capacitățile chipset-urilor, sistemelor de control și management pentru plăcile de bază variază foarte mult Ca exemplu, luați în considerare meniul secțiunii PC Health Status a plăcii de bază Gigabyte GA- OXM E Câmpul Reset Case Open Status este destinat monitorizării stării cazului Dacă capacul carcasei este deschis, sistemul de răcire se află în condiții diferite de cele normale (când carcasa este închisă) Prin urmare, sistemul de control trebuie să știe în ce mod funcționează sistemul de răcire Următoarele câmpuri sunt concepute pentru a afișa informații despre valorile tensiunii curente furnizate de sursa de alimentare a sistemului și a plăcii de bază După stabilitatea acestor parametri, se poate aprecia calitatea sursei de alimentare și a circuitelor de alimentare ale plăcii de bază Câmpul Current CPU Temperature vă permite să controlați temperatura nucleului procesorului Trebuie remarcat faptul că atunci când lucrați în fereastra BIOS Setup, procesorul funcționează într-un mod de economisire, iar valoarea temperaturii de bază poate crește foarte mult atunci când rezolvați sarcini grele Câmpurile CPU Fan Speed, Power FAN Speed, System FAN Speed afișează vitezele ventilatorului sistemului de răcire a procesorului, sursă de alimentare și, respectiv, chipset În câmpul CPU Temperature Select, setați limita superioară de temperatură, depășirea acesteia va determina o scădere a sarcinii procesorului prin creșterea proporției de cicluri inactiv În câmpul CPU Shutdown Temperature, setați limita superioară de temperatură, a cărei exces va determina oprirea alimentării procesorului Urmează câmpurile care determină performanța ventilatoarelor sistemului de răcire Când este setată la Activat, oprirea ventilatorului corespunzător va declanșa o alarmă (redată prin difuzorul sistemului computerului) Secțiunea de control al frecvenței/tensiunii Conținutul acestei secțiuni depinde de posibilitățile oferite utilizatorului de către dezvoltatorii chipset-ului și plăcii de bază Plăcile de bază denumite plăci de bază "overclocker" oferă uneori funcții de control al frecvenței și tensiunii care pot deteriora componentele sistemului Prin urmare, modificarea valorilor implicite trebuie abordată cu precauție extremă Anexa Sistem de bază I/O Parametrul CPU Externai Frequency Descriere Frecvența magistralei sistemului Scop Selectați frecvența fizică a magistralei de sistem Aproape toate modelele de procesoare moderne îl folosesc ca frecvență de referință, iar frecvența magistrală echivalentă (eficientă) se obține prin înregistrarea semnalului în creștere și în scădere (dublarea frecvenței este folosită în magistrala de sistem pentru procesoarele AMD) sau prin distingerea între patru stări de linia diferenţială (cvadruplicarea frecvenţei este utilizată în magistrala de sistem pentru procesoarele Pentium ) Astfel, setarea acestui parametru la MHz va oferi o frecvență FSB efectivă în sistemele pentru procesoarele AMD - MHz, în sistemele pentru procesoarele Pentium - MHz Setare multiplă pentru frecvența procesorului Descriere Mod pentru determinarea multiplicatorului de frecvență al procesorului Scop Selectarea modului de control pentru multiplicatorul intern al procesorului, care stabilește frecvența de operare prin înmulțirea frecvenței FSB cu un anumit factor Majoritatea procesoarelor moderne nu permit setarea multiplicatorului extern Parametrul CPU Frequency Multiple Descriere Factorul de multiplicare a frecvenței FSB Scop Dacă setați CPU Frequency Multiple Setting la Manual, puteți selecta manual valoarea multiplicatorului Majoritatea procesoarelor moderne nu permit setarea multiplicatorului extern Parametrul CPU Vcope Descriere Tensiunea miezului procesorului Scop Setarea manuală a tensiunii de bază este uneori folosită la overclockarea procesorului peste frecvențele de operare declarate de producător Depășirea valorilor specificate de producător este plină de defecțiuni ale procesorului și pierderea garanției Recomandat numai pentru utilizatorii FOARTE EXPERIENȚI Secțiunea de control al frecvenței/tensiunii Setarea CPU Vcore Descriere Mod de setare a tensiunii miezului procesorului Scop Dacă selectați valoarea Manual a acestui parametru, puteți seta manual tensiunea de bază a procesorului Parametrul Frecvența memoriei Descriere Frecvența magistralei de memorie Scop Setarea frecvenței magistralei de memorie Valoarea implicită este de SPD (conform producătorului) Acest parametru este relevant atunci când în sistem sunt instalate module de memorie special selectate, care pot funcționa la frecvențe care depășesc standardele aprobate De exemplu, Kingston lansează module de memorie PC DDR SDRAM cu o frecvență efectivă de MHz, ceea ce înseamnă că frecvența magistralei de memorie trebuie setată la MHz Parametrul de frecvență AGP Descriere Frecvența magistralei AGP Scop Selectarea manuală a frecvenței magistralei grafice AGP În modul Auto, frecvența magistralei este setată conform standardelor AGP sau AGP În modul manual, puteți seta frecvențe crescute, ceea ce contribuie la overclockarea plăcii video Cu toate acestea, nu toate produsele sunt loiale overclockării "în autobuz" Unele plăci video pot eșua Recomandat numai pentru utilizatorii FOARTE EXPERIENȚI Parametrul AGP VDDQ Tensiune Descriere Tensiunea de alimentare a plăcii video pe magistrala AGP Scop Selectarea manuală a tensiunii de alimentare pe magistrala AGP Depășirea tensiunilor specificate de standardele AGP sau AGP contribuie la overclockarea plăcii video Unele plăci video se pot defecta ca urmare a unei astfel de operațiuni Recomandat numai pentru utilizatorii FOARTE EXPERIENȚI Anexa Sistem de bază I/O Parametru Regulator de tensiune DIMM Descriere Alimentare cu tensiune pentru module de memorie Scop Selectarea manuală a tensiunii de alimentare a modulului de memorie Recomandat numai pentru utilizatorii FOARTE EXPERIENȚI Parametrul AGP Voltage Regulator Descriere Tensiune de alimentare magistrală AGP Scop Selectarea manuală a tensiunii de alimentare a magistralei AGP Recomandat numai pentru utilizatorii FOARTE EXPERIENȚI Parametrul CPU Voltage Regulator Descriere Tensiunea miezului procesorului Scop Selectarea manuală a tensiunii nucleului procesorului Recomandat numai pentru utilizatorii FOARTE EXPERIENȚI Parametru Auto Detect DIMM/PCI Clk Descriere Detectarea automată a magistralei de memorie și a frecvențelor magistralei PCI Scop Dacă setați CPU Frequency Multiple Setting la Manual, puteți selecta manual valoarea multiplicatorului Majoritatea procesoarelor moderne nu permit setarea multiplicatorului extern Parametru Metodă Frecvență Descriere Frecvența magistralei de memorie Scop Setarea frecvenței magistralei de memorie Valoarea implicită este de SPD (conform producătorului) Acest parametru este relevant atunci când în sistem sunt instalate module de memorie special selectate, care pot funcționa la frecvențe care depășesc standardele aprobate De exemplu, Kingston lansează module de memorie PC DDR SDRAM cu o frecvență efectivă de MHz, ceea ce înseamnă că frecvența magistralei de memorie trebuie setată la MHz Secțiunea de control al frecvenței/tensiunii Setarea CPU Vcore Descriere Mod de setare a tensiunii miezului procesorului Scop Dacă selectați valoarea Manual a acestui parametru, puteți seta manual tensiunea de bază a procesorului Parametrul CPU Vcope Descriere Tensiunea miezului procesorului Scop Setarea manuală a tensiunii de bază este uneori utilizată la overclockarea procesorului peste frecvențele de operare declarate de producător Depășirea valorilor specificate de producător este plină de defecțiuni ale procesorului și pierderea garanției Recomandat numai pentru utilizatorii FOARTE EXPERIENȚI Parametrul de frecvență AGP Descriere Frecvența magistralei AGP Scop Selectarea manuală a frecvenței magistralei grafice AGP În modul Auto, frecvența magistralei este setată conform standardelor AGP sau AGP În modul manual, puteți seta frecvențe crescute, ceea ce contribuie la overclockarea plăcii video Cu toate acestea, nu toate produsele sunt loiale overclockării "în autobuz" Unele plăci video pot eșua Recomandat numai pentru utilizatorii FOARTE EXPERIENȚI Parametrul AGP VDDQ Tensiune Descriere Tensiunea de alimentare a plăcii video pe magistrala AGP Scop Selectarea manuală a tensiunii de alimentare pe magistrala AGP Depășirea tensiunilor specificate de standardele AGP sau AGP contribuie la overclockarea plăcii video Unele plăci video se pot defecta ca urmare a unei astfel de operațiuni Recomandat numai pentru utilizatorii FOARTE EXPERIENȚI Parametru Regulator de tensiune DIMM Descriere Alimentare cu tensiune pentru module de memorie Scop Selectarea manuală a tensiunii de alimentare a modulului de memorie Recomandat numai pentru utilizatorii FOARTE EXPERIENȚI Anexa Sistem de bază I/O Parametrul AGP Voltage Regulator Descriere Tensiune de alimentare magistrală AGP Scop Selectarea manuală a tensiunii de alimentare a magistralei AGP Recomandat numai pentru utilizatorii FOARTE EXPERIENȚI Parametrul CPU Voltage Regulator Descriere Tensiunea miezului procesorului Scop Selectarea manuală a tensiunii nucleului procesorului Recomandat numai pentru utilizatorii FOARTE EXPERIENȚI Parametru Auto Detect DIMM/PCI Clk Descriere Detectarea automată a magistralei de memorie și a frecvențelor magistralei PCI Scop Selectarea modului de operare al divizorului de frecvență chipset Când este setat la Activat, se aplică rapoartele implicite de diviziune ale chipset-ului Parametrul AGP Spread Spectrum Descriere Reduceți EMI pe magistrala AGP Scop Din punct de vedere fizic, parametrul este similar cu parametrul FSB Spread Spectrum discutat mai sus Parametrul CPU Host/PCI Clock Descriere Corelația dintre magistrala de sistem și magistrala PCI Scop În mod implicit, cu frecvențele standard ale magistralei de sistem pe magistrala PCI, valoarea este setată la MHz Acest parametru vă permite să setați alte rapoarte de frecvență pe magistrala de sistem și pe magistrala PCI În mod obișnuit, schimbarea manuală a raportului de frecvență este utilizată la overclockarea magistralei de sistem pentru a menține standardul de MHz pe magistrala PCI Secțiunea de control al frecvenței/tensiunii Parametrul FSB Spread Spectrum Descriere Reducerea interferențelor electromagnetice pe magistrala de sistem Scop Pe placa de bază, există întotdeauna un generator principal de impulsuri de sincronizare (ceas), precum și componente auxiliare care stabilesc frecvențele pentru diferite tipuri de magistrale și elemente de computer Ondulările magistralei de înaltă frecvență provoacă radiații electromagnetice (EMR) vizibile, adesea în afara mediului de transmisie Caracteristica Spead Spectrum reduce EMI prin modularea în timp și netezirea vârfurilor oscilatorului Activarea caracteristicii Spread Spectrum îmbunătățește stabilitatea sistemului, dar degradează performanța multor componente Anexa Procesoare Descifrarea parametrilor procesoarelor Intel Model Suport Hyper-Threading Standarde tehnice, nm Interfață L dimensiune cache Frecvență de operare, GHz FSB frecvență, MHz Pentium J* da LGA MB , Pentium J da LGA MB , Pentium da LGA MB , Pentium J • da LGA MB , Pentium da LGA MB , Pentium J da LGA MB , Pentium da LGA MB , Pentium J da LGA MB Pentium da LGA MB Pentium J da LGA MB , Pentium da LGA MB , Indexul J indică suport pentru tehnologia Execute Disable Bit Descifrarea parametrilor procesoarelor Intel Model Nureg-Threading suport Standarde tehnice, nm Interfață L dimensiune cache Frecvență de operare, GHz FSB frecvență, MHz Pentium nr LGA MB , Pentium nr LGA MB , Celeron D J nr LGA KB Celeron D nr S KB , Celeron D J nr LGA KB , Celeron D nr S KB , Celeron D J nr LGA KB , Celeron D nr S KB , Celeron D J nr LGA KB , Celeron D nr S KB , Celeron D J nr LGA KB , Celeron D nr S KB , Celeron D nr S KB , Celeron D nr S KB , Anexa Procesoare Descifrarea parametrilor procesoarelor AMD Marcarea monedelor OPN Frecvența ceasului, frecvența AI GHz, Cache MHz, Tehnologii KBydoo, Conector HM AIVDAI№n EX ADAFX DBEAS EX Baros Priză ADABC DEP AS EX Baros Priză ADABG CEP T EX Baros Priză ADAEK CEP /XT EX Baros Priză ADABG CEP AK RS Baros Priză AIVDAthon ADA DEP AS + , Baros Priză ADA DEP AW + , Newcastle Priză ADA DEP AW + , Newcastle Priză ADA DIK BI + , Winchester Priză ADA DIK BI + Winchester Priză ADA DIK BI + , Winchester Priză ADA AEP AR + , ClawHammer Soclu ADA OOAEP AR + , ClawHammer Priză ADA AEP AP + , ClawHammer Soclu ADA QAEP AX + , Newcastle Priză ADA AEP AR + ClawHammer Priză ADA AEP AP + ClawHammer Priză Descifrarea parametrilor procesoarelor AMD Marcare modet OPN Frecvență de ceas, frecvență GHz IN, cache L IVHz, întuneric KByte, dimensiune HM ADA QAEP AX + Newcastle Priză ADA QAEP AR + Newcastle Priză ADA AEP AP + Newcastle Priză ADA QAEP AX + , Newcastle Priză AMD Sempron SDA AIP AX + , Paris Priză SDA DUT D + Barton Soclu A SDA DUT D + Pursânge-B Soclu A SDA DUT D + Pursânge-B Priză A SDA DUT D + , Pursânge-B Soclu A SDA DUT D + Pursânge-B SocketA SDA DUT D + Pursânge-B Soclu A SDA DUT D + , Pursânge-B SocketA Anexa Procesoare Identificarea procesorului Intel Index Frecvență de operare, GHz Frecvență FS , MHz Standarde tehnologice nm Dimensiune cache L în trepte Tip șasiu SL U , E MB PLGA- SL J , D MB PLGA- SL NZ , E MB PLGA- SL L , D MB PLGA- SL KN , D MB PLGA- SL Q , E MB PLGA- SL PZ , E MB PLGA- SL PY , E MB PLGA- SL KD , E MB PPGA- SL KM , D MB PLGA- SL B , CO MB PPGA- SL RR MO MB PLGA- SL PP , E MB PPGA- SL L , D MB PLGA- SL , D KB PPGA- SL AJ CO MB PPGA- SL J , D MB PLGA- SL E D MB PPGA- SL LA D MB PLGA- SL B CO MB PPGA- SL PN E MB PPGA- SL J , D MB PLGA- SL PW E MB PLGA- SL KL , D MB PLGA- SL M CO MB PPGA- SL E D MB PPGA- SL PX E MB PLGA- SL KC D MB PPGA- SL WG , D kB PPGA- SL WE , D KB PPGA- SL , D KB PPGA- SL PG , D KB PPGA- Identificarea procesorului Intel Index Frecvență de operare, GHz FSB frecvență, MHz Standarde tehnice, nm Stepping L cache size Tip de șasiu SL K , C KB PPGA- SL QC , D KB PPGA- SL JJ , C KB PPGA- SL SM , C KB PPGA- SL S , C KB PPGA- SL J , D MB PLGA- SL Z D kB PPGA- SL KB D MB PPGA- SL WU D KB PPGA- SL E D MB PPGA- SL L SE CO MB PPGA- SL KK , D MB PLGA- SL WK D kB PPGA- SL PM E MB PPGA- SL BK MO kB PPGA- SL PU E MB PLGA- SL HL , C KB PPGA- SL D A CO MB PPGA- SL E , D MB PPGA- SL E , D MB PPGA- SL K E CO MB PPGA- SL EY , D kB PPGA- SL J , D MB PLGA- SL K A D MB PPGA- SL KA , D MB PPGA- SL Y , С D kB PPGA- SL Z , MO kB PPGA- SL K , C kB PPGA- SL S , C KB PPGA- SL KJ , D MB PLGA- SL WT , D kB PPGA- SL PF , D kB PPGA- SL PK , E MB PPGA- SL PL , E MB PPGA- Anexa Procesoare Index SL WJ Frecvență de operare, GHz Frecvență Р В, MHz Standarde tehnice, nm Dimensiune cache L în trepte Tip șasiu , D KB PPGA- SL PR , E MB PLGA- SL QB , D KB PPGA- SL SL , C KB PPGA- SL SK , C kB PPGA- SL EH , C KB PPGA- SL PE , D KB PPGA- SL S , C KB PPGA- SL DX , C kB PPGA- SL QA , D KB PPGA- SL QR , D KB PPGA- SL WH , D kB PPGA- SL WS , D KB PPGA- SL SB , C KB PPGA- SL WZ , D kB PPGA- SL HB , C KB PPGA- SL GU , C KB PPGA- SL PP , D KB PPGA- SL , VO KB PPGA- SL , VO KB PPGA- SL EG , C KB PPGA- SL SJ , C KB PPGA- SL S , C KB PPGA- SL PD , D kB PPGA- SL Q , D KB PPGA- SL EV , VO KB PPGA- SL D , VO KB PPGA- SL DW , C KB PPGA- SL QQ , D KB PPGA- SL PN , D KB PPGA- SL SA , C KB PPGA- SL EB , C kB PPGA- SL GT , C KB PPGA- SL QP , D KB PPGA- Identificarea procesorului Intel Index Frecvență de operare, GHz FSB frecvență, MHz Standarde tehnice, nm Stepping L cache size Tip de șasiu SL EF , C kB PPGA- SL Q , D KB PPGA- SL RZ , C KB PPGA- SL , VO KB PPGA- SL T , VO KB PPGA- SL Z , VO kB PPGA- SL PM , D kB PPGA- SL EU , VO kB PPGA- SL D , VO KB PPGA- SL S , C KB PPGA- SL SH , C KB PPGA- SL R , VO KB PPGA- SL SR , C KB PPGA- SL PC , D KB PPGA- SL WF , D kB PPGA- SL R , VO KB PPGA- SL WR , D kB PPGA- SL Z , MO kB PPGA- SL B , V MO KB PPGA- SL E , C KB PPGA- SL E A CO MB PPGA- SL FY , CO MB PPGA- SL YP , D MB PPGA- SL GS , C KB PPGA- SL DV , C kB PPGA- SL T , VO KB PPGA- SL PB , D kB PPGA- SL DU , C KB PPGA- SL ET VO KB PPGA- SL Q , D KB PPGA- SL , VO KB PPGA- SL RY , C KB PPGA- SL EE , C KB PPGA- SL Y , VO KB PPGA- Anexa Procesoare Index Frecvență de operare, GHz FSB frecvență, MHz Standarde tehnice, nm Stepping L cache size Tip de șasiu SL D , CO kB PPGA- SL V , MO kB PPGA- SL D , în kB PPGA- SL YS V KB PPGA- SL E , C KB PPGA- SL S V KB PPGA- SL GR , C KB PPGA- SL PL , D kB PPGA- SL QN , D KB PPGA- SL S , C KB PPGA- SL S VO KB PPGA- SL ZU V KB PPGA- SL ZT până la kB PPGA- SL UH D KB PPGA- SL R VO kB PPGA- SL Q VO KB PPGA- SL E C KB PPGA- SL GQ C KB PPGA- SL R V KB PPGA- SL YR până la kB PPGA- SL PK D kB PPGA- SL TQ D KB PPGA- INT SL SZ D KB PPGA- INT SL QM D KB PPGA- SL S C KB PPGA- SL TL D KB PPGA- SL SP C KB PPGA- SL C , EO kB PPGA- SL BF , EO kB PPGA- SL WH , D KB PPGA- INT SL WG , D kB PPGA- Identificarea procesorului Intel Index Frecvență de operare, GHz FSB frecvență, MHz Standarde tehnice, nm Stepping L cache size Tip de șasiu SL VN , D kB PPGA- NT SL VK , D kB PPGA- SL B , E kB PPGA- SL Q , VO KB PPGA- SL UT , C kB PPGA- SL Q , VO KB PPGA- SL X , VO kB PPGA- SL UV , C KB PPGA- SL WV , C KB PPGA- INT SL VJ , D kB PPGA- SL R , VO KB PPGA- SL UM , D kB PPGA- INT SL P , VO KB PPGA- SL UK , D kB PPGA- SL BE , E kB PPGA- SL E , C KB PPGA- SL LA , C kB PPGA- SL PQ , D kB PPGA- SL QL , C KB PPGA- SL S , C KB PPGA- SL VM , D kB PPGA- INT SL SN , C kB PPGA- SL X , C kB PPGA- INT SL TK , D kB PPGA- SL W , C KB PPGA- INT SL TP , D KB PPGA- INT SL Z , D kB PPGA- SL N , C kB PPGA- SL A , E kB PPGA- Anexa Procesoare Index Frecventa de operare GHz FSB frecvență, MHz Standarde tehnice, nm Stepping L dimensiune cache Tip șasiu SL V , C KB PPGA- INT SL X , C KB PPGA- SL SY , D kB PPGA- INT SL UG , D kB PPGA- SL BD , E kB PPGA- SL UJ , D kB PPGA- SL X , C kB PPGA- INT SL UL , D kB PPGA- INT SL US , C KB PPGA- SL UW , C KB PPGA- SL VH , D kB PPGA- SL VL , D kB PPGA- INT SL S , VO kB PPGA- SL , VO KB PPGA- SL WU , C kB PPGA- INT SL , E kB PPGA- SL BC , E kB PPGA- SL SX , D kB PPGA- INT SL TJ , D KB PPGA- SL N , C KB PPGA- SL TN , D kB PPGA- INT SL X , C KB PPGA- INT SL SH , V KB PPGA- INT SL WT , C kB PPGA- INT SL V , C kB FC-PGA - Identificarea procesorului Intel Index Frecvență de operare, GHz FSB frecvență, MHz Standarde tehnice, nm Stepping L cache size Tip de șasiu SL UF , DO kB PPGA- SL Y , DP KB PPGA- SL BA , E kB PPGA- SL TY , V kB PPGA- INT SL U , C KB PPGA- SL SG , V kB PPGA- INT SL X , C kB PPGA- INT SL N , C kB PPGA- SL TG , D kB PPGA- SL UE , D kB PPGA- SL WS , C kB PPGA- INT SL SC V KB PPGA- INT SL FW , C kB PPGA- INT SL GC , C KB OOI- SL SF , V kB PPGA- INT SL QD , V KB PPGA- INT Anexa Procesoare Indicele de performanță a procesorului CPU; Frecvența de bază, MHz Chipset Memory Index* Athlon FX- ; Clawhammer K T DDR Pentium ; Prescott І X DDRII- Athlon +; Clawhammer PROXES DDR Athlon +; Newcastle PROXES DDR Athlon +; Clawhammer K T DDR Athlon FX- ; Clawhammer K T DDR Pentium ; Prescott I X DDRII- Pentium EE , ; Gallatin І X DDRII- Pentium , ; Northwood I P DDR Pentium EE , ; Gallatin І Р DDR Athlon +; Clawhammer negorse DDR Athlon +; Newcastle Pereos DDR Pentium ; Prescott I X DDRII- Athlon FX- ; Clawhammer K T DDR Athlon +; Winchester K T DDR Pentium , E; Prescott І Р DDR Pentium , ; Northwood I P DDR Pentium EE , ; Prestonia І X DDRII- Pentium ; Prescott І X DDRII- Pentium , E; Prescott І Р DDR Athlon XP +; T-Bred-B* nForce Ultra DDR Pentium , ; Northwood I GD DDR Pentium , ; Northwood I P DDR Athlon +; Clawhammer negorse DDR Athlon +; Newcastle Peregris DDR Athlon XP +; Barton nForce Ultra DDR Pentium ; Prescott І X DDRII- Athlon XP +; T-Bred-B* nForce Ultra DDR Arhlon XP +; Barton nForce Ultra DDR Athlon XP +; T-Bred-B* KTZZZ DDR Pentium E; Prescott I P DDR SiSoft Sandra CPU Bench, Dhrystone Indicele de performanță a procesorului Procesor, frecvență de bază, indice de memorie chipset MHz Athlon XP +; Barton nForce Ultra DDR Pentium , ; Northwood I P DDR Athlon XP +; T-Bred-B* nForce Ultra DDR Athlon XP +; Barton nForce Ultra DDR Pentium ; Prescott І X DDRII- Athlon +; Winchester K T DDR Athlon +; Newcastle nForce DDR Sempron +; Paris nForce DDR Athlon XP +; T-Bred-B* KT DDR Sempron +; Barton nForce Ultra DDR Sempron +; T-Bred-B* nForce Ultra DDR Pentium , E; Prescott І Р DDR Pentium , ; Northwood І Р DDR Athlon XP +; Barton nForce Ultra DDR Celeron D , ; Prescott І DDR Athlon XP +; Barton nForce Ultra DDR Pentium , ; Northwood І Р DDR Athlon XP +; T-Bred-B* KT PC Celeron , ; Northwood I GD DDR Celeron , ; Northwood I GD DDR Pentium , ; Willamette І RDRAM Pentium III , ; Tualatin I EP PC Celeron ; Tualatin I EP PC Athlon B ; Thunderbird KT A PC Pentium III EB; Coppermine I EP PC Athlon B ; Thunderbid KT A PC Duron ; Morgan KT PC Pentium III ; Coppermine BX PC Celeron ; Mendocino BX PC K - + ; Chompers MVP PC K -III ; Chompers MVP PC Pentium MMX MVP PC Pentium MVP PC Anexa Chipset-uri Funcționalitatea chipset-ului Suport procesor chipset Frecvență ohm de sistem, MHz Interfață grafică Grafică integrată ALi/ULi М AMD Athlon , Athlon FX Opteron, Sempron DZRES nr - - ATI Radeon Xpress AMD Athlon , Athlon FX Opteron, Sempron PCIExIB Radeon X PCI Express IXP AP Radeon Xpress P AMD Athlon , Athlon FX Opteron, Sempron PCIExIB Nu PCI Express IXP NVIDIA nForce /Gb AMD Athlon , Athlon FX Opteron, Sempron DZRES nu - - NVIDIA nForce ukrai AMD Athlon , Athlon FX Opteron, Sempron DZRES nu - - NVIDIA nForce / Ultra AMD Athlon , Athlon FX Opteron, Sempron PCIExIB nu - - Funcționalitatea chipset-ului Chkyuer Suport procesor Frecvența sistemului, MHz Interfață grafică Grafică integrată Iima către southbridge* Southbridge oficial* NVIDIA nForc(c) SU AMD Athlon , Athlon FX, Opteron, Sempron PCEx sau x (SU) nu - - SIS AMD Athlon , Athlon FX Opteron, Sempron AER x Migade MuTIOL SiS SIS FX AMD Athlon , Athlon FX Opteron, Sempron AER x fără MuTIOL SiS SiS AMD Athlon , Athlon FX Opteron, Sempron PCEx nu MuTIOL SiS VIA K M AMD Athlon , Athlon FX Opteron, Sempron AER x UniChrome Pro XV-Unk VT VIA K T Pro AMD Athlon , Athlon FX Opteron, Sempron AER x Nu Ultra V-Unk VT VIA K T O AMD Athlon , Athlon FX Opteron, Sempron PCIExIB nu Ultra V-Unk VT AU/ULi M Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D AER x Fără HyperTransport M AU/ULi M Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D PCIExIB fără HyperTransport M AT Radeon /Pro IGP Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D AER x Radeon A-Unk IXP / Anexa Chipset-uri Chpseg Suport procesor Frecvență ohm de sistem, MHz Interfață grafică Grafică Nina integrată în podul de sud* ATIRX Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D AZP k fără A-Link IXP Intel GL Express Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D nu GMA DMI ICH /R Intel GV Express Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D nu GMA DMI ICH /R Intel G Express Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D PCEx GMA DMI ICH /R Intel P Express Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D PCEx fără DMI ICH /R Intel X XE Express Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D PCEx Fără DMI ICH /R SiS EX Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D AZP k Migade MuTIOL SiS SiS Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D AZP x nu MuTIOL SiS SiS TX Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D PCEx nu MuTIOL SiS SiS Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D PCEx nu MuTIOL SiS Funcționalitatea chipset-ului Suport Chipset Grossor Frecvență IO, MHz Interfață grafică Grafică integrată Schna to southbridge* Southbridge oficial* VIA PM Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D AGPSC UnChrome Pro Ultra V-Link VT V ART Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D AGPSC Nu Ultra V-Unk VT V ART Intel Pentium , Pentium XE, Celeron, Celeron D AGPSC Nu Ultra V-Link VT Nu se aplică pentru chipset-urile integrate Anexa Chipset-uri Funcționalitatea podurilor de sud South Bridge Sloturi PCI Express Sloturi PCI Bus IDE Porturi Serial ATA Sunet Porturi de rețea Controler USB ALi/ULi M n/a până la x ATA n/a AC' , PÂNĂ LA canale / Mbps (MAC) ALi/ULi M x TO x ATA HDA / Mbps (MAS) ALi/ULi M nu PÂNĂ LA x ATA AC' , până la canale / Mbps (MAC) АТІ ІХР nu PÂNĂ LA x ATA nu AC' , până la canale / Mbps (MAC) АТІ ІХР nu PÂNĂ LA x ATA AC' , până la canale / Mbit/s (MAS) АТІ ІХР nu PÂNĂ LA x ATA AC' , până la canale nu Intel ISN x la x ATA HDA / Mbps (MAC) Intel ICH R x la x ATA HDA / Mbps (MAC) NVIDIA nForce nu până la x ATA AC' , până la canale / Mbps (MAC) NVIDIA nForce Gb/Ultra nu până la x ATA AC' , până la canale / / Mbps (MAC) NVIDIA nForce x până la x ATA AC' , până la canale / / Mbps (MAC) NVIDIA nForce Ultra/SLI x până la x ATA SATA AC' , până la canale / / Mbps (MAC) SiS L nu până la x ATA nu AC' , până la canale / Mbps (MAC) SiS nu până la x ATA AC' , până la canale / Mbps (MAC) SiS L x TO x ATA AC' , până la canale / Mbps (MAC) SiS x până la x ATA AC' , până la canale / / Mbps (MAC) VIA VT nu până la x ATA AC' , până la canale / Mbps (MAC) VIAVT x până la x ATA SATA HDA / Mbps (MAC) Anexa Sistem grafic În lume există peste de companii - furnizori de monitoare cu cristale lichide Dar există doar o duzină de companii care produc ele însele panouri (matrici) cu cristale lichide - componenta principală a monitorului LCD Principalii producători de matrice sunt Samsung, LG-Philips LCD și AU Optronics, fiecare reprezentând cel puțin % din vânzările globale ( , miliarde USD în ) Sharp, ChieMei Optoelectronics și Chungwa Picture Tubes dețin poziții proeminente în industrie (de la , % la , % fiecare) Următoarele companii sunt considerate a fi principalii producători de panouri LCD (în ordine alfabetică): AU Optronics Optoelectronica Chi Mei tuburi de imagine Chungwa Fujitsu Hann Star Hitachi Hyundai IBM LG-Philips LCD Display NEC-Mitsubishi Electronics Samsung Sanyo (Torisan) Ascuțit Producătorii de monitoare folosesc în mod covârșitor panouri LCD de la companiile enumerate mai sus în produsele lor Tabelul de mai jos arată ce panouri folosesc producătorii de monitoare atunci când asamblează produse sub marca lor Este ușor de observat că chiar și producătorii de panouri folosesc adesea matrice terță parte Anexa Sistem grafic Monitor Producător Matrix Furnizori Acer (Benq) Apple ADI , , Belinea , , , , Fericirea , , Compaq , CTX Dell , Eizo , , liyama , , , , , , , Hansol Hercule , Hitachi , , , CP , , Hyundai , LG , Mitac , Nee , , , , , , Neovo Nokia , Philips Vedere , QDI , Roverscan , , Samsung , , Scott Sony , , ViewSonic , , , Ca exemplu, să luăm o serie de matrice oferite de AU Optronics Să atragem atenția cititorului asupra faptului că și în aceeași familie există matrici cu parametri diferiți Concluzia de mai sus este următoarea: calitatea unui monitor LCD este determinată în primul rând de calitatea matricei, așa că chiar înainte de a cumpăra, ar trebui să aflați ce matrice este în acest model de monitor Uneori, găsirea unor astfel de informații nu este ușoară, dar este esențială pentru achiziția corectă Parametrii panoului LCD Modgg Diagonag, doyov Allowed Gaxel pitch, іѵm Adâncimea culorii, bit Contrast Luminozitate, cr/s? Consum de energie, încărcare frontală mai rece W, iluminare de fundal V B QXG V x , : , ch LVDS gb CCFL H XG x , : , CH LVDS OS B PG x , : , ch LVDS AX V VLO V , x , : , canal LVDS OSYA V VLU V x : canal LVDS AXIS B FW x , : , canale LVDS AX B FW x , : , CH LVDS AX M XN V x , : , CH LVDS AX M EG V x , : , canale LVDS , CH M EG V x , : , LVDS canale , SS M EG VЗ x , : , canale LVDS , СА M XMI V x , : , canal LVDS , SSA M EN V x , : , canale LVDS , CH M EN V x , : , LVDS canale , canale M EN V x , : , canale LVDS , CH M UN V , x , : , CH LVDS , AX M UN V , x , : , CH LVDS , AX M VLY VO , x , : , canale LVDS , OSYA M VL V , x , : , canale LVDS , OSYA M UW VO x , : , canale LVDS , LED M UW V x , : , LVDS canale , AX Setările monitorului Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade Acer AL bm TN+Film x : / AL TN+Film x : / ALi m TN+Film x : / AL TN+Film x : / AL TN+Film x : / AL TN+Film x : / AL m TN+Film x : / AL TN+Film x : / AL m TFT x : / AL wm TFT x : / AL TN+Film x : / AL MVA x : / ALi m MVA x : / AL MVA x : / ADI MicroScan A TN+Film x : / MicroScan І TN+Film x : / MicroScan S TN+Film x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, ts Adâncime culoare, bit Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare verticale, grade MicroScan А TN+Film x : / MicroScan A TN+Film x : / MicroScan A TN+Film x : / MicroScan A TN+Film x : / MicroScan A TN+Film x : / MicroScan A TN+Film x : / MicroScan І TN+Film x : / MicroScan S TN+Film x : / MicroScan A TN+Film x : / MicroScan A TN+Film x : / MicroScan A TN+Film x : / MicroScan A TFT x : / MicroScan A TFT x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade BenQ Q a TFT x : / Prevalență FP TN+Film x : / Prevalență FP s TN+Film x : / Recreere FP s TN+Film x : / FP W TFT x : / FP TFT x : / Recreere FP TN+Film x : / Jewel FP TN+Film x : / Jewel FP TN+Film x : / Multimedia FP TN+Film x : / Prevalență FP TN+Film x : / FP E+ TN+Film x : / Recreere FP TN+Film x : / Recreere FP - TN+Film x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade Prevalență FP TN+Film x : / Prevalență FP s TN+Film x : / Prestige FP TFT x : / FP TN+Film x : / Prestige FP TFT x : / H , TFT x : / Prestige FP TFT x : / Prestige FP W TFT x : / DV TFT x : / DV TFT x : / DV TFT x : / Fericire TFT x : / D TN+Film x : / TFT x : / CTX PV BT TN+Film x : / PV T TN+Film x : / S A TN+Film x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade S BA TN+Film x : / S A TN+Film x : / F TN+Film x : / F L TN+Film x : / M V TN+Film x : / P TN+Film x : / P L TN+Film x : / S A TN+Film x : / S A TN+Film x : / S BA TN+Film x : / S A TN+Film x : / S A TN+Film x : / S A TN+Film x : / S A TN+Film x : / S A+ TN+Film x : / S G TN+Film x : / S G+ TN+Film x : / S A MVA x : / S A MVA x : / S A TFT x : / S A+ MVA x : / S G MVA x : / S G+ MVA x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade EIZO FlexScan L T TFT x : / FlexScan L T TFT x : / FlexScan L T TFT x : / FlexScan L T TFT x : / FlexScan L TFT x : / FlexScan L -F TFT x : / FlexScan L TFT x : / FlexScan L TN+Film x : / FlexScan L TFT x : / FlexScan L -AS TFT x : / FlexScan L -F TFT x : / FlexScan L TFT x : / FlexScan L IPS x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, bit Timp de răspuns, ms Luminozitate cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontal/vertical, deg ColorEdge CG TFT x : / FlexScan L TFT x : / FlexScan L -F TFT x : / FlexScan L IPS x : / FlexScan L IPS x : / FlexScan L TFT x : / FlexScan L TFT x : / FlexScan L TFT x : / FlexScan FA- , TFT x : / FlexScan L EX TFT x : / ColorEdge CG , TFT x : / liyama ProLite E TN+Film x : / INTH -BS TN+Film x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade ProLite E TN+Film x : / NE -B TN+Film x : / ProLite E S TN+Film x : / ProLite E S TN+Film x : / ProLite H TN+Film x : / JN -S TN+Film x : / ProLite E TN+Film x : / ProLite E T TN+Film x : / ProLite E T-S TN+Film x : / ProLite E S TN+Film x : / ProLite H IPS x : / ProLite E S-W TN+Film x : / ProLite C WT TFT x : / ProLite E T IPS x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade MVA x : / INT TS MVA x : / ProLite C T MVA x : / ProLite E S IPS x : / AS DT/ VK MVA x : / ProLite C T TN+Film x : / ProLite C T-S TN+Film x : / ProLite E S IPS x : / ProLite H , MVA x : / AQ DTBK , IPS x : / ProLite H S , IPS x : / , IPS x : / AQU DT/ BK , IPS x : / PLL W-B IPS x : / ProLite C WT TN+Film x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade ProLite C WT , TN+Film x : / ProLite L W IPS x : / PLL W-B IPS x : / ProLite L W , MVA x : / PLL W-B IPS x : / LG L T TFT x : / L P TN+Film x : / L B TN+Film x : / L P TN+Film x : / L S TN+Film x : / L TM TFT x : / L M TN+Film x : / L P TN+Film x : / L S TN+Film x : / L S TN+Film x : / L S TN+Film x : / L P TN+Film x : / L WA TFT x : / L WT TFT x : / L B TN+Film x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade L P TN+Film x : / L S TN+Film x : / L ST TN+Film x : / L U TN+Film x : / L OB TN+Film x : / L OS TN+Film x : / L OB TN+Film x : / L B TFT x : / L P TFT x : / L S TFT x : / L P TFT x : / L P TFT x : / L B TFT x : / L BQ TFT x : / L P TFT x : / L S TFT x : / L SQ TFT x : / L ST TFT x : / L U TFT x : / L B TN+Film x : / L O OP , TFT x : / L A TFT x : / L AS TFT x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade L H TFT x : / L A TFT x : / L T TFT x : / L A IPS x : / NEC-Mitsubishi LCD V/BK TN+Film x : / LCD VM/ VK TN+Film x : / LCD TN+Film x : / V LCD/BK TN+Film x : / LCD VM/ VK TN+Film x : / L£D Nty VK TN+Film x : / LCD VM/ VK IPS x : / LCD - VK TN+Film x : / LCD V/BK TN+Film x : / LCD VM/ VK TN+Film x : / LCD NX/ VK TN+Film x : / LCD NXM/ VK TN+Film x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade LCD V/VK TN+Film x : / LCD VM/ VK TN+Film x : / NEC LCD -VK TN+Film x : / LCD VM/ VK TN+Film x : / LCD SX/ VK TFT x : / LCD NX/ VK TFT x : / LCD V/BK TFT x : / LCD X TFT x : / LCD NX/ VK TFT x : / LCD NXI/ VK TFT x : / LCD NX/ VK TN+Film x : / LCD V/ VK TFT x : / LCD SX/ VK IPS x : / LCD SXI/ VK TFT x : / Model Diagonală, inch Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, deg LCD NX/ VK MVA x : / LCD VX/ VK TN+Film x : / LCD UX+/ VK IPS x : / LCD UX/ VK TFT x : / LCD - VK IPS x : / LCD e , TFT x : / LCD - VK TFT x : / Philips С TN+Film x : / DM P TN+Film x : / MT TN+Film x : / X TN+Film x : / V CB TN+Film x : / C BS/ TN+Film x : / S FB TN+Film x : / X TFT x : / B CG TN+Film x : / B CS TN+Film x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade S FG TN+Film x : / S FS TN+Film x : / V CB TN+Film x : / B CG TN+Film x : / B CS TN+Film x : / C TFT x : / C BS/ TN+Film x : / P EB TN+Film x : / P EG/ TN+Film x : / P ES/ TN+Film x : / S FB/ TN+Film x : / S FG TN+Film x : / S FS TN+Fiim x : / Brilliance P EG TN+Film x : / Brilliance P ES TN+Film x : / T FS/ TFT x : / MT TFT x : / Model Diagonală, inch Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, deg B W TFT x : / V CB TFT x : / B CS TFT x : / B CG TFT x : / V CB TFT x : / B CG TFT x : / B CS TFT x : / P EB TFT x : / S CB TFT x : / S CG TFT x : / S CS TFT x : / Brilliance P EG TFT x : - / Brilliance P ES TFT x : / P SS/ TFT x : / P VB TFT x : / P VS TFT x : / Brilliance P SG TFT x : / Strălucire P SS TFT x : / Brilliance W BBS TFT x : / Model Diagonală, inci Tip matematică Rezoluție, Culoare adâncime pixeli, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade RoverScan Smart +TS TN+Film x : / Smart TFT x : / Viitorul TFT x : / Vision TFT x : / Viitorul TFT x : / Vision TFT x : / Vision TFT x : / Samsung SyncMaster M TN+Film x : / SyncMaster MP TN+Film x : / SyncMaster N TN+Film x : / SyncMaster OT TN+Film x : / SyncMaster X TN+Film x : / SyncMaster MP TN+Film x : / SyncMaster MW TN+Film x : / Model Diagonală, inch Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, deg SyncMaster M TN+Film x : / SyncMaster MP TN+Film x : / SyncMaster ON TN+Film x : / SyncMaster DE LA TN+Film x : / SyncMaster OV TN+Film x : / SynkMaster P TN+Film x : / SyncMaster MP PVA x : / SyncMaster P PVA x : / SyncMaster OM PVA x : / SyncMaster N PVA x : / SyncMaster OT PVA x : / SyncMaster OV PVA x : / Ascuțit LL-A A TN+Film x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade LL-A G TN+Film x : / LL-T A TN+Film x : / LL-T G TN+Film x : / LL- A TN+Film x : / LL- G TN+Film x : / LL- ME TN+Film x : / LL- AB TN+Film x : / LL- GB TN+Film x : / LL- A TN+Film x : / LL-A A TN+Film x : / LL-A D TN+Film x : / LL-T A TN+Film x : / LL-T D TN+Film x : / LL-T A TFT x : / LL-T D TFT x : / LL-T TFT x : / LL-T TFT x : / Sony SDM-HS P/B TN+Film x : / SDM-HS P/B TFT x : / Model Diagonală, inci Tip matrice Rezoluție, pixel Adâncime culoare, biți Timp de răspuns, ms Luminozitate, cd/m Contrast Unghiuri de vizualizare orizontale/verticale, grade SDM-HS P/B/S TN+Film x : / SDM-HS P/B/S TN+Film x : / SDM-S / V TFT x : / SDM-P / V TFT x : / Anexa Sistem grafic Setările plăcii grafice Modelul GPU Frecvența de bază, MHz Frecvența memoriei (DDR), MHz Tipul și magistrala memoriei, bit lățimea de bandă a memoriei PC nVidia GeForce NV SDR- , GeForce DDR NV ( ) DDR- , GeForce MX NV ( ) SDR- , GeForce MX NV SDR- GeForce MX NV ( ) SDR- , GeForce GTS NV ( ) DDR- GeForce PRO NV ( ) DDR- GeForce Ultra NV A ( ) DDR- , GeForce Titanium NV A ( ) DDR- GeForce Ti VX NV A ( ) DDR- GeForce NV ( ) DDR- , GeForce TI NV ( ) DDR- , GeForce TI NV ( ) DDR- GeForce MX NV S ( ) SDR- , GeForce MX -SE NV ( ) DDR- / / GeForce MX NV ( ) DDR- GeForce MX NV ( ) DDR- , GeForce MX - X / NV ( ) DDR- GeForce MX NV B ( ) DDR- / , / , Setările plăcii grafice tmi pe PC Texturi per ceas Texturi per trecere Conducte Vertex Rate Fiii (Mtex/s) Interfață DirectX RAMDAC nr AGP X nr AGP X nr AGP X / nr AGP X / nr AGP X / nr AGP X nr AGP X nr AGP X nr AGP X nr AGP X AGP X AGP X AGP X nr AGP X x nr AGP X x nr AGP X x nr AGP X x nr AGP x / PCI x nu AGP x/ PCI x Anexa Sistem grafic Modelul GPU Frecvența de bază, MHz Frecvența memoriei (DDR), MHz Tipul și magistrala memoriei, bit lățimea de bandă a memoriei PC GeForce Ti NV ( ) DDR- GeForce Ti NV ( ) DDR- , GeForce Ti NV ( ) DDR- , GeForce Ti - X NV ( ) DDR- GeForce Ti -SE NV ( ) DDR- , GeForce Ti NV ( ) DDR- , GeForce FX SE NV ( ) DDR- ( ) GeForce FX NV ( ) DDR- ( ) GeForce FX Ultra NV ( ) DDR- , ( ) GeForce FX NV ( ) DDR- / / ( ) GeForce FX NV ( ) DDR- , ( ) GeForce FX XT NV ( ) DDR- / / ( ) GeForce FX Ultra NV ( ) DDR- , ( ) GeForce FX LE NV ( ) DDR- ( ) GeForce FX NV ( ) DDR- , ( ) GeForce FX Ultra DDR- NV ( ) DDR - , ( ) GeForce FX Ultra DDR- NV ( ) DDR - , ( ) GeForce FX NV ( ) DDR II- , ( ) GeForce FX Ultra NV ( ) DDR - ( ) Setările plăcii grafice tmi pe PC Texturi per ceas Texturi per trecere Conducte Vertex Rate Fiii (Mtex/s) Interfață DirectX RAMDAC AGP X x AGP X x AGP X x AGP x x AGP X x AGP x x ( ) AGP X x ( ) AGP x / PCI x ( ) AGP x x ( ) AGP x x ( ) + AGP x x ( ) + AGP x x ( ) + AGP x x ( ) + AGP x x ( ) + AGP x x ( ) + AGP x x ( ) + AGP x x ( ) + AGP x x ( ) + AGP x x Anexa Sistem grafic Modelul GPU Frecvența de bază, MHz Frecvența memoriei (DDR), MHz Tipul și magistrala memoriei, bit lățimea de bandă a memoriei PC GeForce FX XT NV ( ) DDR- , ( ) GeForce FX NV ( ) DDR- , ( ) GeForce FX Ultra NV ( ) DDR- , ( ) GeForce FX Ultra NV ( ) DDR- , ( ) GeForce PCX NV B ( ) DDR- / / GeForce PCX NV ( ) DDR- / / ( ) GeForce PCX NV ( ) DDR- ( ) GeForce PCX NV ( ) DDR- ( ) GeForce PCX NV ( ) DDR- , ( ) GeForce PCX NV ( ) DDR- , ( ) GeForce NV * ( ) DDR- , GeForce NV ( ) DDR- , GeForce GT AGP x NV ( ) DDR - , GeForce GT PCI-E NV ( ) DDR - , GeForce XL NV ( ) DDR - , GeForce LE NV / " - ( ) DDR- , ( ) GeForce DDR- NV / ( ) DDR- , ( ) GeForce DDR- NV / ( ) DDR - , GeForce GT DDR- NV / ( ) DDR - , GeForce GT DDR- NV / ( ) DDR - , Setările plăcii grafice tmi pe PC Texturi per ceas Texturi per trecere Conducte Vertex Rate Fiii (Mtex/s) Interfață DirectX RAMDAC ( ) + AGP X x ( ) + AGP X x ( ) + AGP X x ( ) + AGP X x nr PCI-E X x ( ) , РІ-Е Х x ( ) PCI-E X x ( ) + РІ-Е Х x ( ) + PCI-E x x ( ) + РІ-Е x x Q s PCI-E X Q Q s PCI-E x x Q s AGP X x Q s PCI-E X x Q s PCI-E X x Q s PCI-E X x s PCI-E x x s PCI-E x x s PCI-E X x s PCI-E X x Anexa Sistem grafic Modelul GPU Frecvența de bază, MHz Frecvența memoriei (DDR), MHz Tipul și magistrala memoriei, bit lățimea de bandă a memoriei PC GeForce Ultra NV / ( ) DDR - , GeForce Ultra Extreme NV / ( ) DDR - , ATI Radeon VE RV SDR- , Radeon SDR R SDR- , Radeon DDR R ( ) DDR- , Radeon DDR GEM R ( ) DDR- , Radeon LE R ( ) DDR- Radeon R SDR- , Radeon RV ( ) DDR- , Radeon R ( ) DDR- , Radeon LE/ *** R ( ) DDR- Radeon XT RV ( ) DDR- , Radeon RV ( ) DDR- Radeon PRO RV ( ) DDR- , Radeon SE RV ( ) DDR- , Radeon RV ( ) DDR- Radeon PRO RV ( ) DDR- , Radeon RV ( ) DDR- Radeon R ( ) DDR- , ( ) Radeon R ( ) DDR- , ( ) Radeon PRO R ( ) DDR- , Radeon SE RV LX ( ) DDR- Radeon RV LX ( ) DDR- Radeon XT RV LX ( ) DDR- Setările plăcii grafice tmi pe PC Texturi per ceas Texturi per trecere Conducte Vertex Rate Fiii (Mtex/s) Interfață DirectX RAMDAC s PCI-E X x s PCI-E X x nr AGP x x nr AGP X nr AGP X nr AGP X nr AGP X nr AGP X AGP X x AGP X / AGP X / AGP X AGP X AGP X AGP X AGP X AGP X AGP X AGP X x AGP X x AGP X x AGP X x AGP X x AGP X x Anexa Sistem grafic Modelul GPU Frecvența de bază, MHz Frecvența memoriei (DDR), MHz Tipul și magistrala memoriei, bit lățimea de bandă a memoriei PC Radeon SE RV / ( ) DDR- Radeon RV / ( ) DDR- , Radeon PRO RV / ( ) DDR- , Radeon XT RV ( ) DDR- , Radeon R ( ) DDR- , Radeon PRO R ( ) DDR- , Radeon SE- R / ( ) DDR- ( ) Radeon SE- R / ( ) DDR- , ( ) Radeon R / ( ) DDR- , Radeon PRO DDR R / ( ) DDR- , Radeon PRO DDR II R ( ) DDR II - , Radeon XT R ( ) DDR- , Radeon X SE RV ( ) DDR- Radeon X RV ( ) DDR- Radeon X PRO RV ( ) DDR- , Radeon X XT RV ( ) DDR- , Radeon X RV ( ) DDR- , Radeon X PRO RV ( ) DDR - , Radeon X XT RV ( ) DDR - , Radeon X SE R / ( ) DDR - , ( ) Radeon X PRO R ( ) DDR - , ( ) Setările plăcii grafice tmi pe PC Texturi per ceas Texturi per trecere Conducte Vertex Rate Fiii (Mtex/s) Interfață DirectX RAMDAC AGP x x AGP x x AGP X x AGP x x AGP x x AGP x x AGP x x AGP x x AGP x x AGP x x AGP x x AGP x x PCI-E X x PCI-E X x PCI-E X x PCI-E X x b PCI-E X x b PCI-E X x b PCI-E X x Q b PCI-E X x Q b AGP x x Anexa Sistem grafic Modelul GPU Frecvența de bază, MHz Frecvența memoriei (DDR), MHz Tipul și magistrala memoriei, bit lățimea de bandă a memoriei PC Radeon X R ( ) DDR- , ( ) Radeon X XL R ( ) DDR - , Radeon X XT R / ( ) DDR - , Radeon X XTRE R / ( ) DDR - , Radeon X PRO R ( ) DDR - , Radeon X XT R ( ) DDR - , Radeon X XTPE R ( ) DDR - , SIS SiS ? SDR- , SiS ? SDR- , SiS ? SDR- , Xabre Xabre ( ) SDR- , Xabre Xabre ( ) DDR- , Xabre Xabre ( ) DDR- , Xabre Xabre ( ) DDR- , Tehnologii XGI Volari V DDR? ( ) DDR- , Volari V DDR? ( ) DDR- , Volari V DDRII ? ( ) DDR - , Volari V Ultra DDR ? ( ) DDR- , Volari V Ultra DDR II ? ( ) DDR - , Volari V DDR? ( ) DDR- , Volari V DDRII ? ( ) DDR - , Volari V Ultra DDR ? ( ) DDR- , Setările plăcii grafice tmi pe PC Texturi per ceas Texturi per trecere Conducte Vertex Rate Fiii (Mtex/s) Interfață DirectX RAMDAC Q b PCI-E X x Q b PCI-E X x b PCI-E X x b PCI-E x x Q b PCI-E X x Q b PCI-E x x Q b PCI-E X x Q nr QQ Q nr QQQ Q nr Q AGP X Q nr AGP X / Q nr AGP x / Q nr AGP x / nr AGP x / QQQ Q AGP x x QQ Q AGP x x QQQ Q AGP X x QQQ Q AGP x x QQQ Q AGP x x Q AGP x x Q AGP x x Q AGP x x Anexa Sistem grafic Modelul GPU Frecvență Frecvența memoriei (DDR) MHz Tip de memorie și magistrală, lățime de bandă a memoriei PC pe biți Volari V Ultra DDR II ? nuclee, MHz ( ) DDRII- , Volari Duo V Ultra DDR ? x x ( ) DDR- X , x Volari Duo V Ultra DDR II ? x x ( ) DDRII- x , x Volari Duo V Ultra DDR ? x X ( ) DDR- x , x Volari Duo V Ultra DDR II ? x x ( ) DDRII- x , x S Graphics D sălbatic? SDR- , Savage GT? SDR- , Savage PRO+? SDR- , Savage ? SDR- , SavageXP? ( ) DDR- , Delta Chrome S ? (?) ( ) DDR- , Delta Chrome S ? ( ) DDR- , Delta Chrome S Nitro? ( ) DDR- , Delta Chrome F ( ) DDR- , MATROX G G SDR- , G G SDR- , G MAX G MAX SDR- , G G ( ) DDR- , G G ( ) DDR- , Parhelia G ( ) DDR- , Millenium P Parhelia ( ) DDR- , Millennium P Parhelia ? ( ) DDR- , Setările plăcii grafice tmi pe PC Texturi per ceas Texturi per trecere Conducte Vertex Rate Fiii (Mtex/s) Interfață DirectX RAMDAC ? AGP X x ? ? ? x ? AGP x x ? ? x ? AGP X x ? x AGP x x ? x AGP X x unsprezece? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? + AGP x ? + AGP x ? + AGP X ? + AGP X unsprezece? nu ? ? nr AGP X / nr AGP X / nr ? AGP X / nu ? AGP X / AGP x x / ? AGP X x ? ? ? AGP X x / ALFABETICĂ ȘI INDEX ZV-conveior c Accelerator V A CAS , , CAV AC' CB-R AC-link CB-ROM ACPI , CB-RW ABSL Celeron Modem ABSL CISC AGP , ClawHammer anti-aliasing API , COM CompactFlash , ATA Coppermine ATARI , Athlon Covington Crusoe Athlon D Athlon XP , ATX , , Salvamar Bata BCF Aureai AZV V BBRSBRAM , , , BBR SBRAM Bareborn BBR SBRAM Barton Beschutes BIOS , , Bial-Up parametrii BIME suprascrie Bluetooth , , ? BIMM SBRAM BIN Blu-Ray Bisk BTX , , Birect CB Birect Sound Bump Mapping BirectSound B Bus Mastering , BirectX Index alfabetic DirectX DirectX DirectX , , , DMA , DMI Dolby Digital , DR DRAM DRAM , DSL , Dual Wave Duron DVB-T DVD DVD-ROM Scriere ușoară EAX ECC , , Eficiență EISA EMBM , EPROM ESDRAM Ethernet Litografia EUV FastSCSI Fast Ethernet , , FB DIMM , FCRAM FeRAM FireWire , , Flash BIOS Flex Memory sinteza FM E Force Feedback , FSB FullStream G GFP Gigabit Ethernet GIGAMO GPS GPRS , , , GPU GTE H HD Audio HD DVD HDTV HiFD Audio de înaltă definiție HESE AcasăPNA , HTPC HRTF Hyper Hyper Memory HyperStreaming , HyperTransport , , , , Hyper Threading , , , , eu IDE IEEE - , IrDA IPS Partajare IRQ ISA Index alfabetic ISDN Netburst ITH Newcastle J NFR NLX Jaz K Klamath Northwood O On-Now OpenGL IOD LPT LPX M MacroFX Mater Matrix RAID MemoryStick , Mendodno MIDI Miniature Cârd MIP/PX MIP mapping MIP Mapping, PCI OrbSI Rack ObSI , PCI Express , , , , , PCM PCMCIA PDA Pentium Pentium II Pentium III Pentium , Motion Blur Pentium MMX MPEG- Prescott , MPEG- Piconet MRAM Plug-and-Play , MultiDrive PMPO Card multimedia , Multiple Bus Mastering MuTIOL , , MVA N PROM PS/ PVA Q QSound Environmental Modeling nanoITX Index alfabetic RSMART Migrare RAID RAID , , , RAM SmartMedia SMBus , Sound Blaster Rambus Priză , , RAMDAC Priză FC-PGA adâncime de biți RAS , , RDRAM Soclu , , Soclu Soclu , , , RIMM , RMS Soclu Soclu ROM BIOS Socket , RS- C s Soclu , Soclu , , , Scattemet Priză , , , SCSI , SCSI- Socket , , Socket , , SCSI- Socket A , SDRAM , , , Secure Digital , Sempron Sensaura D Positional Audio SPDIF SPS SRAM Super Bypass Serial ATA , , , Serial Attached SCSI Pur-sânge Sistem SFF Thunderbird ShockBlock TN+Film SIMD Trace Cache SIMM , SL DRAM Tualatin , u Slave Ultra DMA- , SLI Ultra DMA- , Slot , Slot Ultra V-Link , USB , , Slot A , , Unitate flash USB Index alfabetic V VCM DRAM VESA VIA SZ VIA Cyrix III VIA DriveStation Controller VIA Flex Express VLAN V-Link , , , V-MAP w Tabelul valuri Urmărirea valurilor Wi-Fi , WiMAX , , Willamette , Winchester Winmodem LAN fără fir z ZIP ZoomFX Tampon Z , A autocorelare adresa sistem acustic canal alfa , grila de deschidere arhitectura , cu două canale închis deschis celular arhitectură (continuare) superscalar , plăci cu patru porturi procesor audio , B stația de bază banca de memorie bloc SSE TLB calcule iluminat nutriție transformări management firewall tampon adrese de salt I/O adâncimi cadrul ÎN ventilație ramificare dinamic adaptor video captură video placă video performanță editare video memorie video amplificator video accelerator video , sinteza tabel de unde Index alfabetic G generator de numere aleatorii adâncimea digitizării taste rapide procesor grafic , , accelerator grafic , încorporat , d decodor hardware joystick interval dinamic driver ȘI hard disk , , capacitate Afișaj LCD parametri placă de sunet carcasă izolare fonică ȘI modularea codului de impuls interfață , asincron fără fir extern intern încorporat paralel , serial software procesoare LA cadrul computer de buzunar harta normale reflexii quad tastatura membrana multimedia semimecanica codec , , integrat centrală acces dial-up cod complementar conductă adresa lungimea procesării texturii pixeli virgulă mobilă redând întreg ciclu transportor conector contrast controler ID USB I/O încorporat grafică , cu două canale , unități cu un singur canal Index alfabetic controler (continuare) mapare memorie , , , , magistrală serială întreruperi magistrală de rețea magistrală de sistem temporizator magistrală AGP construi butuc carcasa AT ATX parametrii corecția perspectivei instalarea criogenică cache date comenzi urme exclusiv cache , , subsistem separat nivel , stocarea în cache L rețea locală M cap magnetorezistiv macrooperare masca umbra crestat scalare placa de baza opțiuni circuite metodă pachete de linie scriere inversă înregistrare prin linie anulare eco mecanism de feedback microarhitectură micro-operare microprocesor multiprocesare , structură multistrat computer mobil arhitectură clasificare modem , modulare , amplitudine amplitudine-faza grilaj faza diferență de fază frecvență monitor , parametri morphing moire multiplexare multitexturing , mouse mecanic optic Index alfabetic H conduce bandă magneto-optică , , optic , , , stare solidă , DESPRE RAM răcire P punga de plastic datele markerul starea tranzacției rafală rafală memorie canal dublu dinamic , local marcaj chip modul static tip programator de comenzi virgulă mobilă întreg a plati captura video editare video platforma predicție ramificație debit sunet spațial protocol comunicare corectare erori , , modulare comprimare a datelor , fax procesor , vertex integrat geometric grafică dual core integrat procesare sunet cartografiere texturii parametri pixeli performanță R soclu procesor digitizare adâncime de biți reprezentări alocare resurse registru redenumiți serviciu modul viteză mare multiplexare viteză mică viteză maximă redare , Index alfabetic CU subwoofer netezire adaptiv hardware temporar global cheie de sesiune northbridge , , , , , , , , , , , , sincronizare , inversă directă sistem de adresare sistem de răcire apa aer magistrala de sistem scrambler modem soft paginare streamer , sampler T sincronizarea tuner TV extern intern încorporați parametri texel , textura compozit suprapunere plat textură (continuare) rezoluție compresie D filtrare texturare în relief hartă texturii deplasare conductă termică modul termic standarde tehnologice tehnologie Cache de transfer avansat ECC FullStreamll Hyper Hyper Threading Cache de urmărire punct de acces , tranzacție tip trasarea umbrire model codare spalier declanșare aproximare triliniară unghi de vizualizare nivel canalul reteaua fizic accelerator grafic f inversor de fază Index alfabetic filtru polarizant culoare filtrare , anizotrop , biliniar viteză triliniar , factor de formă , fotolitografia X butucul adaptor gazdă controler gazdă , c compresie de culoare gamă de culori , integritatea datelor H frecvență eșantionare cuantizare digitizare procesor lucru magistrală de sistem diviziune de frecvență chipset W shader vârf , pixeli , obosi adresele , date , bidirecțional cache multiplexat unidirecțional memorie sursă de alimentare serial lățime de bandă sistem , serviciu topologia management chipset modulație în bandă largă zgomot de eșantionare cod asemănător zgomotului uh egalizator adaptiv Element Peltier economie de energie Yu Southbridge , , , , , , , , , , , , , , eu miezul luminozitate locația de memorie Murakhovsky Victor Ivanovici Fier de calcat pentru PC Noi oportunitati Redactor-șef Redactor-șef Manager de proiect Editor literar Editor științific Artist de copertă Corector E Stroganova A Krivtsov L Panich I Simonovici S Simonovici K Radzevici O Golotvina ID licență nr din Semnat pentru publicare la mai Format X / R l , Tiraj de exemplare Ordinul nr OOO "Peter Print" , Sankt Petersburg, B Sampsonievskiy Ave , a Beneficiu fiscal - clasificator integral rusesc al produselor OK - , volumul ; - literatură educațională Tipărit din folii transparente gata făcute la FGU P "Printing Yard" numită după A I A M Gorki de la Ministerul Federației Ruse pentru Tipărire, Televiziune și Radiodifuziune și Mass-Media , Sankt Petersburg, pr Chkalovsky, 